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Serwisowanie komputera

Tematy:

. Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Aby uchroni¢ komputer przed uszkodzeniem i zapewni¢ sobie bezpieczenstwo, nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zalecen dotyczacych
bezpieczenstwa. O ile nie wskazano inaczej, kazda procedura opisana w tym dokumencie opiera sig na zatozeniu, ze sa spefnione
nastepujace warunki:

e Uzytkownik zapoznat sie z informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa, jakie zostaly dostarczone z komputerem.

e Element mozna wymieni¢ lub, jesli zostat zakupiony oddzielnie, zainstalowa¢ po wykonaniu procedury wymontowywania w odwrotnej
kolejnosci.

A PRZESTROGA: Przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci wymagajacych otwarcia obudowy komputera nalezy
zapoznac¢ si¢ z instrukcjami dotyczacymi bezpieczenstwa, dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia
dotyczace bezpieczefstwa mozna znalez¢ na stronie Informacje o zgodnosci z przepisami prawnymi

Wiele napraw moze by¢ przeprowadzanych tylko przez certyfikowanego technika serwisowego.
Uzytkownik moze jedynie samodzielnie rozwigzywaé problemy oraz przeprowadzaé proste naprawy opisane odpowiednio
w dokumentacji produktu lub na telefoniczne polecenie zespotu wsparcia technicznego. Uszkodzenia wynikajace
z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firme Dell nie sg objete gwarancja. Nalezy zapoznac¢ si¢ z instrukcjami
dotyczacymi bezpieczehnstwa dostarczonymi z produktem i przestrzegac ich.

Aby unikna¢ wytadowania elektrostatycznego, nalezy odprowadza¢ tadunki z ciata za pomoca opaski
uziemiajacej zaktadanej na nadgarstek lub dotykajac okresowo niemalowanej metalowej powierzchni podczas dotykania
zfacza z tylu komputera.

Z elementami i kartami nalezy obchodzi¢ si¢ ostroznie. Nie nalezy dotykaé¢ elementéw ani stykéw na
kartach. Karte nalezy chwytac za krawedzie lub za metalowa klamre. Elementy takie jak mikroprocesor nalezy trzyma¢
za brzegi, a nie za styki.

Odtaczajac kabel, nalezy pociagnac¢ za wtyczke lub umieszczony na niej uchwyt, a nie za sam kabel.
Niektoére kable majg ztacza z zatrzaskami; przed odiaczeniem kabla tego rodzaju nalezy nacisnaé¢ zatrzaski ztagcza.
Pociagajac za ztgcza, nalezy je trzymac w linii prostej, aby unikna¢ wygiecia stykéw. Przed podiaczeniem kabla nalezy
takze sprawdzic¢, czy oba zfgcza sa prawidtowo zorientowane i wyréwnane.

@ UWAGA: Przed otwarciem jakichkolwiek pokryw lub paneli nalezy odtaczy¢ komputer od wszystkich zrédet zasilania. Po zakonczeniu
pracy wewnatrz komputera nalezy zainstalowac¢ pokrywy i panele oraz wkreci¢ $ruby, a dopiero potem podtaczy¢ komputer do
zasilania.

®| UWAGA: Kolor komputera i niektorych czesci moze roznic sie nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie.

Przed przystapieniem do serwisowania komputera

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, a takze zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
2. Wyitacz komputer. Kliknij kolejno opcje Start > O zasilanie > Wylacz.

®| UWAGA: Jesli uzywasz innego systemu operacyjnego, wytacz urzadzenie zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla tego systemu.

3. Odfacz komputer i wszystkie urzadzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych.
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4. QOdfacz od komputera wszystkie urzadzenia sieciowe i peryferyjne, np. klawiature, mysz, monitor itd.
5. Wyjmij z komputera wszystkie karty pamieci i dyski optyczne.

6. Po odfaczeniu komputera od zrédta zasilania naci$nij przycisk zasilania i przytrzymaj przez ok. 5 sekund, aby odprowadzi¢ tadunki
elektryczne z ptyty gtownej.

Umies¢é komputer na ptaskiej, migekkiej i czystej powierzchni, aby uniknaé zarysowania ekranu.

7. Potdz komputer spodem do gory.

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Rozdziat dotyczacy $rodkdw ostrozno$ci zawiera szczegdtowe informacje na temat podstawowych czynnosci, jakie nalezy wykona¢ przed
zastosowaniem sie do instrukcji demontazu.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek procedur instalacyjnych lub zwigzanych z awariami obejmujgcych demontaz badz montaz nalezy
przestrzega¢ nastepujacych srodkdw ostroznosci:

o Whylacz komputer i wszelkie podtaczone urzadzenia peryferyjne.

e (dfacz system i wszystkie podtaczone urzadzenia peryferyjne od zasilania pradem zmiennym.
e (Odiacz wszystkie kable sieciowe, linie telefoniczne i telekomunikacyjne od komputera.
[ ]

Podczas pracy wewnatrz dowolnego komputera stacjonarnego korzystaj z terenowego zestawu serwisowego ESD, aby unikna¢
wytadowania elektrostatycznego.

Po wymontowaniu podzespotu komputera ostroznie umieS¢ go na macie antystatycznej.
No$ obuwie o nieprzewodzacej gumowej podeszwie, by zmniejszy¢ prawdopodobieristwo porazenia pradem.

Stan gotowosci

Produkty firmy Dell, ktére moga by¢ w stanie gotowosci, nalezy catkowicie odfaczy¢ od pradu przed otwarciem obudowy. Urzadzenia,
ktére maja funkcje stanu gotowosci, sa zasilane, nawet gdy sa wytaczone. Wewnetrzne zasilanie umozliwia urzadzeniu w trybie uspienia
wigczenie sig po otrzymaniu zewnegtrznego sygnatu (funkcja Wake on LAN). Ponadto urzadzenia te sa wyposazone w inne zaawansowane
funkcje zarzadzania energia.

Odtaczenie od zasilania oraz nacidniecie i przytrzymanie przycisku zasilania przez 15 sekund powinno usuna¢ energie resztkowa z plyty
gtéwnej.

Potfgczenie wyrownawcze

Przewdd wyréwnawczy jest metoda podtaczania dwéch lub wiecej przewoddw uziemiajacych do tego samego potencijatu elektrycznego.
Stuzy do tego terenowy zestaw serwisowy ESD. Podczas podtaczania przewodu wyréwnawczego zawsze upewnij sie, ze jest on
podtgczony do metalu, a nie do malowanej lub niemetalicznej powierzchni. Opaska na nadgarstek powinna by¢ bezpiecznie zamocowana
i mie€ petny kontakt ze skéra. Pamietaj, aby przed podtaczeniem opaski do urzadzenia zdjac bizuterie, np. zegarek, bransoletki czy
pierécionki.

Zabezpieczenie przed wytadowaniem elektrostatycznym

Wytadowania elektrostatyczne (ESD) to gtdéwny problem podczas korzystania z podzespotow elektronicznych, a zwtaszcza wrazliwych
komponentéw, takich jak karty rozszerzen, procesory, moduty DIMM pamieci i ptyty systemowe. Nawet najmniejsze wytadowania potrafia
uszkodzi¢ obwody w niezauwazalny sposéb, powodujac sporadycznie wystepujace problemy lub skracajac zywotno$¢ produktu. Ze
wzgledu na rosngce wymagania dotyczace energooszczednosci i zageszczenia uktadow ochrona przed wytadowaniami elektrostatycznymi
staje sie coraz powazniejszym problemem.

Z powodu wigkszej gestosci potprzewodnikdw w najnowszych produktach firmy Dell ich wrazliwos¢ na uszkodzenia elektrostatyczne
jest wieksza niz w przypadku wczesniejszych modeli. Dlatego niektére wczesniej stosowane metody postgpowania z czedciami sg juz
nieprzydatne.

Uszkodzenia spowodowane wytadowaniami elektrostatycznymi mozna podzieli¢ na dwie kategorie: katastrofalne i przejsciowe.

e Katastrofalne — zdarzenia tego typu stanowig okoto 20 procent awarii zwigzanych z wytadowaniami elektrostatycznymi.
Uszkodzenie powoduje natychmiastowa i catkowita utrate funkcjonalnosci urzadzenia. Przykfadem katastrofalnej awarii moze by¢
modut DIMM, ktéry ulegt wstrzasowi elektrostatycznemu i generuje btad dotyczacy braku testu POST lub braku sygnatu wideo
z sygnatem dzwiekowym oznaczajgcym niedziatajacg pamiec.
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Przejsciowe — takie sporadyczne problemy stanowig okoto 80 procent awarii zwigzanych z wytadowaniami elektrostatycznymi.
Duza liczba przejéciowych awarii oznacza, ze w wigkszosci przypadkdéw nie mozna ich natychmiast rozpozna¢. Modut DIMM ulega
wstrzasowi elektrostatycznemu, ale Sciezki sg tylko ostabione, wiec podzespdt nie powoduje bezpoérednich objawdw zwigzanych

z uszkodzeniem. Faktyczne uszkodzenie ostabionych sciezek moze nastapi¢ po wielu tygodniach, a do tego czasu moga wystepowac
pogorszenie integralnoci pamieci, sporadyczne btedy i inne problemy.

Awarie przejsciowe (sporadyczne) sa trudniejsze do wykrycia i usuniecia.

Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wytadowania elektrostatyczne, pamigtaj o nastepujacych kwestiach:

Korzystaj z opaski uziemiajacej, ktéra jest prawidtowo uziemiona. Uzywanie bezprzewodowych opasek uziemiajacych jest
niedozwolone, poniewaz nie zapewniaja one odpowiedniej ochrony. Dotkniecie obudowy przed dotknieciem czesci o zwiekszonej
wrazliwosci na wytadowania elektrostatyczne nie zapewnia wystarczajacej ochrony przed tymi zagrozeniami.

Wszelkie czynnosci zwigzane z komponentami wrazliwymi na fadunki statyczne wykonuj w obszarze zabezpieczonym przed tadunkiem.
Jezeli to mozliwe, korzystaj z antystatycznych mat na podtoge i biurko.

Podczas wyciggania z kartonu komponentéw wrazliwych na fadunki statyczne nie wyciggaj ich z opakowania antystatycznego do
momentu przygotowania sie do ich montazu. Przed wyciagnieciem komponentu z opakowania antystatycznego roztaduj najpierw
fadunki statyczne ze swojego ciata.

W celu przetransportowania komponentu wrazliwego na fadunki statyczne umies¢ go w pojemniku lub opakowaniu antystatycznym.

Zestaw serwisowy ESD

Najczesciej uzywany jest niemonitorowany zestaw serwisowy. Kazdy zestaw serwisowy zawiera trzy gtéwnie elementy — mate
antystatyczna, pasek na nadgarstek i przewdd taczacy.

Elementy zestawu serwisowego ESD

Zestaw serwisowy ESD zawiera nastgpujgce elementy:

Mata antystatyczna — rozprasza fadunki elektrostatyczne i mozna na niej umieszcza¢ czesci podczas serwisowania. W przypadku
korzystania z maty antystatycznej nalezy zatozy¢ pasek na nadgarstek i potaczy¢ mate przewodem z dowolng metalowa czescia
serwisowanego systemu. Po prawidtowym podfaczeniu tych elementow czesci serwisowe mozna wyjac z torby antyelektrostatycznej
i pofozy¢ bezpoérednio na macie. Komponenty wrazliwe na tadunki elektrostatyczne mozna bezpiecznie trzymac w dtoni, na macie
antystatycznej, w komputerze i w torbie.

Pasek na nadgarstek i przewoéd taczacy — pasek i przewdd mozna potaczy¢ bezposrednio z metalowym komponentem
sprzetowym, jesli mata antystatyczna nie jest wymagana, albo potaczy¢ z mata, aby zabezpieczy¢ sprzet tymczasowo umieszczony
na macie. Fizyczne potaczenie miedzy paskiem na nadgarstek, przewodem taczacym, mata antystatycznag i sprzetem jest nazywane
wigzaniem. Nalezy uzywac wytacznie zestawOw serwisowych zawierajacych pasek na nadgarstek, mate i przewdd faczacy. Nie wolno
korzystac z opasek bez przewoddw. Nalezy pamietac, ze wewnetrzne przewody paska na nadgarstek sa podatne na uszkodzenia
podczas normalnego uzytkowania. Nalezy je regularnie sprawdza¢ za pomoca testera, aby unikna¢ przypadkowego uszkodzenia
sprzetu przez wytadowania elektrostatyczne. Zaleca sie testowanie paska na nadgarstek i przewodu faczacego co najmniej raz

w tygodniu.

Tester paska antystatycznego na nadgarstek — przewody wewnatrz paska sg podatne na uszkodzenia. W przypadku korzystania
z zestawu nhiemonitorowanego najlepiej jest testowac pasek przed obstuga kazdego zlecenia serwisowego, co najmniej raz w tygodniu.
Najlepiej jest uzywac testera paska na nadgarstek. W przypadku braku takiego testera nalezy skontaktowac sie z biurem regionalnym.
Aby przeprowadzi¢ test, podtacz przewdd faczacy do testera zatozonego na nadgarstek, a nastepnie nacisnij przycisk. Swiecaca
zielona dioda LED oznacza, ze test zakonczyt sie pomyséinie. Czerwona dioda LED i sygnat dzwigkowy oznaczaja niepowodzenie testu.
Elementy izolacyjne — urzadzenia wrazliwe na wyfadowania elektrostatyczne, takie jak obudowa radiatora z tworzywa sztucznego,
nalezy trzymac z dala od wewnetrznych czesci o wiasciwosciach izolujacych, ktére czesto maja duzy tadunek elektryczny.
Srodowisko pracy — przed uzyciem zestawu serwisowego ESD nalezy oceni¢ sytuacje w lokalizacji klienta. Przyktadowo sposéb
uzycia zestawu w srodowisku serwerdéw jest inny niz w przypadku komputeréw stacjonarnych lub przeno$nych. Serwery sa zwykle
montowane w stelazu w centrum danych, a komputery stacjonarne i przenosne zazwyczaj znajduja sie na biurkach lub w boksach
pracownikéw. Poszukaj duzej, otwartej i ptaskiej powierzchni roboczej, ktéra pomiesci zestaw ESD i zapewni dodatkowe migjsce

na naprawiany system. W tym miejscu nie powinno by¢ takze elementdw izolacyjnych, ktére moga powodowac wytadowania
elektrostatyczne. Przed rozpoczeciem pracy z elementami sprzetowymi izolatory w obszarze roboczym, takie jak styropian i inne
tworzywa sztuczne, nalezy odsunaé co najmniej 30 cm od wrazliwych czesci.

Opakowanie antyelektrostatyczne — wszystkie urzadzenia wrazliwe na wytadowania elektrostatyczne nalezy wysyta¢ i dostarcza¢
w odpowiednio bezpiecznym opakowaniu. Zalecane sa metalowe torby ekranowane. Uszkodzone czesci nalezy zawsze zwracac

w torbie elektrostatycznej i opakowaniu, w ktérych zostaty dostarczone. Torbe antyelektrostatyczng trzeba ztozy¢ i szczelnie

zaklei¢. Nalezy rowniez uzy¢ tej samej pianki i opakowania, w ktérym dostarczono nowa czesé. Urzadzenia wrazliwe na

wytadowania elektrostatyczne nalezy po wyjeciu z opakowania umiesci¢ na powierzchni roboczej zabezpieczonej przed tadunkami
elektrostatycznymi. Nie wolno kfas¢ czesci na zewnetrznej powierzchni torby antyelektrostatycznej, poniewaz tylko jej wnetrze

jest ekranowane. Czeéci nalezy zawsze trzyma¢ w rece albo umiesci¢ na macie antystatycznej, w systemie lub wewnatrz torby
antyelektrostatycznej.
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e Transportowanie wrazliwych elementéw — elementy wrazliwe na wytadowania elektrostatyczne, takie jak czesci zamienne lub
zwracane do firmy Dell, nalezy bezpiecznie transportowa¢ w torbach antyelektrostatycznych.

Ochrona przed tadunkami elektrostatycznymi — podsumowanie

Zaleca sig, aby podczas naprawy produktow Dell wszyscy serwisanci uzywali tradycyjnego, przewodowego uziemiajacego paska na
nadgarstek i ochronnej maty antystatycznej. Ponadto podczas serwisowania czesci wrazliwe nalezy trzymac z dala od elementow
izolacyjnych, a wrazliwe elementy trzeba transportowac w torbach antyelektrostatycznych.

Transportowanie wrazliwych elementow

Podczas transportowania komponentéw wrazliwych na wytadowania elektryczne, takich jak lub czesci zamienne lub czesci zwracane do
firmy Dell, nalezy koniecznie zapakowac je w woreczki antystatyczne.

Podnoszenie sprzetu

Podczas podnoszenia ciezkiego sprzetu stosuj sie do nastepujacych zalecen:
Nie podno$ w pojedynke cigzaru o wadze wiekszej niz ok. 22 kg. Nalezy zawsze uzyskiwaé pomoc lub
korzysta¢ z urzadzenia do podnoszenia mechanicznego.

Rozstaw stopy tak, aby zachowa¢ réwnowage. Ustaw je szeroko i stabilnie, a palce skieruj na zewnatrz.

Napnij miesnie brzucha. Migsnie brzucha wspieraja kregostup podczas unoszenia, przenoszac cigzar fadunku.

Cigzary podno$ nogami, a nie plecami.

Trzymaj fadunek blisko siebie. Im blizej znajduje sie on kregostupa, tym mniejszy wywiera nacisk na plecy.

Podczas podnoszenia i ktadzenia tadunku miej wyprostowane plecy. Nie zwigkszaj ciezaru fadunku cigzarem swojego ciata. Unikaj
skrecania ciafa i kregostupa.

6. Stosuj sie do tych samych zalecen w odwrotnej kolejnosci podczas ktadzenia tadunku.

S IFNISTECIES

Po zakonczeniu serwisowania komputera

®| UWAGA: Pozostawienie nieuzywanych lub nieprzykreconych érub wewnatrz komputera moze powaznie uszkodzi¢ komputer.

Przykre¢ wszystkie $ruby i sprawdz, czy wewnatrz komputera nie pozostaty zadne nieuzywane Sruby.

Podtacz do komputera wszelkie urzadzenia zewnetrzne, peryferyjne i kable odtaczone przed rozpoczeciem pracy.
Zainstaluj karty pamieci, dyski i wszelkie inne elementy wymontowane przed rozpoczeciem pracy.

Podtacz komputer i wszystkie urzadzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych.

S NSRS

Wiacz komputer.
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Technologia i podzespoty

Niniejszy rozdziat zawiera szczegdtowe informacje dotyczace technologii i skfadnikoéw dostepnych w systemie.
Tematy:

» DDR4

. Funkcje USB

e USB Type-C

e Zalety technologii DisplayPort przez USB Type-C
e HDMI2.0

¢ Pamie¢ Intel Optane

DDRA4

Pamie¢ DDR4 (Double Data Rate czwartej generacii) jest szybsza technologia pamigci nastepujaca po standardach DDR2 i DDR3. Moduty
DDR4 moga mie¢ pojemno$¢ nawet 512 GB, podczas gdy moduty DDR3 miaty rozmiar do 128 GB. Synchroniczny modut DDRA jest
zbudowany inaczej niz moduty SDRAM i DDR, co uniemozliwia jego nieprawidtowa instalacje w komputerze.

Moduty DDR4 wymagajg 0 20% nizszego napiecia (1,2 V) niz moduty DDR3, ktére wymagaty napiecia 1,5 V. Moduty DDR4 obstuguijg takze
nowy tryb gtebokiego uspienia, ktéry umozliwia przechodzenie zawierajacego je urzadzenia w stan gotowoséci bez od$wiezania pamieci.
Tryb gtebokiego uspienia powinien zmniejsza¢ zuzycie energii w trybie gotowosci o 40-50%.

DDR4 — szczeglly

Miedzy modutami pamieci DDR3 i DDRA4 istnieja drobne réznice opisane nize;j.
Potozenie wyciecia

Woyciecie na module DDR4 znajduje sie w innym miejscu niz wyciecie na module DDR3. W obu przypadkach wyciecie znajduje sie na
krawedzi wkfadanej do ztacza, ale modut DDR4 ma wyciecie w nieco innym miejscu, co uniemozliwia zainstalowanie go w niezgodnym
ztaczu.

Rysunek 1. Potozenie wyciecia

Wieksza grubos¢
Moduty DDR4 sa nieco grubsze od modutdbw DDR3, dzieki czemu obstuguja wiecej warstw sygnatowych.
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Rysunek 2. Wigksza grubos¢

Zakrzywiona krawedz

Moduty DDR4 majg zakrzywiona krawedz, co utatwia wkitadanie ich do ziacza i zmniejsza obciazenie ptytki drukowanej podczas

instalowania modutu.

Rysunek 3. Zakrzywiona krawedz

Btedy pamieci

Btedy pamieci w komputerze wyswietlajg nowy kod btedu ON-FLASH-FLASH lub ON-FLASH-ON. Jesli wszystkie moduty pamieci ulegna
awarii, wyéwietlacz LCD nie wigczy sie. Sprobuj znalez¢ przyczyne awarii pamieci, sprawdzajac dziatanie sprawnych modutdw w ztaczach
umieszczonych na spodzie komputera oraz pod klawiatura (w niektérych modelach przenosnych).

@ UWAGA: Pamig¢ DDR4 jest wbudowana w plyte giéwna, a nie stanowi wymiennego modutu DIMM, jak wynika z materiatow

referencyjnych.

Funkcje USB

Standard uniwersalnej magistrali szeregowej USB (Universal Serial Bus) zostat wprowadzony w 1996 r. Interfejs ten znacznie upro$cit
podigczanie do komputeréw hostéw urzadzen peryferyjnych, takich jak myszy, klawiatury, napedy zewnetrzne i drukarki.

Tabela 1. Ewolucja USB

Typ Predkos$¢ przesytania danych Kategoria Rok wprowadzenia
USB 2.0 480 Mb/s Hi-Speed 2000

USB 3.0/USB 3.1 5 Gb/s SuperSpeed 2010

pierwszej generacii

USB 3.1 drugiej 10 Gb/s SuperSpeed 2013

generacji

USB 3.0/USB 4.1 pierwszej generacji (SuperSpeed USB)

Przez wiele lat standard USB 2.0 byt stale rozpowszechniany jako jedyny wiadciwy standard interfejsu komputeréw. Sprzedano ok.
6 miliardéw urzadzen, jednak potrzeba wiekszej szybkosci wcigz istniata w zwigzku z rosnaca szybkoscig obliczeniowa urzadzen oraz

wiekszym zapotrzebowaniem na przepustowo$¢. Odpowiedzig na potrzeby klientéw jest standard USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacjj,
ktéry teoretycznie zapewnia 10-krotnie wieksza szybko$¢ niz poprzednik. W skrécie funkcje standardu USB 3.1 pierwszej generacji mozna

opisa¢ nastepujgco:
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Wyzsza szybkos¢ przesytania danych (do 5 Gb/s)

Wieksza maksymalna moc zasilania magistrali i wiekszy poboér pradu dostosowany do urzadzen wymagajacych duzej mocy
Nowe funkcje zarzadzania zasilaniem

Transmisja typu petny dupleks i obstuga nowych typow transmisji danych

Wsteczna zgodno$¢ z USB 2.0

Nowe ztgcza i kable

Ponizsze tematy zawieraja odpowiedzi na najczesciej zadawane pytana dotyczace standardu USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generaciji.

SUPERSPEED
S uss>
e

Szybkosc

Obecnie w najnowszej specyfikacji standardu USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji zdefiniowane sa 3 tryby szybkosci. Sa to tryby
Super-Speed, Hi-Speed i Full-Speed. Nowy tryb SuperSpeed ma szybkos¢ przesytania danych 4,8 Gb/s. W specyfikacji nadal istnieja tryby
USB Hi-Speed i Full-Speed, znane szerzej odpowiednio jako USB 2.0 i 1.1. Te wolnigjsze tryby nadal dziataja z szybkoscia odpowiednio 480
Mb/s i 12 Mb/s. Zostaty one zachowane dla zgodnoéci ze starszym sprzetem.

Znacznie wyzsza wydajnos¢ ztacza USB 3.0/3.1 pierwszej generacii jest mozliwa dzigki nastepujacym zmianom technologicznym:

Dodatkowa fizyczna magistrala istniejgca rownolegle do biezacej magistrali USB 2.0 (patrz zdjecie ponizej).

Ztacze USB 2.0 miato cztery przewody (zasilania, uziemienia oraz pare przewodéw do danych réznicowych); ztacze USB

3.0/3.1 pierwszej generacji dysponuje czterema dodatkowymi przewodami obstugujgcymi dwie pary sygnatéw réznicowych (odbioru
i przesytu), co daje facznie osiem przewodow w ztaczach i kablach.

e /tacze USB 3.0/3.1 pierwszej generacji wykorzystuje dwukierunkowy interfejs transmisji danych w przeciwienstwie do uktadu
potdupleks wystepujacego w wersji USB 2.0. Zapewnia to 10-krotnie wieksza teoretyczng przepustowose.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Wspdiczesne rozwigzania, takie jak materiaty wideo w rozdzielczoéci HD, pamieci masowe o0 pojemnosciach wielu terabajtow i aparaty
cyfrowe o duzej liczbie megapikseli, wymagaja coraz wiekszej przepustowosci — standard USB 2.0 moze nie by¢ wystarczajgco szybki.
Ponadto zadne potaczenie USB 2.0 nie zblizato sie nawet do teoretycznej maksymalnej przepustowosci 480 Mb/s; realne maksimum
wynosio okoto 320 Mb/s (40 MB/s). Podobnie ztacze USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji nigdy nie osiagnie predkosci 4,8 Gb/s.
Prawdopodobnie realne maksimum bedzie wynosito 400 MB/s z uwzglednieniem danych pomocniczych. Przy tej predkoéci ztacze USB
3.0/USB 3.1 pierwszej generacji bedzie 10-krotnie szybsze od ztagcza USB 2.0.

/astosowania

Ztacze USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji zapewnia urzgdzeniom wigkszg przepustowos¢, zwiekszajgc komfort korzystania z nich.
Przesytanie sygnatu wideo przez ztacze USB byto dotychczas bardzo niewygodne (z uwagi na rozdzielczos¢, opdznienia i kompresje),

ale mozna sobie wyobrazi¢, ze przy 5-10-krotnym zwigkszeniu przepustowosci rozwigzania wideo USB beda dziataC znacznie lepiej.
Sygnat Single-link DVI wymaga przepustowosci prawie 2 Gb/s. Przepustowo$¢ 480 Mb/s byfa tu ograniczeniem, ale szybko$¢ 5 Gb/s jest
wiecej niz obiecujaca. Ten zapowiadajacy predkos¢ 4,8 Gb/s standard moze sie znalez¢ nawet w produktach, ktére dotychczas nie byty
kojarzone ze zfgczami USB, na przyktad w zewnetrznych systemach pamieci masowej RAID.
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Ponizej wymieniono niektére produkty z interfejsem SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacii:

Zewnetrzne stacjonarne dyski twarde USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacii
Przenosne dyski twarde USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacii

Stacje dokujace i przejsciowki do dyskow USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacii
Pamieci i czytniki USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacii

Nosniki SSD USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji

Macierze RAID USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generaciji

Multimedialne napedy dyskdéw optycznych

Urzadzenia multimedialne

Rozwigzania sieciowe

Karty rozszerzen i koncentratory USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generaciji

/godnosc¢

Dobra wiadomoé¢: standard USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji zostat od podstaw zaplanowany z mysla o bezproblemowym
wspdtistnieniu ze standardem USB 2.0. Przede wszystkim mimo ze w przypadku standardu USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacii
zastosowano nowe fizyczne metody potaczen i kable zapewniajace obstuge wiekszych szybkosci, samo ztacze zachowato taki sam
prostokatny ksztatt i cztery styki rozmieszczone identycznie jak w ztagczu standardu USB 2.0. W kablu USB 3.0/USB 3.1 pierwszej
generacji znajduje sie pie¢ nowych potaczer odpowiedzialnych za niezalezny odbiér i nadawanie danych, ktére sa aktywowane po
podiaczeniu do odpowiedniego ztgcza SuperSpeed USB.

USB Type-C

USB Type-C to nowe, mate zlacze fizyczne. Obsfuguje ono rézne nowe standardy USB, takie jak USB 3.11 USB Power Delivery (USB PD).

Tryb naprzemiennego dostepu

USB Type-C to nowe, bardzo mate ztacze. Jest mnigj wiecej trzy razy mniejsze od dawnych ztaczy USB Type-A. Stanowi pojedynczy
standard, z ktérym powinno wspotpracowac¢ kazde urzadzenie. Ztacza USB Type-C obstuguja rézne inne protokoty w , trybach
alternatywnych”, co pozwala korzysta¢ z przejsciéwek miedzy ztaczem USB Type-C a ztaczami HDMI, VGA, DisplayPort i wieloma innymi.

USB Power Delivery

Specyfikacja USB PD jest $ci$le zwigzana ze standardem USB Type-C. Wspétczesne smartfony, tablety i inne urzadzenia mobilne czesto
sg fadowane przez ztagcze USB. Potagczenie USB 2.0 zapewnia moc do 2,5 W, co wystarcza do natadowania telefonu, ale nie pozwala na
zbyt wiele poza tym. Na przyktad notebook moze wymaga¢ mocy nawet 60 W. Specyfikacja USB Power Delivery zapewnia moc nawet
100 W. Przesyfanie energii jest dwukierunkowe: urzadzenie moze zasila¢ inne urzadzenia lub pobiera¢ energie. Przesyfanie energii nie
zakioca w zaden sposOb przesytania danych.

Mozliwos¢ tfadowania wszystkich urzadzen za pomoca standardowego potgczenia USB moze oznacza¢ koniec z rzadkimi i nietypowymi
kablami do tfadowania notebookéw. Bedzie mozna fadowac notebooka za pomoca przenoénej baterii uzywanej do tadowania smartfonow

i innych urzadzen przeno$nych. Notebook podtgczony do zewnetrznego wyswietlacza z zasilaniem sieciowym moze pobiera¢ energie

Z tego wyswietlacza przez to samo mate ztacze USB, przez ktdre przesyfany jest obraz. Aby mozna byto korzysta¢ z tych funkcii,
urzadzenie i kabel muszg obstugiwac standard USB Power Delivery. Sam fakt, ze urzadzenie ma ztgcze USB Type-C, nie oznacza jeszcze,
ze obstuguje nowy standard zasilania.

USB Type-C i USB 3.1

USB 3.1 to nowy standard USB. Teoretyczna przepustowos¢ USB 3 wynosi 5 Gb/s, tyle samo co w przypadku USB 3.1 pierwszej
generacji, podczas gdy przepustowos¢ USB 3.1 drugiej generacji wynosi 10 Gb/s. To dwukrotnie wieksza przepustowo$¢, poréwnywalna
ze ztaczami Thunderbolt pierwszej generacji. USB Type-C to nie to samo co USB 3.1. USB Type-C to tylko ksztatt ztacza, przez ktére dane
moga by¢ przesytane w technologii USB 2 lub USB 3.0. W rzeczywistoéci tablet Nokia N1z Androidem wykorzystuje ztacze USB typu C,
ale pod spodem znajduije sie wszystko USB 2.0 - nawet nie USB 3.0. Technologie te sa jednak blisko zwigzane.
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Zalety technologii DisplayPort przez USB Type-C

Petna wydajnos¢ transferu obrazu i dzwieku przez ztacze DisplayPort (rozdzielczo$¢ nawet 4K przy czestotliwosci od$wiezania 60 Hz)
Takie same zfacza po obu stronach kabla i wtyczka, ktéra mozna odwraca¢

Zgodnos¢ z wezesniejszymi ztgaczami VGA i DVI przy zastosowaniu przejscidwek

Transfer danych przez ztacze SuperSpeed USB (USB 3.1)

Obstuga protokotu HDMI 2.0a i zgodno$¢ z poprzednimi wersjami

HDMI 2.0

W tym temacie opisano ztacze HDMI 2.0 oraz jego funkcje i zalety.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) to branzowy standard cyfrowej transmisji nieskompresowanego sygnatu audio/wideo HDMI
stanowi interfejs migdzy zgodnymi zrodtami cyfrowego dzwigku i obrazu — takimi jak odtwarzacz DVD lub odbiornik audio/wideo

— a zgodnymi cyfrowymi urzadzeniami audio/wideo, takimi jak telewizory cyfrowe. Interfejs HDMI jest przeznaczony dla telewizoréw

i odtwarzaczy DVD HDMI. Jego podstawowa zaleta jest zmniejszenie ilosci kabli i obstuga technologii ochrony tresci. Standard HDMI
obstuguje obraz w rozdzielczosci standardowej, podwyzszonej i wysokiej, a takze umozliwia odtwarzanie cyfrowego wielokanatowego
dzwigku za pomoca jednego przewodu.

Funkcje interfejsu HDMI 2.0

e Kanat Ethernet HDMI - dodaje do pofaczenia HDMI mozliwos¢ szybkiego przesytu sieciowego, pozwalajac uzytkownikom w petni
korzystac z urzadzen obstugujacych protokét IP bez potrzeby osobnego kabla Ethernet.

e Kanat powrotny dzwieku — umozliwia podfaczonemu do HDMI telewizorowi z wbudowanym tunerem przesytanie danych
dzwigkowych ,w gdre strumienia” do systemu dzwigku przestrzennego, eliminujac potrzebe osobnego kabla audio.

3D — definiuje protokoty we/wy dla najwazniejszych formatéw obrazu 3D, torujgc droge do prawdziwie trojwymiarowych gier i filmow.
Typ zawartosci — przesyfanie informaciji o typie zawarto$ci w czasie rzeczywistym miedzy wyswietlaczem a zrédfem, umozliwiajace
telewizorowi optymalizacje ustawien obrazu w zalezno$ci od typu zawartosci.

e Dodatkowe przestrzenie barw — wprowadza obstuge dodatkowych modeli barw stosowanych w fotografii cyfrowej i grafice
komputerowe;.

e Obstuga standardu 4K — umozliwia przesytanie obrazu w rozdzielczo$ci znacznie wyzszej niz 1080p do wy$wietlaczy nowej
generacji, ktére doréwnuja jakoscig systermom Digital Cinema stosowanym w wielu komercyjnych kinach
Ztacze HDMI Micro — nowe, mnigjsze ziacze dla telefondw i innych urzadzen przeno$nych, obstugujace rozdzielczos¢ do 1080p

e Samochodowy system potaczen — nowe kable i ztagcza do samochodowych systemow potaczen, dostosowane do specyficznych
wymogow Srodowiska samochodowego i zapewniajgce prawdziwag jakos¢ HD.

/alety portu HDMI

Jako$¢ HDMI umozliwia transmisje cyfrowego, nieskompresowanego sygnatu audio i wideo przy zachowaniu najwyzszej jakosci obrazu.
Niski koszt HDMI to proste i ekonomiczne rozwigzanie, ktére taczy jakos¢ i funkcjonalnos¢ cyfrowego interfejsu z obstuga
nieskompresowanych formatéw wideo.

e Dzwiek HDMI obstuguje wiele formatow audio, od standardowego dzwigku stereofonicznego po wielokanatowy dzwigk przestrzenny.

HDMI fgczy obraz i wielokanatowy dzwigk w jednym kablu, eliminujgc wysokie koszty i komplikacje zwigzane z wieloma kablami
stosowanymi w biezacych systemach A/V.
e HDMI obstuguje komunikacje miedzy zrodtem wideo (takim jak odtwarzacz DVD) a telewizorem DTV, zapewniajgce nowe mozliwosci.

Pamiec¢ Intel Optane

Pamie¢ Intel Optane dziata tylko jako akcelerator pamieci masowej. Nie zastepuje ani nie uzupetnia pamieci operacyjnej (RAM)
zainstalowanej w komputerze.

@ UWAGA: Pamig¢ Intel Optane jest obstugiwana na komputerach, ktére spetniaja nastepujgce wymagania:

e Procesor Intel Core i3/i5/i7 sibdmej generacji

o B4-bitowy system Windows 10 w wersji 1607 lub nowszej

Technologia i podzespoty 13



e Sterownik Intel Rapid Storage Technology w wersji 15.9.1.1018 lub nowszej

Tabela 2. Dane techniczne pamieci Intel Optane

Cecha Dane techniczne

Interfejs PCle 3x2 NVMe 1.1

/tacze Gniazdo kart M.2 (2230/2280)

Obstugiwane konfiguracje e Procesor Intel Core i3/i5/i7 sibdmej generaciji

64-bitowy system Windows 10 w wersiji 1607 lub nowszej

Sterownik Intel Rapid Storage Technology w wersji 15.9.1.1018
lub nowszej

Capacity 32 GB

Wiaczanie pamieci Intel Optane

NN

Na pasku zadan Kliknij pole wyszukiwania i wpisz ,, Technologia pamigci Intel Rapid”.
Kliknij pozycje Technologia pamieci Intel Rapid.
Na karcie Stan kliknij opcje Wiacz, aby wiaczy¢ pamiec Intel Optane.

Na ekranie ostrzezenia wybierz kompatybilny szybki naped, a nastepnie kliknij przycisk Tak, aby kontynuowa¢ wiaczanie pamieci Intel
Optane.

Kliknij kolejno opcje Pamigé Intel Optane > Uruchom ponownie, aby wigczy¢ pamiec Intel Optane.

®| UWAGA: Aplikacje moga wymagac¢ do trzech kolejnych uruchomien, aby zaobserwowac¢ pete korzysci zwigzane z wydajnoscia.

Wytaczanie pamieci Intel Optane

Po wylaczeniu pamieci Intel Optane nie nalezy odinstalowywac¢ sterownika Intel Rapid Storage
Technology, poniewaz spowoduje to wystapienie btedu niebieskiego ekranu. Interfejs uzytkownika technologii pamieci
Intel Rapid mozna usunaé bez odinstalowywania sterownika.

@ UWAGA: Wyifaczenie pamieci Intel Optane jest wymagane przed wymontowaniem z komputera urzadzenia pamieci masowej SATA

NN

14

z akceleracja sprzetowa zapewniang przez modut pamieci Intel Optane.

Na pasku zadan Kliknij pole wyszukiwania, a nastepnie wpisz ,,Technologia pamigci Intel Rapid”.
Kliknij pozycje Technologia pamieci Intel Rapid. Zostanie wySwietlone okno Technologia pamieci Intel Rapid.
Na karcie Pamig¢ Intel Optane Kliknij opcje Wytacz, aby wytaczy¢ pamie¢ Intel Optane.

Kliknij przycisk Tak, jesli akceptujesz ostrzezenie.
Zostanie wy$wietlony postep wytgczania.

Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby zakonczy¢ wytaczanie pamieci Intel Optane i uruchomi¢ ponownie komputer.
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Wymontowywanie i instalowanie elementéow

@ UWAGA: W zaleznosci od zamodwionej konfiguracji posiadany komputer moze wyglada¢ nieco inaczej niz na ilustracjach w tym
dokumencie.

Tematy:

. Pokrywa boczna

. Karta rozszerzen

. Bateria pastylkowa

*  Zestaw dysku twardego

. Dysk twardy

. Ramka

¢ Modut dysku twardego i napedu optycznego
. Naped dyskow optycznych

¢ Modut pamieci

*  Wentylator radiatora

e Zestaw radiatora

¢ Przetacznik czujnika naruszenia obudowy
. Przefacznik zasilania

e Procesor

. Dysk SSD M.2 PCle

e Zasilacz

e Gtosnik

. Ptyta systemowa

Pokrywa boczna

Wymontowywanie pokrywy bocznej

1. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.

2. Aby zdja¢ pokrywe, wykonaj nastepujace czynnosci:
a. Przesun zatrzask zwalniajgcy na tylnej $cianie systemu, az ustyszysz kliknigcie sygnalizujace odblokowanie pokrywy bocznej [1].
b. Wysun pokrywe boczng z systemu [2].
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Instalowanie pokrywy bocznej

1. Umie$¢ pokrywe na komputerze i przesun ja, aby ja osadzi¢ [1].
2. Zatrzask zwalniajgcy automatycznie mocuje pokrywe boczna do systemu [2].
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3. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakoriczeniu serwisowania komputera.

Karta rozszerzen

Wymontowywanie karty rozszerzen

1. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Zdejmij pokrywe boczna.
3. Aby wyja¢ karte rozszerzen, wykonaj nastepujace czynnosci:

a. Pociagnij za metalowy zaczep, aby zwolni¢ karte rozszerzen [1].

b. Pociagnij zaczep zwalniajacy u podstawy karty rozszerzen [2].

®| UWAGA: Dotyczy gniazda karty x16 (karta x1 nie ma zaczepu zwalniajgcego).

c. Odfacz karte rozszerzen i wyjmij ja z gniazda na pfycie systemowej [3].
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Instalowanie karty rozszerzen

1. @ UWAGA: Aby wymontowac klamry ztgcza PCle, wypchnij klamre w gére z komputera, aby jg uwolni¢, a nastepnie wyjmij ja
z komputera.
Wsun srubokret do otworu w klamrze ztagcza PCle i mocno naciénij, aby zwolni¢ klamre [3], a nastepnie wyjmij klamre z komputera.
2. Umies¢ karte rozszerzen w gniezdzie na ptycie systemowej [1].
3. Dociénij karte rozszerzen, aby ja osadzi¢ z charakterystycznym kliknieciem [2].
4. Zamknij zatrzask karty rozszerzen i dociénij ja, az ustyszysz klikniecie [3].
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B. Zainstalujpokrywe boczna.
6. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.

Bateria pastylkowa

Wyjmowanie baterii pastylkowej

Wyijecie baterii pastylkowej moze spowodowac¢ zresetowanie plyty gtéwnej.

1. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Wymontuj nastepujace elementy:
a. Pokrywa boczna
b. Kartarozszerzen
3. Aby wymontowac¢ baterie pastylkowa, wykonaj nastepujace czynnosci:
a. Rysikiem z tworzywa sztucznego podwaz zatrzask zwalniajacy, aby bateria pastylkowa wyskoczyfa z gniazda [1].
b. Wyjmij baterie pastylkowa z systemu [2].

Wymontowywanie i instalowanie elementow
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Instalowanie baterii pastylkowej

1. Wiz baterie pastylkowa strong oznaczona plusem (+) do gniazda na ptycie systemowej [1].
2. Wociénij baterie do gniazda, az ustyszysz klikniecie [2,3].
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3. Zainstaluj nastepujace elementy:
a. Karty rozszerzen
b. Pokrywa boczna

4. Woykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.

Zestaw dysku twardego

Wymontowywanie zestawu dysku twardego

1. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Zdejmij pokrywe boczna.
3. Aby wyjac¢ dysk twardy:

a. Odfacz kabel danych i kabel zasilania dysku twardego od ztaczy na dysku twardym [1, 2].

b. Naciénij zaczep zwalniajacy i wyjmij zestaw dysku twardego z systemu [3].

Wymontowywanie i instalowanie elementow
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Instalowanie zestawu dysku twardego

Umie$¢ zestaw dysku twardego we wnece w komputerze [1].

1.

2. Podiacz kabel zasilania i kabel dysku twardego do ztaczy na dysku twardym [2, 3].

Wymontowywanie i instalowanie elementow
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3. Zainstaluj pokrywe boczna.
4. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.

Dysk twardy

Wymontowywanie dysku twardego

®

UWAGA: W przypadku komputera wyposazonego w dysk twardy 3,5" nalezy wykonac¢ te sama procedure, aby wymontowac dysk
twardy z jego wspornika.

1. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Wymontuj nastepujace elementy:

a. Pokrywa boczna
b. zestaw dysku twardego

3. Rozegnij wspornik dysku twardego [1], unie$ dysk [2], a nastepnie wysun go ze wspornika [3].

@l UWAGA: Wykonaj te sama procedure, aby wymontowa¢ drugi dysk twardy 2,5" z drugiej strony wspornika.
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Instalowanie dysku twardego

®

UWAGA: W przypadku komputera wyposazonego w dysk twardy 3,5" nalezy wykona¢ te sama procedure, aby zainstalowa¢ dysk
twardy w jego wsporniku.

1. Wsun otwory z jednej strony dysku twardego na wypustki we wsporniku dysku twardego [1], a nastepnie umies¢ dysk twardy we
wsporniku, tak aby wypustki po drugiej stronie wspornika byty wyréwnane z otworami na dysku twardym [2].

@l UWAGA: Wykonaj te sama procedure, aby zainstalowac¢ drugi dysk twardy 2,5" po drugiej stronie wspornika.

2. Zainstaluj nastepujace elementy:

a. Zestaw dysku twardego
b. Pokrywa boczna
3. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakoriczeniu serwisowania komputera.

Ramka

Wymontowywanie pokrywy przedniej

1. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Zdejmij pokrywe boczna.
3. Aby wymontowac¢ ostone przednia, wykonaj nastepujace czynnosci:

a. Unie$ zaczepy, aby uwolni¢ osfone przednia z systemu.
b. Zdejmij pokrywe przednia z komputera.
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Instalowanie pokrywy przedniej

1. Wyréwnaj ostone i wibéz zaczepy mocujace na ostonie do szczelin w systemie.
2. Dociénij ostone, aby zaczepy zaskoczyty.
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3. Zainstaluj pokrywe boczna.
4. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.

Modut dysku twardego i napedu optycznego

Wymontowywanie modutu dysku twardego i napedu optycznego

1. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Wymontuj nastepujace elementy:

a. Pokrywa boczna

b. Ostona przednia

C. Zestaw dysku twardego

3. Aby zwolni¢ modut dysku twardego i napedu optycznego:
a. Wyjmij kable napgdu optycznego [1] i dysku twardego [2] z zaciskow.
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b. Przesun zatrzask zwalniajacy, aby odblokowa¢ modut dysku twardego i napgdu optycznego [1].

¢.  Wyjmij modut dysku twardego i napedu optycznego [2]

27
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4. Aby wymontowa¢ modut dysku twardego i napedu optycznego:

a. Odfacz kabel danych i kabel zasilania napedu optycznego od zlaczy napedu optycznego [1, 2].

b. Przesun i wyjmij modut dysku twardego i napedu optycznego z systemu [3].

Wymontowywanie i instalowanie elementow
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Instalowanie modutu dysku twardego i napedu optycznego

1. Wsun zaczepy modutu dysku twardego i napedu optycznego do gniazda w systemie pod katem 30 stopni [1].
2. Podtacz kabel danych i kabel zasilania napedu optycznego do ztgczy na napedzie optycznym [2, 3].

Wymontowywanie i instalowanie elementow
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3. Opus¢ modut dysku twardego i napedu optycznego do gniazda [1].
4. Przesun zaczep zwalniajacy, aby zablokowa¢ modut [2].
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Wymontowywanie i instalowanie elementow

5. Umieé¢ kable danych i zasilania dysku twardego w zaczepie zwalniajgcym modut dysku twardego i napgdu optycznego [1].

6. Umies¢ kable danych i zasilania napedu optycznego w zaciskach [2].
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7. Zainstaluj nastepujace elementy:

a. Zestaw dysku twardego
b. Ostfona przednia
¢c. Pokrywa boczna

8. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.
Naped dyskow optycznych

Wymontowywanie napedu dyskéw optycznych

1. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Wymontuj nastepujace elementy:

a. Pokrywa boczna

b. Ostona przednia

3. Aby wyja¢ naped optyczny:
a. Odfacz kabel danych i kabel zasilania dysku twardego od ztaczy na dysku twardym [1, 2].
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b. Przesun zatrzask zwalniajacy, aby odblokowa¢ modut dysku twardego i napgdu optycznego [1].
¢.  Wyjmij modut dysku twardego i napedu optycznego [2].
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d. Odfacz kabel danych napedu optycznego i kabel zasilania napedu optycznego od ztaczy na napedzie optycznym [1, 2], a nastepnie

opus¢ modut dysku twardego i napedu optycznego na miejsce.

Wymontowywanie i instalowanie elementow
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e. Nacisnij zatrzask zwalniajacy napedu optycznego [1] i wyjmij naped z komputera [3].
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Instalowanie napedu dyskéw optycznych

1. Wsun naped dyskéw optycznych do gniazda [1].
2. Przesun zatrzask zwalniajacy, aby odblokowa¢ modut dysku twardego i napgdu optycznego [2].
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3. Unies modut dysku twardego i napedu optycznego [1], a nastepnie podtacz kabel danych i kabel zasilania napedu optycznego do ztaczy

napedu optycznego [2, 3].

37

Wymontowywanie i instalowanie elementow



il

4. Podtacz kabel danych dysku twardego i kabel zasilania dysku twardego do odpowiednich ztaczy na dysku twardym [1, 2].
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B. Przesun zaczep zwalniajacy, aby zablokowa¢ modut [2].

6. Zainstaluj nastepujace elementy:

a. Ostfona przednia
b. Pokrywa boczna

7. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.

Modut pamieci

Wymontowywanie modutu pamieci

1. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Wymontuj nastepujace elementy:

a. Pokrywa boczna

b. Ostona przednia

C. Zestaw dysku twardego

d. Modut dysku twardego i napedu optycznego
3. Aby wymontowa¢ modut pamieci, wykonaj nastepujace czynnosci:

a. Rozciaggnij zaczepy po obu stronach modutu pamigci, aby wyja¢ go z gniazda [1].

b. Wyjmij modut pamieci z ptyty systemowej [2].

Wymontowywanie i instalowanie elementow
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Instalowanie modutu pamieci

1. Dopasuj wyciecie w module pamieci do wypustki w gniezdzie.
2. Umie$¢ modut pamieci w gniezdzie [1].
3. Dociénij modut pamieci, az zatrzaski mocujace zablokuja modut w gniezdzie [2].
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4. Zainstaluj nastepujace elementy:
a. Modut dysku twardego i napgdu optycznego
b. Zestaw dysku twardego
c. Ostona przednia
d. Pokrywa boczna

5. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.

Wentylator radiatora

Wymontowywanie wentylatora radiatora

1. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Wymontuj nastepujace elementy:
a. Pokrywa boczna
b. Ostona przednia
c. .
d. Modut dysku twardego i napedu dyskéw optycznych
3. Aby wymontowac¢ wentylator radiatora:
a. Odfacz kabel wentylatora radiatora od plyty systemowej [1].
b. Wykre¢ 3 sruby mocujace wentylator radiatora do radiatora [2].
c.  Wyjmij wentylator radiatora z komputera [3].
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Instalowanie wentylatora radiatora

1. Dopasuj i natéz wentylator radiatora na zestaw radiatora [1].
2. Wkre¢ 3 $ruby mocujace wentylator radiatora do zestawu radiatora [2].
3. Podtacz kabel wentylatora radiatora do ptyty systemowej [3].
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4. Zainstaluj nastepujace elementy:
a. Modut dysku twardego i napedu dyskow optycznych
b. .
¢. Ostona przednia
d. Pokrywa boczna

5. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.

Zestaw radiatora

Wymontowywanie zestawu radiatora

1. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Wymontuj nastepujace elementy:
a. Pokrywa boczna
b. Ostfona przednia
c. .
d. Modut dysku twardego i napedu optycznego
3. Aby wymontowa¢ zestaw radiatora, wykonaj nastepujace czynnosci:
a. Odfacz kabel wentylatora zestawu radiatora od ztacza na ptycie systemowej [1].
b. Poluzuj 4 $ruby mocujace zestaw radiatora [2] i wyjmij go z komputera [3].

Wymontowywanie i instalowanie elementow
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®| UWAGA: Poluzuj sruby w kolejno$ci wskazanej na ptycie systemowej (1, 2, 3, 4).

Instalowanie zestawu radiatora

1. Umie$¢ zestaw radiatora na procesorze [1].
2. Dokre¢ 4 $ruby osadzone mocujace zestaw radiatora do ptyty systemowej [2].

@| UWAGA: Wkre¢ $ruby w kolejnosci (1, 2, 3, 4) wskazanej na plycie systemowej.

3. Podtacz kabel wentylatora zestawu radiatora do ztacza na plycie systemowej [3].
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4. Zainstaluj nastepujace elementy:

a. Modut dysku twardego i napedu dyskow optycznych
b. .

¢. Ostfona przednia

d. Pokrywa boczna

5. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.

Przetacznik czujnika naruszenia obudowy

Wymontowywanie przetacznika czujnika naruszenia obudowy

1. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Wymontuj nastepujace elementy:

Pokrywa boczna

Ostfona przednia

Zestaw dysku twardego

Modut dysku twardego i napedu optycznego

Zestaw radiatora

a0 oo

3. Aby wymontowac przetacznik czujnika naruszenia obudowy wykonaj nastepujace czynno$ci:
a. Odfacz kabel przetacznika czujnika naruszenia obudowy od ptyty systemowej [1].
b. Przesun przefacznik czujnika naruszenia obudowy i wyjmij go z systemu [2].

Wymontowywanie i instalowanie elementow
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Instalowanie przefacznika czujnika naruszenia obudowy

1. Wi6zZ przetacznik czujnika naruszenia obudowy do gniazda w obudowie [1].
2. Podiacz kabel przetacznika czujnika naruszenia obudowy do ptyty systemowej [2].
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3. Zainstaluj nastepujace elementy:

Zestaw radiatora

Modut dysku twardego i napedu optycznego
Zestaw dysku twardego

Ostona przednia

Pokrywa boczna

®ap oo

4. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.

Przetacznik zasilania

Wymontowywanie przetacznika zasilania

1. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Wymontuj nastepujace elementy:

a. Pokrywa boczna

b. Ostona przednia

C. Zestaw dysku twardego

d. Modut dysku twardego i napedu optycznego
3. Aby wymontowac¢ przefacznik zasilania, wykonaj nastepujace czynnosci:

a. Odfacz kabel przefacznika zasilania od ptyty systemowe;j [1].

b. Naciénij zaczepy blokujace przetacznik zasilania i wyciggnij przetacznik z systemu [2] [3].

Wymontowywanie i instalowanie elementow

47



AN
naaad

=N

Instalowanie przefacznika zasilania

1. Wi6z modut przetacznika zasilania do gniazda w obudowie, aby go osadzi¢ w miejscu [1, 2].
2. Podtacz kabel przetacznika zasilania do zigcza na ptycie systemowej [3].
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3. Zainstaluj nastepujace elementy:

a.
b.
c.
d.

Modut dysku twardego i napedu dyskéw optycznych

Ostona przednia
Pokrywa boczna

4. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.

Procesor

Wymontowywanie procesora

1. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.

2. Wymontuj nastepujace elementy:

a.
b.
c.
d.
e

Pokrywa boczna
Osfona przednia

Modut dysku twardego i napedu dyskoéw optycznych
Zestaw radiatora

3. Aby wymontowac procesor, wykonaj nastepujace czynnosci:

a.
b.

Zwolnij dzwignie gniazda, naciskajac ja do dotu i wyjmujac spod zaczepu na ostonie procesora [1].
Pociagnij dzwignie do géry i zdejmij ostone procesora [2].

Wymontowywanie i instalowanie elementow
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Styki gniazda procesora sa delikatne i moga ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu. Podczas
wyjmowania procesora z gniazda nalezy uwazac, aby nie wygia¢ stykéw gniazda.

c.  Wyjmij procesor z gniazda [3].
@ UWAGA: Po wymontowaniu procesora nalezy umiesci¢ go w pojemniku antystatycznym w celu ponownego wykorzystania,
zwrotu lub tymczasowego przechowania. Nie nalezy dotykac dolnej czgsci procesora, aby unikna¢ uszkodzenia jego stykow.
Mozna dotykac tylko krawedzi procesora.

Instalowanie procesora

1. Wib6Z procesor do gniazda, tak aby wyciecia w procesorze pasowaty do wypustek w gniezdzie [1].

Styk nr 1 jest oznaczony tréjkatem w jednym z naroznikéw procesora. Ten tréjkat nalezy dopasowaé
do odpowiadajacego mu trojkata oznaczajacego styk nr 1 gniazda procesora. Procesor jest prawidtowo osadzony, gdy
jego wszystkie cztery narozniki znajduja sie na tej samej wysokosci. Jesli niektore narozniki znajduja sie wyzej niz
inne, procesor nie jest osadzony prawidtowo.

2. Zamknij ostone procesora, wsuwajac ja pod Srube [2].
3. Opué¢ dzwignie i wcidnij ja pod zaczep, aby ja zablokowac [3].
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4. Zainstaluj nastepujace elementy:

Zestaw radiatora

Modut dysku twardego i napedu optycznego
Zestaw dysku twardego

Ostona przednia

Pokrywa boczna

®Papoo

B. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.

Dysk SSD M.2 PCle

Wymontowywanie dysku SSD M.2 PCle

@l UWAGA: Instrukcje dotycza rowniez dysku SSD M.2 SATA.

1. Wykonaj procedure przedstawiong w sekgcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Wymontuj nastepujace elementy:
a. Pokrywa boczna
Ostona przednia
Zestaw dysku twardego
Modut dysku twardego i napedu optycznego
Zestaw radiatora

oo yoT
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3. Aby wymontowa¢ dysk SSD M.2 PCle, wykonaj nastepujace czynnosci:
a. Wykre¢ jedna Srube (M2x3,5) mocujaca dysk SSD M.2 PCle do ptyty systemowej [1].
b. Unie$ i wyjmij dysk SSD PCle ze zlacza na ptycie systemowej [2].
C. Zdejmij podkfadke termoprzewodzaca z dysku SSD [3].

Instalowanie dysku SSD M.2 PCle

@l UWAGA: Instrukcje dotycza rowniez dysku SSD M.2 SATA.

1. W16z podkiadke termoprzewodzaca dysku SSD do wneki w komputerze [1].
2. Umieé¢ dysk SSD M.2 PCle w gniezdzie na ptycie systemowej [2].
3. Wkrec¢ jedna srube (M2x3,5) mocujaca dysk SSD M.2 PCle do ptyty systemowej [3].
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4. Zainstaluj nastepujace elementy:

oo oo

Zestaw radiatora

Modut dysku twardego i napedu optycznego
Zestaw dysku twardego

Ostona przednia

Pokrywa boczna

5. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.

Zasilacz

Wymontowywanie zasilacza

1. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.

2. Wymontuj nastepujace elementy:

a.

®Pao0ym

Pokrywa boczna

Ostona przednia

Zestaw dysku twardego

Modut dysku twardego i napedu optycznego
Zestaw radiatora

Wymontowywanie i instalowanie elementow
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3. Aby zwolni¢ zasilacz:

a. Odfacz kabel zasilania procesora od ptyty systemowej [1].
b. Wyjmij kable zasilania z zaciskéw na obudowie [2].
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4. Aby wymontowac zasilacz, wykonaj nastepujace czynnosci:

54

a.

b
c.
d

Wykre¢ 3 sruby mocujace zasilacz do systemu [1].

Odfacz kabel zasilania systemu od ptyty systemowej [2].

Wyjmij kable z komputera [3].

Naciénij niebieski zatrzask zwalniajacy [4] z tytu zasilacza i wysun zasilacz z komputera [5].

Wymontowywanie i instalowanie elementow



Instalowanie zasilacza

Umies¢ zasilacz w obudowie komputera i przesun go w kierunku tytu komputera, aby go zamocowac [1, 2].
Umies¢ kabel zasilania systemu w zaciskach [3].

Podtacz kabel zasilania do ztacza na ptycie systemowej [4].

Whkre¢ $ruby mocujace zasilacz do tylnej obudowy systemu [5].

NN
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B. Umies¢ kabel zasilania procesora w zaciskach [1].

6. Podiacz kabel zasilania procesora do ztacza na ptycie systemowej [2].

Wymontowywanie i instalowanie elementow
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7. Zainstaluj nastepujace elementy:

Zestaw radiatora

Modut dysku twardego i napedu optycznego
Zestaw dysku twardego

Ostona przednia

Pokrywa boczna

®Papoo

8. Wykonaj procedure przedstawionag w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.
Gtlosnik

Wymontowywanie gtoSnika

1. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.
2. Wymontuj nastepujace elementy:

a. Pokrywa boczna

b. Ostona przednia

c. Zestaw dysku twardego

d. Modut dysku twardego i napedu optycznego
3. Wykonaj nastepujace czynnosci, aby wymontowac gtosnik:

a. Odfacz kabel gtosnikdw od ptyty systemowej [1].

b. Naciénij zaczep zwalniajacy [2] i wyciagnij gtosnik z systemu [3].
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Instalowanie gtosnika

1. Umies¢ glosnik w gniezdzie w obudowie systemowej i dociénij go, az ustyszysz klikniecie [1, 2].
2. Podtacz kabel glo$nika do ztacza na ptycie systemowej [3].
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3. Zainstaluj nastepujace elementy:

a.
b.
c.
d.

Modut dysku twardego i napedu optycznego
Zestaw dysku twardego

Ostona przednia

Pokrywa boczna

4. Wykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakorczeniu serwisowania komputera.

Ptyta systemowa

Wymontowywanie plyty systemowej

1. Wykonaj procedure przedstawiona w sekcji Przed przystapieniem do serwisowania komputera.

2. Wymontuj nastepujace elementy:

a.

T@-0oa0oT

Pokrywa boczna
Bateria pastylkowa
Ostona przednia

Modut dysku twardego i napedu dyskow optycznych
Zestaw radiatora

Procesor

Modut pamieci

Dysk SSD PCle M.2

3. Odfacz nastepujace kable:

a.
b.

Przetacznik czujnika naruszenia obudowy
Przetacznik zasilania

Wymontowywanie i instalowanie elementow

59



4. Aby wymontowa¢ panel we/wy, wykonaj nastepujace czynnoSci:
a. Odkre¢ srube mocujaca panel we/wy [1].
b. Obrd¢ panel we/wy i wyjmij go z systemu [2].
¢c. Odfacz kabel danych dysku twardego [3], kabel danych napedu dyskéw optycznych [4] i kabel zasilania [5] od ztaczy na ptycie
systemowe;.

B. Odfacz ponizsze kable od ztaczy na ptycie systemowej:
a. przetacznik czujnika naruszenia obudowy [1]
b. zasilanie procesora [2]
C. przetacznik zasilania [3]

6. Wyjmij kable zasilacza z zaciskow [4].
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7. Aby wykreci¢ sruby z ptyty systemowej, wykonaj nastepujace czynnosci:
a. Wykrec sruby (5) mocujace plyte systemowa do obudowy [1].
b. Wykrec¢ jedna srube uzywana jako punkt montazu napedu SSD M.2 [2] i jedna Srube odstepowa (nr 6-32) [3] mocujaca plyte
systemowa do systemu [3].
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8. Aby wymontowac¢ plyte systemowa, wykonaj nastepujace czynnosci:
a. Przesun i wyjmij plyte systemowa z komputera [1, 2].
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Instalowanie ptyty systemowej

1. Trzymajac plyte systemowa za krawedzie, wyréwnaj ja z tylng czescig komputera.

2. Opuséc ptyte systemowa do obudowy systemowej, tak aby dopasowac ztacza z tytu ptyty do szczelin w obudowie, a otwory na éruby
w plycie systemowej dopasowac do wypustek w obudowie [1,2].

3. Wkrec¢ jedna $rube odstepowa (nr 6-32), jedna $rube uzywana jako punkt montazu napedu M.2 SSD i sruby (5) mocujace plyte
systemowa do systemu [1, 2, 3][1, 2].
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4. Umies¢ wszystkie kable w zaciskach [1].
B. Wyréwnaj kable ze ztaczami na ptycie systemowej i podiacz nastepujace kable do ptyty systemowe;j:
a. Przetacznik zasilania [2]

b. Zasilanie procesora [3]
C. Przetacznik czujnika naruszenia obudowy [4]
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6. Podtacz kabel zasilania, kabel danych napedu optycznego oraz kabel danych dysku twardego [1, 2, 3].
7. Wibz zaczep na panelu we/wy do szczeliny obudowy i obro¢ go, aby zamkna¢ panel we/wy [4].
8. Wkre¢ srube mocujaca panel we/wy do obudowy [5].
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Podtacz nastepujace kable:

a. Przetacznik czujnika naruszenia obudowy
b. Przefacznik zasilania

Zainstaluj nastepujace elementy:

Dysk SSD PCle M.2

Modut pamieci

Procesor

Zestaw radiatora

Modut dysku twardego i napedu optycznego
Zestaw dysku twardego

Ostona przednia

Pokrywa boczna

ST@ o0 oo

Woykonaj procedure przedstawiong w sekcji Po zakonczeniu serwisowania komputera.
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Rozwigzywanie problemow

Tematy:

. Program diagnostyczny ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)
*  Diagnostyka

*  Whbudowany autotest zasilacza (BIST)

. Diagnostyczne komunikaty o btedach

. Komunikaty o btedach systemu

e Przywracanie systemu operacyjnego

¢ Resetowanie zegara czasu rzeczywistego (RTC)

. Opcje no$nikéw kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych

¢ Wyiaczanie i wigczanie karty Wi-Fi

Program diagnostyczny ePSA (Enhanced Pre-Boot
System Assessment)

Test diagnostyczny ePSA obejmuije petng kontrole elementow sprzetowych. Test ePSA jest wbudowany w systemie BIOS i uruchamiany
wewnetrznie przez system BIOS. Wbudowana diagnostyka systemu zawiera szereg opcji dotyczacych okreslonych urzadzen i grup
urzadzen, ktére umozliwiaja:

Test diagnostyczny ePSA mozna zainicjowac, naciskajac klawisze Fn+PWR podczas wigczania komputera.

Uruchamianie testéw automatycznie lub w trybie interaktywnym

Powtarzanie testéw

Wyswietlanie i zapisywanie wynikow testéw

Wykonywanie wyczerpujacych testow z dodatkowymi opcjami oraz wyswietlanie dodatkowych informacji o wykrytych awariach
urzadzen

Wys$wietlanie komunikatdw o stanie z informacjami o pomysinym lub niepomysinym zakonczeniu testow

Wys$wietlanie komunikatéw o btedach z informacjami o problemach wykrytych podczas testowania sprzetu

UWAGA: Testy niektérych urzadzen wymagaja interwenciji uzytkownika. Podczas wykonywania testow diagnostycznych nie nalezy
odchodzi¢ od terminala.

Przeprowadzanie testu diagnostycznego ePSA

Uruchamianie w celach diagnostycznych mozna wywota¢ za pomoca nastepujacych metod:

1. Wiacz komputer.
2. Kiedy komputer zacznie sie uruchamia¢ i zostanie wy$wietlone logo Dell, naci$nij klawisz F12.

3. Na ekranie menu rozruchowego uzyj przyciskdw strzatek w gére i w dét, aby wybra¢ opcje Diagnostics (Diagnostyka), a nastepnie
naci$nij klawisz Enter.

@ UWAGA: Zostanie wy$wietlone okno Enhanced Pre-boot System Assessment (Zaawansowana diagnostyka

przedrozruchowa) z listg wszystkich urzgdzen wykrytych w komputerze. Rozpocznie sig test diagnostyczny wszystkich
wykrytych urzadzen.

4. Naciénij strzatke w prawym dolnym rogu, aby przej$¢ na strone zawierajaca liste.
Znajduja sie na niej elementy wykryte i przetestowane.

5. Jesli chcesz wykonac test okre$lonego urzadzenia, naciénij klawisz Esc, a nastgpnie kliknij przycisk Yes (Tak), aby zatrzymac¢
wykonywany test diagnostyczny.

6. Woybierz urzadzenie w okienku po lewej stronie i kliknij przycisk Run Tests (Uruchom testy).
7. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemdw zostang wy$wietlone kody bteddw.
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Zanotuj wyswietlone kody btedéw i skontaktuj sie z firma Dell.

Diagnostyka

Test POST (Power On Self Test) sprawdza przed rozpoczeciem procesu rozruchu, czy komputer spetia podstawowe wymagania,
a sprzet dziata prawidtowo. Jesli komputer przejdzie pomysinie test POST, bedzie kontynuowane uruchamianie w trybie normalnym. Jesli
jednak komputer nie przejdzie testu POST, komputer wyemituje podczas uruchamiania serie kodéw diod LED. Systemowa dioda LED jest

whbudowana w przycisk zasilania.

Ponizsza tabela pokazuje rézne stany lampek oraz ich znaczenie.

Tabela 3. Informacje o lampce LED zasilania

Stan bursztynowej lampki
LED

Stan biatej lampki LED

Stan systemu

Uwagi

Nie $wieci Nie Swieci 34, Sb e Hibernacja lub wstrzymanie
na dysku (S4)
e Zasilanie jest wyfaczone (S5)
Nie $wieci Swiatto przerywane S1,S3

System znajduje sie w stanie
niskiego napiecia zasilania (S1
lub S3). Nie mozna okreslic
rodzaju awarii.

Poprzedni stan

Poprzedni stan

S3, brak PWRGD_PS

Ta pozycja umozliwia opdznienie
przejscia z aktywnego stanu
SLP_S3# do nieaktywnego
stanu PWRGD_PS.

Swiatto przerywane

Nie swieci

SO, brak PWRGD_PS

Awaria rozruchu — komputer
normalnie pobiera energie
elektryczna z zasilacza. Jedno
z urzadzen moze by¢
uszkodzone lub niepoprawnie
zainstalowane. Informacje

o mozliwych awariach

i sugestiach diagnostycznych
poszczegblnych wzoréw
migania bursztynowego
wskaznika znajduja sie w tabeli
ponizej.

Ciagte

Nie swieci

S0, brak PWRGD_PS,
pobieranie kodu = 0

Awaria rozruchu — jest to stan
awarii systemu, w tym zasilacza.
Tylko szyna +5VSB na zasilaczu
dziafa prawidfowo.

Nie Swieci

Ciagte

S0, brak PWRGD_PS,
pobieranie kodu =1

Wskazuije, ze system BIOS
hosta rozpoczat wykonywanie,
a rejestr lampki LED umozliwia
zapis.

Tabela 4. Migajaca bursztyn

owa lampka LED — awarie

Stan bursztynowej lampki
LED

Stan biatej lampki LED

Stan systemu

Uwagi

lub okablowania

2 1 Awaria ptyty gtéwnej Awaria ptyty gtobwnej — wiersze
A, G, H oraz J tabeli 12.4
w specyfikacji SIO (wskazniki
przed testem POST) [40]

2 2 Awaria ptyty gtéwnej, zasilacza Awaria ptyty gtownej, zasilacza

lub okablowania — wiersze
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Tabela 4. Migajaca bursztynowa lampka LED — awarie (cd.)

Stan bursztynowej lampki
LED

Stan biatej lampki LED

Stan systemu

Uwagi

B, C oraz D tabeli 12.4
w specyfikacji SIO [40]

2 3 Awaria ptyty gtéwnej, modutdw | Awaria ptyty gidwnej, modutéw
DIMM lub procesora DIMM lub procesora — wiersze
F i K tabeli 12.4 w specyfikacii
SIO [40]
2 4 Awaria baterii pastylkowej Awaria baterii pastylkowej

— wiersz M tabeli 12.4
w specyfikacji SIO [40]

Tabela 5. Stany pod kontrolg systemu BIOS hosta

Stan bursztynowej lampki
LED

Stan biatej lampki LED

Stan systemu

Uwagi

2

Stan 1 systemu BIOS

Kod BIOS POST (starszy
wzorzec LED nr 0001) —
uszkodzenie systemu BIOS.

Stan 2 systemu BIOS

Kod BIOS POST (starszy
wzorzec LED nr 0010) — btad
konfiguracji procesora lub awaria
procesora.

Stan 3 systemu BIOS

Kod BIOS POST (starszy
wzorzec LED nr 001) —
konfiguracja pamieci w toku.
Odpowiednie moduty pamieci
zostaty wykryte, ale wystapita
awaria.

Stan 4 systemu BIOS

Kod POST BIOS (starszy
wzorzec LED nr 0100) —
potaczenie btedu konfiguraciji
urzadzenia PCl lub jego awarii
z btedem konfiguraciji lub awaria
podsystemu wideo. System
BIOS eliminuje kod wideo 0101.

Stan 5 systemu BIOS

Kod BIOS POST (starszy
wzorzec LED nr 0110) —
pofaczenie bteddw konfiguracii
lub awarii pamieci masowej

i interfejsu USB. System BIOS
eliminuje kod USB 0111.

Stan 6 systemu BIOS

Kod BIOS POST (starszy
wzorzec LED nr 1000)

— konfiguracja pamigci, nie
wykryto pamieci.

Stan 7 systemu BIOS

Kod BIOS POST (starszy
wzorzec LED 1001) —
krytyczny btad ptyty gtownej.

Stan 8 systemu BIOS

Kod BIOS POST (starszy
wzorzec LED nr 1010) —
konfiguracja pamieci, niezgodne
moduty lub nieprawidtowa
konfiguracja.
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Tabela 5. Stany pod kontrolg systemu BIOS hosta (cd.)

LED

Stan bursztynowej lampki Stan biatej lampki LED

Stan systemu Uwagi

3 6

Stan 9 systemu BIOS Kod BIOS POST (starszy
wzorzec LED nr 1011)

— potaczenie kodow

innej aktywnosci przed
uruchomieniem podsystemu
wideo i konfiguraciji zasobow.
System BIOS eliminuje kod 1100.

Stan 10 systemu BIOS Kod BIOS POST (starszy
wzorzec LED nr 1110) —

inna aktywno$¢ przed testem
POST, procedura nastepujaca
po zainicjowaniu podsystemu
wideo.

Wbudowany autotest zasilacza (BIST)

Whbudowany autotest (BIST) pomaga ustali¢, czy zasilacz dziata. Aby uruchomi¢ autotesty diagnostyczne zasilacza komputera
stacjonarnego lub all-in-one, zapoznaj sie z artykutem z bazy wiedzy 000125179 na stronie www.dell.com/support.

Diagnostyczne komunikaty o btedach

Tabela 6. Diagnostyczne komunikaty o btedach

Komunikaty o btedach

Opis

AUXILIARY DEVICE FAILURE

Mogto dojs¢ do uszkodzenia tabliczki dotykowej lub myszy
zewnetrznej. Jedli uzywasz myszy zewnetrznej, sprawdz
potaczenie przewodu. Wiacz opcje Pointing Device (Urzadzenie
wskazujace) w programie konfiguracji systemu.

BAD COMMAND OR FILE NAME

SprawdZ, czy polecenie zostato wpisane prawidtowo, z odstepami
w odpowiednich miejscach i z prawidtowa nazwa Sciezki.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE

Awaria pamieci podrecznej pierwszego poziomu
w mikroprocesorze. Kontakt z firma Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE

Naped dyskéw optycznych nie odpowiada na polecenia
otrzymywane z komputera.

DATA ERROR

Dysk twardy nie moze odczyta¢ danych.

DECREASING AVAILABLE MEMORY

Przynajmniej jeden z modutéw pamieci moze by¢ uszkodzony
lub nieprawidtowo osadzony. Ponownie zainstaluj moduty pamieci,
a w razie potrzeby wymien je.

DISK C: FAILED INITIALIZATION

Inicjalizacja dysku twardego nie powiodfa sie. Przeprowadz testy
dysku twardego w programie Dell Diagnostics (Diagnostyka Dell).

DRIVE NOT READY

Aby mozna byto kontynuowac¢ operacje, dysk twardy musi
znajdowac sie we wnece. Zainstaluj dysk twardy we wnece dysku
twardego.

ERROR READING PCMCIA CARD

Komputer nie moze zidentyfikowac karty ExpressCard. W16z karte
ponownie lub uzyj innej karty.

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED

llo5¢ pamieci zapisana w pamieci nieulotnej (NVRAM) nie
odpowiada ilosci pamieci zainstalowanej w komputerze. Uruchom
ponownie komputer. Jesli bfad pojawi sie ponownie, skontaktuj sie
z firma Dell.
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Tabela 6. Diagnostyczne komunikaty o btedach (cd.)

Komunikaty o btedach

Opis

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

Plik, ktéry prébujesz skopiowad, jest zbyt duzy, aby zmiesci¢ sie na
dysku, lub dysk jest zapetniony. Skopiuj na inny dysk albo uzyj dysku
0 wiekszej pojemnosci.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING
CHARACTERS: \ / M > | -

Nie uzywaj tych znakéw w nazwach plikéw.

GATE A20 FAILURE

Modut pamieci moze by¢ obluzowany. Ponownie zainstaluj modut
pamieci, a w razie potrzeby wymien go.

GENERAL FAILURE

System operacyjny nie moze wykona¢ polecenia. Temu
komunikatowi zazwyczaj towarzyszg szczegdtowe informacie.
Na przykfad Printer out of paper. Take the
appropriate action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR

Komputer nie moze zidentyfikowac¢ typu dysku. Wyfacz komputer,
wyjmij dysk twardy, a nastepnie uruchom komputer z dysku
optycznego. Nastepnie wytacz komputer, zainstaluj dysk twardy

i ponownie uruchom komputer. Uruchom testy Hard Disk

Drive (Naped dysku twardego) w programie Dell Diagnostics
(Diagnostyla Dell).

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0

Dysk twardy nie odpowiada na polecenia z komputera. Wylacz
komputer, wyjmij dysk twardy, a nastepnie uruchom komputer

z dysku optycznego. Nastepnie wytacz komputer, zainstaluj dysk
twardy i ponownie uruchom komputer. Jezeli problem wystapi
ponownie, sprébuj uzy¢ innego napedu. Uruchom testy Hard Disk
Drive (Naped dysku twardego) w programie Dell Diagnostics
(Diagnostyka Dell).

HARD-DISK DRIVE FAILURE

Dysk twardy nie odpowiada na polecenia z komputera. Wylacz
komputer, wyjmij dysk twardy, a nastepnie uruchom komputer

z dysku optycznego. Nastepnie wytgcz komputer, zainstaluj dysk
twardy i ponownie uruchom komputer. Jezeli problem wystgpi
ponownie, sprébuj uzy¢ innego napedu. Uruchom testy Hard Disk
Drive (Naped dysku twardego) w programie Dell Diagnostics
(Diagnostyka Dell).

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

Dysk twardy moze by¢ uszkodzony. Wytacz komputer, wyjmij

dysk twardy, a nastepnie uruchom komputer z dysku optycznego.
Nastepnie wytacz komputer, zainstaluj dysk twardy i ponownie
uruchom komputer. Jezeli problem wystapi ponownie, sprobuj uzy¢
innego napedu. Uruchom testy Hard Disk Drive (Naped dysku
twardego) w programie Dell Diagnostics (Diagnostyka Dell).

INSERT BOOTABLE MEDIA

Komputer usituje uruchomic system operacyjny z noénika, ktory nie
jest nosnikiem startowym, na przyktad z dysku optycznego. W6z
nosnik startowy.

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

Informacje o konfiguraciji systemu nie odpowiadaja konfiguracii
sprzetu. Ten komunikat moze zosta¢ wyswietlony po
zainstalowaniu modutu pamieci. Wprowadz odpowiednie ustawienia
opcji w programie konfiguracji systemu.

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE

Jesli uzywasz klawiatury zewnetrznej, sprawdz potaczenie
przewodu. Przeprowad? test Keyboard Controller (Kontroler
klawiatury) w programie Dell Diagnostics (Diagnostyka Dell).

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE

Jedli uzywasz klawiatury zewnetrznej, sprawdz pofaczenie
przewodu. Ponownie uruchom komputer, nie dotykajac klawiatury
ani myszy podczas uruchamiania. Przeprowadz test Keyboard
Controller (Kontroler klawiatury) w programie Dell Diagnostics
(Diagnostyka Dell).
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Tabela 6. Diagnostyczne komunikaty o btedach (cd.)

Komunikaty o btedach

Opis

KEYBOARD DATA LINE FAILURE

Jesli uzywasz klawiatury zewnetrznej, sprawdz pofaczenie
przewodu. Przeprowadz test Keyboard Controller (Kontroler
klawiatury) w programie Dell Diagnostics (Diagnostyka Dell).

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE

Jesli uzywasz klawiatury zewnetrznej lub zewnetrznej klawiatury
numerycznej, sprawdz potaczenie przewodu. Ponownie uruchom
komputer, nie dotykajac klawiatury ani klawiszy podczas
uruchamiania. Przeprowadz test Stuck Key (Zablokowany
klawisz) w programie Dell Diagnostics (Diagnostyka Dell).

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Program Dell MediaDirect nie moze sprawdzi¢ ograniczen
zarzadzania prawami dostepu do zawartosci nosnikow cyfrowych
(DRM) danego pliku, co uniemozliwia odtwarzanie pliku.

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS,
VALUE EXPECTING VALUE

READ

Modut pamieci moze by¢ uszkodzony lub nieprawidfowo osadzony.
Ponownie zainstaluj modut pamieci, a w razie potrzeby wymien go.

MEMORY ALLOCATION ERROR

Wystepuje konflikt miedzy oprogramowaniem, ktére prébujesz
uruchomi¢, a systemem operacyjnym, innym programem lub
narzedziem. Wytacz komputer, zaczekaj 30 sekund, a nastepnie
ponownie uruchom komputer. Ponownie uruchom program.
Jesli komunikat o btedzie wystagpi ponownie, zapoznaj sie

z dokumentacjag oprogramowania.

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

Modut pamieci moze by¢ uszkodzony lub nieprawidtowo osadzony.
Ponownie zainstaluj modut pamieci, a w razie potrzeby wymien go.

VALUE EXPECTING VALUE

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ [Modut pamieci moze by¢ uszkodzony lub nieprawidtowo osadzony.
VALUE EXPECTING VALUE Ponownie zainstaluj modut pamigci, a w razie potrzeby wymien go.
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ Modut pamieci moze by¢ uszkodzony lub nieprawidtowo osadzony.

Ponownie zainstaluj modut pamigci, a w razie potrzeby wymien go.

NO BOOT DEVICE AVAILABLE

Komputer nie moze znalez¢ dysku twardego. Jesli urzadzeniem
startowym jest dysk twardy, to upewnij si¢, ze naped jest
zainstalowany, wiasciwie zamontowany i znajduje sie na nim
partycja startowa.

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE

System operacyjny moze by¢ uszkodzony. Skontaktuj sie z firma
Dell.

NO TIMER TICK INTERRUPT

Jeden z ukfadéw scalonych na ptycie systemowej moze nie
dziata¢ prawidtowo. Przeprowadz testy systemu (opcja System
Set (Konfiguracja systemu)) w programie Dell Diagnostics
(Diagnostyka Dell).

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES.
PROGRAMS AND TRY AGAIN

EXIT SOME

Uruchomiono zbyt duzo programdw. Zamknij wszystkie okna
i otworz program, ktérego chcesz uzywac.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND

Zainstaluj ponownie system operacyjny. Jesli problem nie zostanie
rozwigzany, skontaktuj sie z firma Dell.

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM

Nastgpita awaria opcjonalnej pamieci ROM. Skontaktuj sie
z firma Dell.

SECTOR NOT FOUND

System operacyjny nie moze zlokalizowa¢ sektora na dysku
twardym. Na dysku twardym moze wystepowac uszkodzony
sektor lub tablica alokacji plikow (FAT) moze by¢ uszkodzona.
Uruchom narzedzie wykrywania bteddéw systemu Windows w celu
sprawdzenia struktury plikéw na dysku twardym. Odpowiednie
instrukcje zawiera narzedzie Pomoc i obstuga techniczna
systemu Windows (kliknij kolejno Start > Pomoc i obstuga
techniczna). Jedli istnigje wiele uszkodzonych sektoréw, wykonaj
kopie zapasowa danych (jesli to mozliwe), a nastepnie sformatuj
dysk twardy.
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Tabela 6. Diagnostyczne komunikaty o btedach (cd.)

Komunikaty o btedach

Opis

SEEK ERROR

System operacyjny nie mogt odnalez¢ konkretnej Sciezki na dysku
twardym.

SHUTDOWN FAILURE

Jeden z ukiaddw scalonych na ptycie systemowej moze nie
dziata¢ prawidtowo. Przeprowadz testy systemu (opcja System
Set (Konfiguracja systemu)) w programie Dell Diagnostics
(Diagnostyka Dell). Je$li komunikat pojawia sie ponownie,
skontaktuj sie z firma Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER

Ustawienia konfiguracji systemu sa uszkodzone. Podfgcz komputer
do gniazda elektrycznego w celu natadowania akumulatora. Jesli
problem nie ustapi, sprobuj odzyska¢ dane, otwierajgc program
konfiguracji systemu, a nastepnie niezwtocznie zamykajac ten
program. Jesli komunikat pojawia sie¢ ponownie, skontaktuj sie

2 firma Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED

Zapasowy akumulator podtrzymujacy ustawienia konfiguracii
systemu moze wymagac¢ ponownego natadowania. Podtacz
komputer do gniazda elektrycznego w celu natadowania
akumulatora. Jeéli problem nie zostanie rozwigzany, skontaktuj
sie z firma Dell.

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM
SETUP PROGRAM

Godzina lub data przechowywana w programie konfiguraciji
systemu nie odpowiada zegarowi systemowemu. Wprowadz
poprawne ustawienia daty i godziny (opcja Date and Time (Data
i godzina)).

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED

Jeden z ukfadéw scalonych na ptycie systemowej moze nie
dziata¢ prawidtowo. Przeprowadz testy systemu (opcja System
Set (Konfiguracja systemu)) w programie Dell Diagnostics
(Diagnostyka Dell).

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE

Kontroler klawiatury moze funkcjonowa¢ nieprawidtowo lub modut
pamieci moze by¢ poluzowany. Przeprowadz testy System
Memory (Pamie¢ systemowa) i Keyboard Controller (Kontroler
klawiatury) w programie Dell Diagnostics (Diagnostyka Dell) lub
skontaktuj si¢ z firma Dell.

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY

W16z dysk do napedu i sprobuj ponownie.

Komunikaty o btedach systemu

Tabela 7. Komunikaty o btedach systemu

Komunikat systemu

Opis

Alert! Previous attempts at booting this
system have failed at checkpoint [nnnn ]. For
help in resolving this problem, please note
this checkpoint and contact Dell Technical
Support (Uwaga! Poprzednie prdéby uruchomienia
systemu nie powiodty sie w punkcie kontrolnym
[ nnnn ]. Aby uzyskaé¢ pomoc w rozwiazaniu tego
problemu, zanotuj punkt kontrolny i skontaktuj
sie z pomoca techniczna firmy Dell)

Komputer trzykrotnie nie mogt pomysinie zakonczy¢ procedury
startowej z powodu tego samego btedu.

CMOS checksum error
pamieci CMOS)

(Btad sumy kontrolne]

Zegar RTC zostat zresetowany i zatadowano domy$ine ustawienia
systemu BIOS.

CPU fan failure
CPU)

(Awaria wentylatora procesora

Woystapita awaria wentylatora procesora.
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Tabela 7. Komunikaty o btedach systemu (cd.)

Komunikat systemu Opis

System fan failure (Awaria wentylatora Awaria wentylatora systemowego.

systemowego)

Hard-disk drive failure (Awaria dysku Mozliwa awaria dysku twardego podczas testu POST.
twardego)

Keyboard failure (Awaria klawiatury) Doszto do usterki klawiatury lub poluzowania kabla. Jesli ponowne

wiozenie ziacza kabla do gniazda nie zapewnia rozwigzania
problemu, nalezy wymieni¢ klawiature.

No boot device available (Brak dostepnego Brak partycji rozruchowej na dysku twardym, kabel dysku twardego

urzadzenia startowego) jest poluzowany lub nie istnieje urzadzenie startowe.

e Jesli urzadzeniem startowym jest dysk twardy, sprawdz, czy
kable sa podtaczone, a naped jest wiasciwie zamontowany
i podzielony na partycje jako urzadzenie startowe.

e Uruchom program konfiguraciji systemu i upewnij sie, ze
informacje dotyczace sekwencji fadowania sa prawidtowe.

No timer tick interrupt (Brak przerwania taktu |Jeden z uktadow na plycie gtdbwnej moze dziata¢ nieprawidtowo lub

zegara) wystapita awaria ptyty systemowej.
NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM Bfad zgtaszany przez system S.M.A.R.T; mozliwa awaria dysku
has reported that a parameter has exceeded twardego

its normal operating range. Dell recommends
that you back up your data regularly.

A parameter out of range may or may not
indicate a potential hard drive problem
(OSTRZEZENIE - system monitorowania dysku
twardego zgtasza, ze jeden z parametrdéw
przekroczyt normalny zakres operacyjny. Firma
Dell zaleca regularne wykonywanie kopii
zapasowych danych. Przekroczenie normalnego
zakresu operacyjnego parametru moze oznaczac
potencjalny problem z dyskiem twardym.)

Przywracanie systemu operacyjnego

Jesli komputer nie jest w stanie uruchomi¢ systemu operacyjnego nawet po kilku probach, automatycznie uruchamia sie narzedzie Dell
SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery to autonomiczne narzedzie instalowane fabrycznie na wszystkich komputerach firmy Dell z systemem

operacyjnym Windows. Skfada sie ono z narzedzi utatwiajacych diagnozowanie i rozwigzywanie probleméw, ktére moga wystapi¢ przed

uruchomieniem systemu operacyjnego komputera. Umozliwia zdiagnozowanie problemoéw ze sprzetem, naprawe komputera, wykonanie
kopii zapasowej plikow lub przywrdcenie komputera do stanu fabrycznego.

Narzedzie mozna réwniez pobra¢ z witryny pomocy technicznej Dell Support, aby rozwigzywac problemy z komputerem, gdy nie mozna
uruchomi¢ podstawowego systemu operacyjnego z powodu awarii oprogramowania lub sprzetu.

Wiecej informacji na temat narzedzia Dell SupportAssist OS Recovery zawiera podrecznik uzytkownika narzedzia Dell SupportAssist OS
Recovery pod adresem www.dell.com/serviceabilitytools. Kliknij przycisk SupportAssist, a nastepnie kliknij polecenie SupportAssist OS
Recovery.

Resetowanie zegara czasu rzeczywistego (RTC)

Funkcja resetowania zegara czasu rzeczywistego (RTC) umozliwia uzytkownikowi lub pracownikowi serwisu przywrécenie dziatania
nowszych modeli komputeréw Dell Latitude i Precision w przypadku probleméw z testem POST, brakiem rozruchu lub brakiem
zasilania. Procedure resetowania zegara RTC mozna zainicjowac¢ tylko wtedy, gdy komputer jest wyfaczony i podtaczony do zasilania
sieciowego. Naciénij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 25 sekund. Zegar RTC zostanie zresetowany po zwolnieniu przycisku zasilania.
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@ UWAGA: Jedli w trakcie procedury zostanie odtaczone zasilanie sieciowe lub przycisk zasilania pozostanie naci$niety przez ponad 40
sekund, resetowanie zegara RTC zostanie przerwane.

Zresetowanie zegara RTC powoduje przywrécenie domysinych ustawien systemu BIOS, anulowanie konfiguracji technologii Intel vPro oraz
zresetowanie daty i godziny w systemie. Resetowanie zegara RTC nie wptywa na nastepujace elementy:

Kod Service Tag

Plakietka identyfikacyjna
Znacznik wiasnosci

Hasto administratora

Hasto systemowe

Hasto dysku twardego
Kluczowe bazy danych
Systemowe rejestry zdarzen

@ UWAGA: Konto vPro administratora IT oraz hasto w systemie zostang wytaczone. Nalezy ponownie przeprowadzi¢ proces instalacii
i konfiguracji, aby ponownie podtaczy¢ komputer do serwera vPro.

Ponizsze elementy moga zostac¢ lub nie zostac zresetowane w zaleznosci od opcji BIOS wybranych przez uzytkownika:

Lista startowa

Wiacz opcjonalne pamieci ROM w trybie Legacy
Wigcz bezpieczny rozruch

Allow BIOS Downgrade

Opcje nosnikow kopii zapasowych oraz odzyskiwania
danych

Zalecane jest utworzenie dysku odzyskiwania, aby rozwiazywac problemy, ktore moga wystapi¢ w systemie Windows. Firma Dell oferuje
rézne opcje odzyskiwania systemu operacyjnego Windows na komputerze marki Dell. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekgji Opcje
nosnikow kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych.

Wytaczanie i wiaczanie karty Wi-Fi

Jesli komputer nie jest w stanie uzyska¢ dostepu do Internetu ze wzgledu na problemy z tacznoscig Wi-Fi, mozna wytaczy¢ i wiaczy¢ karte
Wi-Fi. Ponizsza procedura zawiera instrukcje wytaczania i wigczania karty Wi-Fi:

®| UWAGA: Niektérzy dostawcy ustug internetowych (ISP) zapewniaja urzadzenie faczace funkcje routera i modemu.

Whytacz komputer.

Wytgcz modem.

Whytacz router bezprzewodowy.
Odczekaj 30 sekund.

Wiacz router bezprzewodowy.
Wigcz modem.

No o NN

Wiacz komputer.
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Uzyskiwanie pomocy

Tematy:

. Kontakt z firma Dell

Kontakt z firma Dell

@ UWAGA: Jesli nie masz aktywnego pofaczenia z Internetem, informacje kontaktowe mozesz znalez¢ na fakturze, w dokumencie
dostawy, na rachunku lub w katalogu produktow firmy Dell.
Firma Dell oferuje kilka réznych form obstugi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych. Ich dostepno$c¢ rézni sie w zaleznoéci od

produktu i kraju, a niektore z nich moga by¢ niedostepne w regionie uzytkownika. Aby skontaktowac sie z dziatem sprzedazy, pomocy
technicznej lub obstugi klienta firmy Dell:

1. Przejdz do strony internetowej Dell.com/support.

2. Woybierz kategorie pomocy technicznej.

3. Wybierz swqj kraj lub region na liscie rozwijanej Wybér kraju/regionu u dotu strony.

4. Woybierz odpowiednie facze do dziatu obstugi lub pomocy technicznej w zaleznosci od potrzeb.
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Working on your computer

Topics:

. Safety instructions

Safety instructions

Use the following safety guidelines to protect your computer from potential damage and to ensure your personal safety. Unless
otherwise noted, each procedure included in this document assumes that the following conditions exist:

e You have read the safety information that shipped with your computer.
e A component can be replaced or, if purchased separately, installed by performing the removal procedure in reverse order.

A WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer.
For additional safety best practices information, see the Regulatory Compliance Homepage

Many repairs may only be done by a certified service technician. You should only perform
troubleshooting and simple repairs as authorized in your product documentation, or as directed by the online or
telephone service and support team. Damage due to servicing that is not authorized by Dell is not covered by
your warranty. Read and follow the safety instructions that came with the product.

To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically
touching an unpainted metal surface at the same time as touching a connector on the back of the computer.

Handle components and cards with care. Do not touch the components or contacts on a card. Hold a
card by its edges or by its metal mounting bracket. Hold a component such as a processor by its edges, not by
its pins.

When you disconnect a cable, pull on its connector or on its pull-tab, not on the cable itself. Some
cables have connectors with locking tabs; if you are disconnecting this type of cable, press in on the locking
tabs before you disconnect the cable. As you pull connectors apart, keep them evenly aligned to avoid bending
any connector pins. Also, before you connect a cable, ensure that both connectors are correctly oriented and
aligned.

NOTE: Disconnect all power sources before opening the computer cover or panels. After you finish working inside the
computer, replace all covers, panels, and screws before connecting to the power source.

®

®| NOTE: The color of your computer and certain components may appear differently than shown in this document.

Before working inside your computer

1. Save and close all open files and exit all open applications.

2. Shut down your computer. Click Start > O Power > Shut down.

®

NOTE: If you are using a different operating system, see the documentation of your operating system for shut-down
instructions.

Disconnect your computer and all attached devices from their electrical outlets.
Disconnect all attached network devices and peripherals, such as keyboard, mouse, and monitor from your computer.
Remove any media card and optical disc from your computer, if applicable.

o o b o

After the computer is unplugged, press and hold the power button for 5 seconds to ground the system board.
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Place the computer on a flat, soft, and clean surface to avoid scratches on the display.

7. Place the computer face down.

Safety precautions

The safety precautions chapter details the primary steps to be taken before performing any disassembly instructions.

Observe the following safety precautions before you perform any installation or break/fix procedures involving disassembly or
reassembly:

Turn off the system and all attached peripherals.

Disconnect the system and all attached peripherals from AC power.

Disconnect all network cables, telephone, and telecommunications lines from the system.

Use an ESD field service kit when working inside any desktop to avoid electrostatic discharge (ESD) damage.
After removing any system component, carefully place the removed component on an anti-static mat.

Wear shoes with non-conductive rubber soles to reduce the chance of getting electrocuted.

Standby power

Dell products with standby power must be unplugged before you open the case. Systems that incorporate standby power are
essentially powered while turned off. The internal power enables the system to be remotely turned on (wake on LAN) and
suspended into a sleep mode and has other advanced power management features.

Unplugging, pressing and holding the power button for 15 seconds should discharge residual power in the system board.

Bonding

Bonding is a method for connecting two or more grounding conductors to the same electrical potential. This is done through
the use of a field service electrostatic discharge (ESD) kit. When connecting a bonding wire, ensure that it is connected to bare
metal and never to a painted or non-metal surface. The wrist strap should be secure and in full contact with your skin, and
ensure that you remove all jewelry such as watches, bracelets, or rings prior to bonding yourself and the equipment.

Electrostatic discharge—ESD protection

ESD is a major concern when you handle electronic components, especially sensitive components such as expansion cards,
processors, memory DIMMs, and system boards. Very slight charges can damage circuits in ways that may not be obvious, such
as intermittent problems or a shortened product life span. As the industry pushes for lower power requirements and increased
density, ESD protection is an increasing concern.

Due to the increased density of semiconductors used in recent Dell products, the sensitivity to static damage is now higher than
in previous Dell products. For this reason, some previously approved methods of handling parts are no longer applicable.

Two recognized types of ESD damage are catastrophic and intermittent failures.

e Catastrophic — Catastrophic failures represent approximately 20 percent of ESD-related failures. The damage causes
an immediate and complete loss of device functionality. An example of catastrophic failure is a memory DIMM that has
received a static shock and immediately generates a "No POST/No Video" symptom with a beep code emitted for missing or
nonfunctional memory.

e Intermittent - Intermittent failures represent approximately 80 percent of ESD-related failures. The high rate of
intermittent failures means that most of the time when damage occurs, it is not immediately recognizable. The DIMM
receives a static shock, but the tracing is merely weakened and does not immediately produce outward symptoms related to
the damage. The weakened trace may take weeks or months to melt, and in the meantime may cause degradation of memory
integrity, intermittent memory errors, etc.

The more difficult type of damage to recognize and troubleshoot is the intermittent (also called latent or "walking wounded")
failure.

Perform the following steps to prevent ESD damage:

e Use a wired ESD wrist strap that is properly grounded. The use of wireless anti-static straps is no longer allowed; they do not
provide adequate protection. Touching the chassis before handling parts does not ensure adequate ESD protection on parts
with increased sensitivity to ESD damage.
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Handle all static-sensitive components in a static-safe area. If possible, use anti-static floor pads and workbench pads.

When unpacking a static-sensitive component from its shipping carton, do not remove the component from the anti-static
packing material until you are ready to install the component. Before unwrapping the anti-static packaging, ensure that you
discharge static electricity from your body.

Before transporting a static-sensitive component, place it in an anti-static container or packaging.

ESD field service kit

The unmonitored Field Service kit is the most commonly used service kit. Each Field Service kit includes three main components:
anti-static mat, wrist strap, and bonding wire.

Components of an ESD field service kit

The components of an ESD field service kit are:

Anti-Static Mat — The anti-static mat is dissipative and parts can be placed on it during service procedures. When using an
anti-static mat, your wrist strap should be snug and the bonding wire should be connected to the mat and to any bare metal
on the system being worked on. Once deployed properly, service parts can be removed from the ESD bag and placed directly
on the mat. ESD-sensitive items are safe in your hand, on the ESD mat, in the system, or inside a bag.

Wrist Strap and Bonding Wire — The wrist strap and bonding wire can be either directly connected between your wrist
and bare metal on the hardware if the ESD mat is not required, or connected to the anti-static mat to protect hardware that
is temporarily placed on the mat. The physical connection of the wrist strap and bonding wire between your skin, the ESD
mat, and the hardware is known as bonding. Use only Field Service kits with a wrist strap, mat, and bonding wire. Never

use wireless wrist straps. Always be aware that the internal wires of a wrist strap are prone to damage from normal wear
and tear, and must be checked regularly with a wrist strap tester in order to avoid accidental ESD hardware damage. It is
recommended to test the wrist strap and bonding wire at least once per week.

ESD Wrist Strap Tester — The wires inside of an ESD strap are prone to damage over time. When using an unmonitored
kit, it is a best practice to regularly test the strap prior to each service call, and at a minimum, test once per week. A

wrist strap tester is the best method for doing this test. If you do not have your own wrist strap tester, check with your
regional office to find out if they have one. To perform the test, plug the wrist-strap's bonding-wire into the tester while it is
strapped to your wrist and push the button to test. A green LED is lit if the test is successful; a red LED is lit and an alarm
sounds if the test fails.

Insulator Elements — |t is critical to keep ESD sensitive devices, such as plastic heat sink casings, away from internal parts
that are insulators and often highly charged.

Working Environment — Before deploying the ESD Field Service kit, assess the situation at the customer location. For
example, deploying the kit for a server environment is different than for a desktop or portable environment. Servers are
typically installed in a rack within a data center; desktops or portables are typically placed on office desks or cubicles. Always
look for a large open flat work area that is free of clutter and large enough to deploy the ESD kit with additional space to
accommodate the type of system that is being repaired. The workspace should also be free of insulators that can cause an
ESD event. On the work area, insulators such as Styrofoam and other plastics should always be moved at least 12 inches or
30 centimeters away from sensitive parts before physically handling any hardware components

ESD Packaging — All ESD-sensitive devices must be shipped and received in static-safe packaging. Metal, static-shielded
bags are preferred. However, you should always return the damaged part using the same ESD bag and packaging that the
new part arrived in. The ESD bag should be folded over and taped shut and all the same foam packing material should be
used in the original box that the new part arrived in. ESD-sensitive devices should be removed from packaging only at an
ESD-protected work surface, and parts should never be placed on top of the ESD bag because only the inside of the bag is
shielded. Always place parts in your hand, on the ESD mat, in the system, or inside an anti-static bag.

Transporting Sensitive Components — When transporting ESD sensitive components such as replacement parts or parts
to be returned to Dell, it is critical to place these parts in anti-static bags for safe transport.

ESD protection summary

It is recommended that all field service technicians use the traditional wired ESD grounding wrist strap and protective anti-static
mat at all times when servicing Dell products. In addition, it is critical that technicians keep sensitive parts separate from all
insulator parts while performing service and that they use anti-static bags for transporting sensitive components.
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Transporting sensitive components

When transporting ESD sensitive components such as replacement parts or parts to be returned to Dell, it is critical to place
these parts in anti-static bags for safe transport.

Lifting equipment

Adhere to the following guidelines when lifting heavy weight equipment:
Do not lift greater than 50 pounds. Always obtain additional resources or use a mechanical lifting
device.

Get a firm balanced footing. Keep your feet apart for a stable base, and point your toes out.

Tighten stomach muscles. Abdominal muscles support your spine when you lift, offsetting the force of the load.
Lift with your legs, not your back.

Keep the load close. The closer it is to your spine, the less force it exerts on your back.

Keep your back upright, whether lifting or setting down the load. Do not add the weight of your body to the load. Avoid
twisting your body and back.

6. Follow the same techniques in reverse to set the load down.

S IFNENINIE

After working inside your computer

®| NOTE: Leaving stray or loose screws inside your computer may severely damage your computer.

Replace all screws and ensure that no stray screws remain inside your computer.

Connect any external devices, peripherals, or cables you removed before working on your computer.
Replace any media cards, discs, or any other parts that you removed before working on your computer.
Connect your computer and all attached devices to their electrical outlets.

Turn on your computer.

SIS SR
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Technology and components

This chapter details the technology and components available in the system.
Topics:

» DDRA4

e USB features

e USB Type-C

¢ Advantages of DisplayPort over USB Type-C
e HDMI2.0

. Intel Optane memory

DDRA4

DDRA (double data rate fourth generation) memory is a higher-speed successor to the DDR2 and DDR3 technologies and allows
up to 512 GB in capacity, compared to the DDR3's maximum of 128 GB per DIMM. DDR4 synchronous dynamic random-access
memory is keyed differently from both SDRAM and DDR to prevent the user from installing the wrong type of memory into the
system.

DDRA4 needs 20 percent less or just 1.2 volts, compared to DDR3 which requires 1.5 volts of electrical power to operate. DDR4
also supports a new, deep power-down mode that allows the host device to go into standby without needing to refresh its
memory. Deep power-down mode is expected to reduce standby power consumption by 40 to 50 percent.

DDR4 Details

There are subtle differences between DDR3 and DDR4 memory modules, as listed below.
Key notch difference

The key notch on a DDR4 module is in a different location from the key notch on a DDR3 module. Both notches are on the
insertion edge but the notch location on the DDR4 is slightly different, to prevent the module from being installed into an
incompatible board or platform.

Figure 1. Notch difference

Increased thickness

DDR4 modules are slightly thicker than DDR3, to accommodate more signal layers.
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Figure 2. Thickness difference

Curved edge

DDR4 modules feature a curved edge to help with insertion and alleviate stress on the PCB during memory installation.

Figure 3. Curved edge

Memory Errors

Memory errors on the system display the new ON-FLASH-FLASH or ON-FLASH-ON failure code. If all memory fails, the LCD
does not turn on. Troubleshoot for possible memory failure by trying known good memory modules in the memory connectors on
the bottom of the system or under the keyboard, as in some portable systems.

@l NOTE: The DDR4 memory is imbedded in board and not a replaceable DIMM as shown and referred.

USB features

Universal Serial Bus, or USB, was introduced in 1996. It dramatically simplified the connection between host computers and
peripheral devices like mice, keyboards, external drivers, and printers.

Table 1. USB evolution

Type Data Transfer Rate Category Introduction Year
USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

USB 3.0/USB 3.1 Gen |5 Gbps SuperSpeed 2010

1

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 4.0/USB 4.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

For years, the USB 2.0 has been firmly entrenched as the de facto interface standard in the PC world with about 6 billion
devices sold, and yet the need for more speed grows by ever faster computing hardware and ever greater bandwidth demands.
The USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 finally has the answer to the consumers' demands with a theoretically 10 times faster than its
predecessor. In a nutshell, USB 3.1 Gen 1 features are as follows:

e Higher transfer rates (up to 5 Gbps)
e Increased maximum bus power and increased device current draw to better accommodate power-hungry devices
e New power management features
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e Full-duplex data transfers and support for new transfer types
e Backward USB 2.0 compatibility
e New connectors and cable

The topics below cover some of the most commonly asked questions regarding USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

SUPERSPEED
_USB
sen

Speed

Currently, there are 3 speed modes defined by the latest USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specification. They are Super-Speed, Hi-Speed
and Full-Speed. The new SuperSpeed mode has a transfer rate of 4.8 Gbps. While the specification retains Hi-Speed, and
Full-Speed USB mode, commonly known as USB 2.0 and 1.1 respectively, the slower modes still operate at 480 Mbps and 12
Mbps respectively and are kept to maintain backward compatibility.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 achieves the much higher performance by the technical changes below:

An additional physical bus that is added in parallel with the existing USB 2.0 bus (refer to the picture below).

e USB 2.0 previously had four wires (power, ground, and a pair for differential data); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 adds four more
for two pairs of differential signals (receive and transmit) for a combined total of eight connections in the connectors and
cabling.

e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 utilizes the bidirectional data interface, rather than USB 2.0's half-duplex arrangement. This gives a
10-fold increase in theoretical bandwidth.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

With today's ever increasing demands placed on data transfers with high-definition video content, terabyte storage devices,
high megapixel count digital cameras etc., USB 2.0 may not be fast enough. Furthermore, no USB 2.0 connection could ever
come close to the 480Mbps theoretical maximum throughput, making data transfer at around 320 Mbps (40 MB/s) — the
actual real-world maximum. Similarly, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 connections will never achieve 4.8Gbps. We will likely see a
real-world maximum rate of 400MB/s with overheads. At this speed, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1is a 10x improvement over USB
2.0.

Applications

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 opens up the laneways and provides more headroom for devices to deliver a better overall

experience. Where USB video was barely tolerable previously (both from a maximum resolution, latency, and video compression
perspective), it's easy to imagine that with 5-10 times the bandwidth available, USB video solutions should work that much
better. Single-link DVI requires almost 2Gbps throughput. Where 480Mbps was limiting, 5Gbps is more than promising. With its
promised 4.8Gbps speed, the standard will find its way into some products that previously weren't USB territory, like external
RAID storage systems.

Listed below are some of the available SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 products:

e External Desktop USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Hard Drives
e Portable USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Hard Drives
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USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Drive Docks & Adapters
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Flash Drives & Readers
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Solid-state Drives

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAIDs

Optical Media Drives

Multimedia Devices

Networking

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Adapter Cards & Hubs

Compatibility

The good news is that USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 has been carefully planned from the start to peacefully co-exist with USB 2.0.
First of all, while USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specifies new physical connections and thus new cables to take advantage of the
higher speed capability of the new protocol, the connector itself remains the same rectangular shape with the four USB 2.0
contacts in the exact same location as before. Five new connections to carry receive and transmitted data independently are
present on USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 cables and only come into contact when connected to a proper SuperSpeed USB connection.

USB Type-C

USB Type-C is a new, tiny physical connector. The connector itself can support various exciting new USB standards like USB 3.1
and USB power delivery (USB PD).

Alternate Mode

USB Type-C is a new connector standard that is very small. It is about a third the size of an old USB Type-A plug. This is

a single connector standard that every device should be able to use. USB Type-C ports can support a variety of different
protocols using “alternate modes,” which allows you to have adapters that can output HDMI, VGA, DisplayPort, or other types
of connections from that single USB port

USB Power Delivery

The USB PD specification is also closely intertwined with USB Type-C. Currently, smartphones, tablets, and other mobile
devices often use a USB connection to charge. A USB 2.0 connection provides up to 2.5 watts of power — that'll charge your
phone, but that's about it. A laptop might require up to 60 watts, for example. The USB Power Delivery specification ups this
power delivery to 100 watts. It's bi-directional, so a device can either send or receive power. And this power can be transferred
at the same time the device is transmitting data across the connection.

This could spell the end of all those proprietary laptop charging cables, with everything charging via a standard USB connection.
You could charge your laptop from one of those portable battery packs you charge your smartphones and other portable devices
from today. You could plug your laptop into an external display connected to a power cable, and that external display would
charge your laptop as you used it as an external display — all via the one little USB Type-C connection. To use this, the device
and the cable have to support USB Power Delivery. Just having a USB Type-C connection doesn't necessarily mean they do.

USB Type-C and USB 4.1

USB 3.1is a new USB standard. USB 3's theoretical bandwidth is 5 Gbps same as of USB 3.1 Gen 1, while USB 3.1 Gen 2's
bandwidth is 10 Gbps. That's double the bandwidth, as fast as a first-generation Thunderbolt connector. USB Type-C isn't the
same thing as USB 3.1. USB Type-C is just a connector shape, and the underlying technology could just be USB 2 or USB 3.0.

In fact, Nokia's N1 Android tablet uses a USB Type-C connector, but underneath it's all USB 2.0 — not even USB 3.0. However,
these technologies are closely related.

Advantages of DisplayPort over USB Type-C

e Full DisplayPort audio/video (A/V) performance (up to 4K at 60Hz)
e Reversible plug orientation and cable direction
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e Backwards compatibility to VGA, DVI with adaptors
e SuperSpeed USB (USB 3.1) data
e Supports HDMI 2.0a and is backwards compatible with previous versions

HDMI 2.0

This topic explains the HDMI 2.0 and its features along with the advantages.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is an industry-supported, uncompressed, all-digital audio/video interface. HDMI
provides an interface between any compatible digital audio/video source, such as a DVD player, or A/V receiver and a
compatible digital audio and/or video monitor, such as a digital TV (DTV). The intended applications for HDMI TVs, and DVD
players. The primary advantage is cable reduction and content protection provisions. HDMI supports standard, enhanced, or
high-definition video, plus multichannel digital audio on a single cable.

HDMI 2.0 Features

e HDMI Ethernet Channel - Adds high-speed networking to an HDMI link, allowing users to take full advantage of their
IP-enabled devices without a separate Ethernet cable

e Audio Return Channel - Allows an HDMI-connected TV with a built-in tuner to send audio data "upstream" to a surround
audio system, eliminating the need for a separate audio cable

e 3D - Defines input/output protocols for major 3D video formats, paving the way for true 3D gaming and 3D home theater
applications

e Content Type - Real-time signaling of content types between display and source devices, enabling a TV to optimize picture
settings based on content type
Additional Color Spaces - Adds support for additional color models used in digital photography and computer graphics
4K Support - Enables video resolutions far beyond 1080p, supporting next-generation displays that will rival the Digital
Cinema systems used in many commercial movie theaters

e HDMI Micro Connector - A new, smaller connector for phones and other portable devices, supporting video resolutions up
to 1080p

e Automotive Connection System - New cables and connectors for automotive video systems, designed to meet the unique
demands of the motoring environment while delivering true HD quality

Advantages of HDMI

Quality HDMI transfers uncompressed digital audio and video for the highest, crispest image quality.
Low -cost HDMI provides the quality and functionality of a digital interface while also supporting uncompressed video
formats in a simple, cost-effective manner
Audio HDMI supports multiple audio formats from standard stereo to multichannel surround sound
HDMI combines video and multichannel audio into a single cable, eliminating the cost, complexity, and confusion of multiple
cables currently used in A/V systems

e HDMI supports communication between the video source (such as a DVD player) and the DTV, enabling new functionality

Intel Optane memory

Intel Optane memory functions only as a storage accelerator. It neither replaces nor adds to the memory (RAM) installed on
your computer.

@ NOTE: Intel Optane memory is supported on computers that meet the following requirements:
e 7/th Generation or higher Intel Core i3/i5/i7 processor
e Windows 10 64-bit version 1607 or higher
e Intel Rapid Storage Technology driver version 15.9.1.1018 or higher
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Table 2. Intel Optane memory specifications

Feature Specifications
Interface PCle 3x2 NVMe 1.1
Connector M.2 card slot (2230/2280)

Configurations supported

7th Generation or higher Intel Core i3/i5/i7 processor
Windows 10 64-bit version 1607 or higher

e Intel Rapid Storage Technology driver version 15.9.1.1018
or higher

Capacity

32 GB

Enabling Intel Optane memory

Click Intel Rapid Storage Technology.

SNV SIE

On the taskbar, click the search box, and type "Intel Rapid Storage Technology".

On the Status tab, click Enable to enable the Intel Optane memory.
On the warning screen, select a compatible fast drive, and then click Yes to continue enabling Intel Optane memory.
Click Intel Optane memory > Reboot to enable the Intel Optane memory.

®| NOTE: Applications may take up to three subsequent launches after enablement to see the full performance benefits.

Disabling Intel Optane memory

After disabling Intel Optane memory, do not uninstall the driver for Intel Rapid Storage Technology

as it will result in a blue screen error. The Intel Rapid Storage Technology user interface can be removed without

uninstalling the driver.

@ NOTE: Disabling Intel Optane memory is required before removing the SATA storage device, accelerated by the Intel

Optane memory module, from the computer.

AN o2

Click Yes if you accept the warning.
The disabling progress is displayed.

On the taskbar, click the search box, and then type "Intel Rapid Storage Technology".
Click Intel Rapid Storage Technology. The Intel Rapid Storage Technology window is displayed.
On the Intel Optane memory tab, click Disable to disable the Intel Optane memory.

B. Click Reboot to complete disabling Intel Optane memory and restart your computer.
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Removing and installing components

@lNOTE: The images in this document may differ from your computer depending on the configuration you ordered.

Topics:

«  Side cover

*  Expansion card

¢« Coin cell battery

. Hard drive assembly
. Hard drive

« Bezel

e  Hard drive and optical drive module
¢ Optical drive

. Memory module

. Heatsink fan

. Heatsink assembly

. Intrusion switch

¢ Power switch

. Processor

«  M.2 PCle SSD

*  Power supply unit

e Speaker

. System board

Side cover

Removing the side cover

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
2. Toremove the cover:

a. Slide the release latch on the back side of your system until it gives a click sound to unlock the side cover [1].

b. Slide and lift the side cover from the system [2].

Removing and installing components
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Installing the side cover

1. Place the cover on the system and slide the cover until it clicks into place [1].
2. The release latch automatically locks the side cover to the system [2].
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3. Follow the procedure in After working inside your computer

Expansion card

Removing expansion card

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
2. Remove the Side cover.
3. Toremove the expansion card:

a. Pull the metal tab to open the expansion card latch [1].
b. Pull the release tab at the base of the expansion card [2].

®| NOTE: Applies to x16 card slot, x1 card has no release tab.

¢. Disconnect and lift the expansion card away from the connector on the system board [3].
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Installing the expansion card

1. @ NOTE: To remove the PCle brackets, push the bracket upwards from the inside of your computer to release it and then
lift the bracket away from your computer.
Insert a screwdriver in the hole of a PCle bracket and push hard to release the bracket [3], and then lift the bracket out from
your computer.
2. Insert the expansion card into the connector on the system board [1].
3. Press the expansion card until it clicks into place [2].
4. Close the expansion card latch and press it until it clicks into place [3].
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5. Install the Side cover.
6. Follow the procedure in After working inside your computer.

Coin cell battery

Removing coin cell battery

Removing coin cell battery may reset the motherboard.

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
2. Remove the:

a. Side cover

b. Expansion card
3. To remove the coin cell battery:

a. Using a plastic scribe press the release latch until the coin cell battery pops out [1].
b. Remove the coin cell battery from the system [2].

Removing and installing components
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Installing the coin cell battery

1. Place the coin cell battery with "+" sign facing up in the slot on the system board [1].
2. Press the battery into the connector until it locks into place [2,3].
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3. Install the:

a. Expansion cards
b. Side cover

4. Follow the procedure in After working inside your computer.

Hard drive assembly

Removing the hard drive assembly

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.

2. Remove the Side cover.

8. Toremove the hard drive:
a. Disconnect the hard drive data cable and power cable from the connectors on the hard drive [1, 2].
b. Push the release tab and lift the hard drive assembly from the system [3].
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Installing the hard drive assembly

Insert the hard drive assembly into the slot on the system [1].

1.

2. Connect the power cable and hard drive cable to the connector on the hard drive [2,3].

Removing and installing components
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3. Install the Side cover.
4. Follow the procedure in After working inside your computer.

Hard drive

Removing the hard drive

@lNOTE: For configurations shipped with 3.5-inch HDD, follow the same procedure to remove the HDD from its bracket.

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
2. Remove the:

a. Side cover
b. hard drive assembly
3. Flex the hard drive bracket [1], lift the hard drive [2], and then slide out from the hard drive bracket [3].

@l NOTE: Follow the same procedure to remove another 2.5-inch hard drive on the other side of the bracket.
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Installing the hard drive

®|NOTE: For configurations shipped with 3.5-inch HDD, follow the same procedure to install the HDD into its bracket.

1. Insert the holes on one side of the hard disk into the pins on the hard drive bracket [1], and then place the hard drive into the
bracket such that the pins on other side of the bracket is aligned with the holes on the hard drive [2].

@l NOTE: Follow the same procedure to install another 2.5-inch hard drive on the other side of the bracket.

2. Install the:

a. HDD assembly
b. side cover

3. Follow the procedure in After Working Inside Your Computer.

Bezel

Removing front bezel

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.

2. Remove the Side cover.

3. Toremove the front bezel:
a. Pry the retention tabs to release the front bezel from the system.
b. Remove the front bezel from the system.
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Installing front bezel

1. Align the bezel and insert the retention tabs on the bezel into the slots on the system.
2. Press the bezel until the tabs clicks into place.
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3. Install the Side cover.
4. Follow the procedure in After working inside your computer.

Hard drive and optical drive module

Removing the hard drive and optical drive module

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
2. Remove the:

a. Side cover

b. Front bezel

c. HDD assembly

3. To release the hard drive and optical drive module:

a. Unroute the optical drive cables [1] and hard drive cables [2] through the retention clip and HDD-ODD release tab
respectively.
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b. Slide the release tab to unlock the hard drive and optical module [1].

c. Lift the hard drive and optical module [2]

27
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4. Toremove the hard drive and optical drive module:
a.

Disconnect the optical drive data cable and optical drive power cable from the connectors on the optical drive [1, 2].
b. Slide and lift the hard drive and optical drive module from the system [3].
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Installing the hard drive and optical drive module

1. Insert the tabs on the hard drive and optical drive module into the slot on the system at 30 degree angle [1].
2. Connect the optical drive data cable and power cable to the connectors on the optical drive [2, 3].
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3. Lower the hard drive and optical drive module so that it is placed in its slot [1].
4. Slide the release tab to lock the module [2].
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5. Route the hard drive data and power cables through the HDD-ODD release tab [1].
6. Route the optical drive data cable and power cable through the retention clips [2].

31
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7. Install the:
a. HDD assembly
b. Front bezel
¢. Side cover
8. Follow the procedure in After working inside your computer.

Optical drive

Removing the optical drive

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
2. Remove the:

a. Side cover
b. Front bezel

3. To remove the optical drive:
a. Disconnect the hard drive data cable and power cable from the connectors on the hard drive [1, 2].
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b. Slide the release tab to unlock the hard drive and optical module [1].
c. Lift the hard drive and optical module [2].
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d. Disconnect the optical drive data cable and optical drive power cable from the connectors on the optical drive [1, 2] and

lower the hard drive and optical module until it is seated.

Removing and installing components

34



INTESTTTNE

S/ 7777774

=7

e. Push the release latch on the optical drive [1] and pull the optical drive out from the system [3].
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Installing the optical drive

1. Slide the optical drive into its slot in the system [1].
2. Slide the release tab to unlock the hard drive and optical drive module [2].
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3. Lift the hard drive and optical module [1], connect the optical drive data cable and power cable to the connectors on the

optical drive [2, 3].
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4. Connect the hard drive data cable and hard drive power cable to the connectors on the hard drive [1,2].
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B. Slide the release tab to lock the module [2].

6. Install the:

a. Front bezel
b. Side cover

7. Follow the procedure in After working inside your computer.

Memory module

Removing memory module

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
2. Remove the:
a. Side cover
b. Front bezel
c. HDD assembly
d. Hard drive and optical drive module
3. To remove the memory module:
a. Pry open the retention tabs from both sides to lift the memory module from the connector [1].
b. Remove the memory module from the system board [2].
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Installing the memory module

1. Align the notch on the memory module with the tab on the memory module connector.
2. Insert the memory module into the memory module socket [1].
3. Press the memory module until the memory module retention tabs click into place [2].
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4. Install the:
a. Hard drive and optical drive module
b. HDD assembly
c. Front bezel
d. Side cover
5. Follow the procedure in After working inside your computer.

Heatsink fan

Removing heatsink fan

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
2. Remove the:

a. Side cover

b. Front bezel

¢. HDD assembly

d. Hard drive and optical drive module

3. Toremove the heatsink fan:

a. Disconnect the heatsink fan cable from the connector on the system board [1].
b. Remove the 3 screws that secure the heat sink fan to the heat sink [2].
c. Lift the heatsink fan away from the computer [3].
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Installing the heatsink fan

1. Align the heatsink fan onto the heatsink assembly[1].
2. Replace the 3 screws to secure the heatsink fan to the heatsink assembly [2].
3. Connect the heatsink fan cable to the connector on the system board [3].
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4, Install the:

a. Hard drive and optical drive module
b. HDD assembly

c. Front bezel

d. Side cover

5. Follow the procedure in After working inside your computer.

Heatsink assembly

Removing heatsink assembly

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
2. Remove the:

a. Side cover

b. Front bezel

c. HDD assembly

d. Hard drive and optical drive module
3. To remove the heatsink assembly:

a. Disconnect the heatsink assembly fan cable from the connector on the system board [1].
b. Loosen the 4 captive screws that secure the heatsink fan assembly [2] and lift it away from the system [3].
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®| NOTE: Loosen the screws in a sequential order (1,2,3,4) as mentioned on the system board.

Installing heatsink assembly

1. Align the heatsink assembly onto the processor [1].
2. Tighten the 4 captive screws to secure the heatsink assembly to the system board [2].

®| NOTE: Tighten the screws in a sequential order (1,2,3,4) as mentioned on the system board.

3. Connect the heatsink assembly fan cable to the connector on the system board [3].
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4, Install the:

a. Hard drive and optical drive module
b. HDD assembly

c. Front bezel

d. Side cover

5. Follow the procedure in After working inside your computer.

Intrusion switch

Removing intrusion switch

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
2. Remove the:

Side cover

Front bezel

HDD assembly

Hard drive and optical drive module

Heat sink assembly

a0 oo

3. To remove the intrusion switch:

a. Disconnect the intrusion switch cable from the connector on the system board [1].
b. Slide the intrusion switch and lift it away from the system [2].
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Installing the intrus

Insert the intrusion switch into the slot on the chassis [1].

1

2. Connect the intrusion switch cable to the system board [2].

Removing and installing components
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3. Install the:

Heat sink assembly

Hard drive and optical drive module
HDD assembly

Front bezel

Side cover

a0 oo

4. Follow the procedure in After working inside your computer.

Power switch

Removing power switch

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
2. Remove the:
a. Side cover
b. Front bezel
¢c. HDD assembly
d. Hard drive and optical drive module
3. Toremove the power switch:
a. Disconnect the power switch cable from the system board [1].
b. Press the power switch retention tabs and pull the power switch out from the system [2] [3].
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Installing the power switch

1. Slide the power switch module into the slot on the chassis until it clicks into place [1, 2].
2. Connect the power switch cable to the connector on the system board [3].
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3. Install the:

a. Hard drive and optical drive module
b. HDD assembly

c. Front bezel

d. Side cover

4. Follow the procedure in After working inside your computer.

Processor

Removing processor

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
2. Remove the:

Side cover

Front bezel

HDD assembly

Hard drive and optical drive module

Heat sink assembly

a0 oo

3. To remove the processor:

a. Release the socket lever by pushing the lever down and out from under the tab on the processor shield [1].
b. Lift the lever upward and lift the processor shield [2].
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The processor socket pins are fragile and can be permanently damaged. Be careful not to bend
the pins in the processor socket when removing the processor out of the socket.

c. Lift the processor out of the socket [3].
@ NOTE: After removing the processor, place it in an antistatic container for reuse, return, or temporary storage. Do
not touch the bottom of the processor to avoid damage to the processor contacts. Touch only the side edges of the
processor.

Installing the processor

1. Place the processor on the socket such that the slots on the processor align with the socket keys [1].

The pin-1 corner of the processor has a triangle that aligns with the triangle on the pin-1 corner on
the processor socket. When the processor is properly seated, all four corners are aligned at the same height.
If one or more corners of the processor are higher than the others, the processor is not seated properly.

2. Close the processor shield by sliding it under the retention screw [2].
8. Lower the socket lever and push it under the tab to lock it [3].
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4, Install the:

a0 o

Heat sink assembly

Hard drive and optical drive module
HDD assembly

Front bezel

Side cover

5. Follow the procedure in After working inside your computer.

M.2 PCle SSD

Removing the M.2 PCle SSD

®|NOTE: The instructions are applicable to M.2 SATA SSD also.

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.

2. Remove the:

a.

oo mT

Side cover

Front bezel

HDD assembly

Hard drive and optical drive module
Heatsink assembly

Removing and installing components
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3. Toremove the M.2 PCle SSD:
a. Remove the single (M2x3.5) screw that secures the M.2 PCle SSD to the system board [1].
b. Lift and pull out the PCle SSD from its connector on the system board [2].
¢. Remove the SSD thermal pad [3].
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Installing the M.2 PCle SSD

@l NOTE: The instructions are applicable to M.2 SATA SSD also.

1. Place the SSD thermal pad into the slot on the system board [1] .
2. Insert the M.2 PCle SSD to the connector on the system board [2].
3. Replace the single (M2x3.5) screw that secures the M.2 PCle SSD to the system board [3].
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4, Install the:

oo DT

B. Follow the procedure in After working inside your computer.

Power supply unit

Removing power supply unit or PSU

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.

Heatsink assembly

Hard drive and optical drive module
HDD assembly

Front bezel

Side cover

2. Remove the:

a.

Po00o

Side cover

Front bezel

HDD assembly

Hard drive and optical drive module
Heatsink assembly

RS s

e Y

TaRwARS

AR
L)

)

Removing and installing components

53



3. Torelease the PSU:

a. Disconnect the CPU power cable from the system board [1].
b. Unroute the power cables from the retention clips on the chassis [2].
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4. Toremove the PSU:

Remove the 3 screws that secure the PSU to the system [1].

b. Disconnect the system power cable from the connector on the system board [2].

c. Lift the cables away from the system [3].

d. Press the blue release tab [4] at the rear end of the PSU unit, slide the PSU and lift it away from the system [5].

o
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Installing the power supply unit or PSU

Insert the PSU in the chassis and slide it towards the back of the system to secure it [1, 2].
Route the system power cable through the retention clips [3].

Connect the power cable to the connector on the system board [4].

Replace the screws to secure the PSU to the rear chassis of the system [5].

N
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B. Route the CPU power cable through the retention clips [1].

2].

(

6. Connect the CPU power cable to the connector on the system board

Removing and installing components
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7. Install the:

Heatsink assembly

Hard drive and optical drive module
HDD assembly

Front bezel

Side cover

a0 o

8. Follow the procedure in After working inside your computer.

Speaker

Removing speaker

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.
2. Remove the:
a. Side cover
b. Front bezel
c. HDD assembly
d. Hard drive and optical drive module
3. Toremove the speaker:
a. Disconnect the speaker cable from the connector on the system board [1].
b. Press the release tab [2] and pull the speaker out from the system [3].
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Installing the speaker

1. Insert the speaker into the slot on the system chassis and press it until it clicks into place [1, 2].
2. Connect the speaker cable to the connector on the system board [3].
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3. Install the:

a. Hard drive and optical drive module
b. HDD assembly

c. Front bezel

d. Side cover

4. Follow the procedure in After working inside your computer.

System board

Removing system board

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.

2. Remove the:

Side cover

Coin cell

Front bezel

HDD assembly

Hard drive and optical drive module
Heatsink assembly

Processor

Memory module

M.2 PCle SSD

8. Disconnect the following cables:

~TQ 0 Q0 To

a. Intrusion switch
b. Power switch

Removing and installing components
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4. Toremove the I/0 panel:
a. Remove the screw that secures the I/0 panel [1].
b. Rotate the I/0 panel and remove it from the system [2].
¢. Disconnect the hard drive data cable [3], optical drive data cable [4] and power cable [5] from the connectors on the
system board.

5. Disconnect the following cables from the connectors on the system board:

a. Intrusion switch [1]
b. CPU power [2]
c. Power switch [3]

6. Unroute the PSU cables from the retention clips [4].
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7. Toremove the screws from the system board:

a. Remove the 5 screws that secure the system board to the chassis [1].
b. Remove the single screw used as a mounting point for M.2 SSD drive [2] and the standoff single (#6-32) screw [3] that
secures the system board to the system [3].

Removing and installing components 61



8. Toremove the system board:
a. Lift and slide the system board away from the system [1, 2].
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Installing the system board

1. Hold the system board by its edges, and align it towards the back of the system.

2. Lower the system board into the system chassis until the connectors at the back of the system board align with the slots on
the chassis, and the screw holes on the system board align with the standoffs on the system chassis [1,2].

3. Replace the standoff single (#6-32) screw, the single screw used as a mounting point for M.2 SSD drive and the 5 screws
that secure the system board to the system [1, 2, 3][1,2].
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4. Route all the cables through the routing clips [1].
5. Align the cables with the pins on connectors on the system board and connect the following cables to the system board:

a. Power switch [2]
b. CPU power [3]
C. Intrusion switch [4]
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6. Connect the power cable, optical drive data cable and hard drive data cable [1, 2, 3].
7. Insert the hook on the I/0 panel into the slot on the chassis and rotate to close the /0 panel [4].
8. Replace the screw to secure the I/0 panel to the chassis [5].
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9. Connect the following cables:
a. Intrusion switch
b. Power switch
10. Install the:
M.2 PCle SSD
Memory module
Processor
Heatsink assembly
Hard drive and optical drive module
HDD assembly
Front bezel
Side cover

Se@ro0 o0 TR

11. Follow the procedure in After working inside your computer.
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Troubleshooting

Topics:

. Enhanced Pre-Boot System Assessment — ePSA diagnostics
*  Diagnostics

*  Power-Supply Unit Built-in Self-Test

. Diagnostic error messages

e System error messages

. Recovering the operating system

*  Real Time Clock—RTC reset

. Backup media and recovery options

*  WiFi power cycle

Enhanced Pre-Boot System Assessment — ePSA
diagnostics

The ePSA diagnostics (also known as system diagnostics) performs a complete check of your hardware. The ePSA is embedded
with the BIOS and is launched by the BIOS internally. The embedded system diagnostics provides a set of options for particular
devices or device groups allowing you to:

The ePSA diagnostics can be initiated by the FN+PWR buttons while powering on the computer.

Run tests automatically or in an interactive mode

Repeat tests

Display or save test results

Run thorough tests to introduce additional test options to provide extra information about the failed device(s)
View status messages that inform you if tests are completed successfully

View error messages that inform you of problems encountered during testing

@ NOTE: Some tests for specific devices require user interaction. Always ensure that you are present at the computer
terminal when the diagnostic tests are performed.

Running the ePSA Diagnostics

Invoke diagnostics boot by either of the methods that are suggested below:

1. Power on the computer.

2. As the computer boots, press the F12 key when the Dell logo is displayed.

3. In the boot menu screen, use Up/Down arrow key to select the Diagnostics option and then press Enter.
NOTE: The Enhanced Pre-boot System Assessment window displays, listing all devices detected in the computer.
The diagnostics starts running the tests on all the detected devices.

4. Press the arrow in the lower-right corner to go to the page listing.
The detected items are listed and tested.

B. To run a diagnostic test on a specific device, press Esc and click Yes to stop the diagnostic test.
6. Select the device from the left pane and click Run Tests.

7. If there are any issues, error codes are displayed.
Note the error code and contact Dell.
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Diagnostics

The computer POST (Power On Self Test) ensures that it meets the basic computer requirements and the hardware is working
appropriately before the boot process begins. If the computer passes the POST, the computer continues to start in a normal

mode. However, if the computer fails the POST, the computer emits a series of LED codes during the start-up. The system LED
is integrated on the Power button.

The following table shows different light patterns and what they indicate.

Table 3. Power LED summary

Amber LED state

White LED state

System state

Notes

Off Off S4, S5 e Hibernate or Suspend to
Disk (S4)
e Power is off (SH)
Off Blinking S1,.83 System is in a low power

state, either S1 or S3. This
does not indicate a fault
condition.

Previous State

Previous State

S3, no PWRGD_PS

This entry provides for
the possibility of a delay
from SLP_S3# active to
PWRGD_PS inactive.

Blinking

Off

S0, no PWRGD_PS

Boot Failure - The computer is
receiving electrical power, and
power supplied by the power
supply is normal. A device
might be malfunctioning or
incorrectly installed. Refer to
the table below for Amber
Blinking Pattern diagnostics
suggestion and possible
failures.

Steady

Off

S0, no PWRGD_PS, Code
fetch =0

Boot Failure - This is a system
fault error condition, including
the power supply. Only the
+5VSB rail on the power
supply is working correctly.

Off

Steady

S0, no PWRGD_PS, Code
fetch =1

This indicates that the host

BIOS has started to execute
and the LED register is now

writable.

Table 4. Amber LED blinking failures

Amber LED state

White LED state

System state

Notes

2

1

Bad MBD

Bad MBD - Rows A, G, H, and
J from table 12.4 of SIO Spec
- Pre-Post indicators [40]

Bad MB, PSU or cabling

Bad MBD, PSU or PSU
cabling - Rows B, C and D of
table 12.4 SIO spec [40]

Bad MBD, DIMMS, or CPU

Bad MBD, DIMMS or CPU -
Rows F and K from table 12.4
of SIO spec [40]
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Table 4. Amber LED blinking failures (continued)

Amber LED state White LED state

System state

Notes

2 4

Bad coin cell

Bad coin cell - Row M of table
12.4in SIO spec [40]

Table 5. States Under Host BIOS Control

Amber LED state White LED state

System state

Notes

2 5

BIOS state 1

BIOS Post code (Old LED
pattern 0001) Corrupt BIOS.

BIOS state 2

BIOS Post code (Old LED
pattern 0010) CPU config or
CPU failure.

BIOS state 3

BIOS Post code (Old LED
pattern 0011) MEM config

in process. Appropriate mem
modules detected but failure
has occurred.

BIOS state 4

BIOS Post code (Old LED
pattern 0100) Combine PCI
device config or failure with
video sub sytem config or
failure. BIOS to eliminate 0101
video code.

BIOS state

BIOS Post code (Old

LED pattern 0110) Combine
storage and USB config or
failure. BIOS to eliminate 0111
USB code.

BIOS state 6

BIOS Post code (Old LED
pattern 1000) MEM config, no
memory detected.

BIOS state 7

BIOS Post code (Old
LED pattern 1001) Fatal
Motherboard error.

BIOS state 8

BIOS Post code (Old LED
pattern 1010) Mem config,
modules incompatible or
invalid config.

BIOS state 9

BIOS Post code (Old

LED pattern 1011) combine
"Other pre-video activity and
resource configuration codes.
BIOS to eliminate 1100 code.

BIOS state 10

BIOS Post code (OIld LED
pattern 1110) Other pre-post
activity, routine subsequent to
video init.

Power-Supply Unit Built-in Self-Test

Built-in Self-Test (BIST) helps determine if the power-supply unit is working. To run self-test diagnostics on the power-supply
unit of a desktop or all-in-one computer, see the knowledge base article 000125179 at www.dell.com/support.
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Diagnostic error messages

Table 6. Diagnostic error messages

Error messages

Description

AUXILIARY DEVICE FAILURE

The touchpad or external mouse may be faulty. For an
external mouse, check the cable connection. Enable the
Pointing Device option in the System Setup program.

BAD COMMAND OR FILE NAME

Ensure that you have spelled the command correctly, put
spaces in the proper place, and used the correct path name.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE

The primary cache internal to the microprocessor has failed.
Contact Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE

The optical drive does not respond to commands from the
computer.

DATA ERROR

The hard drive cannot read the data.

DECREASING AVAILABLE MEMORY

One or more memory modules may be faulty or improperly
seated. Reinstall the memory modules or, if necessary, replace
them.

DISK C: FAILED INITIALIZATION

The hard drive failed initialization. Run the hard drive tests in
Dell Diagnostics.

DRIVE NOT READY

The operation requires a hard drive in the bay before it can
continue. Install a hard drive in the hard drive bay.

ERROR READING PCMCIA CARD

The computer cannot identify the ExpressCard. Reinsert the
card or try another card.

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED

The amount of memory recorded in non-volatile memory
(NVRAM) does not match the memory module installed in the
computer. Restart the computer. If the error appears again,
Contact Dell

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

The file that you are trying to copy is too large to fit on the
disk, or the disk is full. Try copying the file to a different disk
or use a larger capacity disk.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE
FOLLOWING CHARACTERS: \ / *2m <> | -

Do not use these characters in filenames.

GATE A20 FAILURE

A memory module may be loose. Reinstall the memory module
or, if necessary, replace it.

GENERAL FAILURE

The operating system is unable to carry out the command.
The message is usually followed by specific information.
For example, Printer out of paper. Take the
appropriate action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR

The computer cannot identify the drive type. Shut down the
computer, remove the hard drive, and boot the computer from
an optical drive. Then, shut down the computer, reinstall the
hard drive, and restart the computer. Run the Hard Disk
Drive tests in Dell Diagnostics.

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0

The hard drive does not respond to commands from the
computer. Shut down the computer, remove the hard drive,
and boot the computer from an optical drive. Then, shut
down the computer, reinstall the hard drive, and restart the
computer. If the problem persists, try another drive. Run the
Hard Disk Drive tests in Dell Diagnostics.

HARD-DISK DRIVE FAILURE

The hard drive does not respond to commands from the
computer. Shut down the computer, remove the hard drive,
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Table 6. Diagnostic error messages (continued)

Error messages

Description

and boot the computer from an optical drive. Then, shut
down the computer, reinstall the hard drive, and restart the
computer. If the problem persists, try another drive. Run the
Hard Disk Drive tests in Dell Diagnostics.

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

The hard drive may be defective. Shut down the computer,
remove the hard drive, and boot the computer from an
optical. Then, shut down the computer, reinstall the hard
drive, and restart the computer. If the problem persists,
try another drive. Run the Hard Disk Drive tests in Dell
Diagnostics.

INSERT BOOTABLE MEDIA

The operating system is trying to boot to non-bootable media,
such as an optical drive. Insert bootable media.

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

The system configuration information does not match the
hardware configuration. The message is most likely to occur
after a memory module is installed. Correct the appropriate
options in the system setup program.

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE

For external keyboards, check the cable connection. Run the
Keyboard Controller test in Dell Diagnostics.

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE

For external keyboards, check the cable connection. Restart
the computer, and avoid touching the keyboard or the mouse
during the boot routine. Run the Keyboard Controller test in
Dell Diagnostics.

KEYBOARD DATA LINE FAILURE

For external keyboards, check the cable connection. Run the
Keyboard Controller test in Dell Diagnostics.

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE

For external keyboards or keypads, check the cable
connection. Restart the computer, and avoid touching the
keyboard or keys during the boot routine. Run the Stuck Key
test in Dell Diagnostics.

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Dell MediaDirect cannot verify the Digital Rights Management
(DRM) restrictions on the file, so the file cannot be played.

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS,
VALUE EXPECTING VALUE

READ

A memory module may be faulty or improperly seated.
Reinstall the memory module or, if necessary, replace it.

MEMORY ALLOCATION ERROR

The software you are attempting to run is conflicting with the
operating system, another program, or a utility. Shut down
the computer, wait for 30 seconds, and then restart it. Run
the program again. If the error message still appears, see the
software documentation.

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

A memory module may be faulty or improperly seated.
Reinstall the memory module or, if necessary, replace it.

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

A memory module may be faulty or improperly seated.
Reinstall the memory module or, if necessary, replace it.

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS,
VALUE EXPECTING VALUE

READ

A memory module may be faulty or improperly seated.
Reinstall the memory module or, if necessary, replace it.

NO BOOT DEVICE AVAILABLE

The computer cannot find the hard drive. If the hard drive is
your boot device, ensure that the drive is installed, properly
seated, and partitioned as a boot device.

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE

The operating system may be corrupted, Contact Dell.

NO TIMER TICK INTERRUPT

A chip on the system board may be malfunctioning. Run the
System Set tests in Dell Diagnostics.

Troubleshooting 71



Table 6. Diagnostic error messages (continued)

Error messages

Description

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES.
PROGRAMS AND TRY AGAIN

EXIT SOME

You have too many programs open. Close all windows and
open the program that you want to use.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND

Reinstall the operating system. If the problem persists,
Contact Dell.

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM

The optional ROM has failed. Contact Dell.

SECTOR NOT FOUND

The operating system cannot locate a sector on the hard
drive. You may have a defective sector or corrupted File
Allocation Table (FAT) on the hard drive. Run the Windows
error-checking utility to check the file structure on the hard
drive. See Windows Help and Support for instructions (click
Start > Help and Support). If a large number of sectors are
defective, back up the data (if possible), and then format the
hard drive.

SEEK ERROR

The operating system cannot find a specific track on the hard
drive.

SHUTDOWN FAILURE

A chip on the system board may be malfunctioning. Run
the System Set tests in Dell Diagnostics. If the message
reappears, Contact Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER

System configuration settings are corrupted. Connect your
computer to an electrical outlet to charge the battery. If

the problem persists, try to restore the data by entering the
System Setup program, then immediately exit the program. If
the message reappears, Contact Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED

The reserve battery that supports the system configuration
settings may require recharging. Connect your computer to an
electrical outlet to charge the battery. If the problem persists,
Contact Dell.

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM
SETUP PROGRAM

The time or date stored in the system setup program does
not match the system clock. Correct the settings for the Date
and Time options.

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED

A chip on the system board may be malfunctioning. Run the
System Set tests in Dell Diagnostics.

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE

The keyboard controller may be malfunctioning, or a memory
module may be loose. Run the System Memory tests and the
Keyboard Controller test in Dell Diagnostics or Contact
Dell.

X:\ IS NOT ACCESSIBLE.
READY

THE DEVICE IS NOT

Insert a disk into the drive and try again.

System error messages

Table 7. System error messages

System message

Description

Alert! Previous attempts at booting this
system have failed at checkpoint [nnnn]. For
help in resolving this problem, please note
this checkpoint and contact Dell Technical
Support

The computer failed to complete the boot routine three
consecutive times for the same error.

CMOS checksum error

RTC is reset, BIOS Setup default has been loaded.
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Table 7. System error messages (continued)

System message Description

CPU fan failure CPU fan has failed.

System fan failure System fan has failed.

Hard-disk drive failure Possible hard disk drive failure during POST.

Keyboard failure Keyboard failure or loose cable. If reseating the cable does not

solve the problem, replace the keyboard.

No boot device available No bootable partition on hard disk drive, the hard disk drive

cable is loose, or no bootable device exists.

e |f the hard drive is your boot device, ensure that the
cables are connected and that the drive is installed
properly and partitioned as a boot device.

e Enter system setup and ensure that the boot sequence
information is correct.

No timer tick interrupt A chip on the system board might be malfunctioning or
motherboard failure.

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM S.M.A.R.T error, possible hard disk drive failure.
has reported that a parameter has exceeded
its normal operating range. Dell recommends
that you back up your data regularly. A
parameter out of range may or may not
indicate a potential hard drive problem

Recovering the operating system

When your computer is unable to boot to the operating system even after repeated attempts, it automatically starts Dell
SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery is a standalone tool that is preinstalled in all Dell computers installed with Windows operating
system. It consists of tools to diagnose and troubleshoot issues that may occur before your computer boots to the operating
system. It enables you to diagnose hardware issues, repair your computer, back up your files, or restore your computer to its
factory state.

You can also download it from the Dell Support website to troubleshoot and fix your computer when it fails to boot into their
primary operating system due to software or hardware failures.

For more information about the Dell SupportAssist OS Recovery, see Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide at
www.dell.com/serviceabilitytools. Click SupportAssist and then, click SupportAssist OS Recovery.

Real Time Clock—RTC reset

The Real Time Clock (RTC) reset function allows you or the service technician to recover the recently launched model Dell
Latitude and Precision systems from No POST/No Boot/No Power situations. You can initiate the RTC reset on the system
from a power-off state only if it is connected to AC power. Press and hold the power button for 25 seconds. The system RTC
reset occurs after you release the power button.

@ NOTE: If AC power is disconnected from the system during the process or the power button is held longer than 40
seconds, the RTC reset process gets aborted.

The RTC reset will reset the BIOS to Defaults, un-provision Intel vPro and reset the system date and time. The following items
are unaffected by the RTC reset:

e Service Tag

Asset Tag

Ownership Tag

Admin Password

System Password
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e HDD Password
e Key Databases
e System Logs

NOTE: The IT administrator's vPro account and password on the system will be un-provisioned. The system needs to go
through the setup and configuration process again to reconnect it to the vPro server.

The below items may or may not reset based on your custom BIOS setting selections:

Boot List

Enable Legacy Option ROMs
Secure Boot Enable

Allow BIOS Downgrade

Backup media and recovery options

It is recommended to create a recovery drive to troubleshoot and fix problems that may occur with Windows. Dell proposes
multiple options for recovering Windows operating system on your Dell PC. For more information. see Dell Windows Backup
Media and Recovery Options.

WiFi power cycle

If your computer is unable to access the internet due to WiFi connectivity issues a WiFi power cycle procedure may be
performed. The following procedure provides the instructions on how to conduct a WiFi power cycle:

®| NOTE: Some ISPs (Internet Service Providers) provide a modem/router combo device.

Turn off your computer.
Turn off the modem.

Turn off the wireless router.
Wait for 30 seconds.

Turn on the wireless router.
Turn on the modem.

NoonsoN s

Turn on your computer.
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Getting help

Topics:

Contacting Dell

Contacting Dell

NOTE: If you do not have an active Internet connection, you can find contact information on your purchase invoice, packing
slip, bill, or Dell product catalog.

Dell provides several online and telephone-based support and service options. Availability varies by country and product, and
some services may not be available in your area. To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues:

1.

2.
3.
4

Go to Dell.com/support.

Select your support category.

Verify your country or region in the Choose a Country/Region drop-down list at the bottom of the page.
Select the appropriate service or support link based on your need.
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Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

®|ANMERKUNG: HINWEIS enthélt wichtige Informationen, mit denen Sie Ihr Produkt besser nutzen kénnen.

ACHTUNG deutet auf mdgliche Schiden an der Hardware oder auf den Verlust von Daten hin und zeigt, wie
Sie das Problem vermeiden kdnnen.

A| WARNUNG: WARNUNG weist auf ein potenzielles Risiko fiir Sachschéden, Verletzungen oder den Tod hin.
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Arbeiten am Computer

Themen:

. Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Sicherheitsrichtlinien, damit Ihr Computer vor méglichen Schaden geschitzt und lhre eigene Sicherheit
sichergestellt ist. Wenn nicht anders angegeben, wird bei jedem in diesem Dokument vorgestellten Verfahren vorausgesetzt, dass
folgende Bedingungen zutreffen:

e Sie haben die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise gelesen.

e Eine Komponente kann ersetzt oder, wenn sie separat erworben wurde, installiert werden, indem der Entfernungsvorgang in
umgekehrter Reihenfolge ausgefuhrt wird.

A WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausfiihren, lesen Sie zundchst die im Lieferumfang
des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusatzliche Informationen zur bestmdéglichen Einhaltung der
Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Einhaltung behoérdlicher Auflagen.

Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgefiihrt werden.
MaBnahmen zur Fehlerbehebung oder einfache Reparaturen sollten Sie nur dann selbst durchfiihren, wenn dies laut
Produktdokumentation genehmigt ist, oder wenn Sie vom Team des Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert
werden. Schaden durch nicht von Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, die Sie zusammen mit lhrem Produkt erhalten haben.

Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder
durch regelmaéfliges Beriihren einer nicht lackierten metallenen Oberflache (beispielsweise eines Anschlusses auf der
Riickseite des Computers).

Gehen Sie mit Komponenten und Erweiterungskarten vorsichtig um. Beriihren Sie keine Komponenten
oder Kontakte auf der Karte. Halten Sie die Karte méglichst an ihren Kanten oder dem Montageblech. Fassen Sie
Komponenten wie Prozessoren grundsétzlich an den Kanten und niemals an den Kontaktstiften an.

Ziehen Sie beim Trennen eines Kabels vom Computer nur am Stecker oder an der Zuglasche und
nicht am Kabel selbst. Einige Kabel haben Stecker mit Sicherungsklammern. Wenn Sie ein solches Kabel abziehen,
driicken Sie vor dem Herausziehen des Steckers die Sicherungsklammern nach innen. Ziehen Sie beim Trennen von
Steckverbindungen die Anschliisse immer gerade heraus, damit Sie keine Anschlussstifte verbiegen. Richten Sie vor
dem Herstellen von Steckverbindungen die Anschliisse stets korrekt aus.

@ ANMERKUNG: Trennen Sie den Computer vom Netz, bevor Sie die Computerabdeckung oder Verkleidungselemente entfernen.
Bringen Sie nach Abschluss der Arbeiten innerhalb des Tablets alle Abdeckungen, Verkleidungselemente und Schrauben wieder an,
bevor Sie das Gerat erneut an das Stromnetz anschlief3en.

@ ANMERKUNG: Die Farbe Ihres Computers und bestimmter Komponenten kann von den in diesem Dokument gezeigten Farben
abweichen.

Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers

1. Speichern und schlief3en Sie alle gedffneten Dateien und beenden Sie alle gedffneten Programme.

2. Fahren Sie den Computer herunter. Klicken Sie auf Start > O Ein/Aus > Herunterfahren.
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@ ANMERKUNG: Wenn Sie ein anderes Betriebssystem benutzen, lesen Sie bitte in der entsprechenden
Betriebssystemdokumentation nach, wie der Computer heruntergefahren wird.

Trennen Sie lhren Computer sowie alle daran angeschlossenen Gerate vom Stromnetz.
Trennen Sie alle angeschlossenen Netzwerkgerate und Peripheriegerate wie z. B. Tastatur, Maus und Monitor vom Computer.
Entfernen Sie alle Medienkarten und optische Datentrager aus dem Computer, falls vorhanden.

oo~ o

Nachdem alle Kabel und Gerate vom Computer getrennt wurden, halten Sie den Betriebsschalter fur finf Sekunden gedriickt, um die
Systemplatine zu erden.
Legen Sie den Computer auf einer ebenen, weichen und sauberen Oberflache ab, um Kratzer auf dem
Bildschirm zu verhindern.

7. Legen Sie den Computer mit der Oberseite nach unten.

Sicherheitsvorkehrungen

Im Kapitel zu den Vorsichtsmaf3nahmen werden die primaren Schritte, die vor der Demontage durchzufihren sind, detailliert beschrieben.

Lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaf3nahmen vor der Durchfihrung von Installations- oder Reparaturverfahren, bei denen es sich um
Demontage oder Neumontage handelt:

e Schalten Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegerate aus.

e Trennen Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegerate von der Netzstromversorgung.
e Trennen Sie alle Netzwerkkabel, Telefon- und Telekommunikationsverbindungen vom System.
[ ]

Verwenden Sie ein ESD-Service-Kit beim Arbeiten im Inneren eines Desktops, um Schaden durch elektrostatische Entladungen (ESD)
zu vermeiden.

Nach dem Entfernen von Systemkomponenten setzen Sie die entfernte Komponente vorsichtig auf eine antistatische Matte.
Tragen Sie Schuhe mit nicht leitenden Gummisohlen, um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren.

Standby-Stromversorgung

Dell-Produkte mit Standby-Stromversorgung mussen vom Strom getrennt sein, bevor das Gehduse gedffnet wird. Systeme mit Standby-
Stromversorgung werden im ausgeschalteten Zustand mit einer minimalen Stromzufuhr versorgt. Durch die interne Stromversorgung kann
das System remote eingeschaltet werden (Wake on LAN), vortbergehend in einen Ruhemodus versetzt werden und verfligt Uber andere
erweiterte Energieverwaltungsfunktionen.

Nach dem Trennen von der Stromversorgung und dem Gedrlckthalten des Betriebsschalters fur 15 Sekunden sollte der Reststrom von
der Systemplatine entladen sein.

Bonding

Bonding ist eine Methode zum Anschlief3en von zwei oder mehreren Erdungsleitern an dieselbe elektrische Spannung. Dies erfolgt durch
die Nutzung eines Field Service Electrostatic Discharge (ESD)-Kits. Stellen Sie beim Anschlief3en eines Bonddrahts sicher, dass er mit
blankem Metall und nicht mit einer lackierten oder nicht metallischen Flache verbunden ist. Das Armband sollte sicher sitzen und sich in
vollem Kontakt mit Ihrer Haut befinden. Entfernen Sie auf3erdem sdmtlichen Schmuck wie Uhren, Armbéander oder Ringe, bevor Sie die
Bonding-Verbindung mit dem Gerate herstellen.

Schutz vor elektrostatischer Entladung

Die elektrostatische Entladung ist beim Umgang mit elektronischen Komponenten, insbesondere empfindlichen Komponenten wie z. B.
Erweiterungskarten, Prozessoren, Speicher-DIMMs und Systemplatinen, ein wichtiges Thema. Sehr leichte Ladungen kénnen Schaltkreise
bereits auf eine Weise schadigen, die eventuell nicht offensichtlich ist (z. B. zeitweilige Probleme oder eine verkirzte Produktlebensdauer).
Da die Branche auf geringeren Leistungsbedarf und héhere Dichte drangt, ist der ESD-Schutz von zunehmender Bedeutung.

Aufgrund der héheren Dichte von Halbleitern, die in aktuellen Produkten von Dell verwendet werden, ist die Empfindlichkeit gegentber
Beschédigungen durch elektrostatische Entladungen inzwischen gréf3er als bei friheren Dell-Produkten. Aus diesem Grund sind einige
zuvor genehmigte Verfahren zur Handhabung von Komponenten nicht mehr anwendbar.

Es gibt zwei anerkannte Arten von Schaden durch elektrostatische Entladung (ESD): katastrophale und gelegentliche Ausfélle.

e Katastrophal: Katastrophale Ausfélle machen etwa 20 Prozent der ESD-bezogenen Ausfélle aus. Der Schaden verursacht einen
sofortigen und kompletten Verlust der Geratefunktion. Ein Beispiel eines katastrophalen Ausfalls ist ein Speicher-DIMM, das
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einen elektrostatischen Schock erhalten hat und sofort das Symptom ,,No POST/No Video® (Kein POST/Kein Video) mit einem
Signaltoncode erzeugt, der im Falle von fehlendem oder nicht funktionsfahigem Speicher ertont.

o Gelegentlich: Gelegentliche Ausfélle machen etwa 80 Prozent der ESD-bezogenen Ausfélle aus. Die hohe Rate gelegentlicher
Ausfalle bedeutet, dass auftretende Schéden in den meisten Féllen nicht sofort zu erkennen sind. Das DIMM erhalt einen
elektrostatischen Schock, aber die Ablaufverfolgung erfolgt nur langsam, sodass nicht sofort ausgehende Symptome im Bezug auf
die Beschéadigung erzeugt werden. Die Verlangsamung der Ablaufverfolgung kann Wochen oder Monate andauern und kann in der
Zwischenzeit zur Verschlechterung der Speicherintegritat, zu zeitweiligen Speicherfehlern usw. fihren.

Gelegentliche Ausfélle (auch bekannt als latente Ausfalle oder ,walking wounded*) sind deutlich schwieriger zu erkennen und zu beheben.

Fdhren Sie die folgenden Schritte durch, um Beschadigungen durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden:

e Verwenden Sie ein kabelgebundenes ESD-Armband, das ordnungsgemaf3 geerdet ist. Die Verwendung von drahtlosen antistatischen
Armbandern ist nicht mehr zulassig; sie bieten keinen ausreichenden Schutz. Das Berthren des Gehduses vor der Handhabung von
Komponenten bietet keinen angemessenen ESD-Schutz auf Teilen mit erhdhter Empfindlichkeit auf ESD-Schaden.

e Arbeiten Sie mit statikempfindlichen Komponenten ausschlief3lich in einer statikfreien Umgebung. Verwenden Sie nach Mdglichkeit
antistatische Bodenmatten und Werkbankunterlagen.

e Beim Auspacken einer statikempfindlichen Komponente aus dem Versandkarton, entfernen Sie die Komponente erst aus der
antistatischen Verpackung, wenn Sie bereit sind, die Komponente tatsachlich zu installieren. Stellen Sie vor dem Entfernen der
antistatischen Verpackung sicher, dass Sie statische Elektrizitat aus Ihrem Kérper ableiten.

e |egen Sie eine statikempfindliche Komponente vor deren Transport in einen antistatischen Behdlter oder eine antistatische
Verpackung.

ESD-Service-Kit

Das nicht kontrollierte Service-Kit ist das am haufigsten verwendete Service-Kit. Jedes Service-Kit beinhaltet drei Hauptkomponenten:
antistatische Matte, Armband, und Bonddraht.

Komponenten eines ESD-Service-Kits

ESD-Service-Kits enthalten folgende Komponenten:

e Antistatische Matte: Die antistatische Matte ist ableitfahig. Wahrend Wartungsverfahren kdnnen Sie Teile darauf ablegen. Wenn
Sie mit einer antistatischen Matte arbeiten, sollte Ihr Armband fest angelegt und der Bonddraht mit der Matte und mit sémtlichen
blanken Metallteilen im System verbunden sein, an denen Sie arbeiten. Nach ordnungsgeméafler Bereitstellung kénnen Ersatzteile aus
dem ESD-Beutel entnommen und auf der Matte platziert werden. ESD-empfindliche Elemente sind sicher geschitzt — in Ihrer Hand,
auf der ESD-Matte, im System oder innerhalb des Beutels.

e Armband und Bonddraht: Das Armband und der Bonddraht kdnnen entweder direkt zwischen Ihrem Handgelenk und blankem
Metall auf der Hardware befestigt werden, falls die ESD-Matte nicht erforderlich ist, oder mit der antistatischen Matte verbunden
werden, sodass Hardware geschiitzt wird, die voribergehend auf der Matte platziert wird. Die physische Verbindung zwischen dem
Armband bzw. dem Bonddraht und lhrer Haut, der ESD-Matte und der Hardware wird als Bonding bezeichnet. Verwenden Sie nur
Service-Kits mit einem Armband, einer Matte und Bonddraht. Verwenden Sie niemals kabellose Armb&nder. Bedenken Sie immer, dass
bei den internen Kabeln eines Erdungsarmbands die Gefahr besteht, dass sie durch normale Abnutzung beschédigt werden, und daher
muUssen Sie regelmaf3ig mit einem Armbandtester geprift werden, um versehentliche ESD-Hardwaresché&den zu vermeiden. Es wird
empfohlen, das Armband und den Bonddraht mindestens einmal pro Woche zu Gberprifen.

e ESD Armbandtester: Die Kabel innerhalb eines ESD-Armbands sind anféllig fir Schéden im Laufe der Zeit. Bei der Verwendung eines
nicht kontrollierten Kits sollten Sie das Armband regelméfig vor jeder Wartungsanfrage bzw. mindestens einmal pro Woche testen.
Ein Armbandtester ist fUr diese Zwecke die beste Losung. Wenn Sie keinen eigenen Armbandtester besitzen, fragen Sie bei lhrem
regionalen Blro nach, ob dieses Uber einen verflgt. Stecken Sie fur den Test den Bonddraht des Armbands in den Tester (wéhrend
das Armband an lhrem Handgelenk angelegt ist) und driicken Sie die Taste zum Testen. Eine grine LED leuchtet auf, wenn der Test
erfolgreich war. Eine rote LED leuchtet auf und ein Alarmton wird ausgegeben, wenn der Test fehlschlégt.

e Isolatorelemente: Es ist sehr wichtig, ESD-empfindliche Gerate, wie z. B. Kunststoff-Kuhlkérpergeh&use, von internen Teilen
fernzuhalten, die Isolatoren und oft stark geladen sind.

e Arbeitsumgebung: Vor der Bereitstellung des ESD-Service-Kits sollten Sie die Situation am Standort des Kunden Uberprifen. Zum
Beispiel unterscheidet sich die Bereitstellung des Kits fir eine Serverumgebung von der Bereitstellung fur eine Desktop-PC- oder
mobile Umgebung. Server werden in der Regel in einem Rack innerhalb eines Rechenzentrums montiert. Desktop-PCs oder tragbare
Gerate befinden sich normalerweise auf Schreibtischen oder an Arbeitsplatzen. Achten Sie stets darauf, dass Sie Uber einen grofden,
offenen, ebenen und Ubersichtlichen Arbeitsbereich mit ausreichend Platz fur die Bereitstellung des ESD-Kits und mit zusétzlichem
Platz fur den jeweiligen Systemtyp verfugen, den Sie reparieren. Der Arbeitsbereich sollte zudem frei von Isolatoren sein, die zu
einem ESD-Ereignis fihren kdnnen. Isolatoren wie z. B. Styropor und andere Kunststoffe sollten vor dem physischen Umgang mit
Hardwarekomponenten im Arbeitsbereich immer mit mindestens 12" bzw. 30 cm Abstand von empfindlichen Teilen platziert werden.

e ESD-Verpackung: Alle ESD-empfindlichen Gerate missen in einer Schutzverpackung zur Vermeidung von elektrostatischer
Aufladung geliefert und empfangen werden. Antistatische Beutel aus Metall werden bevorzugt. Beschédigte Teile sollten Sie
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immer unter Verwendung des gleichen ESD-Beutels und der gleichen ESD-Verpackung zurtickschicken, die auch fur den Versand

des Teils verwendet wurde. Der ESD-Beutel sollte zugefaltet und mit Klebeband verschlossen werden und Sie sollten dasselbe
Schaumstoffverpackungsmaterial verwenden, das in der Originalverpackung des neuen Teils genutzt wurde. ESD-empfindliche Gerate
sollten aus der Verpackung nur an einer ESD-geschitzten Arbeitsflache entnommen werden und Ersatzteile sollte nie auf dem ESD-
Beutel platziert werden, da nur die Innenseite des Beutels abgeschirmt ist. Legen Sie Teile immer in lhre Hand, auf die ESD-Matte, ins
System oder in einen antistatischen Beutel.

e Transport von empfindlichen Komponenten: Wenn empfindliche ESD-Komponenten, wie z. B. Ersatzteile oder Teile, die an Dell
zurlickgesendet werden sollen, transportiert werden, ist es duf3erst wichtig, diese Teile flr den sicheren Transport in antistatischen
Beuteln zu platzieren.

ESD-Schutz — Zusammenfassung

Es wird empfohlen, dass Servicetechniker das herkémmliche verkabelte ESD-Erdungsarmband und die antistatische Matte jederzeit bei
der Wartung von Dell Produkten verwenden. Darlber hinaus ist es duf3erst wichtig, dass Techniker wahrend der Wartung empfindliche
Teile separat von allen Isolatorteilen aufbewahren und dass sie einen antistatischen Beutel fur den Transport empfindlicher Komponenten
verwenden.

Transport empfindlicher Komponenten

Wenn empfindliche ESD-Komponenten, wie z. B. Ersatzteile oder Teile, die an Dell zurickgesendet werden sollen, transportiert werden, ist
es auflerst wichtig, diese Teile fur den sicheren Transport in antistatischen Beuteln zu platzieren.

Hebevorrichtung

Beachten Sie die folgenden Richtlinien beim Heben von schweren Geraten:
Heben Sie nicht schwerer als 50 Pfund. Bitten Sie immer weitere Personen um Hilfe oder verwenden Sie
eine mechanische Hebevorrichtung.

1. Sorgen Sie dafir, dass Sie einen fest Stand haben. Um einen stabilen Stand zu haben, stellen Sie die Fuf3e etwas auseinander und

drehen Sie die Zehen nach auf3en.

2. Spannen Sie die Bauchmuskeln an. Die Bauchmuskulatur unterstttzt den Ricken, wenn Sie etwas anheben, und gleicht so die Last
aus.

8. Heben Sie die Last mit den Beinen, nicht mit dem Rucken.
4. Halten Sie die Last nahe am Korper. Je naher die Last am Rucken ist, desto weniger wird Ihr Ricken belastet.

5. Halten Sie den Rucken immer aufrecht — unabhangig davon, ob Sie die Last anheben oder absetzen. Versuchen Sie, die Last nicht
durch Ihr eigenes Kérpergewicht zu beschweren. Vermeiden Sie es, Ihren Korper oder Riicken zu verdrehen.

6. Befolgen Sie die gleichen Techniken in umgekehrter Reihenfolge zum Abstellen der Last.

Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers

®| ANMERKUNG: Im Inneren des Computers vergessene oder lose Schrauben kénnen den Computer erheblich beschédigen.

1. Bringen Sie alle Schrauben wieder an und stellen Sie sicher, dass sich im Inneren des Computers keine losen Schrauben mehr befinden.

2. Schlief3en Sie alle externen Gerate, Peripheriegerate oder Kabel wieder an, die Sie vor dem Arbeiten an Ihrem Computer entfernt
haben.

3. Setzen Sie alle Medienkarten, Laufwerke oder andere Teile wieder ein, die Sie vor dem Arbeiten an Ihrem Computer entfernt haben.
4. Schlief3en Sie den Computer sowie alle daran angeschlossenen Gerate an das Stromnetz an.
5. Schalten Sie den Computer ein.
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Technologie und Komponenten

Dieses Kapitel erlautert die in dem System verfligbare Technologie und Komponenten.

Themen:

» DDR4

¢ USB-Funktionen

« USBTyp-C

¢ Vorteile von DisplayPort gegentiber USB-Typ C
e HDMI2.0

¢ Intel Optane-Speicher

DDRA4

DDRA4-Speicher (Double Data Rate der vierten Generation) ist der schnellere Nachfolger der DDR2- und DDR3-Technologie und
ermaoglicht bis zu 512 GB Kapazitat im Vergleich zu der maximalen Kapazitat von 128 GB pro DIMM beim DDR3-Speicher. Synchroner
DDRA4-Speicher (Dynamic Random-Access) ist mit einer anderen Passung versehen als SDRAM und DDR. Damit soll verhindert werden,
dass Benutzer den falschen Typ Speicher im System installieren.

DDRA benétigt 20 Prozent weniger Volt bzw. nur 1,2 Volt im Vergleich zu DDR3, der eine Stromversorgung von 1,5 Volt fur den Betrieb
benotigt. DDR4 unterstitzt auch einen neuen Deep-Power-Down-Modus, mit dem das Host-Gerét in den Standby-Modus wechseln kann,
ohne dass der Arbeitsspeicher aktualisiert werden muss. Mit dem Deep-Power-Down-Modus soll der Stromverbrauch im Standby um 40
bis 50 Prozent reduziert werden.

DDR4-Details

Es gibt feine Unterschiede zwischen DDR3- und DDR4-Speichermodulen. Diese werden unten aufgefihrt.
Kerbenunterschied

Die Kerbe auf einem DDR4-Modul ist an einem anderen Ort als die Kerbe auf einem DDR3-Modul. Beide Kerben befinden sich auf der
Einsetzkante, aber beim DDR4 unterscheidet sich die Position der Kerbe leicht. Dadurch soll verhindert werden, dass Module an einer
inkompatiblen Platine oder Plattform installiert werden.

Abbildung 1. Kerbenunterschied

Hohere Starke

DDR4-Module sind etwas dicker als DDR3, sodass mehr Signalebenen méglich sind.
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Abbildung 2. Starkenunterschied

Gebogene Kante

DDRA4-Module haben eine gebogene Kante zur Unterstiitzung beim Einsetzen und zur Verringerung der Beanspruchung der PCB wahrend
der Arbeitsspeicherinstallation.

Abbildung 3. Gebogene Kante

Speicherfehler

Bei Speicherfehlern auf dem System wird der neue ON-FLASH-FLASH- oder ON-FLASH-ON-Fehlercode angezeigt. Wenn alle Speicher
ausfallen, 1asst sich das LCD-Display nicht einschalten. Beheben Sie mogliche Speicherfehler, indem Sie funktionierende Speichermodule in
Speicheranschlissen an der Unterseite des Systems oder unter der Tastatur ausprobieren, wie in einigen tragbaren Systemen.

@ ANMERKUNG: Der DDR4-Speicher ist in die Platine integriert und kein austauschbares DIMM-Modul (siehe Abbildung und
Bezeichnung).

USB-Funktionen

Universal Serial Bus (USB) wurde 1996 eingefihrt. Es hat die Verbindung zwischen Host-Computern und Peripheriegeraten wie
Computerméusen, Tastaturen, externen Laufwerken und Druckern erheblich vereinfacht.

Tabelle 1. USB-Entwicklung

Typ Dateniibertragungsrate Kategorie Einfliihrungsjahr
USB 2.0 480 Mbit/s Hi-Speed 2000

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 | 5 GBit/s SuperSpeed 2010

USB 3.1-Anschlisse 10 Gbit/s SuperSpeed 2013

Gen. 2

USB 4.0/USB 4.1 Gen 1 (SuperSpeed-USB)

Viele Jahre lang war der USB 2.0 in der PC-Welt der Industriestandard fir Schnittstellen. Das zeigen die etwa 6 Milliarden verkauften
Gerate. Der Bedarf an noch gréf3erer Geschwindigkeit ist jedoch durch die immer schneller werdende Computerhardware und die
Nachfrage nach gréf3erer Bandbreiten gestiegen. Der USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 hat endlich die Antwort auf die Anforderungen der
Verbraucher. Er ist theoretisch 10 mal schneller als sein Vorgénger. Eine Ubersicht der USB 3.1 Gen 1-Funktionen:

e Hohere Ubertragungsraten (bis zu 5 Gbit/s)
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Erhdhte maximale Busleistung und erhéhte Geratestromaufnahme, um ressourcenintensiven Geréten besser zu entsprechen
Neue Funktionen zur Energieverwaltung

Vollduplex-Datentiibertragungen und Unterstiitzung fur neue Ubertragungsarten

USB 2.0-Ruckwéartskompatibilitat

Neue Anschlisse und Kabel

In den folgenden Abschnitten werden einige der am haufigsten gestellten Fragen zu USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 behandelt.

SUPERSPEED
—UsB™
USEm

Geschwindigkeit

Die aktuelle USB 3.0 /USB-3.1 Gen-1-Spezifikation definiert drei Geschwindigkeitsmodi: Super-Speed, Hi-Speed und Full-Speed. Der neue
SuperSpeed-Modus hat eine Ubertragungsrate von 4,8 Gbit/s. Die Spezifikation tibernimmt weiterhin die USB-Modi Hi-Speed- und
Full-Speed, die jeweils als USB 2.0 und 1.1 bekannt sind. Die langsameren Modi arbeiten weiterhin bei 480 Mbit/s und 12 Mbit/s und
bewahren ihre Ruckwartskompatibilitat.

Aufgrund der nachstehend aufgefiihrten Anderungen erreicht der USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 wesentlich héhere Leistungen:

Ein zuséatzlicher physischer Bus, der parallel zum vorhandenen USB 2.0-Bus hinzugeftigt wird (siehe Abbildung unten).
USB 2.0 hatte vier Dréhte (Leistung, Masse und zwei fiir differentielle Daten); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ergénzt diese durch vier
weitere Drahte fur zwei Differenzsignale (Empfangen und Ubertragen) zu insgesamt acht Verbindungen in den Anschliissen und
Kabeln.

e USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1 nutzt anstatt der Halb-Duplex -Anordnung von USB 2.0 die bidirektionalen Datenschnittstelle. Das erweitert
die theoretische Bandbreite um das 10-fache.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Mit den heutigen steigenden Anforderungen an Datentbertragungen mit High-Definition-Videoinhalten, Terabyte-Speichergeraten,
digitalen Kameras mit hoher Megapixelanzahl usw. ist USB 2.0 méglicherweise nicht schnell genug. Darlber hinaus kam kein USB
2.0-Anschluss jemals in die N&he des theoretischen maximalen Durchsatzes von 480 Mbit/s mit einer Datentbertragung von etwa
320 Mbit/s (40 MB/s) — das ist der tatsachliche reale Hochstwert. Entsprechend werden die USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1-Verbindungen
niemals 4,8 Gbit/s erreichen. Eine reale maximale Geschwindigkeit von 400 MB/s mit Overheads ist hier wahrscheinlich. Bei dieser
Geschwindigkeit ist USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1 eine Verbesserung um das 10-fache gegentber USB 2.0.

Anwendungen

USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1 6ffnet Wege und bietet Gerdten mehr Raum fur bessere Gesamtfunktionalitat. USB-Video war zuvor was
maximale Auflésung, Latenz und Videokomprimierung anbelangt nicht akzeptabel. Aufgrund der 5 bis 10 mal gréf3eren Bandbreite lassen
sich nun weitaus bessere USB-Videoldsungen vorstellen. Single-link-DV| erfordert einen Durchsatz von nahezu 2 Gbit/s. 480 Mbit/s legte
Beschrankungen auf, 5 Gbit/s ist mehr als vielversprechend. Mit der versprochenen Geschwindigkeit von 4,8 Gbit/s wird der Standard fur
Produkte interessant, die zuvor kein USB-Territorium waren, beispielsweise flr externe RAID-Speichersysteme.

Im Folgenden sind einige der verflgbaren Super-Speed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-Produkte aufgefihrt:
e Externe Desktop-Festplatten mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1
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Portable Festplatten mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1

Dockingstation und Adapter flr Festplatten mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1
Flash-Laufwerke und Reader mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1
Solid-State-Festplatten mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1

RAIDs mit USB 3.0 /USB 3.1 Gen 1

Optische Medien/Laufwerke

Multimedia-Gerate

Netzwerkbetrieb

Adapterkarten & Hubs mit USB 3.0 /USB-3.1Gen 1

Kompatibilitat

Gute Nachrichten: der USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1 wurde von Anfang an so geplant, dass er mit USB 2.0 friedlich koexistieren kann. USB
3.0 /USB-3.1 Gen 1 gibt neue physische Verbindungen an. Daher profitieren neue Kabel von den hoheren Geschwindigkeitsmaglichkeiten
des neuen Protokolls. Der Stecker selbst hat dieselbe rechteckige Form mit vier USB 2.0-Kontakten an derselben Position wie zuvor.

In den USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1-Kabeln befinden sich finf neue Verbindungen, tUber die Daten unabhangig voneinander empfangen und
Ubertragen werden. Sie kommen nur in Kontakt, wenn sie an eine SuperSpeed USB-Verbindung angeschlossen werden.

USB Typ-C

USB-Typ C ist ein neuer, extrem kleiner physischer Anschluss. Der Anschluss selbst kann viele verschiedene neue USB-Standards wie
USB 3.1 und USB Power Delivery (USB-PD) unterstutzen.

Abwechselnder Modus

USB-Typ C ist ein neuer, extrem kleiner Anschlussstandard. Er ist um zwei Drittel kleiner als der altere USB-Typ-A-Anschluss. Es
handelt sich um einen einzelnen Anschlussstandard, der mit jeder Art von Gerat kompatibel sein sollte. USB-Typ-C-Ports kénnen
unter Verwendung von ,alternativen Modi“ eine Vielzahl verschiedener Protokolle unterstitzen, wodurch Uber Adapter HDMI-, VGA-,
DisplayPort-, oder andere Arten von Verbindungen von diesem einzelnen USB-Port ausgegeben werden kénnen.

USB Power Delivery

Die USB Power Delivery-Spezifikation ist ebenfalls eng mit USB-Typ C verbunden. Aktuell werden Smartphones, Tablets und andere
Mobilgerate oftmals Uber eine USB-Verbindung aufgeladen. Mit einem USB 2.0-Anschluss kénnen bis zu 2,5 Watt Strom bereitgestellt
werden — ausreichend flr ein Smartphone, aber wenig mehr. Fur ein Notebook werden maglicherweise bis zu 60 Watt benétigt. Durch
die USB Power Delivery-Spezifikation wird diese Leistung auf 100 Watt erhéht. Sie ist in beide Richtungen einsetzbar, sodass ein Gerat
entweder Strom empfangen oder senden kann. Diese StromUbertragung kann gleichzeitig zu einer laufenden Datenlbertragung tUber
denselben Anschluss erfolgen.

Dies kdnnte das Ende der vielen herstellereigenen Notebook-Ladekabel bedeuten, da nun die Méglichkeit besteht, alle Geréate Uber

eine USB-Standardverbindung aufzuladen. Notebooks kénnten Uber die tragbaren Akkusétze aufgeladen werden, die derzeit schon bei
Smartphones Verwendung finden. Man koénnte ein Notebook an ein externes Display anschlief3en, das wiederum mit dem Stromnetz
verbunden ist, und das Display wirde wahrend des Betriebs das Notebook aufladen — das alles geschieht Uber den kleinen USB-Typ-C-
Stecker. Fir diese Funktion missen sowohl das Geréat als auch das Kabel USB Power Delivery unterstitzen. Diese missen Uber einen
USB-Typ-C-Anschluss verfugen.

USB Typ-C und USB 3.1

USB 3.1ist ein neuer USB-Standard. Die theoretische Bandbreite von USB 3 betragt 5 Gbit/s und ist damit identisch mit USB 3.1

Gen 1; bei USB 3.1 Gen 2 betragt die Bandbreite jedoch 10 Gbit/s. Das ist die doppelte Bandbreite bei einer Geschwindigkeit eines
Thunderbolt-Anschlusses der ersten Generation. USB-Typ C ist nicht identisch mit USB 3.1. USB-Typ C ist nur eine Steckerausfiihrung
und die zugrunde liegende Technologie kann USB 2 oder USB 3.0 sein. Beispielsweise nutzt Nokia fir sein N1 Android-Tablet einen
USB-Typ-C-Anschluss, aber die Technologie ist USB 2.0 — nicht einmal USB 3.0. Diese Technologien haben jedoch viel gemeinsam.
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Vorteile von DisplayPort gegenuiber USB-Typ C

Vollstandige DisplayPort-Audio/Video-Leistung (bis zu 4K bei 60 Hz)
Umkehrbare Steckerausrichtung und Kabelrichtung

Abwartskompatibel mit VGA und DVI mit Adaptern

SuperSpeed USB (USB 3.1)-Daten

Unterstltzung fir HDMI 2.0a und abwértskompatibel mit friheren Versionen

HDMI 2.0

Dieser Abschnitt erlautert die HDMI 2.0-Schnittstelle und ihre Funktionen zusammen mit den Vorteilen.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine von der Branche unterstitzte, unkomprimierte und vollsténdig digitale Audio-/
Videoschnittstelle. HDMI bietet eine Schnittstelle zwischen einer kompatiblen digitalen Audio-/Videoquelle, wie z. B. einem DVD-Player
oder einem A/V-Receiver und einem kompatiblen digitalen Audio- und/oder Videobildschirm, wie z. B. einem digitalen TV-Geréat (DTV).
HDMl ist fur die Verwendung mit Fernsehgeraten und DVD-Playern vorgesehen. Die Hauptvorteile sind weniger Verkabelungsaufwand
und Vorkehrungen zum Schutz von Inhalten. HDMI unterstiitzt Standard, Enhanced oder High-Definition Video sowie mehrkanalféhiges
Digital-Audio Uber ein einziges Kabel.

HDMI 2.0-Funktionen

e HDMI-Ethernet-Kanal - Fugt Hochgeschwindigkeits-Netzwerkbetrieb zu einer HDMI-Verbindung hinzu, damit Benutzer ihre IP-
fahigen Gerate ohne separates Ethernet-Kabel in vollem Umfang nutzen kénnen

e Audioriickkanal - Ermdglicht einem HDMI-verbundenen Fernseher mit eingebautem Tuner, Audiodaten ,vorgeschaltet” an ein
Surround-Audiosystem zu senden, wodurch ein separates Audiokabel UberflUssig ist

e 3D - Definiert Eingabe-/Ausgabeprotokolle fur wichtige 3D-Videoformate, was den echten 3D-Spielen und 3D-Heimkino-
Anwendungen den Weg ebnet

e Inhaltstyp - Echtzeit-Signalisierung von Inhaltstypen zwischen Anzeige- und Quellgeraten, wodurch ein Fernsehgerat
Bildeinstellungen basierend auf Inhaltstypen optimieren kann

e Zusétzliche Farbraume - Fugt Unterstitzung fur weitere Farbmodelle hinzu, die in der Digitalfotografie und Computergrafik
verwendet werden

e 4K-Support — Ermdglicht Video-Auflésungen weit Gber 1080p und unterstitzt somit Bildschirme der ndchsten Generation, welche
den Digital Cinema-Systemen gleichkommen, die in vielen kommerziellen Kinos verwendet werden

e HDMI-Mikro-Anschluss - Ein neuer, kleinerer Anschluss fir Telefone und andere tragbare Gerate, der Video-Auflésungen bis zu
1080p unterstitzt

o Fahrzeug-Anschlusssystem - Neue Kabel und Anschlisse fur Fahrzeug-Videosysteme, die speziell fur die einzigarten
Anforderungen des Fahrumfeldes entworfen wurden und gleichzeitig echte HD-Qualitat liefern

Vorteile von HDMI

Qualitdts-HDMI Ubertragt unkomprimiertes digitales Audio und Video bei héchster, gestochen scharfer Bildqualitat.
Kostenglnstige HDMI bietet die Qualitdt und Funktionalitét einer digitalen Schnittstelle, wéhrend sie auch unkomprimierte
Videoformate in einer einfachen, kosteneffektiven Weise unterstutzt.

e Audio-HDMI unterstitzt mehrere Audioformate, von Standard-Stereo bis hin zu mehrkanaligem Surround-Sound

HDMI kombiniert Video und Mehrkanalaudio in einem einzigen Kabel, wodurch Kosten, Komplexitdt und das Durcheinander von
mehreren Kabeln, die derzeit in AV-Systemen verwendet werden, wegfallen.

e HDMI unterstiitzt die Kommunikation zwischen der Videoquelle (wie z. B. einem DVD-Player) und dem DTV, und erméglicht dadurch
neue Funktionen.

Intel Optane-Speicher

Intel Optane-Speicher fungiert nur als Speicherbeschleuniger. Er ersetzt weder den im Computer installierten Arbeitsspeicher noch sorgt
er flr zusatzlichen Arbeitsspeicher.

®| ANMERKUNG: Intel Optane-Speicher wird auf Computern unterstitzt, die die folgenden Anforderungen erflllen:

Technologie und Komponenten
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o Intel Core i3/i5/i7-Prozessor der 7. Generation oder héher
e Windows 10 (64 Bit) Version 1607 oder hdher
e Treiberversion 15.9.1.1018 oder hoher fur Intel Rapid-Storage-Technik

Tabelle 2. Intel Optane-Speicher — Technische Daten

Komponente/Merkmal Technische Daten

Schnittstelle PCle 3x2, NVMe 1.1

Anschluss M.2-Kartensteckplatz (2230/2280)

Unterstltzte Konfigurationen e Intel Core i3/i5/i7-Prozessor der 7. Generation oder héher

Windows 10 (64 Bit) Version 1607 oder hoher

Treiberversion 15.9.1.1018 oder hoéher flr Intel Rapid-Storage-
Technik

Kapazitat 32 GB

Aktivieren des Intel Optane-Speichers

FN NN

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Suchfeld und geben Sie ,,Intel Rapid Storage Technology“ ein.
Klicken Sie auf Intel Rapid Storage Technology.
Klicken Sie auf der Registerkarte Intel Optane-Speicher auf Enable (Aktivieren), um den Intel Optane-Speicher zu aktivieren.

Wahlen Sie im Warnfenster ein kompatibles, schnelles Laufwerk aus und klicken Sie dann auf Yes (Ja), um mit der Deaktivierung des
Intel Optane-Speichers fortzufahren.

Klicken Sie auf Intel Optane-Speicher > Reboot (Neustart), um den Intel Optane-Speicher zu aktivieren.

@ ANMERKUNG: Es kdnnen nach der Aktivierung bis zu drei weitere Starts erforderlich sein, bevor die vollstandigen
Leistungsvorteile ersichtlich sind.

Deaktivieren des Intel Optane-Speichers

Deinstallieren Sie nach der Deaktivierung des Intel Optane-Speichers den Treiber fiir Intel Rapid Storage
Technology nicht, da dies zu einem Bluescreen-Fehler fiihrt. Sie konnen die Benutzeroberflache der Intel Rapid Storage
Technology entfernen, ohne den Treiber zu deinstallieren.

@ ANMERKUNG: Das Deaktivieren des Intel Optane-Speichers ist erforderlich, bevor Sie das SATA-Speichergerat, das durch das Intel

Ao 2

14

Optane-Speichermodul beschleunigt wird, aus dem Computer entfernen.

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Suchfeld und geben Sie ,,Intel Rapid Storage Technology“ ein.
Klicken Sie auf Intel Rapid Storage Technology. Das Fenster Intel Rapid Storage Technology wird angezeigt.
Klicken Sie auf der Registerkarte Intel Optane-Speicher auf Disable (Deaktivieren), um den Intel Optane-Speicher zu deaktivieren.

Klicken Sie auf Yes (Ja), wenn Sie die Warnung bestatigen mochten.
Der Fortschritt der Deaktivierung wird angezeigt.

Klicken Sie auf Reboot (Neustart), um den Intel Optane-Speicher vollstdndig zu deinstallieren, und starten Sie den Computer neu.
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Entfernen und Einbauen von Komponenten

®

Konfiguration.

Themen:

*  Seitenabdeckung

*  Erweiterungskarte

*  Knopfzellenbatterie

. Festplattenbaugruppe
¢ Festplattenlaufwerk

. Blende

¢ Festplatte und optisches Laufwerksmodul
*  Optisches Laufwerk

e Speichermodul

*  Kuhlkdrperlufter

e Kuhlkérperbaugruppe
*  Eingriffschalter

. Netzschalter

*  Prozessor

e M.2-PCle-SSD

¢ Netzteil

*  lautsprecher

. Systemplatine

Seitenabdeckung

Entfernen der Seitenabdeckung

ANMERKUNG: Die Abbildungen in diesem Dokument kénnen von Ihrem Computer abweichen, je nach der von Ihnen bestellten

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

2. So entfernen Sie die Abdeckung:

a. Schieben Sie den Freigabehebel auf der Rickseite des Systems, bis er einrastet, um die Seitenabdeckung zu entriegeln [1].

b. Verschieben Sie die Seitenabdeckung und heben Sie sie vom System ab [ 2].

Entfernen und Einbauen von Komponenten
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Anbringen der Seitenabdeckung

1. Legen Sie die Abdeckung auf das System und verschieben Sie sie, bis sie einrastet [1].
2. Die Seitenabdeckung wird automatisch mit dem Freigabehebel am System befestigt [2].
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3. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Erweiterungskarte

Entfernen der Erweiterungskarte

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.
3. So entfernen Sie die Erweiterungskarte:

a. Ziehen Sie an der Metalllasche, um die Verriegelung der Erweiterungskarte zu 6ffnen [1].

b. Ziehen Sie an der Freigabelasche unten auf der Erweiterungskarte [2].

®| ANMERKUNG: Gilt fir x16-Kartensteckplatz; x1-Karte hat keine Freigabelasche.

¢. Trennen die Erweiterungskarte vom Anschluss auf der Systemplatine und heben Sie sie heraus [3].
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Installieren der Erweiterungskarte

1. @ ANMERKUNG: Um die PCle-Halterung zu entfernen, dricken Sie die Halterung auf der Innenseite des Computers nach oben,
um sie zu 16sen, und heben Sie die Halterung aus dem Computer heraus.
Schieben Sie einen Schraubenzieher in das Loch einer PCle-Halterung, driicken Sie fest darauf, um die Halterung zu I6sen [3], und
heben Sie dann die Halterung aus dem Computer heraus.
2. Setzen Sie die Erweiterungskarte in den Anschluss auf der Systemplatine ein [1].
3. Drucken Sie auf die Erweiterungskarte, bis sie einrastet [2].
4. Schlief3en Sie die Verriegelung der Erweiterungskarte und driicken Sie darauf, bis sie einrastet [3].
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5. Installieren Sie die Seitenabdeckung.
6. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Knopfzellenbatterie

Entfernen der Knopfzellenbatterie

Durch das Entfernen der Knopfzellenbatterie wird die Hauptplatine eventuell zuriickgesetzt.

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Seitenabdeckung

b. Erweiterungskarte
3. So entfernen Sie die Knopfzellenbatterie:

a. Drucken Sie mit dem Kunststoffanreif3er auf den Freigabehebel, bis die Knopfzellenbatterie herausspringt [1].
b. Entfernen Sie die Knopfzellenbatterie aus dem System [2].

Entfernen und Einbauen von Komponenten
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Einsetzen der Knopfzellenbatterie

1. Setzen Sie die Knopfzellenbatterie mit dem +-Zeichen nach oben in den entsprechenden Steckplatz auf der Systemplatine ein [1].
2. Drucken Sie die Batterie in den Anschluss, bis sie einrastet [2,3].
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3. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. Erweiterungskarten
b. Seitenabdeckung

4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Festplattenbaugruppe

Entfernen der Festplattenbaugruppe

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.
8. So entfernen Sie das Festplattenlaufwerk:

a. Trennen Sie das Datenkabel und das Netzkabel des Festplattenlaufwerks von den Anschlissen auf dem Festplattenlaufwerk [1, 2].
b. Dricken Sie auf die Freigabelasche und nehmen Sie die Festplattenbaugruppe aus dem System heraus [3].
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Einbauen der Festplattenbaugruppe

1. Setzen Sie die Festplattenbaugruppe in den Steckplatz auf dem System ein [1].
2. Schlief3en Sie das Netzkabel und das Festplattenlaufwerkkabel an den Anschluss auf dem Festplattenlaufwerk an [2,3].
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3. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Festplattenlaufwerk

Entfernen des Festplattenlaufwerks

@ ANMERKUNG: Bei Konfigurationen mit 3,5-Zoll-HDD befolgen Sie das gleiche Verfahren zum Entfernen der Festplatte aus ihrer
Halterung.

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
a. Seitenabdeckung
b. Festplattenbaugruppe

3. Biegen Sie die Festplattenhalterung seitlich nach auf3en [1], heben Sie das Festplattenlaufwerk [2] und ziehen Sie es aus der Halterung
(3].
@ ANMERKUNG: Befolgen Sie das gleiche Verfahren zum Entfernen einer anderen 2,5-Zoll-Festplatte auf der anderen Seite der

Halterung.
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Einsetzen des Festplattenlaufwerks

®

ANMERKUNG: Bei Konfigurationen mit 3,5-Zoll-HDD befolgen Sie das gleiche Verfahren zum Einbauen der Festplatte in ihre
Halterung.

1. Setzen Sie die Stifte auf der Festplattenlaufwerkhalterung in die Locher auf einer Seite des Festplattenlaufwerks ein [1], und setzen
Sie das Festplattenlaufwerk in die Halterung ein, sodass die Stifte auf der anderen Seite der Halterung an den Léchern auf der
Festplatte ausgerichtet sind [2].

®

ANMERKUNG: Befolgen Sie das gleiche Verfahren zum Einbauen einer anderen 2,5-Zoll-Festplatte auf der anderen Seite der
Halterung.

2. Bauen Sie folgende Komponenten ein:

a. HDD-Baugruppe
b. Seitenabdeckung

3. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Blende

Entfernen der Frontverkleidung

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung.
3. So entfernen Sie die Frontverkleidung:

a. Hebeln Sie die Halteklammern aus, um die Frontverkleidung vom System zu I6sen.
b. Entfernen Sie die Frontverkleidung vom System.
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Installieren der Frontverkleidung

1. Richten Sie die Blende aus und setzen Sie die Halteklammern auf der Blende in die Steckplatze im System ein.
2. Drlcken Sie auf die Blende, bis die Laschen einrasten.
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3. Bringen Sie die Seitenabdeckung an.
4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Festplatte und optisches Laufwerksmodul

Entfernen des Festplatten- und optischen Laufwerksmoduls

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Seitenabdeckung
b. Frontblende
c. HDD-Einheit

3. So entriegeln Sie das Festplatten- und optische Laufwerksmodul:

a. Entfernen Sie die Kabel des optischen Laufwerks [1] und des Festplattenlaufwerks [2] aus der Halteklammer bzw. der HDD-ODD-
Freigabelasche.
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b. Verschieben Sie die Freigabelasche, um das Festplatten- und optische Modul zu entriegeln [1].

C. Heben Sie das Festplatten- und optische Modul an [2].

27
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4. So entfernen Sie das Festplatten- und optische Laufwerksmodul:

a. Trennen Sie das Datenkabel und das Netzkabel des optischen Laufwerks von den Anschlissen auf dem optischen Laufwerk [1, 2].
b. Verschieben das Festplatten- und optische Laufwerksmodul und heben Sie es aus dem System [3].
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Einbauen des Festplatten- und optischen Laufwerksmoduls

1. Setzen Sie die Haltezungen auf dem Festplatten- und optischen Laufwerksmodul in den Steckplatz auf dem System in einem Winkel
von 30 Grad ein [1].

2. Schlief3en Sie das Datenkabel und das Netzkabel des optischen Laufwerks an die Anschlisse auf dem optischen Laufwerk an [2, 3].
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3. Setzen Sie das Festplatten- und optische Laufwerksmodul in den entsprechenden Steckplatz ein [1].
4. Verschieben Sie die Freigabelasche, um das Modul zu verriegeln [2].
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Entfernen und Einbauen von Komponenten

5. Fuhren Sie die Daten- und Netzkabel des Festplattenlaufwerks durch die HDD-ODD-Freigabelasche [1].

6. Fuhren Sie die Daten- und Netzkabel des optischen Laufwerks durch die Halteklammern [2].



7. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. HDD-Einheit
b. Frontblende
¢. Seitenabdeckung
8. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Optisches Laufwerk

Entfernen des optischen Laufwerks

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Seitenabdeckung
b. Frontblende

3. So entfernen Sie das optische Laufwerk:
a. Trennen Sie das Datenkabel und das Netzkabel des Festplattenlaufwerks von den Anschlissen auf dem Festplattenlaufwerk [1, 2].
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b. Verschieben Sie die Freigabelasche, um das Festplatten- und optische Modul zu entriegeln [1].
C. Heben Sie das Festplatten- und optische Modul an [2].
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d. Trennen Sie das Datenkabel und Netzkabel des optischen Laufwerks von den Anschliissen auf dem optischen Laufwerk [1, 2] und

senken Sie das Festplatten- und optische Modul, bis es fest sitzt.
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e. Drucken Sie auf den Freigabehebel auf dem optische Laufwerk [1] und ziehen Sie das optische Laufwerk aus dem System heraus

(3l
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Installieren des optischen Laufwerks

1. Schieben Sie das optische Laufwerk in den entsprechenden Steckplatz im System [1].
2. Verschieben Sie die Freigabelasche, um das Festplatten- und optische Laufwerksmodul zu entriegeln [2].
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3. Heben Sie das Festplatten- und optische Laufwerksmodul [1] an und schlief3en Sie das Datenkabel und das Netzkabel des optischen

3].

Laufwerks an den Anschlissen auf dem optischen Laufwerk an [2

37
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4. Schlief3en das Datenkabel und das Netzkabel des Festplattenlaufwerks an den Anschliissen auf dem Festplattenlaufwerk an [1,2].
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B. Verschieben Sie die Freigabelasche, um das Modul zu verriegeln [2].

6. Bauen Sie folgende Komponenten ein:

a.
b.

Frontblende
Seitenabdeckung

7. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Speichermodul

Entfernen des Speichermoduls

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a.
b.
c.
d.

Seitenabdeckung

Frontblende

HDD-Einheit

Festplatten- und optisches Laufwerksmodul

3. So entfernen Sie das Speicher-Modul:

a.
b.

Ldsen Sie die Haltezungen von beiden Seiten, um das Speichermodul aus dem Anschluss zu heben [1].
Entfernen Sie das Speichermodul von der Systemplatine [2].

Entfernen und Einbauen von Komponenten
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Einsetzen des Speichermoduls

1. Richten Sie die Kerbe am Speichermodul an der Lasche des Speichermodul-Anschlusses aus.
2. Setzen Sie das Speichermodul in den Speichermodulsockel ein [1].
3. Drucken Sie auf das Speichermodul, bis die Speichermodul-Haltezungen einrasten [2].
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4. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. Festplatten- und optisches Laufwerksmodul
b. HDD-Einheit
c. Frontblende
d. Seitenabdeckung
5. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Kuhlkorperlufter

Entfernen des Kuhlkorperlufters

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Seitenabdeckung

b. Frontblende

c. HDD-Baugruppe

d. Festplatte und optisches Laufwerksmodul
3. So entfernen Sie den Kuhlkérperlufter:

a. Trennen Sie das Lifterkabel des Kihlkdrpers vom Anschluss auf der Systemplatine [1].
b. Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen der Kuhlkorperltfter am Kuhlkdrper befestigt ist [2].
c. Heben Sie den Kuhlkdrperlifter aus dem Computer heraus [3].
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Einbauen des Kuhlkorperlufters

1. Richten Sie den Kuhlkérperlufter an der Kuhlkdrperbaugruppe aus [1].
2. Bringen Sie die drei Schrauben wieder an, mit denen der Kuhlkérperlifter an der Kuhlkérperbaugruppe befestigt wird [2].
3. Verbinden Sie das Kabel des Kuhlkdrperlifters mit dem Anschluss auf der Systemplatine [3].
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4. Bauen Sie folgende Komponenten ein:

a. Festplatte und optisches Laufwerksmodul
b. HDD-Baugruppe

c. Frontblende

d. Seitenabdeckung

5. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel After working inside your computer (Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

Kuhlkorperbaugruppe

Entfernen der Kuhlkorperbaugruppe

1. Folgen Sie den Anweisungen unter \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
a. Seitenabdeckung
b. Frontblende
c. HDD-Einheit
d. Festplatten- und optisches Laufwerksmodul
3. So entfernen Sie die Kiihlkérperbaugruppe:
a. Trennen Sie das Lufterkabel der Kuhlkérperbaugruppe vom Anschluss auf der Systemplatine [1].

b. Ldsen Sie die vier unverlierbaren Schrauben, mit denen die Kihlkérper-/Lifterbaugruppe [2] befestigt ist, und heben Sie sie aus
dem System [3].
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®| ANMERKUNG: Losen Sie die Schrauben in der auf der Systemplatine angegebenen Reihenfolge (1,2,3,4).

Einbauen der Kuhlkorperbaugruppe

1. Richten Sie die Kuhlkérperbaugruppe am Prozessor aus [1].
2. Ziehen Sie die vier unverlierbaren Schrauben fest, um die Kihlkdrperbaugruppe an der Systemplatine zu befestigen [2].

®| ANMERKUNG: Ziehen Sie die Schrauben in sequenzieller Reihenfolge (1,2,3,4), wie auf der Systemplatine angegeben, fest.

3. Verbinden Sie das Lufterkabel der Kihlkérperbaugruppe mit dem Anschluss auf der Systemplatine [3].
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4. Bauen Sie folgende Komponenten ein:

a. Festplatten- und optisches Laufwerksmodul
b. HDD-Einheit

c. Frontblende

d. Seitenabdeckung

5. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Eingriffschalter

Entfernen des Eingriffsschalters

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

Seitenabdeckung

Frontblende

HDD-Einheit

Festplatten- und optisches Laufwerksmodul

Kuhlkoérperbaugruppe

a0 oo

8. So entfernen Sie den Eingriffsschalter:

a. Trennen Sie das Kabel des Eingriffsschalters vom Anschluss auf der Systemplatine [1].
b. Verschieben Sie den Eingriffsschalter und heben Sie ihn aus dem System heraus [2].

Entfernen und Einbauen von Komponenten
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Installieren des Eingriffsschalters

1. Setzen Sie den Eingriffsschalter in den Steckplatz im Gehause ein [1].
2. Schlief3en Sie das Kabel des Eingriffsschalters an der Systemplatine an [2].
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3. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
Kuhlkoérperbaugruppe

Festplatten- und optisches Laufwerksmodul
HDD-Einheit

Frontblende

Seitenabdeckung

®ap oo

4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Netzschalter

Entfernen des Netzschalters

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Seitenabdeckung

b. Frontblende

c. HDD-Einheit

d. Festplatten- und optisches Laufwerksmodul

3. So entfernen Sie den Netzschalter:

a. Trennen Sie das Netzschalterkabel von der Systemplatine [1].
b. Dricken Sie auf die Netzschalter-Haltezungen und ziehen Sie den Netzschalter aus dem System [2] [3].
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Einbauen des Betriebsschalters

1. Schieben Sie das Netzschaltermodul in den Steckplatz am Gehause, bis es einrastet [1, 2].
2. Schlief3en Sie das Netzschalterkabel an den Anschluss auf der Systemplatine an [3].
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3. Bauen Sie folgende Komponenten ein:

a. Festplatten- und optisches Laufwerksmodul
b. HDD-Einheit

c. Frontblende

d. Seitenabdeckung

4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Prozessor

Entfernen des Prozessors

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

Seitenabdeckung

Frontblende

HDD-Baugruppe

Festplattenlaufwerk und optisches Laufwerksmodul

Kuhlkdrperbaugruppe

a0 oo

3. So entfernen Sie den Prozessor:

a. Losen Sie den Sockelhebel, indem Sie den Hebel nach unten und unter der Lasche an der Prozessorabdeckung hervorziehen [1].
b. Heben Sie den Hebel nach oben und heben Sie die Prozessorabdeckung an [2].
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Die Kontaktstifte des Prozessorsockels sind empfindlich und konnen dauerhaft beschadigt werden.
Achten Sie sorgfiltig darauf, die Kontaktstifte des Prozessorsockels beim Entfernen des Prozessors aus dem
Sockel nicht zu verbiegen.

c. Heben Sie den Prozessor aus dem Sockel [3].

@ ANMERKUNG: Nachdem Sie den Prozessor entfernt haben, legen Sie ihn in einen antistatischen Behalter zur
Wiederverwendung, zur Rucksendung oder zur vorUbergehenden Lagerung. BerUhren Sie nicht die Unterseite des Prozessors,
um Beschadigungen der Prozessorkontakte zu vermeiden. Fassen Sie den Prozessor nur an den seitlichen Kanten an.

Einbauen des Prozessors

1. Setzen Sie den Prozessor so in den Sockel ein, dass die Steckplétze am Prozessor an den Sockelpassungen ausgerichtet sind [1].

Die Kontaktstift-1-Ecke des Prozessors weist ein Dreiecksymbol auf, das an dem Dreiecksymbol auf der
Kontaktstift-1-Ecke des Prozessorsockels ausgerichtet werden muss. Wenn der Prozessor korrekt eingesetzt ist,
befinden sich alle vier Ecken auf gleicher Hohe. Wenn eine oder mehrere Ecken des Moduls h6her als andere liegen,
ist der Prozessor falsch eingesetzt.

2. Schlief3en Sie die Prozessorabdeckung, indem Sie sie unter die Verschlussschraube schieben [2].
3. Senken Sie den Sockelhebel und dricken Sie ihn unter die Lasche, um ihn zu verriegeln [3].
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Entfernen der M.2-PCle-SSD-Karte

@lANMERKUNG: Die Anweisungen gelten auch fir die M.2-SATA-SSD-Karte.

1.

2,

Bauen Sie folgende Komponenten ein:

®Papoo

Kuhlkérperbaugruppe

Festplatten- und optisches Laufwerksmodul
HDD-Einheit

Frontblende

Seitenabdeckung

Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

M.2-PCle-SSD

Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Entfernen Sie folgende Komponenten:

a.

oo yoT

Seitenabdeckung

Frontblende

HDD-Einheit

Festplatten- und optisches Laufwerksmodul
Kuhlkoérperbaugruppe

Entfernen und Einbauen von Komponenten
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3. So entfernen Sie die M.2-PCle-SSD-Karte:
a. Entfernen Sie die Schraube (M2x3.5), mit der die M.2-PCle-SSD-Karte an der Systemplatine befestigt ist [1].
b. Heben die PCle-SSD-Karte an und ziehen Sie sie aus dem Anschluss auf der Systemplatine [2].
¢. Entfernen Sie das SSD-Thermopad [3].

Installieren der M.2-PCle-SSD-Karte

@lANMERKUNG: Die Anweisungen gelten auch fir die M.2-SATA-SSD-Karte.

1. Legen Sie das SSD-Thermopad in den Steckplatz auf der Systemplatine ein [1].
2. Setzen Sie die M.2-PCle-SSD-Karte in den Anschluss auf der Systemplatine ein [2].
3. Befestigen Sie die M.2-PCle-SSD-Karte mit der Schraube (M2x3.5) an der Systemplatine [3].
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4. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
Kuhlkorperbaugruppe

Festplatten- und optisches Laufwerksmodul
HDD-Einheit

Frontblende

Seitenabdeckung

®ap oo

B. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Netzteil

Entfernen des Netzteils (PSU)

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
a. Seitenabdeckung
Frontblende
HDD-Einheit
Festplatten- und optisches Laufwerksmodul
Kuhlkdrperbaugruppe

N
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3. So lésen Sie das Netzteil:

a. Trennen Sie das CPU-Netzkabel von der Systemplatine [1].
b. Ldsen Sie das Netzkabel aus den Halteklammern auf dem Gehé&use [2].

4. So entfernen Sie das Netzteil:
a. Entfernen Sie die 3 Schrauben, mit denen das Netzteil am System befestigt ist [1].
Trennen Sie das Systemnetzkabel vom Anschluss auf der Systemplatine [2].
Nehmen Sie die Kabel aus dem System heraus [3].
Dricken Sie auf die blaue Freigabelasche [4] am hinteren Ende des Netzteils, verschieben Sie das Netzteil und heben Sie es aus
dem System [5].

aoo

54 Entfernen und Einbauen von Komponenten



Installieren des Netzteils (PSU)

Setzen Sie das Netzteil in das Gehause ein und verschieben Sie es in Richtung der Riickseite des Systems, um es zu befestigen [1, 2].
Fihren Sie das Systemnetzkabel durch die Halteklammern [3].

Schlief3en Sie das Netzkabel an den Anschluss auf der Systemplatine an [4].
Befestigen Sie das Netzteil mit den Schrauben an der Rickseite des Systemgehauses [5].

NN
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5. Fdhren Sie das CPU-Netzkabel durch die Halteklammern [1].

6. Schlief3en Sie das CPU-Netzkabel an den Anschluss auf der Systemplatine an [2].

Entfernen und Einbauen von Komponenten
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7. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
Kuhlkoérperbaugruppe

Festplatten- und optisches Laufwerksmodul
HDD-Einheit

Frontblende

Seitenabdeckung

®Papoo

8. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Lautsprecher

Entfernen des Lautsprechers

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Seitenabdeckung

b. Frontblende

c. HDD-Einheit

d. Festplatten- und optisches Laufwerksmodul
8. So entfernen Sie den Lautsprecher:

a. Trennen Sie das Lautsprecherkabel vom Anschluss auf der Systemplatine [1].
b. Dricken Sie auf die Freigabelasche [2] und ziehen Sie den Lautsprecher aus dem System [3].

Entfernen und Einbauen von Komponenten
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Einbauen des Lautsprechers

1. Setzen Sie den Lautsprecher in den Steckplatz im Systemgeh&use ein und driicken Sie darauf, bis er einrastet [1, 2].
2. Schlief3en Sie das Lautsprecherkabel an den Anschluss auf der Systemplatine an [3].
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3. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. Festplatten- und optisches Laufwerksmodul
b. HDD-Einheit
c. Frontblende
d. Seitenabdeckung
4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Systemplatine

Entfernen der Systemplatine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
Seitenabdeckung

Knopfzelle

Frontblende

HDD-Baugruppe

Festplattenlaufwerk und optisches Laufwerksmodul
Kuhlkoérperbaugruppe

Prozessor

Speichermodul

M.2 PCle SSD

8. Trennen Sie die folgenden Kabel:

" TQ o a0DToe

a. Eingriffschalter
b. Netzschalter
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4. So entfernen Sie die E/A-Leiste:
a. Entfernen Sie die Schraube, mit der die E/A-Leiste befestigt ist [1].
b. Drehen Sie die E/A-Leiste und entfernen Sie sie aus dem System [2].

¢. Trennen Sie das Datenkabel des Festplattenlaufwerks [3], das Datenkabel des optischen Laufwerks [4] und das Stromkabel [5] von
den AnschlUssen auf der Systemplatine.

5. Trennen Sie die folgenden Kabel von den Anschliissen auf der Systemplatine:

a. Eingriffschalter [1]
b. CPU-Stromversorgung [2]
c. Netzschalter [3]

6. Losen Sie die Netzteilkabel aus den Halteklammern [4].
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7. So entfernen Sie die Schrauben von der Systemplatine:
a. Entfernen Sie die 5 Schrauben , mit denen die Systemplatine am Gehause befestigt ist [1].

b. Entfernen Sie die einzelne Schraube, die als Montagepunkt fur das M.2-SSD-Laufwerk [2] verwendet wird, und die einzelne
Abstandsschraube (#6-32) [3], mit der die Systemplatine am System befestigt ist [3].
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8. So entfernen Sie die Systemplatine:
a. Heben und schieben Sie die Systemplatine aus dem System [1, 2].
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Einbauen der Systemplatine

1. Fassen Sie die Systemplatine an den Randern an und richten Sie sie zur GehduserUckseite aus.

2. Senken Sie die Systemplatine in das Gehause ab, bis die Anschllsse auf der Rickseite der Systemplatine an den Schlitzen in der
Rickwand des Geh&uses und die Schraublécher der Systemplatine an den Abstandshaltern des Gehauses ausgerichtet sind [1,2].

3. Bringen Sie die einzelne Abstandsschraube (#6-32), einzelne Schraube, die als Montagepunkt fir das M.2-SSD-Laufwerk verwendet
wird und die 5 Schrauben wieder an, mit denen die Systemplatine am System befestigt ist [1, 2, 3](1,2]..
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4. Fuhren Sie die Kabel durch die Fihrungsklemmen [1].
5. Richten Sie die Kabel mit den Stiften auf den Anschlissen auf der Systemplatine aus und schlief3en Sie die folgenden Kabel an der
Systemplatine an:
a. Netzschalter [2]
b. CPU-Strom [3]
c. Eingriffsschalter [4]
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6. Schlie3en Sie das Netzkabel, das Datenkabel des optischen Laufwerks und das Datenkabel des Festplattenlaufwerks an [1, 2, 3].
7. Setzen Sie den Haken auf der E/A-Leiste in den Schlitz am Gehé&use ein und drehen Sie E/A-Leiste, um sie zu schliefien [4].
8. Befestigen Sie die E/A-Leiste mit der Schraube am Gehéuse [5].
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Verbinden Sie die folgenden Kabel:

a. Eingriffschalter

b. Netzschalter

Bauen Sie folgende Komponenten ein:
M.2 PCle SSD

Speichermodul

Prozessor

Kuhlkorperbaugruppe
Festplatten- und optisches Laufwerksmodul
HDD-Einheit

Frontblende

Seitenabdeckung

ST@ o0 oo

Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Fehlerbehebung

Themen:

. Enhanced Pre-boot System Assessment — ePSA-Diagnose
*  Diagnose

e Integrierter Selbsttest des Netzteils

¢ Diagnose-Fehlermeldungen

¢ Systemfehlermeldungen

. Wiederherstellen des Betriebssystems

e Zurlcksetzen der Echtzeituhr (RTC)

e Sicherungsmedien und Wiederherstellungsoptionen

. Ein- und Ausschalten des WLAN

Enhanced Pre-boot System Assessment — ePSA-
Diagnose

Die ePSA-Diagnose (auch als Systemdiagnose bezeichnet) fuhrt eine komplette Priifung der Hardware durch. Die ePSA-Diagnose ist in
das BIOS integriert und wird intern vom BIOS gestartet. Die integrierte Systemdiagnose bietet eine Reihe von Optionen fur bestimmte
Gerate oder Gerategruppen mit folgenden Funktionen:

Die ePSA-Diagnose kann initiiert werden, indem Sie beim Starten des Computers gleichzeitig die Funktionstaste und den Netzschalter
dricken.

Tests automatisch oder in interaktivem Modus durchfihren

Tests wiederholen

Testergebnisse anzeigen oder speichern

Grundliche Tests durchflhren, um weitere Testoptionen fUr Zusatzinformationen Uber die fehlerhaften Gerate zu erhalten
Statusmeldungen anzeigen, die angeben, ob Tests erfolgreich abgeschlossen wurden

Fehlermeldungen tber Probleme wahrend des Testvorgangs anzeigen

@ ANMERKUNG: Einige Tests flr bestimmte Geréate erfordern Benutzeraktionen Stellen Sie sicher, dass Sie am Computerterminal
sind, wenn die Diagnosetests durchgefthrt werden.

Ausfiihren der ePSA-Diagnose

Sie kdnnen die Diagnose beim Hochfahren mit einem der unten genannten Verfahren aufrufen.

1. Schalten Sie den Computer an.
2. Wenn der Computer startet, drlicken Sie die Taste F12, sobald das Dell Logo angezeigt wird.

3. Verwenden Sie im Bildschirm des Startmends die Pfeiltasten, um die Option Diagnostics auszuwahlen. Dricken Sie dann die
Eingabetaste.

@ ANMERKUNG: Das Fenster ePSA Pre-boot System Assessment (ePSA-Systemtests vor Hochfahren des Computers)

wird angezeigt und listet alle im System erkannte Gerate auf. Die Diagnose beginnt mit der Ausfiihrung der Tests fur alle
erkannten Gerate.

4. Dricken Sie auf den Pfeil in der unteren rechten Ecke, um zur Seitenliste zu gehen.
Die erkannten Elemente werden aufgelistet und getestet.

5. Um einen Diagnosetest fur ein bestimmtes Gerat durchzufihren, driicken Sie die Esc-Taste und klicken dann auf Yes (Ja), um den
Diagnosetest zu stoppen.

6. Wahlen Sie auf der linken Seite das Gerat aus und klicken Sie auf Run Tests (Test durchfihren).
7. Bei etwaigen Problemen werden Fehlercodes angezeigt.
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Notieren Sie sich den Fehlercode und wenden Sie sich an Dell.

Diagnose

Der Computer POST (Power On Self Test) stellt sicher, dass die grundlegenden Computeranforderungen erfillt sind und die Hardware
adaquat arbeitet, bevor der Bootprozess beginnt. Wenn der Computer den POST erfillt, fahrt der Computer im normalen Modus hoch.
Wenn der Computer den POST hingegen nicht erfillt, sendet der Computer eine Reihe von LED-Codes wahrend des Systemstarts. Die
System-LED ist auf den Betriebsschalter integriert.

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Anzeigemuster und was diese angeben.

Tabelle 3. Ubersicht der LED-Betriebsanzeigen

Gelbe LED-Zustandsanzeige | Weif3e LED-Zustandsanzeige |Systemzustand Anmerkungen
Aus Aus 34, S5 e Ruhemodus oder Suspend
to Disk (S4)
e Strom ist aus (SH).
Aus Blinkend S1, S8

Das System weist einen
niedrigen Energiestatus auf,
entweder S1 oder S3. Das
bedeutet nicht, dass ein Fehler
vorliegt.

Vorheriger Zustand

Vorheriger Zustand

S3, kein PWRGD_PS

Diese Angabe sieht die
Maglichkeit einer Verzdgerung
von "SLP_S3# aktiv" zu
"PWRGD_PS inaktiv" vor.

Blinkend

Aus

S0, kein PWRGD_PS

Fehler beim Starten —

Der Computer wird mit
Strom versorgt und die
Stromversorgung Uber das
Netzteil ist normal. Ein Geréat
ist moglicherweise defekt
oder falsch installiert. Weitere
Informationen zur Diagnose
und méglichen Fehlern beim
Blinkmuster gelb finden Sie
unten in der Tabelle.

Stetig

Aus

S0, kein PWRGD_PS, Code = 0

Fehler beim Starten — Es liegt
ein Systemfehler vor, der auch
das Netzteil betrifft. Nur die
+5 VSB-Schiene im Netzteil
funktioniert richtig.

Aus

Stetig

SO, kein PWRGD_PS, Code =1

Dies deutet darauf hin, dass das
Host-BIOS mit der Ausfiihrung
begonnen hat und das LED-
Register nun beschreibbar ist.

Tabelle 4. Fehler bei blinken

der gelber LED

Gelbe LED-Zustandsanzeige

Weif3e LED-Zustandsanzeige

Systemzustand

Anmerkungen

2

1

Fehlerhafte Systemplatine

Fehlerhafte Systemplatine —
Zeilenin A, G, Hund J aus
Tabelle 12.4in "SIO Spec — Pre-
Post Indicators" [40]

Systemplatine, Netzteil oder
Verkabelung fehlerhaft

Systemplatine, Netzteil oder
Netzteilverkabelung fehlerhaft —
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Tabelle 4. Fehler bei blinkender gelber LED (fortgesetzt)

Gelbe LED-Zustandsanzeige

Weif3e LED-Zustandsanzeige

Systemzustand

Anmerkungen

Zeilen B, C und D aus
Tabelle 12.4 in "SIO Spec" [40]

2 3 Fehlerhafte Systemplatine, Fehlerhafte Systemplatine,
DIMMs oder CPU DIMMs oder CPU - Zeilen F und
K aus Tabelle 12.4in "SIO Spec"
[40]
2 4 Fehlerhafte Knopfzelle Fehlerhafte Knopfzelle — Zeile M

aus Tabelle 12.4 in "SIO Spec"
[40]

Tabelle 5. Zustdande unter Host-BIOS-Steuerung

Gelbe LED-Zustandsanzeige

Weif3e LED-Zustandsanzeige

Systemzustand

Anmerkungen

2

5

BIOS-Zustand 1

BIOS-POST-Code (Altes LED-
Muster 0001) BIOS beschadigt.

BIOS-Zustand 2

BIOS-POST-Code (Altes
LED-Muster 0010) CPU-
Konfigurations- oder CPU-
Fehler.

BIOS-Zustand 3

BIOS-POST-Code (Altes
LED-Muster 0011)
Arbeitsspeicherkonfiguration
wird durchgefihrt.
Entsprechende
Arbeitsspeichermodule erkannt,
aber es ist ein Fehler
aufgetreten.

BIOS-Zustand 4

BIOS-POST-Code (Altes LED-
Muster 0100) Kombination

der Konfiguration oder des
Ausfalls der PCI-Komponente
mit der Konfiguration oder dem
Ausfall des Subsystems zur
Bildanzeige. BIOS muss 0101-
Bildanzeigecode beseitigen.

BIOS-Zustand 5

BIOS-POST-Code (Altes LED-
Muster 0110) Kombination der
Konfiguration oder des Ausfalls
des Speichers und von USB.
BIOS muss 0111-USB-Code
beseitigen.

BIOS-Zustand 6

BIOS-POST-Code (Altes
LED-Muster 1000)
Arbeitsspeicherkonfiguration,
keinen Arbeitsspeicher erkannt.

BIOS-Zustand 7

BIOS-POST-Code (Altes LED-
Muster 1001) Schwerwiegender
Fehler der Hauptplatine.

BIOS-Zustand 8

BIOS-POST-Code (Altes
LED-Muster 1010)
Arbeitsspeicherkonfiguration,
Module inkompatibel oder
ungultige Konfiguration.
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Tabelle 5. Zusténde unter Host-BIOS-Steuerung (fortgesetzt)

Gelbe LED-Zustandsanzeige

Weif3e LED-Zustandsanzeige

Systemzustand

Anmerkungen

3

6

BIOS-Zustand 9

BIOS-POST-Code (Altes LED-

Muster 1011) Kombination
anderer Codes der Pre-
Bildanzeigeaktivitat und
Ressourcenkonfiguration. BIOS
muss 1100-Code beseitigen.

BIOS-Zustand 10 BIOS-POST-Code (Altes LED-
Muster 1110) Andere Pre-
Post-Aktivitat, auf Bildanzeige-

Initialisierung folgende Routine.

Integrierter Selbsttest des Netzteils

Mit dem integrierten Selbsttest (BIST) kdnnen Sie feststellen, ob das Netzteil funktioniert. Informationen zum Ausflhren der
Selbsttestdiagnose fir das Netzteil auf einem Desktop- oder All-in-one-Computer finden Sie im Wissensdatenbank-Artikel 000125179

unter www.dell.com/support.

Diagnose-Fehlermeldungen

Tabelle 6. Diagnose-Fehlermeldungen

Fehlermeldungen

Beschreibung

AUXILIARY DEVICE FAILURE

Das Touchpad oder die externe Maus ist maglicherweise fehlerhaft.
Prifen Sie bei einer externen Maus die Kabelverbindung. Aktivieren
Sie die Option Pointing Device (Zeigegerat) im System-Setup-
Programm.

BAD COMMAND OR FILE NAME

Uberpriifen Sie die Schreibweise des Befehls, die Position der
Leerstellen und den angegebenen Zugriffspfad.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE

Der im Mikroprozessor integrierte Primar-Cache ist ausgefallen.
Kontaktaufnahme mit Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE

Das optische Laufwerk reagiert nicht auf die Befehle vom
Computer.

DATA ERROR

Die Daten auf der Festplatte kdnnen nicht gelesen werden.

DECREASING AVAILABLE MEMORY

Eines oder mehrere Speichermodule sind unter Umsténden
beschédigt oder nicht ordnungsgemaf eingesetzt. Setzen Sie die
Speichermodule neu ein oder wechseln Sie sie gegebenenfalls aus.

DISK C: FAILED INITIALIZATION

Die Festplatte konnte nicht initialisiert werden. Fihren Sie die
Festplattenlaufwerk-Tests von Dell Diagnostics aus.

DRIVE NOT READY

Zum Fortsetzen dieses Vorgangs muss eine Festplatte im
Laufwerkschacht vorhanden sein. Installieren Sie eine Festplatte
im Laufwerkschacht.

ERROR READING PCMCIA CARD

Der Computer kann die ExpressCard nicht erkennen. Setzen Sie
die Karte neu ein oder verwenden Sie eine andere Karte.

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED

Die im NVRAM (nichtfllichtiger Speicher) verzeichnete
Speichergréfie stimmt nicht mit dem im Computer installierten
Speichermodul Gberein. Den Computer neu starten. Wenn der
Fehler erneut auftritt, wenden Sie sich an Dell.

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

Die Datei, die kopiert werden soll, ist entweder zu grof3 flr den
Datentréager oder es steht nicht gentigend Speicherplatz auf dem
Datentrager zur Verflgung. Kopieren Sie die Datei auf einen
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Tabelle 6. Diagnose-Fehlermeldungen (fortgesetzt)

Fehlermeldungen

Beschreibung

anderen Datentréger oder verwenden Sie einen Datentréger mit
mehr Kapazitat.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING
CHARACTERS: \ / M > | -

Verwenden Sie diese Zeichen nicht in Dateinamen.

GATE A20 FAILURE

Unter Umstanden ist ein Speichermodul nicht ordnungsgeméaf3
befestigt. Setzen Sie das Speichermodul neu ein oder wechseln
Sie es gegebenenfalls aus.

GENERAL FAILURE

Das Betriebssystem kann den Befehl nicht ausfihren. Im Anschluss
an die Meldung werden in der Regel detaillierte Informationen
angezeigt. Beispiel: Bei Printer out of paper. Take the
appropriate action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR

Der Computer kann den Laufwerktyp nicht erkennen. Fahren
Sie den Computer herunter, entfernen Sie die Festplatte und
starten Sie den Computer vom optischen Laufwerk neu. Fahren
Sie anschlief3end den Computer herunter, installieren Sie das
Festplattenlaufwerk erneut und starten Sie den Computer neul.
FUhren Sie die Festplattenlaufwerk-Tests (Hard Disk Drive-
Tests) von Dell Diagnostics aus.

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0

Das Festplattenlaufwerk reagiert nicht auf die Befehle des
Computers. Fahren Sie den Computer herunter, entfernen Sie die
Festplatte und starten Sie den Computer vom optischen Laufwerk
neu. Fahren Sie anschlief3end den Computer herunter, installieren
Sie das Festplattenlaufwerk erneut und starten Sie den Computer
neu. Besteht das Problem weiterhin, installieren Sie ein anderes
Laufwerk. FUhren Sie die Festplattenlaufwerk-Tests (Hard Disk
Drive-Tests) von Dell Diagnostics aus.

HARD-DISK DRIVE FAILURE

Das Festplattenlaufwerk reagiert nicht auf die Befehle des
Computers. Fahren Sie den Computer herunter, entfernen Sie die
Festplatte und starten Sie den Computer vom optischen Laufwerk
neu. Fahren Sie anschlief3end den Computer herunter, installieren
Sie das Festplattenlaufwerk erneut und starten Sie den Computer
neu. Besteht das Problem weiterhin, installieren Sie ein anderes
Laufwerk. Fuhren Sie die Festplattenlaufwerk-Tests (Hard Disk
Drive-Tests) von Dell Diagnostics aus.

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

Das Festplattenlaufwerk ist eventuell defekt. Fahren Sie den
Computer herunter, entfernen Sie die Festplatte und starten

Sie den Computer vom optischen Laufwerk neu. Fahren

Sie anschlief3end den Computer herunter, installieren Sie das
Festplattenlaufwerk erneut und starten Sie den Computer neu.
Besteht das Problem weiterhin, installieren Sie ein anderes
Laufwerk. Fuhren Sie die Festplattenlaufwerk-Tests (Hard Disk
Drive-Tests) von Dell Diagnostics aus.

INSERT BOOTABLE MEDIA

Das Betriebssystem versucht, von einem nicht startfahigen
Datentrager, beispielsweise einem optischen Laufwerk, zu starten.
Insert bootable media (Startfahigen Datentrager einlegen)

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

Die Systemkonfigurationsdaten stimmen nicht mit der
Hardwarekonfiguration tberein. Diese Meldung wird in der Regel
nach der Installation eines Speichermoduls angezeigt. Korrigieren
Sie die entsprechenden Optionen im System-Setup-Programm.

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE

Uberpriifen Sie bei einer externen Tastatur die Kabelverbindung.
FUhren Sie den Tastatur-Controller-Test (Keyboard Controller-
Test) von Dell Diagnostics aus.

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE

Uberpriifen Sie bei einer externen Tastatur die Kabelverbindung.
Starten Sie den Computer neu und beriihren Sie Tastatur
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Tabelle 6. Diagnose-Fehlermeldungen (fortgesetzt)

Fehlermeldungen

Beschreibung

oder Maus wahrend der Startroutine nicht. Fihren Sie den
Tastatur-Controller-Test (Keyboard Controller-Test) von Dell
Diagnostics aus.

KEYBOARD DATA LINE FAILURE

Uberpriifen Sie bei einer externen Tastatur die Kabelverbindung.
FUhren Sie den Tastatur-Controller-Test (Keyboard Controller-
Test) von Dell Diagnostics aus.

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE

Uberpriifen Sie bei einer externen Tastatur oder einem externen
Tastenblock die Kabelverbindung. Starten Sie den Computer neu
und berthren Sie Tastatur oder Tasten wahrend der Startroutine
nicht. Fihren Sie den Test auf feststeckende Tasten (Stuck Key)
von Dell Diagnostics aus.

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Dell MediaDirect kann die Beschrankungen "Digital Rights
Management (DRM)" (Digitales Rechte-Management) in der Datei
nicht Uberprtfen. Daher kann die Datei nicht abgespielt werden.

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS,
VALUE EXPECTING VALUE

READ

Ein Speichermodul ist moglicherweise fehlerhaft oder falsch
eingesetzt. Setzen Sie das Speichermodul neu ein oder wechseln
Sie es gegebenenfalls aus.

MEMORY ALLOCATION ERROR

Das gerade gestartete Programm steht in Konflikt mit dem
Betriebssystem, einem anderen Anwendungsprogramm oder einem
Dienstprogramm. Fahren Sie den Computer herunter, warten Sie
30 Sekunden und starten Sie ihn dann neu. Fuhren Sie das
Programm erneut aus. Wird die Fehlermeldung wieder angezeigt,
lesen Sie in der Dokumentation zur Software nach.

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

Ein Speichermodul ist méglicherweise fehlerhaft oder falsch
eingesetzt. Setzen Sie das Speichermodul neu ein oder wechseln
Sie es gegebenenfalls aus.

VALUE EXPECTING VALUE

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ [ Ein Speichermodul ist moglicherweise fehlerhaft oder falsch

VALUE EXPECTING VALUE eingesetzt. Setzen Sie das Speichermodul neu ein oder wechseln
Sie es gegebenenfalls aus.

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ Ein Speichermodul ist méglicherweise fehlerhaft oder falsch

eingesetzt. Setzen Sie das Speichermodul neu ein oder wechseln
Sie es gegebenenfalls aus.

NO BOOT DEVICE AVAILABLE

Der Computer kann das Festplattenlaufwerk nicht finden. Ist
die Festplatte als Startgerat festgelegt, stellen Sie sicher, dass
das Laufwerk installiert, richtig eingesetzt und als Startlaufwerk
partitioniert ist.

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE

Das Betriebssystem ist moglicherweise beschadigt. Wenden Sie
sich an Dell.

NO TIMER TICK INTERRUPT

Moaglicherweise arbeitet ein Chip auf der Systemplatine nicht
einwandfrei. FUhren Sie die System-Set-Uberprifung (System
Set) von Dell Diagnostics aus.

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES.
PROGRAMS AND TRY AGAIN

EXIT SOME

Es sind zu viele Programme getffnet. Schlief3en Sie alle Fenster
und 6ffnen Sie das gewlinschte Programm.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND

Neuinstallation des Betriebssystems. Wenn das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich an Dell.

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM

Das optionale ROM ist ausgefallen. Wenden Sie sich an Dell.

SECTOR NOT FOUND

Das Betriebssystem kann einen Sektor auf der Festplatte
nicht finden. Entweder ist ein Sektor defekt oder die
Dateizuweisungstabelle (File Allocation Table, FAT) auf der
Festplatte ist beschadigt. Fihren Sie das Fehlerprifprogramm
von Windows aus, um die Dateistruktur auf der Festplatte zu
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Tabelle 6. Diagnose-Fehlermeldungen (fortgesetzt)

Fehlermeldungen

Beschreibung

Uberprifen. Eine entsprechende Anleitung finden Sie in Windows
Help and Support (Windows-Hilfe und Support) (klicken Sie zu
diesem Zwecke auf Start > Help and Support (Start < Hilfe und
Support)). Wenn eine grofie Anzahl an Sektoren defekt ist, missen
Sie die Daten sichern (falls mdglich) und die Festplatte formatieren.

SEEK ERROR

Das Betriebssystem kann eine bestimmte Spur auf der Festplatte
nicht finden.

SHUTDOWN FAILURE

Moglicherweise arbeitet ein Chip auf der Systemplatine nicht
einwandfrei. Fiihren Sie die System-Set-Uberpriifung (System
Set) von Dell Diagnostics aus. Wenn die Meldung erneut
angezeigt wird, wenden Sie sich an Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER

Die Systemkonfigurationseinstellungen sind fehlerhaft. Schlief3en
Sie den Computer an eine Steckdose an, um den Akku aufzuladen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, die

Daten wiederherzustellen, indem Sie das System-Setup-Programm
aufrufen und das Programm anschlief3end sofort beenden. Wenn
die Meldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich an Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED

Die Reservebatterie, mit der die Systemkonfigurationseinstellungen
unterstltzt werden, muss unter Umsténden wieder aufgeladen
werden. Schlief3en Sie den Computer an eine Steckdose an,

um den Akku aufzuladen. Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an Dell.

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM
SETUP PROGRAM

Die Uhrzeit- bzw. Datumsangaben, die im System-Setup-
Programm gespeichert sind, stimmen nicht mit der Systemuhr
Uberein. Korrigieren Sie die Einstellungen der Optionen Date and
Time (Datum und Uhrzeit).

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED

Moaglicherweise arbeitet ein Chip auf der Systemplatine nicht
einwandfrei. FUhren Sie die System-Set-Uberprifung (System
Set) von Dell Diagnostics aus.

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE

Der Tastatur-Controller ist méglicherweise defekt oder ein
Speichermodul ist mdglicherweise nicht richtig befestigt. Fiihren
Sie die Systemspeichertberprifung (System Memory) und
die Tastatur-Controller-Tests (Keyboard Controller) von Dell
Diagnostics aus oder wenden Sie sich an Dell.

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY

Legen Sie einen Datentrager in das Laufwerk ein und versuchen Sie
es erneut.

Systemfehlermeldungen

Tabelle 7. Systemfehlermeldungen

Systemmeldung

Beschreibung

Alert! Previous attempts at booting this
system have failed at checkpoint [nnnn]. For
help in resolving this problem, please note
this checkpoint and contact Dell Technical

Support (Alarm! Friithere Versuche, das System
zu starten, sind bei Priufpunkt [nnnn]
fehlgeschlagen. Notieren Sie diesen Priufpunkt

und wenden Sie sich an den technischen Support
von Dell.)

In drei aufeinanderfolgenden Versuchen konnte der Computer die
Startroutine aufgrund desselben Fehlers nicht abschlief3en.

CMOS checksum error (CMOS-Prifsummenfehler)

RTC wurde zurlickgesetzt, die BIOS-Setup-
Standardeinstellungen wurden geladen.

Fehlerbehebung 73



Tabelle 7. Systemfehlermeldungen (fortgesetzt)

Systemmeldung Beschreibung

CPU fan failure (Ausfall des CPU-Lifters) Der Prozessorlufter ist ausgefallen.
System fan failure (Ausfall des Systemliifters) [Der SystemlUfter ist ausgefallen.
Hard-disk drive failure Moglicher Festplattenfehler beim POST.

(Festplattenlaufwerkfehler)

Keyboard failure (Tastaturfehler) Tastaturfehler oder instabile Tastaturkabelverbindung. Wenn das
Problem durch erneutes festes Anschlief3en des Kabels nicht
behoben wird, tauschen Sie die Tastatur aus.

No boot device available (Kein Startgerat Auf der Festplatte ist keine startféhige Partition vorhanden, das
verfiigbar) Festplattenkabel ist nicht richtig angeschlossen, oder es ist kein
startfahiges Geréat vorhanden.

e |st das Festplattenlaufwerk als Startgerat festgelegt, stellen Sie
sicher, dass die Kabel ordnungsgemaf angeschlossen sind und
das Laufwerk installiert und als Startlaufwerk partitioniert ist.

e Rufen Sie das System-Setup-Programm auf, und prtfen Sie, ob
die Angaben zur Startreihenfolge stimmen.

No timer tick interrupt (Kein periodischer Mdglicherweise ist ein Chip auf der Systemplatine oder die
Interrupt) Hauptplatine selbst fehlerhaft.
NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM SMART-Fehler, méglicherweise ein Festplattenfehler.

has reported that a parameter has exceeded
its normal operating range. Dell recommends
that you back up your data regularly. A
parameter out of range may or may not
indicate a potential hard drive problem.
(VORSICHT: Das SELF MONITORING SYSTEM des
Festplattenlaufwerks hat gemeldet, dass ein
Parameter den Wertebereich fiir den normalen
Betrieb iberschritten hat. Dell empfiehlt,
dass Sie TIhre Daten regelmdBig sichern. Ein
auBerhalb des normalen Wertebereichs liegender
Parameter kann auf ein mégliches Problem mit
dem Festplattenlaufwerk hinweisen.)

Wiederherstellen des Betriebssystems

Wenn das Betriebssystem auf Ihrem Computer auch nach mehreren Versuchen nicht gestartet werden kann, wird automatisch Dell
SupportAssist OS Recovery gestartet.

Bei Dell SupportAssist OS Recovery handelt es sich um ein eigenstandiges Tool, das auf allen Dell Computern mit Windows vorinstalliert
ist. Es besteht aus Tools fir die Diagnose und Behebung von Fehlern, die méglicherweise vor dem Starten des Betriebssystems auftreten
kdnnen. Mit dem Tool kdnnen Sie eine Diagnose von Hardwareproblemen durchfuhren, lhren Computer reparieren, Dateien sichern oder
lhren Computer auf Werkseinstellungen zuriicksetzen.

Sie kdnnen das Tool auch Uber die Dell Supportwebsite herunterladen, um Probleme mit Ihrem Computer zu beheben, wenn das primare
Betriebssystem auf dem Computer aufgrund von Software- oder Hardwareproblemen nicht gestartet werden kann.

Weitere Informationen Uber Dell SupportAssist OS Recovery finden Sie im Benutzerhandbuch zu Dell SupportAssist OS Recovery unter
www.dell.com/serviceabilitytools. Klicken Sie auf SupportAssist und klicken Sie dann auf SupportAssist OS Recovery.

Zurucksetzen der Echtzeituhr (RTC)

Mit der Funktion zum Zurticksetzen der Echtzeituhr (Real Time Clock) kdnnen Sie oder der Servicetechniker die kirzlich eingefiihrten
Systeme Dell Latitude und Precision in bestimmten Kein POST/Kein Start/Kein Strom-Situationen wiederherstellen. Sie kdnnen
die RTC-Zurlcksetzung im ausgeschalteten Systemzustand nur initiieren, wenn das System an den Netzstrom angeschlossen ist.
Dricken und halten Sie den Netzschalter fur 25 Sekunden gedrickt. Die System-RTC-Zurlcksetzung erfolgt nach dem Loslassen des
Betriebsschalters.
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ANMERKUNG: Wenn der Netzstromanschluss des Systems wéhrend des Vorgangs unterbrochen oder der Netzschalter langer als
40 Sekunden gedruckt gehalten wird, kommt es zum Abbruch der RTC-Zuricksetzung.

Die RTC-Zurlcksetzung fuhrt dazu, dass BIOS auf die Standardeinstellungen zurlickgesetzt wird, die Bereitstellung von Intel vPro
aufgehoben wird sowie Datum und Uhrzeit des Systems zurlickgesetzt werden. Die folgenden Elemente sind unabhangig von der
RTC-Zurticksetzung:

Service Tag

Asset Tag

Ownership Tag

Admin Password
System Password
HDD Password
Wichtige Datenbanken
System Logs

@ ANMERKUNG: Das vPro-Konto und das Kennwort des IT-Administrators auf dem System werden zurlickgesetzt. FUr das System
muss der Setup- und Konfigurationsprozess erneut durchgefuhrt werden, um es wieder mit dem vPro-Server zu verbinden.

Ob die folgenden Elemente ggf. zurlickgesetzt werden, hangt von Ihrer Auswahl der benutzerdefinierten BIOS-Einstellungen ab:

Bootliste

Enable Legacy Option ROMs (Legacy-Option-ROMs aktivieren)
Secure Boot Enable

BIOS-Downgrade zulassen

Sicherungsmedien und Wiederherstellungsoptionen

Es wird empfohlen, ein Wiederherstellungslaufwerk fur die Fehlerbehebung zu erstellen und Probleme zu beheben, die ggf. unter Windows
auftreten. Dell bietet mehrere Optionen fir die Wiederherstellung des Windows-Betriebssystems auf Ihrem Dell PC. Weitere Informationen
finden Sie unter Dell Windows Backup Media and Recovery Options (Sicherungsmedien und Wiederherstellungsoptionen).

Ein- und Ausschalten des WLAN

Wenn |hr Computer aufgrund von WLAN-Verbindungsproblemen keinen Zugriff auf das Internet hat, kdnnen Sie das WLAN aus- und
wieder einschalten. Das folgende Verfahren enthéalt Anweisungen dazu, wie Sie das WLAN aus- und wieder einschalten:

®|ANMERKUNG: Manche Internetdienstanbieter (Internet Service Providers, ISPs) stellen ein Modem/Router-Kombigerét bereit.

Schalten Sie den Computer aus.
Schalten Sie das Modem aus.
Schalten Sie den WLAN-Router aus.
Warten Sie 30 Sekunden.

Schalten Sie den WLAN-Router ein.
Schalten Sie das Modem ein.

No o NN

Schalten Sie den Computer ein.
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Wie Sie Hilfe bekommen

Themen:

Kontaktaufnahme mit Dell

Kontaktaufnahme mit Dell

@ ANMERKUNG: Wenn Sie tber keine aktive Internetverbindung verfuigen, so finden Sie Kontaktinformationen auf der

Eingangsrechnung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog.

Dell bietet verschiedene Optionen fir Online- und Telefonsupport an. Die Verflgbarkeit ist abhangig von Land und Produkt und
einige Dienste sind in Ihrem Gebiet moglicherweise nicht verfugbar. So erreichen Sie den Vertrieb, den Technischen Support und den
Kundendienst von Dell:

1.

2
3.
4

76

Rufen Sie die Website Dell.com/support auf.

. Wéhlen Sie Ihre Supportkategorie.

Wahlen Sie das Land bzw. die Region in der Drop-Down-Liste Land oder Region auswahlen am unteren Seitenrand aus.
Klicken Sie je nach Bedarf auf den entsprechenden Service- oder Support-Link.

Wie Sie Hilfe bekommen
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Munka a szamitogépen

Témak:

*  Biztonsagi el6irasok

Biztonsagi eloirasok

A szamitogép potencidlis karosodasanak elkerllése és a sajat biztonsaga érdekében Ugyelien az alabbi biztonsagi szabélyok betartaséra. Ha
masképp nincs jelezve, a jelen dokumentumban leirt minden mavelet a kovetkezd feltételek teljestlését feltételezi:

e FElolvasta a szamitogéphez mellékelt biztonsaggal kapcsolatos tudnivaldkat.

o A szadmitogép alkatrészeinek visszaszerelése vagy — ha az alkatrészt kulon vasarolték meg — beépitése az eltavolitasi eljaras lépéseinek
ellentétes sorrendben torténd végrehajtasaval torténik.

A VIGYAZAT: A szamitégép belsejében végzett munka el6tt olvassa el figyelmesen a szamitégéphez mellékelt biztonsagi
tudnivalokat. Tovabbi biztonsagi Gtmutatasokat a MegfelelGségi honlapon talalhat

Sok olyan javitasi miivelet van, amelyet csak szakképzett szerviztechnikus végezhet el. Onnek
csak azokat a hibaelharitasi és egyszerii javitasi miiveleteket szabad elvégeznie, amelyek a termék dokumentacidja,
vagy a tamogatasi csoport online vagy telefonon adott utasitasa szerint megengedettek. A Dell altal nem jovahagyott
szerviztevékenységre a garanciavallalas nem vonatkozik. Olvassa el és tartsa be a termékhez mellékelt biztonsagi

eldirasokat.

Az elektrosztatikus kisiilés elkeriilése érdekében, foldelje magat csukléra erdsithetd foldelokabellel
vagy ugy, hogy kdzben rendszeresen megérint egy festetlen fémfeliiletet, példaul a szamitogép hatuljan talalhaté
csatlakozokat.

Banjon 6vatosan a komponensekkel és kartyakkal. Ne érintse meg a kartyakon talalhato
komponenseket és érintkezoket. A kartyat tartsa a szélénél vagy a fém szerelokeretnél fogva. A komponenseket, példaul
a mikroprocesszort vagy a chipet a szélénél, ne az érintkez6knél fogva tartsa.

A kabelek kihuizasakor ne a kabelt, hanem a csatlakoz6t vagy a hizéfiilet hizza meg. Néhany kabel
csatlakozéja reteszel6 kialakitassal van ellatva; a kabel eltavolitasakor kihazas el6tt a retesz kioldéfiilét meg kell nyomni.
Mikozben széthazza a csatlakozokat, tartsa 6ket egy vonalban, hogy a csatlakoz6tiik ne gorbiiljenek meg. A tapkabelek
csatlakoztatasa el6tt ellendrizze mindkét csatlakozodugé megfelel6 helyzetét és beallitasat.

@ MEGJEGYZES: Miel6tt felnyitna a szamitogép burkolatat vagy a paneleket, csatlakoztasson le minden tapellatast. Miutan
befejezte a szamitogép belsejében a munkat, helyezzen vissza minden fedelet, panelt és csavart még azelbtt, hogy aramforrashoz
csatlakoztatna a gépet.

®| MEGJEGYZES: A szamitogép szine és bizonyos komponensek killénbézhetnek a dokumentumban leirtaktol.

Mielott elkezdene dolgozni a szamitogép belsejében

1. Mentsen és zarjon be minden nyitott fajlt, majd Iépjen ki minden futé alkalmazasbol.

2. Kapcsolja ki a szamitégépet. Kattintson a Start > o Tapellatas > Leallitas.

@ MEGJEGYZES: Ha més operacios rendszert haszndl, a ledllitas tekintetében olvassa el az adott operéciés rendszer
dokumentaciojat.

3. Aramtalanitsa a szamitogépet és minden csatolt eszkozt.
4. A szamitdgéprdl csatlakoztasson le minden haldzati eszkdzt és perifériat, pl.: billentylzet, egér, monitor.
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B. Téavolitson el minden médiakartyat és optikai lemezt a szamitdgépbdl, ha van.
6. Miutén a szamitogépet dramtalanitotta, nyomja és 5 mésodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoldgombot az alaplap foldeléséhez.

Helyezze a szamitogépet egy puha és tiszta feliiletre, hogy elkeriilje a kijelz6 karcolodasat.

7. Forditsa lefelé a szamitogépet.

Biztonsagi ovintézkedések

Ez a fejezet azokat a f6 biztonsagi vintézkedéseket tartalmazza, amelyeket a szétszerelési utasitdsok barmelyikének végrehajtasa el6tt el
kell végezni.

Tartsa be az alabbi biztonsagi utasitasokat, mielétt barmit beszerel, javit vagy szétszerel:

e Kapcsolja ki a rendszert és minden csatlakoztatott perifériat.

e Aramtalanitsa a rendszert és minden csatlakoztatott perifériat

e Vdlasszon le minden héldzati kébelt, telefonkabelt és telekommunikécios kabelt a rendszerrdl.
[ ]

Barmilyen asztali gép belsejében végzett munka esetén hasznéljon elektrosztatikusan védd helyszini javitokészletet az elektrosztatikus
kisulés okozta karok megel6zése érdekében.

Barmilyen rendszertsszetevd kivétele utan dvatosan helyezze a kivett 6sszetevét antisztatikus alatétlapra.
Viselien nem vezetd gumitalpu cipdt, mivel ezzel csdkkentheti az &ramutés kockézatét.

Készenléti aram

A készenléti dramellatassal bird Dell termékeket ki kell huzni, mielétt felnyitja a hazat. A készenléti aramelldtast magukban foglald
rendszerek lényegében kikapcsolva is dram alatt vannak. A belsé aramellatas lehetdvé teszi, hogy a rendszert tavolrdl bekapcsoljak (wake
on LAN), illetve alvé izemmddba allitsak, tovabba fejlett energiagazdalkodasi funkcidkat tesz lehetdvé.

Ha kihtzta a csatlakoz6t, nyomja le, majd tartsa 15 méasodpercen at lenyomva a bekapcsolégombot. Ezzel elvezeti az alaplapban
esetlegesen jelen 1évé maradékaramot.

Potencialkiegyenlités

A potencialkiegyenlités egy modszer, amelynek soran két vagy tébb foldeld vezetdt ugyanarra az elektromos potencialra csatlakoztatnak.
Ez elvégezhet6 egy helyszini antisztatikus javitokészlet hasznélataval. A potencialkiegyenlitd vezeték csatlakoztatésakor Ugyeljen arra,
hogy szabad fémfellilethez csatlakoztassa, soha ne festett vagy nem fémes fellletre. A csukldpantnak szorosnak kell lennie, hogy teljes
fellletén érintkezzen a bdrrel, ezzel egy id6ben minden ékszert, 6rat, karkotdt és gydr(it el kell tavolitania, mielétt magéat és a berendezest
Osszekoti.

Elektrosztatikus kisliléssel (ESD) szembeni védelem

Az elektrosztatikus kisUlések sok gondot okozhatnak az elektronikai alkatrészek kezelése soran, kilondsen olyan érzékeny dsszetevék
esetén, mint példaul a bévitdkartyak, processzorok, DIMM memaoriamodulok és alaplapok. Mér igen csekély toltés is kart tehet az
aramkorokben oly mddon, amely nem nyilvanvald, vagyis csak idénként okoz problémakat, vagy lerdviditi a termék élettartamat. Mivel
az iparag egyre kisebb energiafogyasztas és egyre nagyobb slrlség elérésére torekszik, ezért az elektrosztatikus kistlésekkel szembeni
védelem egyre inkabb elétérbe kerdl.

A ma kaphaté Dell termékek a bennik hasznalt félvezeték nagy slrlisége miatt érzékenyebbek az elektrosztatikus kistlésekre, mint
a korabbi Dell termékek. Emiatt néhany korabban még jovahagyott alkatrészkezelési mddszer ma mar nem alkalmazhato.

Az ESD-kérok két elismert tipusa a katasztrofalis és az eseti meghibasodas.

e Katasztrofalis — A katasztrofalis meghibasodasok az ESD-vel kapcsolatos meghibasodasok korllbelll 20%-at teszik ki. Az okozott
kar azonnali, és az eszkdz teljes funkcidvesztésével jar. Katasztrofalis meghibasodasra példa egy olyan DIMM memadriamodul, amelyet
aramités ért. A szamitdgép ilyenkor semmit nem jelenit meg (No POST/No Video), csak egy sipold hangot hallat, amely a hianyz6 vagy
nem mikodé memariara utal.

e Eseti — Eseti meghibasodas az ESD-vel kapcsolatos meghibasodésok kortlbelll 80%-a. Az eseti meghibasodasok nagy aranya azt
jelzi, hogy az esemény bekovetkezésekor a kar nem ismerhetd fel azonnal. A DIMM modult dramUtés éri, de a vezetékezés csak
meggyengul, igy nem produkal azonnali tineteket, amelyek utalnanak a karra. A meggyenguilt vezetékezés csak hetek vagy hdnapok
alatt olvad meg, és ekdzben rongalja a memoria épségét, idénként véaratlan memoriahibakat okoz stb.

Az eseti (mas néven latens) meghibasodas megéllapitasa és elharitdsa nehezebb.
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Az elektrosztatikus kistilés okozta karok megelézése érdekében tegye a kdvetkezdket:

Hasznéljon vezetékes antisztatikus csuklépantot, amely megfeleléen van foldelve. A vezeték nélkuli antisztatikus pantok hasznalata
mar nem megengedett, mert nem nyUjtanak kielégitd védelmet. Az elektrosztatikus kistlésre igen érzékeny alkatrészeknek nem nyUjt
elegendd védelmet az, ha megérinti a szamitoégéphéazat

Az elektrosztatikussagra érzékeny alkatrészeket csak elektrosztatikussagtol mentes helyen kezelie. Ha lehetséges, hasznaljon
antisztatikus alatétet és munkalapot.

Miutan az elektrosztatikussagra érzékeny alkatrészeket kivette a dobozbdl, ne vegye le réluk az antisztatikus csomagolast addig,
amig nem all készen az alkatrész beszerelésére. Mieldtt levenné az antisztatikus csomagolast, vezesse el magérdl a statikus
elektromossagot.

Ha érzékeny alkatrészt szallit, elészor tegye azt antisztatikus taroldba vagy csomagoldanyagba.

Antisztatikus javitokészlet

A feliigyelet nélkul hasznélhato elektrosztatikusan védd javitasi készlet a leggyakrabban hasznélt javitokészlet. Minden javitokészlet harom
f6 részbdl all: egy antisztatikus alatétlapbdl, egy csuklopantbdl és egy foldelbvezetékbdl.

Az antisztatikus javitOkészlet dsszetevoi

Az antisztatikus javitokészlet részei:

Antisztatikus alatétlap — Az antisztatikus alatétlap disszipativ, igy az alkatrészek szerelés kdzben rahelyezheték. Antisztatikus
alatétlap hasznélata esetén a csuklopantot szorosan a csukléjan kell tartania, és a féldelévezetéket az alatétlaphoz vagy

a rendszer barmely szabadon allé fémfellletéhez kell csatlakoztatnia. A megfelel6 elrendezés utan a cserealkatrészek kiveheték az
elektrosztatikusan védg tasakbdl, és kdzvetlendl az alatétlapra helyezhetdk. Az elektrosztatikusan érzékeny alkatrészeket biztonsaggal
kézbe veheti, az alatétlapon hagyhatja, a rendszerbe vagy a tasakba helyezheti.

Csuklépant és foldelovezeték — A csuklopant és a foldeldvezeték kdzvetlenll a csukldjahoz és a hardver szabad fémfellletéhez is
csatlakoztathatd, ha az alatétlapra nincs szikség, vagy ha az antisztatikus alatétlaphoz csatlakoztatja, akkor ideiglenesen védheti az
alatétlapra helyezett hardvert. A csuklopant, a féldelSvezeték és a bdr, valamint az antisztatikus alatétlap és hardver kdzotti kapesolat
neve foldelés. A helyszini javitokészleteket mindig csuklopanttal, alatétlappal és foldelévezetékkel hasznalja. Soha ne hasznaljon
vezeték nélkuli csuklopantot. Mindig tgyelien arra, hogy a csuklopant belsé vezetékei a normél hasznalat soran elhasznalddhatnak,
ezért ezeket rendszeresen ellendrizni kell egy csuklopant-teszteldvel, hogy elkertlje a hardverek véletlen elektrosztatikus karosodasat.
Javasolt, hogy a csukldépéantot és a foldeldvezetéket legalabb hetente tesztelje.

Antisztatikus csuklopant-tesztel6 — Az antisztatikus csuklépanton bellli vezetékek egy id6 utan elhasznalédhatnak. Nem felligyelt
készlet hasznélata esetén érdemes rendszeresen, minden szervizhivas elétt, illetve legalabb hetente egyszer tesztelni a csuklépantot.
Ehhez a legjobb médszer a csuklépant-tesztel§ hasznalata. Ha nincs sajat csuklépant-tesztel6je, akkor forduljon regionélis irodajahoz,
és érdekl6djon naluk, hogy van-e. A teszteléshez dugja a csuklopant foldelévezetékét a teszterbe, mikdzben a pant a csukléjan van, és
a gomb megnyomasaval hajtsa végre a tesztet. Sikeres teszt esetén a zold LED gyullad ki, sikertelen teszt esetén pedig a piros LED,
valamint egy riasztéasi hangjelzés is hallhato.

Szigeteld elemek — Kritikus fontossagu, hogy az elektrosztatikusan érzékeny eszkdzdket, példaul a mlanyag hitébordahazakat tavol
tartsa a szigetel® belsd részektdl, amelyek gyakran erésen feltoltottek.

Munkakornyezet — Miel6tt hasznélatba venné az antisztatikus javitokészletet, mérje fel a helyzetet az Ggyfénél a helyszinen.

Peldaul kiszolgalokornyezetben méasképp kell hasznalni a készletet, mint asztali vagy hordozhatd szamitogepek esetében. A kiszolgélok
jellemz&en allvanyba vannak szerelve egy adatkdzponton belll, mig az asztali gépek és hordozhaté szamitogepek éltalaban irdéasztalon
vagy irodai munkahelyen belll vannak elhelyezve. Mindig keressen egy nagy, nyilt é€s vizszintes munkatertletet, ahol semmi nem
akadalyozza, és elég nagy ahhoz, hogy kiteritse az antisztatikus javitokészletet, €s még marad elég hely a javitand6 rendszer szadméra
is. A munkaterilet legyen mentes szigetel6ktdl, amelyek elektrosztatikus jelenségeket okozhatnak. A munkaterUleten a szigetelSket,
példaul a polisztirolhabbdl és egyéb mianyagbdl készult targyakat legaldbb 30 cm-re tavolitsa el az érzékeny alkatrészektdl, miel6tt
barmilyen hardverdsszetevével dolgozni kezdene.

Antisztatikus csomagolas — Minden elektrosztatikusan érzékeny eszkdzt antisztatikus csomagolasban kell megkapnia és szallitania.
Elényben részesitenddk a fémbdl készilt, elektrosztatikusan arnyékolt tasakok. A sérlilt alkatrészeket mindig ugyanabban az
antisztatikus tasakban és csomagolasban juttassa vissza, amelyben az (j alkatrész érkezett. Az antisztatikus tasak tetejét vissza

kell hajtani és le kell ragasztani, tovabbé a tasakot ugyanazzal a habositott csomagoldanyaggal kell behelyezni az eredeti dobozba,
amelyben az Uj alkatrész érkezett. Az elektrosztatikusan érzékeny eszkdzdket csak elektrosztatikus kistléstdl védett munkaterUleten
szabad kivenni a tasakbodl, és az alkatrészeket soha nem szabad az antisztatikus tasakra helyezni, mert csak a tasak belseje arnyékolt
elektrosztatikusan. Az alkatrészek mindig a sajat kezében, az antisztatikus aldtétlapon, a rendszerben vagy az antisztatikus tasakon
beldl legyenek.

Erzékeny 6sszetevok széllitasa — Elektrosztatikusan érzékeny dsszetevok, példaul cserealkatrészek vagy a Dellnek visszajuttatandd
alkatrészek szallitasa esetén rendkivil fontos, hogy ezeket antisztatikus tasakokba helyezze a biztonsagos széllitas érdekében.
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Elektrosztatikus védelem — 6sszefoglalas

Minden szerviztechnikusnak javasoljuk, hogy a Dell termékeinek javitasa soran mindig hasznélja a hagyomanyos, vezetékes,
elektrosztatikusan védd foldel6 csuklopantot €s az antisztatikusan védd alatétlapot. Kritikus fontossagu tovabba, hogy a technikusok
minden szigetel alkatrésztdl elkulonitve taroljak az érzékeny alkatrészeket, mikdzben a javitast végzik, €s az érzékeny dsszetevok
szallitasahoz antisztatikus tasakokat hasznaljanak.

Erzékeny alkatrészek szallitasa

Elektrosztatikusan érzékeny Osszetevik, példaul cserealkatrészek vagy a Dellnek visszajuttatandé alkatrészek szallitasa esetén rendkivil
fontos, hogy ezeket antisztatikus tasakokba helyezze a biztonsagos széllitas érdekében.

Berendezések emelése

Nehéz berendezések emelésekor tartsa be az aldbbi iranyelveket:
Ne emeljen 25 kg-nal tobbet. Mindig kérjen segitséget, vagy hasznaljon mechanikus
emeldberendezést.

Allion kiegyensulyozott helyzetben. Alljion enyhe terpeszallasban, a labfejei nézzenek elére.

Feszitse meg a hasizmait. A hasi izmok megtamasztjak a gerincet emeléskor, ezaltal eltéritik a terhelés hatasvonalat.
A labaival emeljen, ne a hataval.

Tartsa magahoz kozel a terhet. Minél kdzelebb van a gerincéhez, annél kisebb erét fejt ki a hatara.

Tartsa a hatat fuggdlegesen és egyenesen akkor is, amikor felveszi, és akkor is, amikor leteszi a terhet. Ne nehezitse sajat testsulyaval
a terhet. Ne hajlitsa be a testét vagy a hatat.

6. Ugyanezeket a mddszereket alkalmazza, amikor leteszi a terhet.

S IFNISTECIES

Miutan befejezte a munkat a szamitogép belsejében

@ MEGJEGYZES: Ha a szamitégépben csavarok maradnak szabadon vagy nem megfeleléen meghtzva, azzal a szamitdgép komoly
sérllését okozhatja.

—_

Helyezzen vissza minden csavart, és gy6z6djon meg réla, hogy nem maradtak felhasznélatlan csavarok a szamitogép belsejében.

Miel6tt a szamitdgépet Ujra hasznalatba veszi, csatlakoztasson minden eszkdzt, perifériat és kabelt, amelyet korabban
lecsatlakoztatott.

N

3. Helyezze vissza a médiakartyakat, lemezeket és egyéb alkatrészeket, amelyeket a szamitégépbdl a munka megkezdése eldtt
eltavolitott.

4. Csatlakoztassa a szamitdgépét és minden hozzéa csatolt eszkdzt elektromos aljzataikra.
5. Kapcsolja be a szamitdgépet.
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Technologia és osszetevok

Eza fejezet a rendszerben alkalmazott technoldgiékat és az alkatrészeket ismerteti.
Témak:

« DDR4

¢ USB-funkciok

e USB Type-C

¢ A DisplayPort el6nyei az USB Type-C-vel szemben
«  HDMI20

¢ Intel Optane memoria

DDRA4

A DDRA (dupla adatatviteli sebességu, negyedik generacioés) memaria a DDR2 és DDR3 technoldgia még nagyobb sebességl utédia,
amellyel modulonként akar 512 GB kapacités is elérhet, szemben a DDR3 DIMM modulonként 128 GB-os kapacitasaval. A DDR4
szinkron, dinamikus, véletlen elérést memaria érintkezdkiosztasa az SDRAM és a DDR modulokétdl is eltér, ezzel megakadalyozza, hogy
a felhasznalok nem megfelel®d memoriat telepitsenek a rendszerbe.

A DDR4 a DDR3 1,5 voltjahoz képest 20 szazalékkal kevesebb, csupéan 1,2 volt energiat igényel a mikddéshez. A DDR4 egy Uj, rendkivl
alacsony energiaigény( készenléti médot is tdmogat, amely lehetéveé teszi, hogy a készenléti modba allitott tartalmazoé rendszernek ne
kellien frissitenie a memoriat. Az alacsony energiaigényl készenléti mod véarhatdan 40-50%-kal csdkkenti a készenléti moédban mérhetd
energiafogyasztast.

A DDRA4 részletei

A DDR3 és DDR4 memadriamodulok kisebb eltéréseit az alabbi lista tartalmazza.
Eltéré helyzetl foglalati bevagéas

A DDR4 modulok foglalatba illeszked® bevagasa mas helyen talalhato, mint a DDR3 modulokon. Mindkét bevagas a foglalatba illeszkedd
szélen taldlhatd, de a DDR4 modulon kicsit més az elhelyezése, hogy a modult ne lehessen nem kompatibilis alaplapba vagy platformba
helyezni.

1. abra. Eltér6 bevagasi helyzet

Nagyobb vastagsag
A DDR4 modulok kissé vastagabbak, mint a DDR3 modulok, igy tobb jelatviteli réteget foglalhatnak magukban.
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2. abra. Eltéro vastagsag

fvelt szél

A DDR4 modulok jellegzetessége az ivelt szél, amely megkdnnyiti a behelyezést, és csdkkenti az alaplapra nehezedé terhelést a memdria
behelyezésekor.

3. abra. ivelt szél
Memoriahibak

A rendszer memoériahibak esetén a VILAGIT-VILLOG-VILLOG és a VILAGIT-VILLOG-VILAGIT hibakédot jeleniti meg a hibakijelzé LED-
jeivel. Ha minden memariamodul hibas, akkor az LCD panel nem kapcsol be. Az esetleges memoriahibak elharitasahoz helyezzen olyan
memériamodulokat a rendszer aljan vagy egyes hordozhaté szamitogépeken a billentylizet alatt taldlhatdé memariafoglalatokba, amelyekrdl
biztosan tudja, hogy jok.

@ MEGJEGYZES: A DDR4 memoéria az alaplapra integralva talalhato, és nem cserélheté DIMM modulként, ahogy az a képeken lathato
€s a szovegben olvashato.

USB-funkciok

Az USB (Universal Serial Bus) technolégia 1996-ban jelent meg a piacon. Ez a megoldas jelentésen leegyszerUsitette a periférikus
eszkdzok — példaul az egerek, billentylizetek, kilsé meghajtok és nyomtatdk — szamitégépekhez vald csatlakoztatasat.

1. tablazat: Az USB evolicidja

Tipus Adatatviteli sebesség Kategoéria Bevezetés éve
USB 2.0 480 Mbps Nagy sebesség 2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 | 5 Gbps SuperSpeed 2010
USB 3.1 Gen 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 4.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

Az USB 2.0 az évek soran megkerUlhetetlen de facto adatatviteli szabvannyé valt a szamitogépes iparagban, miutan vildgszerte korulbelll
6 milliard eladott eszkdzbe kerUlt be. Az egyre gyorsabb és egyre nagyobb savszélességet igénylé hardverek azonban mér nagyobb
adatatviteli sebességet igényelnek. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 az elédjénél eiméletileg 10-szer gyorsabb adatéatvitelt tesz lehetévé, ezaltal
végre megfelel a fogyasztoi igényeknek. Az USB 3.1 Gen 1 jellemzéi didhéjban a kdvetkezdk:

e Magasabb adatatviteli sebesség (akar 5 Gbit/s)
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e Fokozott maximélis buszteljesitmény és nagyobb eszkdz-aramfelvétel, amely jobban megfelel az egyre tobb energiét igényld
eszkdzoknek

Uj energiakezelési funkciok

Teljes kétiranyU adatatvitel és tAmogatas az Uj atviteli tipusok szaméra
Visszafelé kompatibilis az USB 2.0-val

Uj csatlakozok és kabel

Az alabbi témakorok az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tipushoz kapcsolddd leggyakrabban feltett kérdéseket fedik le.

SUPERSPEED
—UsB™
USEn

Sebesség

A legujabb USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specifikacio pillanatnyilag harom sebességmaédot hataroz meg. Super-Speed, Hi-Speed és Full-Speed.
Az Uj SuperSpeed moéd adatatviteli sebessége 4,8 Gbit/s. A specifikacibban megmaradt a Hi-Speed és a Full-Speed USB-mdéd (kdzismert
nevén USB 2.0 és 1.1), amelyek tovabbra is 480 Mbit/s-os, illetve 12 Mbit/s-o0s adatatvitelt tesznek lehetéveé, megbrizve ezzel a korabbi
eszkdzokkel vald kompatibilitast.

Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 a kdvetkezé mliszaki médositasok révén nyujt joval nagyobb teliesitményt.

A meglévé USB 2.0 busszal parhuzamosan egy tovéabbi fizikai buszt is hozzaadtak (tekintse meg az alabbi képet).
Az USB 2.0 korébban négy vezetékkel rendelkezett (tép, foldelés és egy par differenciélis adatvezeték). Az USB 3.0/USB 3.1
Gen 1négy tovabbi vezetékkel b&vul, amelyek a két tovabbi differencidlis jel (fogadas és tovabbitas) vezetékparjait alkotjék, igy
a csatlakozokban és a kabelekben nyolc vezeték talalhato.

e Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kétiranyl adatatviteli csatoléfellletet hasznal, tehat nem az USB 2.0 fél-duplex elrendezését. Ez
a modositas elméletileg 10-szeres savszélesség-ndvekedést eredményez.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

A HD videotartalom, a terabéjtos kapacitasu adattarolok, a sok megapixel felbontasu digitélis fényképezégépek stb. elterjedésével
folyamatosan né az egyre nagyobb adatatviteli sebesség irdnti igény, amellyel az USB 2.0 szabvany nem tud |épést tartani. Rdadasul az
USB 2.0-s kapcsolatok soha még csak meg sem kozelithetik a 480 Mbit/s-os elméleti maximélis adatatviteli sebességet, a valdban elérhetd
maximalis sebesség korulbeltl 320 Mbit/s (40 MB/s) korul alakul. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tipust kapcsolatok ugyanigy nem érik el soha
a 4,8 Gbit/s sebességet. A valds, veszteségekkel egyltt mért maximalis adatatviteli sebesség 400 MB/s lesz. Ezzel a sebességgel az USB
3.0/USB 3.1 Gen 1 tizszeres javulast jelent az USB 2.0-hoz képest.

Alkalmazasok

Az USB 3.0/7USB 3.1 Gen 1 (jj sdvokat nyit meg, és nagyobb teret enged az eszkdzoknek ahhoz, hogy jobb mindségl szolgaltatast
nyUjtsanak. Az USB-n keresztll videojelkldés korabban alig hasznélhato lehetdség volt (mind a maximalis felbontast, mind a késleltetést
és a videojel-tdmoritést tekintve), de kdnnyen elképzelhetd, hogy az 5-10-szeres elérheté savszélességgel az USB-s videomegoldasok is
sokkal jobban fognak mikodni. Az egykapcsolatos DVI majdnem 2 Gbit/s-os adatatviteli sebességet igényel. Amig a 480 Mbit/s korlatozé
tényezd volt, addig az 5 Gbit/s mar tdbb mint igéretes. Az igért 4,8 Gbit/s-o0s sebességgel a szabvany olyan termékekbe, példaul kilsé
RAID tarolérendszerekbe is bekerllhet, amelyekben kordbban nem volt elterjedt.

Technolégia és sszetevok 1"



Az aladbbiakban néhany SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 szabvanyt hasznald terméket sorolunk fel:

Kulsd asztali USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemezek
Hordozhaté USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemezek

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 mereviemez-dokkolék és adapterek
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 flash-meghajtdk és olvasok

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SSD meghajtdk

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID-ek

Optikai meghajtok

Multimédias eszkdzok

Hal6zatépités

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 adapterkéartyak és elosztdk

Kompatibilitas

Jé hir, hogy az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 terméket az alapoktdl fogva Ugy tervezték, hogy békésen megférien az USB 2.0 mellett. Az elsd
és legfontosabb, hogy bar az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 U fizikai kapcsolatokat hataroz meg, és az Uj kabeleken keresztil kihasznalhatja az
Uj protokoll nagyobb adatéatviteli sebességét, a csatlakozo szdgletes alakja nem valtozott, és az USB 2.0 négy érintkezdje is ugyanazon

a helyen maradt benne. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tipusu kabelek 6t Uj kapcsolatot létesitenek az adatok tovabbitasara és fogadasara, de
ezeket csak akkor hasznélja az eszkdz, ha megfeleld SuperSpeed USB-csatlakozéval érintkezik.

USB Type-C

Az USB Type-C egy Uj, kis méretd fizikai csatlakoz6. Ez a csatlakozé szdmos hasznos () USB-szabvanyt tdmogat, ilyenek példaul az USB
3.1vagy az USB PD (USB-tapellatas).

Alternativ mod

Az USB Type-C egy Uj, rendkivil kis méret(i csatlakozdszabvany. Mérete a régi USB Type-A csatlakozéénak koérulbelll a harmada. Ez egy
6nallé csatlakozdszabvany, amely barmilyen eszk6zon elérheté. Az USB Type-C portok kulénféle ,alternativ médokat” hasznéald protokollok
tdmogataséara alkalmasak, ennek kdszdénheten olyan adaptereket is hasznalhat, amelyek HDMI, VGA, DisplayPort vagy egyéb tipusu
csatlakozokon képesek jel kibocsatasara errél az USB-portrol.

USB PD (tapellatas)

Az USB PD és az USB Type-C miszaki adatai jérészt megegyeznek. Manapsag az okostelefonokat, a tablagépeket és mas
mobileszkdzoket is gyakran tolttink USB-kéabelen keresztil. Az USB 2.0 csatlakoz6 legfeliebb 2,5 watt teljesitmény leadéasara képes —
ez legfeliebb a telefonok toltésére elegendd. A laptopok tdltése példaul 60 wattot igényel. Az USB PD specifikacié azonban akar 100
watt leadasét is lehetdve teszi. Ez rdadasul két iranyba lehetséges, vagyis a csatlakozd eszkdzok toltésére vagy a csatlakozon keresztuli
visszatoltésre is hasznalhato. Es ez még nem minden: a tapellatas akar adattovabbitas kozben is miikodik.

Végre eljdtt az az id6, amikor laptopjainkat nemcsak a laptophoz kapott tolté segitségével, hanem egy standard USB-kabelen keresztll is
tolthetjuk. Ez azt jelenti, hogy a laptopot egy olyan hordozhatd akkumulatorrdl is feltdltheti, amelyet manapsag még csak az okostelefonok
és mas hordozhato6 eszkdzok toltésére hasznélnak. Bedughatja laptopjat egy tapkabellel csatlakoztatott kiilsd kijelz6be, amely hasznélat
kdzben is képes tolteni a gépet a kis méretl USB Type-C csatlakozdn keresztil. A technoldgia csak akkor hasznélhatd, ha az eszkdz és

a kébel is tdmogatja az USB-tapellatas funkciot. Attdl, hogy az eszkdzén USB Type-C csatlakozd van, még nem biztos, hogy ez a funkcid
is tAmogatast élvez.

USB Type-C és USB 4.1

Az USB 3.1 egy Uj USB-szabvany. Az USB 3 névleges atviteli sebessége 5 Gbit/s, ami megegyezik az USB 3.1 Gen 1 értékével, mig

a masodik generacios USB 3.1 mér 10 Gbit/s sebességet kinél. Ez dupla savszélességet jelent, azaz eléri az elsé generacios Thunderbolt-
csatlakozo sebességét. Az USB Type-C nem azonos az USB 3.1 csatlakozéval. Az USB Type-C csak egy forma, amely mogott az USB 2 és
az USB 3.0 technolégia egyarant allhat. A Nokia N1 Android tablagépe példaul szintén USB Type-C csatlakozot hasznal, azonban az csak
az USB 2.0 szabvanyt tdmogatja — még csak nem is az USB 3.0-t. Ezek a technoldgidk azonban kozel allnak egymashoz.
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A DisplayPort elonyei az USB Type-C-vel szemben

A DisplayPort audio-/video- (A/V) teljesitményének teljes kihasznélésa (akar 4K 60 Hz mellett)
Tetszblegesen csatlakoztathaté dugasz és kabelirany

Kompatibilités a korabbi VGA- és DVI-adapterekkel

SuperSpeed USB (USB 3.1) adatétvitel

HDMI 2.0a tdmogatasa, kompatibilitéds a kordbbi verzidkkal

HDMI 2.0

Ez a témakdr a HDMI 2.0 technoldgiat, annak jellemzéit, valamint elényeit ismerteti.

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) egy széles iparagi tdmogatast élvezd, tomoritetlen, tisztan digitalis hang- és videojel-atvitelt
biztositd csatoldfelllet. A HDMI csatolofellleten keresztll barmilyen kompatibilis digitalis hang- és videojelforras (példaul DVD-lejatszo,
A/V vevo) dsszekothetd kompatibilis digitélis hang- €s/vagy videojelvevékkel, példaul digitélis TV-vel. A szabvany eredetileg HDMI
TV-khez és DVD-lejatszdkhoz készult. A egyik 6 elbnye, hogy csokkenti a kdbeligényt, és lehetdvé teszi a digitélis tartalom védelmét.

A HDMI lehetdvé teszi normal, javitott és HD mindségl videojel, valamint tdbbcsatornéas digitélis hang atvitelét egyetlen kabelen keresztul.

A HDMI 2.0 jellemzdi

HDMI Ethernet-csatorna — Nagy sebességl haldzati adattovabbitast kdlcsdéndz a HDMI-kapcsolatnak, igy a felhasznalok telies
meértékben kihasznalhatjak IP-kompatibilis eszkozeiket anélkil, hogy kilén Ethernet-kbelre lenne szlikséguk.

Audio Return Channel (ARC) - Lehet&vé teszi, hogy egy HDMI-vel csatlakoztatott, beépitett tunerrel rendelkezd TV tovabbkildje
az adatokat egy surround hangrendszernek, igy nincs szikség kulon audiokabelre.

3D — Meghatéarozza az input/output protokollokat a fébb 3D videoformatumokhoz, igy készitve eld az utat a valddi 3D-s jatékok és

a 3D-s hazimozi alkalmazasokhoz.

Tartalomtipus — A tartalomtipusok valos idejl jelzése a kijelzd és a forraseszkdzok kozott, lehetdvé téve a tévé szémara

a képbeallitdsok optimalizalasat az adott tartalomtipusnak megfelel&en.

Kiegészito szinterek — Tdmogatéast biztosit a kiegészitd szinmodellekhez, amelyek a digitalis fényképészetben és szamitogépes
grafikédban hasznalatosak.

4K tamogatas — Messze az 1080p-t meghaladé felbontast tesz lehetéve, tamogatva a kdvetkezd generacios kijelzéket; ezek
vetekedni fognak a Digital Cinema rendszerekkel, amelyeket szamos kereskedelmi moziban hasznalnak.

HDMI-mikrocsatlakoz6 — Uj, kisebb csatlakozo a telefonok és egyéb hordozhatd eszkdzodk szamara, amely maximalisan 1080p
videofelbontast tamogat.

Autéipari csatlakozérendszer — Uj kabelek és csatlakozok az autoipari videdrendszerekhez, amelyeket olyan modon terveztek meg,
hogy megfelelienek az autds kornyezet sajatos igényeinek, HD-mindséget biztositva.

A HDMI el6nyei

A minéségi HDMI témaritetlen digitalis audio és videdatvitelt biztosit a legmagasabb, legélesebb képmindséggel

Az alacsony koltségli HDMI a digitalis interfészek mingségét és funkcioit nyUjtja, mikdzben egyszerd, koltséghatékony médon
tdmogatja a tomarités nélkdli videdformatumokat is

Az audio HDMI t6bb audioformatumot tamogat a normal sztered formatumtdl a tébbcsatornas térhatasu hangig

A HDMI a vide6t és a tébbcsatornas hangot egyetlen kabelben egyesiti, igy kikliszobodlve a kdltségeket, bonyolultsagot és a sok kabel
altal okozott zlrzavart, amely a jelenleg hasznalt A/V-rendszerekre jellemzd
A HDMI tdmogatja a videdforréas (pl. egy DVD-lejatszé és a DTV kozdtti kommunikéaciot, igy Uj funkcidkat tesz lehetdveé)

Intel Optane meméria

Az Intel Optane meméria a taroldeszkdzdk gyorsitadsara szolgal. Nem helyettesiti és nem is ndveli a szamitégépbe helyezett memoriat
(RAM-ot).

@ MEGJEGYZES: Az Intel Optane meméria tAmogatasahoz a szamitégépnek a kdvetkezd feltételeket kell teljesitenie:

e 7. generacits vagy Ujabb Intel Core i3/i5/i7 processzor

e Windows 10 64 bites verzi6, 1607-es vagy magasabb build
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e Intel Rapid Storage technologia — 15.9.1.1018 vagy magasabb verzidszamu illesztéprogram

2. tablazat: Intel Optane memoria miiszaki adatai

Funkcié Miiszaki adatok

Interfész PCle 3x2 NVMe 1.1

Csatlakozo M.2 kartyafoglalat (2230/2280)

Tamogatott konfiguraciok e /. generéacios vagy Ujabb Intel Core i3/i5/i7 processzor

Windows 10 64 bites verzi6, 1607-es vagy magasabb build

Intel Rapid Storage technoldgia — 15.9.1.1018 vagy magasabb
verzidszamu illesztéprogram

Kapacitas 32 GB

Az Intel Optane memoria engedélyezése

NN

Kattintson a télcan talalhatd keresémezébe, majd irja be: ,,Intel Rapid Storage Technology”.
Kattintson az Intel Rapid Storage Technology lehet&ségre.
A Status (Allapot) lapon kattintson az Enable (Engedélyezés) lehetdségre az Intel Optane memodria letiltasahoz.

A figyelmeztetd képernydn vélasszon egy kompatibilis gyors meghajtét, majd az Intel Optane meméria engedélyezéséhez kattintson
a Yes (Igen) lehet8ségre.

Az Intel Optane memoria engedélyezésének befejezéséhez kattintson az Intel Optane memory> Reboot (Intel Optane memoria >

Ujrainditas) elemre.

@ MEGJEGYZES: A teljesitményre gyakorolt pozitiv hatas teljes kor(i eléréséhez egyes alkalmazasok esetében harom Ujrainditas is
szlUkséges.

Az Intel Optane memodria letiltasa

14

Az Intel Optane memoéria letiltasa utan ne tavolitasa el az Intel Rapid Storage technolégia
illeszt6programjat. Ez kék képernyds 6sszeomlashoz vezet. Az Intel Rapid Storage technolégia felhasznaléi feliiletének
eltavolitasdhoz nem sziikséges toréinie az illeszt6programot.

MEGJEGYZES: Miel6tt eltavolitana az Intel Optane memdriamodul 4ltal gyorsitott SATA-taroldeszkozt a szamitdgépbd|, tiltsa le az
Intel Optane memariat.

Kattintson a télcan taldlhatd keresémez&be, majd irja be: ,Intel Rapid Storage Technology”.
Kattintson az Intel Rapid Storage Technology lehet8ségre. Megnyilik az Intel Rapid Storage Technology ablak.

Az Intel Optane memory (Intel Optane memoria) lapon kattintson a Disable (Letiltas) lehet&ségre az Intel Optane memdria
letiltaséhoz.

Kattintson a Yes (Igen) lehet&ségre a figyelmeztetés elfogadasahoz.
Megjelenik a letiltasi mivelet el6rehaladasa.

Az Intel Optane meméria letiltasahoz, és a szamitdgép Ujrainditasahoz kattintson a Reboot (Ujrainditas) gombra.
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Alkatrészek eltavolitasa és beszerelése

®

megjelend képektdl.

Témak:

*  Oldalpanel

. Bovitdkartya

*  Gombelem

*  merevlemez-meghajtd egység
¢ Merevlemez-meghajtd

*  El6lap

¢ Merevlemez-meghajto és optikai meghajté modul
*  Optikai meghajto

e Memoria modul

*  HUtéborda-ventilator

e Htéborda-szerkezet

*  Behatolasjelz6 kapcsold

*  Bekapcsologomb

e Processzor

« M.2PCle SSD

e Téapegység

e Hangszoré

*«  Alaplap

Oldalpanel

Az oldalpanel eltavolitasa

MEGJEGYZES: A jelen dokumentumban talalhato képek a megrendelt konfiguraciotdl fliggéen eltérhetnek a szamitdgépen

1. Kodvesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgep belsejében cimi fejezet utasitasait.

2. A burkolat eltavolitasa:

a. Az oldalpanel feloldasdhoz csusztassa el a rendszer hatuljan a kioldoreteszt, amig kattané hangot nem hall [1].

b. Csusztassa el, és emelje le az oldalpanelt a rendszerrdl [2].

Alkatrészek eltavolitasa és beszerelése
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Az oldalpanel felszerelése

1. Helyezze fel a szamitdgépre az oldalpanelt, majd cslsztassa el, amig az helyére nem pattan [1].
2. Akioldéretesz automatikusan régzitik az oldalpanelt a szamitégéphez [2].
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3. Kovesse a Miutan befejezte a munkat a szamitogep belsejében cim( fejezet utasitasait.
rLd v e L d L 4
Bovitokartya

A bovitokartya eltavolitasa

1. Kodvesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgép belsejében cim( fejezet utasitasait.
2. Téavolitsa el az oldalpanelt.
3. A Dbbvitékartya eltavolitasa:

a. A bdvitbékartya retesz kinyitasahoz hlizza meg a fém filet [1].
b. Huzza fel a kioldofllet a bévitékartya aljanal [2].

®| MEGJEGYZES: A x16 kartyafoglalatokra vonatkozik, az x1 kartyafoglalaton nincs kioldful.

C. Huzza ki, majd emelje ki a bévitékartyat az alaplapi csatlakozobdl [3].
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A bovitokartya beszerelése

1. @ MEGJEGYZES: A PCle-tartéelemek eltavolitasdhoz a szamitdgép belseje feldl tolja felfelé a tartoelemet a kioldashoz, majd emelie
ki azt a szamitogépbdl.
Helyezzen be egy csavarhizét a PCIE-tartéelem mélyedésébe, majd nyomja erételiesen befelé, amig a tartéelem ki nem oldédik [3].
Végul emelje ki a tartéelemet a szamitdgépbdl.
2. Helyezze be a bovitékartyat az alaplapon 1évé csatlakozéba [1].
3. Nyomija befelé a bévitokartyat, amig az a helyére nem pattan [2].
4, Zarja a bdvit6kartya reteszét, és nyomja lefelé a kartyat, amig az a helyére nem pattan [3].
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5. Szerelje fel az odalpanelt.
6. Kovesse a Miutan befejezte a munkat a szamitdgép belsejében ciml fejezet utasitasait.

Gombelem

A gombelem eltavolitasa

A gombelem eltavolitasa alaphelyzetbe allithatja az alaplapot.

1. Kovesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgep belsejeben cimli fejezet utasitasait.
2. Téavolitsa el a kdvetkezbt:
a. Oldalpanel
b. Boévitékartya
3. A gombelem eltavolitasa:
a. Egy mlanyag pélca hasznalataval nyomja meg a kioldéreteszt, amig a gombelem ki nem ugrik a helyérdl [1].
b. Tavolitsa el a gombelemet az alaplaprol [2].

Alkatrészek eltavolitasa és beszerelése
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A gombelem beszerelése

1. Helyezze a gombelemet a ,+” jelzéssel felfelé az alaplapon talalhaté foglalataba [1].
2. Nyomja befelé a foglalatba az elemet mindaddig, amig az nem rogzil a helyére [2,3].
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3. Szerelie be a kovetkezbt:
a. Bovitdkartyak
b. Oldalpanel
4. Kodvesse a Miutan befejezte a munkat a szamitdgép belsejeben cim(i fejezet utasitasait.

mereviemez-meghajté egység

A merevlemez-meghajté szerkezet eltavolitasa

1. Kovesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgep belsejeben cim( fejezet utasitasait.
2. Tavolitsa el az oldalpanelt.
8. A merevlemez-meghajté eltavolitasa:

a. Valassza le az adatkabelt és a tapkabelt a merevlemez-meghajton lévd csatlakozoikrol [1, 2].
b. Nyomija le a kiold6filet, és emelje ki a merevlemez-szerelvényt a rendszerbdl [3].

Alkatrészek eltavolitasa és beszerelése
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A mereviemez-meghajto szerkezet beszerelése

1. Helyezze a merevlemez-meghajtd szerkezetét a rendszerben lévd foglalatba [1].
2. Csatlakoztassa az adatkabelt és a tapkabelt a merevlemez-meghajtén Iévé csatlakozohoz [2,3].
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3. Szerelje fel az odalpanelt.
4. Kovesse a Miutan befejezte a munkat a szamitogep belsejeben cim(i fejezet utasitasait.

Merevlemez-meghajté

A merevilemez eltavolitasa

®

MEGJEGYZES: A 3,5 hlvelykes mereviemez-meghajtoval szerelt konfiguraciok esetében ugyanezzel az eljarassal szerelie ki
a merevlemez-meghajtot a keretébdl.

1. Kodvesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgép belsejében cim( fejezet utasitasait.
2. Tavolitsa el a kdvetkez6t:

a. Oldalpanel
b. merevlemez-meghajtd szerkezet

3. Hajlitsa meg a merevlemez-meghajto keretét [1], emelje meg a mereviemez-meghajtot [2], majd csUsztassa ki a keretébdl [3].

@l MEGJEGYZES: Ugyanezzel az eljaréssal tavolitsa el a masik, 2,5 hiivelykes mereviemez-meghajtét a keret masik oldalarol.

Alkatrészek eltavolitasa és beszerelése
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A mereviemez-meghajto beszerelése

®

MEGJEGYZES: A 3,5 hiivelykes merevlemez-meghajtéval szerelt konfiguraciok esetében ugyanezzel az eljarassal szerelje be
a merevlemez-meghajtot a keretébe.

1. Helyezze a merevlemez egyik oldalan 1évé lyukakat a merevlemez-meghajtd keretének csapjaiba [1], majd helyezze a merevlemez-
meghajtot a keretbe Ugy, hogy a keret masik oldalén Iévé csapok a merevliemez-meghajtén 1évé lyukakhoz igazodjanak [2].

@l MEGJEGYZES: Ugyanezzel az eljarassal szerelie be a masik, 2,5 htivelykes merevlemez-meghajtét a keret mésik oldalén.

2. Szerelie be a kdvetkez6t:
a. HDD-szerelvény
b. oldalpanel
3. Kovesse a Miutan befejezte a munkat a szamitogep belsejében cimU fejezet utasitasait.

Elolap

Az elilso eldlap eltavolitasa

1. Kovesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitoégep belsejeben cim( fejezet utasitésait.
2. Téavolitsa el az oldalpanelt.
3. Az elllsd eldlap eltavolitasa:

a. A flleket felhGzva oldja ki az elllsé el6lapot a rendszerbdl.
b. Vegye ki az el6lapot a rendszerbdl.
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Az elilso eldlap felszerelése

1. lgazitsa a megfelel® helyre az el6lapot és helyezze be az el6lapon 1&vE rogzitdfileket a rendszer nyilasaiba.
2. Nyomja meg az elélapot, amig a fllek a helylkre nem pattannak.
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3. Szerelje fel az odalpanelt.
4. Kovesse a Miutan befejezte a munkat a szamitogep belsejeben cim(i fejezet utasitasait.

Merevlemez-meghajto és optikai meghajté modul

A merevlemez-meghajté és az optikaimeghajté-modul eltavolitasa

1. Kovesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitogep belsejeben cimli fejezet utasitasait.
2. Tavolitsa el a kdvetkez6t:

a. Oldalpanel

b. ElUls6 keret

c. HDD-szerelvény

3. A merevlemez-meghajté és az optikaimeghajto-modul kioldasa:

a. Fejtse ki az optikai meghajtd kabeleit [1] és a merevlemez-meghajtd kabeleit [2] a régzitékapcsokbdl, valamint a HDD-ODD
kioldofulekbdl.
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b. A kioldofll elcsUsztatasaval oldja ki a mereviemezt és az optikai modult [1].

c. Emelie ki a merevlemez-meghajtét és az optikai modult [2].

és beszerelése 27

Itasa es

Alkatrészek eltavol



28

3

o
771

e
Y~

7711

STETIT S
[ 777

W 7
7

4. A merevlemez-meghajtd és az optikaimeghajté-modul eltavolitasa:
a. Valassza le az adatkabelt és a tapkabelt az optikai meghajton Iévé csatlakozoikrdl [1, 2].

b. Csusztassa el, €s emelje ki a merevlemez-meghajtd és az optikai meghajté moduljat a rendszerbdl [3].
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A merevlemez-meghajté és az optikai meghajté beszerelése

1. 30 fokos szoégben helyezze be a mereviemez-meghajté és az optikai meghajto flleit a rendszer foglalataba [1].
2. Csatlakoztassa az optikai meghajté adatkabelét és a tapkabelét az optikai meghajton 1évé csatlakozéikra [2, 3].
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3. Engedje lefelé a mereviemez-meghajtét és az optikai meghajtot, amig be nem cslisznak a helytkre [1].
4. Rogzitse a modult a kioldofll elhtizasaval [2].
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5. Vezesse at a merevlemez-meghajté adat- és tapkabeleit a HDD-ODD kioldofulén [1].

6. Vezesse at az optikai meghajté adat- és tapkébeleit a rogzitékapcson [2].
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7. Szerelie be a kdvetkez6t:
a. HDD-szerelvény
b. ElUIs6 keret
¢. Oldalpanel
8. Kovesse a Miutan befejezte a munkat a szamitdgép belsejében ciml fejezet utasitasait.

Optikai meghajto

Az optikai meghajté eltavolitasa

1. Kodvesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgep belsejében cim( fejezet utasitasait.
2. Téavolitsa el a kdvetkezbt:

a. Oldalpanel
b. ElUIs6 keret

3. Az optikai meghajto eltavolitasa:
a. Vélassza le az adatkabelt és a tapkabelt a merevlemez-meghajton lévé csatlakozoikrol (1, 2].
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b. A kioldofll elcsusztatasaval oldja ki a mereviemezt és az optikai modult [1].
c. Emelie ki a merevlemez-meghajtét és az optikaimeghajté-modult [2].
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d. Valassza le az adatkabelt és a tapkabelt az optikai meghajton levé csatlakozoikrél [1, 2] és engedje le a merevliemez-meghajté és

optikaimeghajto-modult, amig a helytkre nem érkeztek.

és beszerelése
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e. Nyomja meg a kioldéfilet az optikai meghajton [1], és hlizza ki az optikai meghajtét a rendszerbdl [3].
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Az optikai meghajté beszerelése

1. CsUsztassa be az optikai meghajtét a rendszerben talalhaté csatlakozdba [1].
2. Akioldoful elcsUsztatasaval oldja ki a mereviemezt és az optikai meghajté moduljat [2].
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3. Emelie fel a merevlemezt és az optikai modult [1], csatlakoztassa az optikai meghajto adatkabelét és tapkabelét az optikai meghajton

taldlhat6 csatlakozékhoz [2, 3].
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4. Csatlakoztassa a merevlemez adatkabelét és tapkabelét a merevlemez meghajton taldlhatéd csatlakozékhoz [1,2].
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B. Rogzitse a modult a kioldéfil elhtizésaval [2].

6. Szerelie be a kdvetkez6t:

a. Ellls6 keret
b. Oldalpanel

7. Kodvesse a Miutan befejezte a munkat a szamitogep belsejeben ciml fejezet utasitasait.

Memoria modul

A memoriamodul eltavolitasa

1. Kodvesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgeép belsejében cim( fejezet utasitasait.
2. Tavolitsa el a kdvetkez6t:
a. Oldalpanel
b. ElUls6 keret
c. HDD-szerelvény
d. Merevlemez-meghajté és optikai meghajté modul
3. A memdriamodul eltavolitasa:
a. Nyissa fel a két oldalon a rogzit&fuleket, hogy el lehessen emelni a memdriamodult a foglalattdl [1].
b. Tavolitsa el a memdriamodult az alaplaprél [2].
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A memoriamodul beszerelése

1. lllessze a memodriamodulon lévé bemetszést a memdriamodul foglalatadban taldlhaté filhoz.
2. Helyezze be a memériamodult a memdriamodul-foglalatba [1].
3. Nyomija le a memdriamodult, amig a rogzit6filek a helyikre nem pattannak [2].
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4. Szerelie be a kdvetkezbt:
a. Merevlemez-meghajté és optikai meghajté modul
b. HDD-szerelvény
c. ElUls6 keret
d. Oldalpanel
5. Kovesse a Miutan befejezte a munkat a szamitogép belsejében ciml fejezet utasitasait.

Hitoborda-ventilator

A hitoborda-ventilator eltavolitasa

1. Kovesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgep belsejeben ciml fejezet utasitasait.
2. Téavolitsa el a kdvetkezbt:
a. Oldalpanel
b. ElUIs6 keret
¢. HDD-szerelvény
d. Merevlemez-meghajté és optikai meghajté modul
3. A h(t6borda-ventilator eltavolitasdhoz:
a. Vélassza le a hiitéborda-ventilator kabelét az alaplapi csatlakozordl [1].
b. Tévolitsa el a csavarokat, amelyek a hit&borda-ventildtort a hlitébordéara rogzitik [2].
c. Emelje ki a hitéborda-ventilatort a szamitogépbdl [3].
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A hiitoborda-ventilator beszerelése

1. lllessze a hlitéborda-ventilatort a hlitéborda-szerkezetre [1].
2. Hajtsa be a hltéborda-ventilatort a hiitéborda-szerkezethez régzité 3 csavart [2].
3. Csatlakoztassa a hiitéborda-ventilator kabelét az alaplapi csatlakozohoz [3].
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4, Szerelie be a kovetkezbt:

a. Merevlemez-meghajté és optikai meghajté modul
b. HDD-szerelvény

C. ElUISE keret

d. Oldalpanel

B. Kodvesse a Miutan befejezte a munkat a szamitogep belsejeben ciml fejezet utasitasait.

Hltoborda-szerkezet

A hutoborda-szerkezet eltavolitasa

1. Kodvesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgeép belsejében cim( fejezet utasitasait.
2. Tavolitsa el a kdvetkez6t:
a. Oldalpanel
b. ElUlsé keret
c. HDD-szerelvény
d. Merevlemez-meghajté és optikai meghajté modul
3. A h(t6borda-szerkezet eltavolitasa:
a. Vélassza le a hit6borda-szerkezet ventilatoranak kabelét az alaplapi csatlakozérdl [1].
b. Lazitsa meg a hiitéborda-ventilator egységet rogzité 4 elveszthetetlen csavart [2], majd emelie ki a szamitégépbdl [3].
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®| MEGJEGYZES: Az alaplapon jelolt szamok szerinti ndvekvé sorrendben lazitsa meg a csavarokat (1,2,3,4).

A hiitoborda-szerkezet beszerelése

1. lgazitsa a hltdborda-szerkezetet a processzorra [1].
2. Huzza meg a htéborda-szerkezetet az alaplaphoz régzit6 4 elveszithetetlen csavart [2].

®| MEGJEGYZES: Az alaplapon jelslt szamok szerinti névekvé sorrendben szorftsa meg a csavarokat (1,2,3,4).

3. Csatlakoztassa a hiitéborda-szerkezet ventilatoranak kabelét az alaplapi csatlakozéra [3].
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4, Szerelie be a kovetkezbt:
a. Merevlemez-meghajté és optikai meghajté modul
b. HDD-szerelvény
C. ElUISE keret
d. Oldalpanel

B. Kodvesse a Miutan befejezte a munkat a szamitogep belsejeben ciml fejezet utasitasait.

Behatolasjelzo kapcsolo

A behatolasjelzo kapcsol6 eltavolitasa

1. Kodvesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgép belsejében cim( fejezet utasitasait.
2. Tavolitsa el a kdvetkez6t:

Oldalpanel

Eltls6 keret

HDD-szerelvény

Merevlemez-meghajté és optikai meghajté modul

Hatéborda-szerkezet

a0 oTo

3. A behatolasjelz6 kapcsolo eltavolitasa:

a. Csatlakoztassa le a behatolasjelzé kapcsold kabelét az alaplapi csatlakozordl [1].
b. A behatolasjelz6 kapcsoldt cslsztassa ki, majd emelje ki a [2].
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A behatolasjelz6 kapcsol6é beszerelése
1. Helyezze be a behatolasjelzd kapcsolét a szamitdgéphazon 1évé foglalatéba [1].
2. Csatlakoztassa a behatolasjelz6 kapcsold kabelét az alaplapra [2].
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3. Szerelie be a kdvetkezbt:

HUtéborda-szerkezet

Merevlemez-meghajté és optikai meghajté modul
HDD-szerelvény

Ellls6 keret

Oldalpanel

®ap oo

4. Kodvesse a Miutan befejezte a munkat a szamitogéep belsejeben cim(i fejezet utasitasait.

Bekapcsoléogomb

A bekapcsoléogomb eltavolitasa

1. Kovesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitogep belsejeben cimli fejezet utasitasait.
2. Téavolitsa el a kdvetkez6t:
a. Oldalpanel
b. ElUIs6 keret
c. HDD-szerelvény
d. Merevlemez-meghajté és optikai meghajté modul
3. A bekapcsoldgomb eltavolitasa:
a. Csatlakoztassa le a bekapcsolégomb kabelét az alaplaprdl [1].
b. Nyomja meg a tapkapcsold rogzitéfileit, és hlizza ki a tapkapcsoldt a rendszerbdl [2] [3].
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A bekapcsologomb beszerelése

1. CsUsztassa be a bekapcsoldgomb-modult a szamitégéphézon lévd foglalataba, amig a helyére nem kattan [1, 2].
2. Csatlakoztassa a bekapcsologomb kabelét az alaplapi csatlakozéra [3].
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3. Szerelie be a kovetkezbt:

a.
b.
c.
d.

Merevlemez-meghajté és optikai meghajté modul
HDD-szerelvény

ElUls6 keret

Oldalpanel

4. Kbovesse a Miutan befejezte a munkat a szamitogep belsejében cimU fejezet utasitasait.

Processzor

A processzor eltavolitasa

1. Kodvesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgeép belsejében cim( fejezet utasitasait.
2. Tavolitsa el a kovetkezbt:

a0 oo

Oldalpanel

Eltls6 keret

HDD-szerelvény

Merevlemez-meghajté és optikai meghajté modul
H(téborda-szerkezet

3. A processzor eltavolitasa:

a.

b.

Oldja ki az aljzat kart Ugy, hogy a kart megnyomja lefelé és kifelé a processzor arnyékolason levé fil alél [1].
Emelje felfelé a kart, és emelje fel a processzor arnyékolast [2].
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A processzorfoglalat érintkezoi torékenyek, és akar maradandoé karosodast is szenvedhetnek.
Ugyeljen ra, hogy ne hajlitsa meg a processzorfoglalat érintkezéit, amikor eltavolitja a processzort a foglalatbél.

c. Ovatosan emelie ki a processzort az aljizatbdl [3].

@ MEGJEGYZES: A processzor eltavolitdsa utan helyezze a processzort egy antisztatikus tasakba a késébbi hasznalat,
visszakuldés vagy ideiglenes tarolas céljiabdl. Ne érjen a processzor aljghoz, mivel ezzel kart okozhat az érintkezékben. Csak
a széleinél fogja meg a processzort.

A processzor beszerelése

1. Helyezze be a processzort a foglalatba Ugy, hogy a processzoron lévé nyilasok a foglalat illesztékeihez illeszkedjenek [1].

A processzor 1-es érintkezdsarkanal haromszog lathato, amely egyezik a processzorfoglalat
1-es érintkezdsarkanal lathaté haromszoéggel. Ha a processzor megfelel6en van behelyezve, mind a négy sarka
egy magassagban van. Ha az egyik vagy tobb sarok magasabban van, mint a tobbi, a modul nincs megfelelen
behelyezve.

2. Zéarjale a processzor arnyékolast Ugy, hogy becsUsztatja a rogzitécsavar ala [2].
3. Engedje le a foglalat karjat, és a rogzitéshez nyomja be a ful alé [3].
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4, Szerelie be a kovetkezbt:

®Papoo

H(téborda-szerkezet

Merevlemez-meghajto és optikai meghajté modul
HDD-szerelvény

Ellls6 keret

Oldalpanel

B. Kodvesse a Miutan befejezte a munkat a szamitégép belsejében ciml fejezet utasitasait.

M.2 PCle SSD

Az M.2 PCle SSD-meghajté eltavolitasa

@l MEGJEGYZES: Az utasftasok ugyanugy vonatkoznak az M.2 SATA SSD eltavolitéséra.

1. Kodvesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgép belsejében cim( fejezet utasitasait.

2. Tavolitsa el a kdvetkez6t:

a.

oo yoT

Oldalpanel

Ellls6 keret

HDD-szerelvény

Mereviemez-meghajté és optikai meghajtd modul
Hat6borda-szerkezet
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3. Az M.2 PCle SSD meghajté eltavolitasahoz:
a. Tavolitsa el a (M2x3,5) csavart, amely az M.2 PCle SSD-t az alaplaphoz rogziti [1].
b. Emelje fel és hlzza ki a PCle SSD-t az alaplapi csatlakozéjabdl [2].
c. Tavolitsa el az SSD hévezetd lapjat [3].

Az M.2 PCle SSD-meghajté beszerelése

@l MEGJEGYZES: Az utasitasok ugyanugy vonatkoznak az M.2 SATA SSD eltavolitaséra.

1. Helyezze az SSD héparnajat az alaplapon 1évé tartdba [1].
2. Helyezze be az M.2 PCle SSD-t az alaplapon talélhaté csatlakozdba [2].
3. Tavolitsa el az (M2x3,5) csavart, amely az M.2 PCle SSD-t az alaplaphoz régziti [3].
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4. Szerelie be a kdvetkezbt:

®ap oo

HUt6borda-szerkezet

Merevlemez-meghajtd és optikai meghajté modul
HDD-szerelvény

Eltls6 keret

Oldalpanel

B. Kodvesse a Miutan befejezte a munkat a szamitdgep belsejében cimd fejezet utasitasait.

Tapegység

A tapegység (PSU) eltavolitasa

1. Kdvesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgep belsejében cim( fejezet utasitasait.

2. Tavolitsa el a kdvetkez6t:

a.

®Pao0ym

Oldalpanel

ElGls6 keret

HDD-szerelvény

Merevlemez-meghajtd és optikai meghajté modul
HUt6borda-szerkezet
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3. A PSU kioldasa:

a. Vélassza le a processzor tapkabelét az alaplaprol [1].
b. Fejtse ki a tdpkabeleket a szamitdgéphéazon lévd rogzitékapcsokbdl [2].

4, APSU eltavolitasa:

a. Tavolitsa el a & csavart, amely a tapegységet a rendszerhez rogziti [1].

Vélassza le a rendszer tapkéabelét az alaplapi csatlakozorél [2].

Emelie le a kdbeleket a rendszerrdl [3].

Nyomja meg a kék kioldofulet [4] a tApegység hatso részén, majd cslsztassa el, és emelje ki a tpegységet a rendszerbdl [5].

aoo
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A tapegység (PSU) beszerelése

Helyezze be a tapegységet a szamitdégéphazba, és a rogzitéshez cslsztassa a rendszer hatulja felé [1, 2].
Vezesse at a bekapcsologomb kabelét a kabeltartd kapcsokon [3].

Csatlakoztassa a tapkabelt az alaplapi csatlakozéhoz [4].

Helyezze be a tapegységet a szamitdégéphaz hatuljghoz rogzité csavarokat [5].

NN
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B. Vezesse 4t a processzor tapkabelét a rogzitékapcsokon [1].

6. Csatlakoztassa a processzor tapkabelét az alaplapi csatlakozéhoz [2].

és beszerelése

Itasa es

Alkatrészek eltavol
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7. Szerelie be a kdvetkez6t:

H{t6borda-szerkezet

Merevlemez-meghajto és optikai meghajté modul
HDD-szerelvény

Ellls6 keret

Oldalpanel

®Papoo

8. Kodvesse a Miutan befejezte a munkat a szamitégép belsejében ciml fejezet utasitasait.

Hangszoro

A hangszoro eltavolitasa

1. Kodvesse a Miel6tt elkezdene dolgozni a szamitdgép belsejében cim( fejezet utasitasait.
2. Tévolitsa el a kdvetkez6t:

a. Oldalpanel

b. ElUIs6 keret

c. HDD-szerelvény

d. Merevlemez-meghajto és optikai meghajtd modul
3. A hangszoéro eltavolitasa:

a. Csatlakoztassa le a hangszoroé kabelét az alaplapi csatlakozordl [1].

b. Nyomja meg a kioldoflleket [2], és hiizza ki a hangszérét a [3].
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A hangszoro beszerelése

1. Helyezze be a hangszérét a szamitogéphazban lévé foglalataba, majd nyomja be, amig a helyére nem kattan [1, 2].
2. Csatlakoztassa a hangszoro kébelét az alaplapi csatlakozohoz [3].
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3. Szerelie be a kovetkezbt:
a. Merevlemez-meghajté és optikai meghajté modul
b. HDD-szerelvény
C. ElUISE keret
d. Oldalpanel

4. Kbvesse a Miutan befejezte a munkat a szamitogep belsejében cimU fejezet utasitasait.

Alaplap

Az alaplap eltavolitasa

1. Kodvesse a Mieldtt elkezdene dolgozni a szamitdgép belsejében cim( fejezet utasitasait.
2. Tavolitsa el a kdvetkez6t:

Oldalpanel

Gombelem

ElUIs6 keret

HDD-szerelvény

Merevlemez-meghajto és optikai meghajté modul
H(t6borda-szerkezet

Processzor

Memoria modul

M.2 PCle SSD

3. Csatlakoztassa le az aldbbi kabeleket:

" TQ o Q0D

a. Behatolasjelz6 kapcsold
b. Bekapcsolégomb
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4. Az 1/0 panel eltavolitasa:
a. Tavolitsa el az I/0O-panelt rogzitd csavart [1].
b. Forditsa el az I/O-panelt, majd tavolitsa el a rendszerbdl [2].
C. Valassza le a merevlemez adatkabelét [3], az optikai meghajtd adatkabelét [4] és a tapkabelt [5] az alaplapon lévd csatlakozokrol.

B. Vélassza le a kdvetkez6 kabeleket az alaplapi csatlakozojukrol.
a. Behatolasjelzd kapcsold [1]
b. Processzor tapellatasa [2]
c. Téapkapcsold [3]

6. Fejtse ki a tdpegység kabeleit a rogzitékapcsokbdl [4].
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7. A csavarok alaplaprol térténd eltavolitasa:
a. Tavolitsa el az alaplapot a szamitdgéphazhoz régzité 5 csavart [1].
b. Tavolitsa el az M.2 SSD rogzitésére szolgald csavart [2] és a (#6-32) csavart [3], amely az alaplapot a rendszerhez régziti [3].
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8. Az alaplap eltavolitasa:
a. Emelie fel, és csUsztassa ki az alaplapot a rendszerbdl [1, 2].
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Az alaplap beszerelése

1. Fogja meg az alaplapot a széleinél fogva, és illessze azt a rendszer hatuljghoz.

2. Az alaplapot engedje a géphazba, amig az alaplap hatuljan lévé csatlakozok a szamitdgép hatfalan 1évé foglalatokba nem illeszkednek,
és az alaplap csavarfuratai a szamitdogéphaz csavarhelyeihez nem illeszkednek [1,2].

3. Helyezze vissza a (#6-32) csavart, az M.2 SSD rogzitésére szolgéld csavart és az 5 csavart , amelyek az alaplapot a rendszerhez
rogzitik [1, 2, 3][1,2].
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4. A kabeleket vezesse el a kabelvezetbikben [1].
B. lllessze a kébeleket az alaplapi csatlakozdkon taldlhatéd érintkez6khdz, majd csatlakoztassa az alaplaphoz a kdvetkezé kabeleket:

a. Bekapcsolégomb [2]
b. Processzor tapellatasa [3]
c. Behatolasjelzd kapcsold [4]
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6. Csatlakoztassa a tapkabelt, az optikai meghajté adatkébelét és a mereviemez-meghajté adatkabelét [1, 2, 3].
7. lllessze az I/0-panel kampdjat a géphazon 1évé foglalatba, majd forditsa el az I/0-panel lezaraséhoz [4].
8. Helyezze be az I/0-panelt a szamitogéphazhoz régzitd csavart [5].
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10.

1.
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Csatlakoztassa az alabbi kabeleket:
a. Behatolasjelz6 kapcsold

b. Bekapcsolbgomb

Szerelje be a kdvetkez6t:

M.2 PCle SSD

Memoria modul

Processzor
HUt6borda-szerkezet
Merevlemez-meghajtd és optikai meghajté modul
HDD-szerelvény

Eltls6 keret

Oldalpanel

ST@ o0 oo

Kovesse a Miutan befejezte a munkéat a szamitogep belsejében ciml fejezet utasitasait.
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Hibaelharitas

Témak:

. Bovitett rendszerinditas el6tti rendszerfelmérés (ePSA) diagnosztika
*  Diagnosztika

* A tépegység beépitett Ontesztje

¢ Diagnosztikai hibatizenetek

. Rendszer hibalzenetek

. Az operacios rendszer helyreéllitasa

e Valds idejl 6ra (RTC) alaphelyzetbe allitasa

*  Biztonsagi mentési adathordozo és helyreallitasi lehetdségek

A Wi-Fiki- és bekapcsolasa

Bovitett rendszerinditas elotti rendszerfelmeérés
(ePSA) diagnosztika

Az ePSA diagnosztikai funkcid (amely rendszerdiagnosztika néven is ismert) telies korU ellenérzést végez a hardveres eszkdzokdn. Az
ePSA a BIOS-ba agyazva talalhato, és a BIOS-bdl indithat6 el. A beépitett rendszerdiagnosztika szamos lehetéséget biztosit az adott
eszkdzcsoportokhoz vagy eszkdzokhoz, amelyek az aldbbiakat teszik lehetévé:

Az ePSA diagnosztika elinditasahoz rendszerinditas kdzben nyomja meg a FN+PWR billenty(iket.

Tesztek automatikus vagy interaktiv futtatasa

Tesztek megismétlése

A teszteredmények megjelenitése és elmentése

Alapos tesztek futtatasa tovabbi tesztopcidkkal, amelyek tovabbi informaciokat biztositanak a meghibasodott eszkdz(6k)rél
Allapottizenetek megtekintése, amelyek a teszt sikerességérd| tajékoztatnak

Hibalzenetek megtekintése, amelyek a teszt soran tapasztalt problémakrol tajékoztatnak

@ MEGJEGYZES: Bizonyos eszkdzok ellenérzése felhasznaléi beavatkozast igényel. Mindig legyen jelen a szamitdgépnél

a diagnosztikai tesztek futtatasakor.

Az ePSA-diagnosztika futtatasa

Hivja el® a rendszerinditasi diagnosztikat a lent javasolt médszerek valamelyikével:

1. Kapcsolja be a szamitégépet.
2. Amikor a szamitégép elindul, a Dell embléma megjelenésekor nyomja meg az F12 billenty(it.

3. Arendszerinditasi menU képernydn a fel/le nyilak segitségével valassza ki a Diagnostics (Diagnosztika) lehetéséget, majd nyomja meg
az Enter (Belépés) gombot.

@ MEGJEGYZES: Az Enhanced Pre-boot System Assessment (Bévitett rendszerinditas el6tti rendszerfelmérés) ablak
jelenik meg, amely felsorolja a szamitogépre csatlakoztatott eszkdzoket. A diagnosztika elkezdi a tesztek futtatdsat minden

érzékelt eszkdzon.

4. A lista megjelenitéséhez nyomja meg a jobb alsé sarokban lathaté nyilat.
Az észlelt elemeket listaba gy(ijti és megvizsgélja a rendszer.

5. Ha egy adott eszkdzdn szeretne diagnosztikai tesztet futtatni, nyomja meg az Esc billenty(t, és a diagnosztikai teszt leallitaséhoz
kattintson a Yes (lgen) lehet8ségre.

6. A bal oldali panelen vélassza ki az eszkdzt, és kattintson a Run Tests (Teszt futtatasa) lehetéségre.

7. Probléma esetén hibakddok jelennek meg.
Jegyezze fel a hibakddot, és forduljon a Dellhez.
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Diagnosztika

A rendszerinditasi folyamat elindulasa el6tt a szamitogép POST-tesztje (bekapcsolési dnteszt) ellendrzi, hogy az alapvetd szamitdgépes
kdvetelmények teljeslinek-e, és a hardver megfeleléen mikodik-e. Ha a szamitogép megfelel a POST kdvetelményeinek, a szamitogép
normal Uzemmadban indul el. Ha azonban a szamitégép nem felel meg a POST kdvetelményeinek, a szamitdgép egy sor LED-jelzést ad az
indulas soran. A rendszer-LED a bekapcsolbgombba van integralva.

Az aldbbi tablazat a kllénbozé fénymintazatokat és azok jelentését mutatja be.

3. tablazat: Az lizemjelz6 LED miikodésének 6sszefoglalasa

Sarga LED allapot Fehér LED allapot Rendszerallapot Megjegyzések

Nem vilagit Nem vilagit 34, S5 e Alemez hibernélésa vagy
felflggesztése (S4).

e Kikapcsolt allapot (S5)

Nem vilagit Villog S1,838 A rendszer nem kap megfeleld
tépellatast, ezt jeldli az S1vagy
az S3 érték. Ez nem jelent
meghibasodast.

El6z6 allapot El6z8 allapot S3, nincs PWRGD_PS Ez a bejegyzés lehetséges
késleltetést jelez az SLP_S3
# aktiv PWRGD_PS inaktiv
allapotok kdvetkezményeként.

Villog Nem vilagit S0, nincs PWRGD_PS Inditasi hiba — A szamitogép
kap aramot, és a tapegyseg
altal szolgaltatott aramellatas

is megfeleld. Valamelyik

eszkdz meghibasodhatott, vagy
helytelendl telepitették. Az
alabbi tablazat a villogd

sérga mintakkal kapcsolatos
diagnosztikai javaslatokat, illetve
lehetséges meghibasodasokat
tartalmazza.

Folyamatos Nem vilagit S0, nincs PWRGD_PS, kédkérés | |nditasi hiba — Rendszerhiba
=0 tortéent, amely a tdpegyseget
is érinti. Csak a +5VSB

sin makodik megfeleléen

a tapegysegen.

Nem vilagit Folyamatos S0, nincs PWRGD_PS, kédkérés | Ez azt jelzi, hogy a fogadd BIOS
=1 megkezdte a végrehajtast, és
a LED-rekord mér irhato.

4. tablazat: Hibakra figyelmeztetd borostyansarga LED (villog)

Sarga LED allapot Fehér LED allapot Rendszerallapot Megjegyzések

2 1 Hibas MBD Hibas MBD - A SIO Spec 12.4
tabléjanak A, G, H, és J sorai -
Pre-Post indikatorok [40]

2 2 Hibas alaplap, tapegység vagy Hibas MBD, tapegység vagy
kabelek tapegységkabelek — A SIO Spec
12.4 téblajanak B, C és D sorai
[40]
2 3 Hibas MBD, DIMM memodria Hibas MBD, DIMM memria
vagy processzor vagy processzor — A SIO Spec

12.4 tablajanak F és K sorai [40]
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4. tablazat: Hibakra figyelmeztetd borostyansarga LED (villog) (folytatédik)

Sarga LED allapot

Fehér LED allapot

Rendszerallapot

Megjegyzések

2

4

Hibas gombelem

Hibas gombelem — A SIO Spec
12.4 téblgjanak M sora [40]

5. tablazat: Allapotok host BIOS-vezérlés esetén

Sarga LED allapot

Fehér LED allapot

Rendszerallapot

Megjegyzések

2

5

1. BIOS-éllapot

BIOS Post-kéd (régi LED-minta:
0001): sérdlt BIOS.

2. BIOS-allapot

BIOS Post-kéd (régi
LED-minta: 0010): hiba
a processzorban vagy

3. BIOS-allapot

BIOS Post-kéd (régi LED-minta:
0011): memoériakonfiguracio
folyamatban van.

A memoriamodulok észlelhetdk,
de hiba lépett fel.

4. BIOS-éllapot

BIOS Post-kod (régi LED-
minta: 0100): A PCI-

eszkdz konfiguracidja vagy
meghibdsodasa és a grafikus
alrendszer konfiguracioja vagy
meghibasodasa. Ez a BIOS
nem tartalmazza a grafikus
rendszerre vonatkoz6 0101
kodot.

5. BIOS-éllapot

BIOS Post-kéd (régi LED-
minta: 0110): Osszetett tarolasi
és USB-konfiguracié vagy
meghibsodas. Ez a BIOS

nem tartalmazza az USB-re
vonatkozd 0111 kodot.

6. BIOS-allapot

BIOS Post-kéd (régi LED-minta:
1000): memdriakonfiguracio,
nem taladlhaté memoria.

7. BIOS-éallapot

BIOS Post-kéd (régi LED-minta:
1001): végzetes alaplapi hiba.

8. BIOS-allapot

BIOS Post-kéd (régi LED-minta:
1010): memoériakonfiguracio,
nem kompatibilis modulok vagy
ervénytelen konfiguracio.

9. BIOS-éllapot

BIOS Post-kéd (régi LED-minta:
1011): 6sszetett ,Egyéb video
el6tti aktivitas és eréforréas-
konfiguracios kédok. Ez a BIOS
nem tartalmazza az 1100 kédot.

10. BIOS-allapot

BIOS Post-kod (régi LED-minta:
1110):Egyéb video el6tti aktivitas,
a grafikus rendszer inicializalasat
kovetd rutin.
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A tapegység beépitett ontesztje

A beépitett 6nellendrzés (Built-in Self-Test, BIST) segit megallapitani, hogy a tdpegység miikddik-e. Az asztali vagy egybeépitett
szamitdgépben levd tapegység Onellendrzd diagnosztikajanak futtatasahoz lasd a 000125179 sz. tudasbaziscikket a www.dell.com/support

oldalon.

Diagnosztikai hibauzenetek

6. tablazat: Diagnosztikai hibailizenetek

Hibalizenetek

Leiras

AUXILIARY DEVICE FAILURE

Az érint6panel vagy a kulsd egér hibasodhatott meg. A kilsé egér
esetén ellendrizze a kabelcsatlakozasokat. A rendszerbeéllitasban
engedélyezze a Pointing Device (Mutatbeszkdz) opciot.

BAD COMMAND OR FILE NAME

Ellendrizze, hogy a parancsot jol irta-e be, a sz6kdzdk a megfeleld
helyen vannak-e, és hogy a megfelel6 Utvonal nevet hasznalta-e.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE

A processzor els6édleges belsd cache memarigja meghibasodott.
Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE

Az optikai meghajté nem vélaszol a szamitdgép éaltal kiadott
parancsra.

DATA ERROR

A merevlemez-meghajté nem tud adatot olvasni.

DECREASING AVAILABLE MEMORY

Agy vagy tébb memdriamodul nem mikaédik, vagy nem csatlakozik
megfelelden. Telepitse Ujra a memdriamodulokat, vagy ha
szikséges, cserélje ki azokat.

DISK C: FAILED INITIALIZATION

A merevlemez-meghajtd ininicializalésa sikertelen volt. A Dell
Diagnosztika hasznélataval futtassa a merevlemezmeghajto-
teszteket.

DRIVE NOT READY

A mUvelet folytatasahoz mereviemez-meghajtéra van szikség
a meghajto rekeszben. Helyezzen merevlemez-meghajtot
a merevlemez-meghajto rekeszbe.

ERROR READING PCMCIA CARD

A szamitogép nem tudja azonositani az ExpressCard-ot. Helyezze
be Ujra a kértyat vagy prébéljon masikat.

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED

Az NVRAM-ban rogzitett memadriaméret nem egyezik

a szamitégépbe telepitett memdriamodul méretével. Inditsa
Ujra a szamitégépet. Ha a hibalizenet Ujra megjelenik, 1épjen
kapcsolatba a Dell-lel.

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

A f4jl méretem, amelyet mésolni szeretne tul nagy ahhoz, hogy
a lemezre férjen, vagy a lemez megtelt. A f4jlt probalja egy masik
lemezre masolni, vagy hasznaljon nagyobb kapacitasu lemezt.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING
CHARACTERS: \ / 2m <> | =

Ezeket a karaktereket ne hasznélja fajlnevekben.

GATE A20 FAILURE

A memoriamodul meglazulhatott. Telepitse Ujra a memaoriamodult,
vagy ha szikséges, cserélje ki.

GENERAL FAILURE

Az operacibs rendszer nem tudja végrehajtani a parancsot. Ezt az
Uzenetet altalaban konkrét informécioé koveti. Példaul: Printer
out of paper. Take the appropriate action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR

A szamitdgép nem tudja azonositani a meghajto tipusat. Kapcsolja
ki a szamitogepet, tavolitsa el a merevlemez-meghajtot, és

a szamitégépet inditsa el optikai meghajtordl. Ezutan kapcsolja

ki a szamitogepet, helyezze vissza a mereviemez-meghajtot, és
inditsa Ujra a szamitdgépet. A Dell Diagnosztika hasznalataval
futtassa a mereviemez-meghajté teszteket.
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6. tablazat: Diagnosztikai hibalizenetek (folytatodik)

Hibailizenetek

Leiras

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0

A merevlemez-meghajté nem vaélaszol a szamitdgép altal kiadott
parancsra. Kapcsolja ki a szamitdgépet, tavolitsa el a merevlemez-
meghajtot, és a szamitdgépet inditsa el optikai meghajtorol.

Ezutén kapcsolja ki a szamitogépet, helyezze vissza a mereviemez-
meghajtot, és inditsa Ujra a szdmitdgépet. Ha a probléma

nem sz(nik meg, probalkozzon egy méasik meghajtoval. A Dell
Diagnosztika hasznalataval futtassa a merevlemez-meghajté
teszteket.

HARD-DISK DRIVE FAILURE

A merevlemez-meghajté nem valaszol a szamitégép altal kiadott
parancsra. Kapcsolja ki a szamitdgépet, tavolitsa el a merevlemez-
meghajtot, és a szamitdgépet inditsa el optikai meghajtorol.

Ezutan kapcsolja ki a szamitégépet, helyezze vissza a mereviemez-
meghajtot, és inditsa Ujra a szadmitdgépet. Ha a probléma

nem sz(nik meg, probalkozzon egy méasik meghajtoval. A Dell
Diagnosztika hasznalataval futtassa a merevlemez-meghajté
teszteket.

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

A merevlemez-meghajté meghibasodott. Kapcsolja ki

a szamitdgépet, tavolitsa el a mereviemez-meghajtét, és

a szamitégépet inditsa el optikai meghajtordl. Ezutan kapcsolja

ki a szamitogépet, helyezze vissza a merevlemez-meghajtot,

és inditsa Ujra a szamitogépet. Ha a probléma nem sz(inik

meg, probalkozzon egy mésik meghajtéval. A Dell Diagnosztika
hasznalataval futtassa a mereviemez-meghajté teszteket.

INSERT BOOTABLE MEDIA

Az operacioés rendszer nem inditoé adathordozét probal meg
elinditani, mint példaul optikai meghajtot. Helyezzen be egy
rendszerindité adathordozoét.

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

A rendszer konfiguracios informaciok nem egyeznek a hardver
konfiguracidjaval. Ez az Gzenet éltalaban azutan jelenik meg, miutan

Uj memoriamodult helyezett be. A megfeleld beéllitasokat javitsa ki
a rendszerbedllitas programban.

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE

A kils6 billentylizet esetén ellendrizze a kdbelcsatlakozasokat.
Futtasson Billentylizetvezérl6-tesztet a Dell Diagnosztikaban.

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE

A kilso billentylizet esetén ellendrizze a kabelcsatlakozasokat.
Inditsa Ujra a szamitdgépet, és az inditasi rutin kdzben

ne érjen a billentylzethez vagy az egérhez. Futtasson
Billentyiizetvezérl6-tesztet a Dell Diagnosztikaban.

KEYBOARD DATA LINE FAILURE

A kilso billentylizet esetén ellendrizze a kdbelcsatlakozasokat.
Futtasson Billentylizetvezérl6-tesztet a Dell Diagnosztikaban.

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE

A kils6 billentylizet esetén ellendrizze a kabelcsatlakozasokat.
Inditsa Ujra a szamitogépet, és az inditasi rutin kdzben ne

érjen a billentylizethez vagy a billenty(khoz. Futtasson Beragadt
billentyii tesztet a Dell Diagnosztikaban.

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

A Dell MediaDirect nem tudja igazolni a fajl digitalis jogkezelési
(DRM) korlatozasait, ezért a féjl nem jatszhato le.

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

Egy memdriamodul hibdsodhatott meg, vagy nem csatlakozik
megfeleléen. Telepitse Ujra a memdriamodult, vagy ha szUkséges,
cserélie ki.

MEMORY ALLOCATION ERROR

A szoftver, amelyet futtatni kivan konfliktust okoz az operéacids
rendszerrel, egy mésik programmal vagy segédprogrammal.
Kapcsolja ki a szamitégépet, varjon 30 masodpercet, majd inditsa
Ujra. Futtassa Ujra a programot. Ha a probléma nem sz(nik meg,
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6. tablazat: Diagnosztikai hibalizenetek (folytatodik)

Hibailizenetek

Leiras

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

Egy memdriamodul hibdsodhatott meg, vagy nem csatlakozik
megfelelden. Telepitse Ujra a memdriamodult, vagy ha szikséges,
cserélie ki.

VALUE EXPECTING VALUE

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ |Egy memoriamodul hibdasodhatott meg, vagy nem csatlakozik

VALUE EXPECTING VALUE megfelelden. Telepitse Ujra a memdriamodult, vagy ha szikséges,
cserélje ki.

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ Egy memdriamodul hibdsodhatott meg, vagy nem csatlakozik

megfelelen. Telepitse Ujra a memdbriamodult, vagy ha szUkséges,
cserélje ki.

NO BOOT DEVICE AVAILABLE

A szamitdgép nem taldlja a merevlemez-meghajtot. Ha mereviemez
az inditéeszkdze, akkor tUgyelien, a meghajtd megfeleléen
csatlakozzon, és inditdeszkdzként legyen particionalva.

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE

Az operacios rendszer sértlhetett meg, forduljon a Dell-hez.

NO TIMER TICK INTERRUPT

Az alaplapon lévé chip meghibasodott. Futtasson rendszertesztet
a Dell Diagnosztikaban.

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES.
PROGRAMS AND TRY AGAIN

EXIT SOME

Tul sok programot nyitott ki. Zarjon be minden ablakot, és nyissa
meg a hasznalni kivant programot.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND

Telepitse Ujra az operéaciés rendszert. Ha a probléma tovabbra is
fennall, forduljon a Dell-hez.

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM

Az opcionalis ROM meghibasodott. Kérjen segitséget a Dell
szakembereitd|.

SECTOR NOT FOUND

Az operacids rendszer nem talél egy szektort a merevlemez-
meghajton. A mereviemez-meghajtdn sérilt szektor vagy

sérult FAT lehet. A merevlemez-meghajton 1evd fajlstruktira
ellenérzéséhez futtassa a Windows hibaellenérzd programjéat.
Utasitasokeért lasd a Windows sugéjat (kattintson a Start > Siigé
és tamogatas pontra). Ha szdmos szektor megseérilt, készitsen
biztonsagi masolatot az adatairdl (ha lehetséges), majd formazza
meg a merevlemez-meghajtot.

SEEK ERROR

Az operacibds rendszer nem taldl egy adott nyomot
a merevlemezen.

SHUTDOWN FAILURE

Az alaplapon lévé chip meghibasodott. Futtasson rendszertesztet
a Dell Diagnosztikaban. Ha az Uzenet Ujra megjelenik, forduljon
a Dell-hez.

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER

A rendszerkonfiguracios beallitdsok megsérdltek. Az akkumulator
feltdltéséhez a szamitdgépet csatlakoztassa fali csatlakozodaljzatra.
Ha a probléma nem szilnik meg, prébélja meg visszadllitani az
adatokat ugy, hogy belép a rendszerbeallitds programba, majd
azonnal kilép. Ha az tzenet Ujra megjelenik, forduljon a Dell-hez.

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED

LemerUlt a tartalék akkumulator, amely tamogatja

a rendszerkonfiguracios beallitasokat. Az akkumulator feltdltéséhez
a szamitégépet csatlakoztassa fali csatlakozoaljzatra. Ha

a probléma tovabbra is fennall, forduljon a Dell-hez.

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM
SETUP PROGRAM

A rendszerbeallitds programban tarolt datum és idé nem egyezik
a rendszeroraval. Allitsa be a Datum és az |d6 opcidkat.

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED

Az alaplapon lévé chip meghibasodott. Futtasson rendszertesztet
a Dell Diagnosztikaban.

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE

A billentylizet vezérld meghibasodott, vagy egy memdoriamodul
meglazult. Futtasson rendszermemoria és billentylizet vezérlo
tesztet Dell Diagnosztikaban.
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6. tablazat: Diagnosztikai hibalizenetek (folytatodik)

Hibailizenetek

Leiras

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY

Helyezzen egy lemezt a meghajtoba és prébalkozzon Ujra.

Rendszer hibauzenetek

7. tablazat: Rendszer hibailizenetek

Rendszeriizenet

Leiras

Alert! Previous attempts at booting this
system have failed at checkpoint [nnnn]. For
help in resolving this problem, please note
this checkpoint and contact Dell Technical
Support (Figyelem! A probléma megoldésa
érdekében jegyezze fel az ellendérzési pontot,
és forduljon a Dell miszaki téamogatéas
csoportjdhoz.)

A szamitdgép egymés utan hadromszor, ugyanazon hiba miatt nem
tudta befejezni az inditd rutint.

CMOS checksum error
hiba)

(CMOS-ellenérz&dsszeg

RTC is reset, BIOS Setup default has been loaded. (Az RTC
visszaallt, a BIOS beallitasi alapértékek kerlletek betdltésre.)

CPU fan failure (Processzorventildtor hiba)

A processzorventilator meghibasodott.

System fan failure (Rendszerventildtor hiba)

A rendszerventilator meghibasodott.

Hard-disk drive failure
hiba)

(Merevlemez-meghajtd

A merevlemez-meghajto lehetséges hibaja a POST soréan.

Keyboard failure (Billentylizet hiba)

Billenty(izethiba vagy meglazult kdbel Ha a kabel megigazitasa nem
oldja meg a problémat, cserélie ki a billenty(izetet.

No boot device available (Nem &all
rendelkezésre inditdeszkdz)

A merevlemezen nincs inditd particid, vagy a mereviemez kabele

meglazult, illetve nincs indithaté eszkdz.

e Haa merevlemez a rendszerinditd eszkdz, gondoskodjon
arrél, hogy a kabelek csatlakoztatva legyenek, és arrdl, hogy
a meghajto megfeleléen legyen telepitve, illetve particionélva
legyen, mint rendszerindit6 eszkdz.

e | épjen be a Rendszerbedllitasba, és gondoskodjon arrdl, hogy
az indit6 szekvencia informaciok helyesek legyenek.

No timer tick interrupt
megszakités)

(Nincs idézitéjel-

Az alaplapon az egyik chip meghibasodhatott, vagy alaplaphiba
lépett fel.

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM
has reported that a parameter has exceeded
its normal operating range. (VIGYAZAT -

A merevlemez ONELLENORZ® RENDSZERE jelentette,
hogy egy paraméter a normal tartomanyon
kiviil van.) Dell recommends that you back

up your data regularly. (A Dell azt

ajanlja, hogy adatait rendszeresen mentse.)
A parameter out of range may or may not
indicate a potential hard drive problem (Egy
paraméter, amely tallépte a normal mikodési
tartomadnyat, potencidlis merevlemez-meghajtd
problémat jelezhet.)

S.M.A.R.T hiba, lehetséges merevlemez-meghajto hiba.

Az operacioés rendszer helyreallitasa

Ha a szamitdgép tobb kisérletet kdvetden sem tudja bedlteni az operacioés rendszert, automatikusan elindul a Dell SupportAssist OS

Recovery eszkdz.
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A Dell SupportAssist OS Recovery egy kilénallo eszkdz, amely a Windows operacioés rendszert futtatd Dell szamitogépekre elére telepitve
van. A Dell SupportAssist OS Recovery az operéacios rendszer betdltése el6tt eléforduld hibak diagnosztizalasara és elharitasara szolgald
eszkdzoket tartalmaz. Segitéségével diagnosztizalhatja a kildnféle hardveres problémakat, kijavithatja a szamitégep hibéit, biztonsagi
mentést készithet a fajlokrdl, illetve visszadllithatja a szamitdgépet a gyari beallitasokra.

Az eszkdzt a Dell tdmogatasi webhelyérdl is letdltheti, €s hibaelhéritast végezhet a szamitdgépen, amikor szoftveres vagy hardveres hibak
miatt a szamitdgép nem képes betdlteni az elsédleges operacios rendszert.

A Dell SupportAssist OS Recovery eszkdzzel kapcsolatos bévebb informéacidért tekintse meg a Dell SupportAssist OS Recovery haszndlati
Utmutatdjat a www.dell.com/serviceabilitytools oldalon. Kattintson a SupportAssist elemre, majd a SupportAssist OS Recovery
lehet&ségre.

Valos idejii ora (RTC) alaphelyzetbe allitasa

A Real Time Clock (RTC) alaphelyzetbe éllitasi funkcidja lehetéséget nydijt arra, hogy On vagy egy szerviztechnikus helyredllitsa

a kdzelmultban forgalomba kerUlt Dell Latitude és Precision csalddba tartozé szamitégépek mikoddését azokban a helyzetekben, amikor
nincs POST/nincs rendszerinditas/a szamit6gép nem kapcsol be. Kikapcsolt allapotban csak akkor lehet RTC-visszaallitast végezni
a rendszeren, ha az valtakozd dramu tapellatast kap. Nyomja meg, és tartsa legalabb 25 masodpercig lenyomva a bekapcsolégombot. Az
RTC-visszaallités a bekapcsolégomb felengedése utan 1ép életbe.

@ MEGJEGYZES: Ha a mivelet kozben megsz(inik a valtakozd aramu tapellatas, vagy 40 masodpercnél tovabb nyomva tartja
a bekapcsolégombot, megszakad az RTC-visszadllitasi folyamat.

Az RTC-visszadllitas alaphelyzetbe allitja a BIOS értékeit és a rendszer datumat/idejét, valamint torli az Intel vPro beallitasat. Az RTC-
visszaallitas nincs hatassal a kdvetkezbkre:

Service Tag

Asset Tag

Ownership Tag

Admin Password

System Password

HDD Password

Key Databases (Kulcsadatbéazisok)
System Logs

konfiguralasi eljarast, hogy Ujra csatlakoztatni lehessen a vPro kiszolgaldhoz.

Az alabbi elemek az egyéni BIOS-beéllitasoktol fliggéen alaphelyzetbe allhatnak:

Boot List

Enable Legacy Option ROMs
Secure Boot Enable

Allow BIOS Downgrade

L 4 -

Biztonsagi mentési adathordozé és helyreallitasi
lehetoségek

A Windows rendszerben esetlegesen eléforduld hibdk megkeresése és megjavitasa érdekében ajanlott helyredllitd meghajtot késziteni.
A Dell szdmos lehet8séget biztosit a Windows operacids rendszer helyreéllitdsara Dell PC-jén. B&vebb informacié. 1asd: Dell Windows
biztonsagi mentési adathordozo és helyreallitasi lehetéségek.

A Wi-Fi ki- és bekapcsolasa

Ha a szamitégép a Wi-Fi-kapcsolattal fellépd problémak miatt nem tud csatlakozni az internethez, érdemes lehet elvégezni a Wi-Fi ki- és
bekapcsolasat. Az alabbi eljarast kdvetve végezheti el a Wi-Fi ki- és bekapcsolasat:

®| MEGJEGYZES: Egyes internetszolgaltaték modemként és routerként egyarant funkcionald eszkdzoket biztositanak.

1. Kapcsolja ki a szamitogépet.
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Kapcsolja ki a modemet.
Kapcsolja ki a vezeték nélkuli routert.
Vérjon 30 masodpercig.

Kapcsolja be a vezeték nélkuli routert.

Kapcsolja be a modemet.
Kapcsolja be a szamitogépet.
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Hogyan kérhet segitséeget

Témak:

* A Dell elerhetéségei

A Dell elérhetoségei

@ MEGJEGYZES: Amennyiben nem rendelkezik aktiv internetkapcsolattal, elérhetéséget talalhat a megrendelSlapon, szamlan,
csomagoléasi szelvényen vagy a Dell termékkataldgusban.

A Dell szamos tamogatasi lehetGséget biztosft, online és telefonon keresztll egyarant. A rendelkezesre allo szolgaltatasok orszagonként és
termékenként valtoznak, igy eléfordulhat, hogy bizonyos szolgaltatasok nem érheték el az On lakhelye kdzelében. Amennyiben szeretne
kapcsolatba lépni a Dell-lel értékesitéssel, mlszaki tAmogatassal vagy lgyfélszolgélattal kapcsolatos Ugyekben:

1. L&togasson el a Dell.com/support weboldalra.

5

3. Ellendrizze, hogy az adott orszag vagy régio szerepel-e a Choose A Country/Region legdrdild mentben a lap aljan.
4. Jeldlie ki az igényeinek megfeleld szolgaltatas vagy tdmogatas linket.
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Poznamky, upozornenia a vystrahy

®| POZNAMKA: POZNAMKA uvadza dolezité informacie, ktoré vam umoznia vyuZivat vas produkt lepsie.

UPOZORNENIE naznacuje, Ze existuje riziko poSkodenia hardvéru alebo straty tdajov a poniika vam
sposob, ako sa tomuto problému vyhnut.

A| VYSTRAHA: VYSTRAHA oznaé&uje potencialne riziko vecnych $kdd, zraneni oséb alebo smrti.

© 2019-2021 Dell Inc. alebo jej dcérske spolocnosti. VSetky prava vyhradené. Dell, EMC, ako aj dalSie ochranné znamky st ochranné znamky firmy Dell Inc.
alebo jej dcérskych spolocnosti. DalSie ochranné znamky mdzu byt ochranné znamky prislusnych viastnikov.
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Praca na pocitaci

Témy:

. Bezpecnostné pokyny

Bezpecnostné pokyny

Dodrziavanim nasledujucich bezpe€nostnych pokynov sa vyhnete pripadnému poskodeniu pocitaca a aj vy sami budete v bezpeci. Ak nie je
uvedené inak, predpokladé sa, Ze pri kazdom postupe zahrnutom v tomto dokumente budd splnené tieto podmienky:

e Preditali ste si bezpeCnostné informacie, ktoré boli dodané spolu s po&itatom.
e Komponent mozno vymenit alebo (ak bol zaklpeny osobitne) namontovat podia postupu demontéZe v opacnom poradi krokov.

A VYSTRAHA: Pred pracou vnutri po&itaéa si preéitajte bezpe&nostné pokyny, ktoré ste dostali s vadim poé&itaom. Dalsie
informacie o bezpecnosti a overenych postupoch najdete na domovskej stranke siladu s predpismi

Mnoho oprav mézZe vykonat iba certifikovany servisny technik. Vy sami by ste mali riesit iba tie problémy
a jednoduché opravy, ktoré st uvedené v produktovej dokumentacii, pripadne telefonicky alebo online kontaktovat tim
podpory a postupovat podla pokynov. PosSkodenie v dosledku servisu, ktory nie je opravneny spolo¢nostou Dell, nespada
pod ustanovenia zaruky. Precitajte si bezpe€nostné pokyny, ktoré ste dostali spolu so svojim produktom, a dodrziavajte
ich.

Pri praci vnatri pocitaca sa uzemnite pomocou uzeminovacieho remienka na zapasti alebo opakovanym
dotykanim sa nenatretého kovového povrchu vzdy vtedy, ked sa dotykate konektorov na zadnej strane pocitaca, aby ste
predisli elektrostatickému vyboju.

S komponentmi a kartami zaobchadzajte opatrne. Nedotykajte sa komponentov alebo kontaktov na karte.
Kartu drzte za okraje alebo za kovovy nosny drziak. Komponenty ako procesor drzte za okraje a nie za koliky.

Ak odpajate kabel, potiahnite ho za pripojku alebo pevnu €ast zasuvky, ale nie za samotny kabel. Niektoré
kable maju konektor zaisteny zarazkami; pred odpojenim takéhoto kabla zarazky najprv zatlacte. Spojovacie ¢lanky od
seba odpajajte plynulym tahom rovnym smerom — zabranite tym ohnutiu kolikov. Skor nez kabel pripojite, presvedéte
sa, Ci st obe pripojky spravne orientované a vyrovnané.

POZNAMKA: Pred otvorenim krytu a panelov poditada odpojte vietky zdroje napajania. Po dokon&eni prace v poditadi najskor
namontuijte spat vSetky kryty, panely a skrutky a az potom pripojte pocitac k zdroju napéjania.

®

®| POZNAMKA: Farba pocitaca a niektorych komponentov sa méZe odliSovat od farby uvadzanej v tomto dokumente.

Pred servisnym tkonom v pocitaci

1. UloZte a zatvorte vSetky otvorené subory a ukoncite vSetky otvorené aplikacie.

2. Vypnite poditad. Kliknite na tladidlo Start > (0] Napajanie > Vypnut.

®| POZNAMKA: Ak pouzivate iny operacny systém, pokyny na vypnutie najdete v dokumentécii k operaCnému systému.
Odpojte pocitac a vSetky pripojené zariadenia z elektrickych zasuviek.

Od svojho pocitaca odpojte vietky pripojené sietové a periférne zariadenia, ako s klavesnica, mys a monitor.
Vyberte vetky paméatové karty a optické jednotky z pocitaca, ak su pritomné.

[SYNC IF NIV

Po odpojeni pocitaca stlacte a podrzte tlacidlo napéjania na 5 sekdnd, aby ste uzemnili systémovu dosku.

Polozte pocitac¢ na rovny, makky a Cisty povrch, aby sa neposSkriabala obrazovka.
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7. PoloZte pocitaC vrchnou stranou nadol.

Bezpecnostné opatrenia

Kapitola s bezpecnostnymi opatreniami opisuje priméarne kroky, ktoré je potrebné vykonat pred tym, ako zaCnete akykolvek proces
demontéaze.

Pred kazdym servisnym Ukonom, ktory zahffia demontéz alebo montéz sucasti, dodrziavajte bezpeCnostné opatrenia:
e Vypnite systém vratane vSetkych pripojenych periférnych zariadeni.

e (Odpojte systém a vetky pripojené periférne zariadenia od elektrickej siete.

e Odpojte vSetky sietové kable, telefonne a telekomunikacné linky od zariadenia.
[ ]

Pri praci vo vnutri stolového pocitaca pouZzite terénnu servisnu stpravu proti elektrostatickym vybojom, aby sa zariadenie neposkodilo
nasledkom elektrostatického vyboja.

Kazdy systémovy komponent, ktory odstréanite, opatrne poloZte na antistatickl podlozku.
Odporucame nosit obuv s nevodivymi gumenymi podrazkami, ktoré znizuju riziko zasahu elektrickym pridom.

Pohotovostny rezim napajania

Vyrobky firmy Dell s pohotovostnym rezimom napéjania treba pred odstranenim krytu odpojit od elektrickej siete. Systémy vybavené
pohotovostnym rezimom napéjania sU v podstate napajané aj vtedy, ked su vypnuté. Takéto napajanie umozriuje vzdialené zapnutie
systému (prebudenie prostrednictvom siete LAN) a uvedenie do rezimu spanku a ponUka aj dalSie pokrocilé funkcie riadenia spotreby.

Odpojenim pocitaca od napéjania a stlacenim a podrzanim tlacidla napéjania na 15 sekdnd by sa mala v pocitaci rozptylit zvyskova energia
nahromadena na systémovej doske.

Prepojenie (bonding)

Prepojenie je spdsob spojenia dvoch alebo viacerych uzemnovacich vodi€ov k rovnakému elektrickému potencialu. Prepojenie sa robi
pomocou terénnej servisnej stpravy proti elektrostatickym vybojom. Pri pripajani uzemnovacieho vodi¢a davajte pozor na to, aby ste ho
pripojili k holému kovu. Nikdy ho nepripéjajte k natretému ani nekovovému povrchu. Naramok by mal byt pevne zapnuty a mal by sa
dotykat pokoZky. Pred vytvarani prepojenia medzi zariadenim a sebou nesmiete mat na sebe Ziadne Sperky, ako hodinky, naramky alebo
prstene.

Ochrana proti elektrostatickym vybojom (ESD)

Elektrostatické vyboje st vaznou hrozbou pri manipulacii s elektronickymi sti¢astami, obzvlast v pripade citlivych stcasti, ako su rozsirujlice
karty, procesory, pamatové moduly DIMM a systémové dosky. Velmi slabé naboje dokazu poskodit obvody spdsobom, ktory nemusi byt
zjavny a moZe sa prejavovat ako prerusované problémy alebo skratend Zivotnost produktu. V odvetvi pdsobia tlaky na dosahovanie nizsej
spotreby energie a zvysenu hustotu, preto je ochrana proti elektrostatickym vybojom Coraz vaznejSim problémom.

Z dévodu zvysenej hustoty polovodiov pouzivanych v nedavnych vyrobkoch spolo¢nosti Dell je teraz citlivost na statické poskodenie
vys8ia neZ v pripade predchadzajlcich produktov Dell. Z tohto dévodu uZ viac nie je moZné v sicasnosti pouzivat niektoré spésoby
manipulacie s dielmi schvalené v minulosti.

Dva rozpoznané typy poskodenia elektrostatickym vybojom su kritické a prerusované zlyhania.

e Kritické — kritické zlyhania predstavuiju priblizne 20 % zlyhani stvisiacich s elektrostatickymi vybojmi. PoSkodenie spdsobuje okamzitl
a UpInu stratu funk&nosti zariadenia. Prikladom kritického zlyhania je paméatovy modul DIMM, ktory prijal vyboj statickej elektriny
a okamzZite zacal prejavovat symptém ,Nespusti test POST/Ziadny obraz“ vo forme kédu pipania, ktory sa vydava v pripade chybajlcej
alebo nefunkénej paméate.

e Prerusované — preruSované zlyhania predstavuju priblizne 80 % zlyhani sUvisiacich s elektrostatickymi vybojmi. Vysoka miera
prerusovanych zlyhani znamend, Ze vacsinu Casu pri vzniku poskodenia nedochadza k jeho okamzitému rozpoznaniu. Modul DMM
prijme vyboj statickej elektriny, no dochadza iba k oslabeniu spoja a nevznikaju okamzité vonkajSie prejavy suvisiace s poSkodenim.
MobZe trvat celé tyzdne i mesiace, neZ pride k roztaveniu spoja. PoCas tohto obdobia mdze dojst k degeneréacii integrity pamate,
prerusovanych chybadm pamate a podobne.

NarocnejSim typom poskodenia z hladiska rozpoznania i rieSenia problémov je preruSované poskodenie (tiez mu hovorime latentné
poskodenie).

Postupujte podla nasledujlcich krokov, aby ste predisli poSkodeniu elektrostatickym vybojom:
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Pouzivajte antistaticky ndramok, ktory bol riadne uzemneny. PouZivanie bezdrotovych antistatickych naramkov uz nie je povolené,
pretoZe neposkytuju adekvatnu ochranu. Dotknutim sa Sasi pred manipuléciou s dielmi nezaistuje primerand ochranu proti
elektrostatickym vybojom na dieloch so zvySenou citlivostou na poskodenie elektrostatickym vybojom.

Manipulujte so vSetkymi dielmi citlivymi na statickd elektrinu na bezpecnom mieste. Ak je to mozné, pouzivajte antistatické podlozky na
podlahe a podlozky na pracovnom stole.

Pri rozbalovani staticky citlivého komponentu z prepravného kartonu odstréarite antistaticky obalovy material az bezprostredne pred
inStalovanim komponentu. Pred rozbalenim antistatického balenia sa uistite, Ze vaSe telo nie je nabité elektrostatickym nabojom.

Pred prepravou komponentu citlivého na staticku elektrinu pouzivajte antistaticky obal.

Prenosna antistaticka servisna suprava

Nemonitorovana prenosna antistaticka slprava je naj¢astejSie pouzivanou servisnou slpravou. Kazda prenosna servisna slUprava obsahuje
tri hlavné sUcasti: antistatickl podlozku, ndramok a spojovaci drot.

SucCasti prenosnej antistatickej sUpravy

Sucastou prenosnej antistatickej sUpravy je:

Antistaticka podlozka — antistaticka podlozka je vyrobena z disipativneho materiélu, takze na riu pri servisnych tkonoch mozno
odloZit sti¢asti opravovaného zariadenia. Pri pouzivani antistatickej podlozky by mal byt ndramok pripevneny na ruke a spojovaci

drot by mal byt pripojeny k podloZke a obnaZenej kovovej ploche v zariadeni, ktoré opravujete. Po splneni tohto kritéria moZno
néhradné sUcasti vybrat z vrecka na ochranu proti elektrostatickym vybojom a polozit ich priamo na podlozku. Predmetom citlivym na
elektrostatické vyboje ni¢ nehrozi, ak su v rukach, na antistatickej podlozke, v zariadeni alebo vo vrecku.

Naramok a spojovaci drét — naramok a spojovaci drét mézu byt spojené priamo medzi zapastim a obnaZzenou kovovou plochou

na hardvéri, ak sa nevyzaduje antistatickd podloZka, alebo mdzu byt pripojené k antistatickej podlozke, aby chrénili hardvér, ktory

na fu doCasne poloZite. Fyzickému spojeniu ndramku a spojovacieho drétu medzi pokozkou, antistatickou podlozkou a hardvérom sa
hovori prepojenie, resp. ,bonding”“. Pouzivajte iba také servisné stpravy, ktoré obsahuju naramok, podlozku aj spojovaci drot. Nikdy
nepouzivajte bezdrdotové ndramky. Paméatajte, prosim, na to, Ze dréty v naramku sa beznym pouzivanim opotrebulvajd, preto ich

treba pravidelne kontrolovat pomocou nastroja na testovanie naramkov, inak by mohlo ddjst k poskodeniu hardvéru elektrostatickym
vybojom. Test ndramku a spojovacieho drétu odporic¢ame vykonavat aspori raz tyzdenne.

Nastroj na testovanie antistatického naramku — droty v naramku sa mézu ¢asom poskodit. Pri pouzivani nemonitorovanej stipravy
je osvedcené testovat naramok pravidelne pred kaZzdym servisnym Ukonom a minimalne raz tyzdenne. Naramok mozno najlepSie
otestovat pomocou néstroja na testovanie antistatického naramku. Ak nemate vlastny néstroj na testovanie naramku, obratte sa na
regionalnu pobocku firmy a opytajte sa, ¢i vdm ho nevedia poskytnlt. Samotny test sa robi takto: na zapastie si pripevnite naramok,
spojovaci drét naramku zapojite do nastroja na testovanie a stlacite tlacidlo. Ak test dopadne Uspesne, rozsvieti sa zelena kontrolka
LED. Ak dopadne neUlspesne, rozsvieti sa ervena kontrolka LED a zaznie zvukova vystraha.

Izolaéné prvky — pri opravach je mimoriadne dolezité zabranit kontaktu stcasti citlivych na elektrostatické vyboje, ako je napriklad
plastové puzdro chladiCa, s vnitornymi sticastami zariadenia, ktoré funguju ako izolatory a Casto byvaji nabité siinym nabojom.
Pracovné prostredie — pred pouZitim antistatickej servisnej stpravy vZdy najskor zhodnotte situaciu u zakaznika. RozloZenie stpravy
napriklad pri praci so serverom bude iné ako v pripade stolového pocitaCa alebo prenosného zariadenia. Servery su zvy&ajne ulozené

v stojanoch v datovom centre, stolové pocitace alebo prenosné zariadenia zasa byvaju poloZzené na stoloch v kancelérii. Na pracu sa
vzdy snazte ngjst priestranni rovnu pracovni plochu, kde vam nebude ni¢ zavadzat a budete mat dostatok priestoru na rozloZenie
antistatickej stipravy aj manipulaciu so zariadenim, ktoré budete opravovat. Pracovny priestor by takisto nemal obsahovat izolatory,
ktoré mdzu spdsobit elektrostaticky vyboj. ESte pred tym, ako zacénete manipulovat s niektorou hardvérovou stcastou zariadenia,
presufite v pracovnej oblasti vSetky izolatory, ako su napriklad polystyrén a dalSie plasty, do vzdialenosti najmenej 30 centimetrov

(12 palcov) od citlivych sucasti.

Antistatické balenie — v3etky zariadenia citlivé na elektrostaticky vyboj sa musia dodévat a preberat v antistatickom baleni.
Preferovanym balenim su kovové vrecka s antistatickym tienenim. Poskodené stcasti by ste mali vzdy posielat spat zabalené v tom
istom antistatickom vrecku a baleni, v ktorom vam boli dodané. Antistatické vrecko by malo byt prehnuté a zalepené a do Skatule,

v ktorej bola nové sucast dodana, treba vioZit vetok penovy baliaci materiél, ¢o v nej pdvodne bol. Zariadenia citlivé na elektrostatické
vyboje by sa mali vyberat z balenia iba na pracovnom povrchu, ktory je chrédneny proti elektrostatickym vybojom a sucasti zariadeni by
sa nikdy nemali klast na antistatické vrecko, pretoze vrecko chrani iba zvnUtra. SUCasti zariadeni moZzete drzat v ruke alebo ich mdZzete
odlozit na antistatickl podloZku, do zariadenia alebo antistatického vrecka.

Preprava sucasti citlivych na elektrostatické vyboje — pri preprave sicasti citlivych na elektrostatické vyboje, ako st napriklad
nahradné stcasti alebo stcasti zasielané spat firme Dell, je kvoli bezpeCnosti prepravy velmi doleZité, aby boli uloZzené v antistatickych
vreckach.
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Zhrnutie ochrany proti elektrostatickym vybojom

V8etkym terénnym servisnym technikom odport¢ame, aby pri kazdom servisnom Ukone na produktoch firmy Dell pouzivali klasicky
uzemniovaci ndramok s drétom proti elektrostatickym vybojom a ochrannu antistatickd podlozku. Okrem toho je tiez mimoriadne
doblezité, aby pocCas opravy zariadenia neboli citlivé sicasti v dosahu ziadnych sucasti, ktoré funguju ako izolatory, a aby sa prepravovali
v antistatickych vreckéach.

Preprava komponentov citlivych na ESD

Pri preprave komponentov citlivych na elektrostatické vyboje, ako st napriklad ndhradné stcasti alebo stcasti, ktoré maju byt vratené
firme Dell, je velmi dblezité pouzivat antistatické obaly.

/dvihanie zariadeni

Pri zdvihani tazkych zariadeni postupujte podfa nasledujticich pokynov:
Nedvihajte va¢siu hmotnost ako 50 libier. VZdy ziskajte d'alSie zdroje alebo pouZite mechanické zdvihacie
zariadenie.

Stojte na pevnom a stabilnom podklade. Pre lepSiu stabilitu stojte rozkro€mo Spickami smerom von.

Spevnite brusné svalstvo. Brusné svaly pri zdvihani predmetov podopieraju chrbticu a kompenzujd silu vyvijant bremenom.
Dvihajte nohami, nie chrbtom.

Dr#te bremeno blizko svojho tela. Cim blizsie k chrbtici, tym mengou silou pésobi na chrbét.

Pri zdvihani aj ukladani bremena drzte chrbat vzpriameny. Nepridavajte k hmotnosti bremena aj hmotnost viastného tela. Nevytacajte
telo a chrbat.

6. Pri ukladani bremena pouzite ten isty postup v opacnom slede.

S IFNISTECIES

Po dokonceni prace v pocitaci

®| POZNAMKA: Volné alebo uvolnené skrutky vo vnitri poéitada mdzu vazne poskodit poditad.

Zaskrutkujte vSetky skrutky a uistite sa, ze v pocitaci nezostali Ziadne volné skrutky.

Pripojte k pocitaCu vSetky externé zariadenia, periférne zariadenia a kéble, ktoré ste odpajili pred servisnym Ukonom.
VloZte spat pamatové karty, disky, pripadné iné diely, ktoré ste z pocitaca odstranili pred servisnym Ukonom.

Potom pripojte pocitaC a vSetky pripojené zariadenia k elektrickym zasuvkam.

SN O

Zapnite poditad.

8 Praca na pocitaci



Technologia a komponenty

V tejto kapitole néjdete informécie o technoldgiach a komponentoch, ktoré s sticastou zariadenia.

Témy:

. DDRA4

. Vlastnosti rozhrania USB
«  USBtypuC

. Vyhody portu DisplayPort cez USB typu C
e Port HDMI 2.0
e Pamét Intel Optane

DDRA4

Pamat DDR4 (double data rate fourth generation) je rychlej$im nastupcom technolégii DDR2 a DDR3 a v porovnani s maximalnou
kapacitou paméate DDR3 128 GB na modul DIMM pontika vy3siu kapacitu, ktord dosahuje az 512 GB. Paméat DDR4 so synchronnym
dynamickym nahodnym pristupom mé odlidnt koncovku od paméati SDRAM a DDR, aby zabranila pouZivatelovi nainstalovat do systému
nespravny typ pamate.

DDRA potrebuje na prevadzku o 20 % menej energie alebo 1,2 voltu v porovnani s napgjanim 1,5 voltu v pripade pamate DDR3. DDR4
tieZ podporuje novy rezim hibokého zniZzenia vykonu, ktory umoZriuje hostitelskému zariadeniu prejst do Usporného reZimu bez potreby
obnovenia pamate. OCakava sa, Ze rezim hlbokého zniZenia vykonu znizi spotrebu energie v Uspornom rezime o 40 az 50 percent.

Podrobnosti o paméati DDR4

Medzi paméatovymi modulmi DDR3 a DDR4 existuju drobné rozdiely, ktoré st uvedené niZsie.
Rozdiel v zareze na koncovke pamate

Zarez koncovky modulu DDR4 sa nachadza na inom mieste ako v pripade koncovky modulu DDR3. Na oboch typoch modulov sa zarezy
nachadzaju na hrane, ktorou sa moduly vkladaju do systému, no moduly DDR4 ich maji posunuté, aby ich nebolo mozné namontovat do
nekompatibilnej dosky alebo platformy.

Obrazok 1. Rozdiel v zarezoch

Vacsia hrtbka

Moduly DDRA4 st o ¢osi hrubSie ako moduly DD3, aby na ne bolo moZné umiestnit viac signalnych vrstiev.
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Obrazok 2. Rozdiel v hribke

Zakriveny okraj

Moduly DDRA disponuju zakrivenym okrajom, vdaka ktorému je zasunutie jednoduchsie a znizuje sa namaha na plosnych spojoch pocas
montaze pamate.

Obrazok 3. Zakriveny okraj

Chyby paméate

Chyby paméte systému indikuje novy kéd zlyhania ON-FLASH-FLASH (jedna kontrolka LED svieti a dve blikaju) alebo ON-FLASH-ON (dve
kontrolky LED svietia a jedna blika). Ak zlyha véetka pamat, displej LCD sa nezapne. Potencialne zlyhanie pamate mdzete preverit tak, ze
vloZite do pamatovych zasuviek umiestnenych v spodnej Casti systému alebo pod klavesnicou (pri niektorych prenosnych zariadeniach) iné
pamatové moduly, o ktorych viete, ze st funkéné.

@ POZNAMKA: Pamatovy modul DDRA je vstavanou stidastou zakladnej dosky, takZe ho nie je mozné vymenit, ako je tu zobrazované
a uvadzané.

Vlastnosti rozhrania USB

Systém Universal Serial Bus, alebo USB, bol predstaveny v roku 1996. Znamenal obrovské zjednoduSenie prepajania medzi hostitel'skym
poditatom a periférnymi zariadeniami, akymi st mysi a klavesnice, externé pevné disky a tlaciarne.

Tabulkal. Vyvoj USB

Typ Rychlost prenosu Gdajov Kategoéria Rok uvedenia na trh
USB 2.0 480 Mb/s Hi-Speed (Vysoka rychlost) | 2000
USB 3.0/USB 3.1Gen 1 | 5 Gb/s SuperSpeed 2010
USB 3.1 Gen 2 10 Gb/s SuperSpeed 2013

USB 4.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

Rozhranie USB 2.0 je uZ dihé roky pevne zakotvené ako akysi Standard medzi po&itatovymi rozhraniami, o ¢om sved¢i aj takmer 6 miliard
predanych zariadeni tohto typu. Aj napriek tomu sa nan vSak kladu stéle vysSie naroky na rychlost, kedZe pocitacovy hardvér je neustéle
rychlejsi a poZiadavky na Sirku pasma su stéle vyssie. Odpovedou na stéle vysSie naroky spotrebitelov je rozhranie USB 3.0/USB 3.1 Gen 1,
ktoré je teoreticky takmer 10-krat rychlejSie neZ jeho predchodca. Viastnosti rozhrania USB 3.1 Gen 1 moZno zhrnlt strucne takto:

e V/y3Sie prenosové rychlosti (az do 5 Gb/s)
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Zvyseny maximalny vykon zbernice a zvySeny odber pridu zariadenia, ¢im sa zabezpedi zvladanie energeticky narocnejsich zariadeni
Nové funkcie spravy napajania

Uplné duplexné prenosy tdajov a podpora novych typov prenosu

Spatna kompatibilita so systémom USB 2.0

Nové konektory a kabel

NiZSie uvedené témy sa venuju niektorym z najcastejsich otazok v slvislosti s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

SUPERSPEED
—UsB™
USEm

Rychlost

Momentéalne existuju 3 rychlostné rezimy zadefinované vo svetle najnovsieho rozhrania USB 3.0/USB 3.1 Gen 1. SuU to rezimy Super-
Speed, Hi-Speed a Full-Speed. Novy rezim SuperSpeed pontka prenosovi rychlost 4,8 Gb/s. Hoci maj dva rezimy USB nazov Hi-Speed
(s vysokou rychlostou) a Full-Speed (s plnou rychlostou) a bezne sa zvyknu oznacovat ako USB 2.0 a 1.1, st pomalSie a stéle pontkajl
prenosovu rychlost len 480 Mb/s a 12 Mb/s, no nadalej sa vyuzivaju kvoli spatnej kompatibilite.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 dosahuje ovela vyssi vykon vdaka niz8ie uvedenym technickym zmenam:

Dalsia fyzicka zbernica, ktoré je paralelne pridana k existujlicej zbernici USB 2.0 (pozri niz$ie uvedeny obrazok).

USB 2.0 predtym obsahovalo 4 droty (napéjaci, uzemnovaci a par na prenos réznych tdajov). V USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 sa pridali

dalSie Styri urCené pre dva pary diferencnych signélov (prijem a prenos), ¢o spolu predstavuje osem prepojeni v konektoroch a kabelazi.
e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 vyuziva plne duplexny datovy prenos, kym USB 2.0 iba polovi¢ny. Vdaka tomu je teoretické zvySenie rychlosti

az 10-nésobné.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

KedZe v sUCasnosti vyuzivame vided s vysokym rozliSenim, obrovské datove Uloziska Ci digitélne fotoaparaty s velkym poctom
megapixelov, poziadavky na rychlost prenosu Udajov su oraz vysSie a rozhranie USB 2.0 uz nemusi byt dostatocne rychle. Navyse
Ziadne rozhranie USB 2.0 sa ani len nepriblizuje teoretickej maximéalnej rychlosti prenosu 480 Mb/s, pretoZze maximalna rychlost prenosu
Udajov v skutocnych podmienkach je priblizne 320 Mb/s (40 MB/s). Podobne je to vSak aj s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, ktoré
nikdy nedosiahne rychlost 4,8 Gb/s. Pravdepodobna maximalna rychlost v skutocnych podmienkach je 400 MB/s s kontrolou kvality

a chybovosti prenosu. Aj pri takejto rychlosti vSak predstavuje rozhranie USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 10-n4sobné zlepSenie v porovnani

s rozhranim USB 2.0.

Aplikacie

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 prinaSa viac prenosovych drah a zariadeniam ponuka efektivnejsi a rychlejsi prenos Udajov. Napriklad prenos
videa prostrednictvom rozhrania USB bol predtym z hladiska maximalneho rozliSenia, latencie a kompresie takmer nepripustny. No ak
teraz mame 5 az 10-nasobne vacSiu Sirku pasma, video rieSenia vyuzivajice rozhranie USB mdZu fungovat omnoho lepsie. Jednolinkové
rozhranie DVI vyZaduje prenosovu rychlost takmer 2 Gb/s. Pévodnych 480 Mb/s predstavovalo obmedzenie, no rychlost 5 Gb/s je uz
viac nez slubna. VVdaka slubovanej rychlosti 4,8 Gb/s si néjde tento Standard cestu aj k takym produktom, ktoré predtym nevyuzivali
rozhranie USB, ako su napriklad externé ukladacie systémy vyuZivajlce polia RAID.

NizSie su uvedené niektoré z dostupnych produktov s rozhranim SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:
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Externé stolové pevné disky s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
Prenosné pevné disky s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Dokovacie stanice a adaptéry diskov s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
USB klUce a ¢itacky s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Disky SSD s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Polia RAID s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Optickeé jednotky

Multimedialne zariadenia

Sietové pripojenie

Adaptérové karty a rozboCovace s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Kompatibilita

Dobré spréava je, Ze pri vyvoji rozhrania USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 sa od zaciatku starostlivo dbalo na to, aby dokazalo bezproblémovo
fungovat so §tandardom USB 2.0. Hoci na to, aby ste mohli vyuzivat vyhody rychlejsieho nového rozhrania USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, su
potrebné nové fyzické prepojenia, a teda nové kable, samotny konektor zostdva nezmeneny — ma ten isty obdiZnikovy tvar so &tyrmi
rovnako umiestnenymi kontaktmi USB 2.0. Kable USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 obsahuju pat novych spojeni na nezavisly prenos prijatych

a odosielanych Udajov. Do kontaktu prichadzaju len po pripojeni k samotnému rozhraniu SuperSpeed USB.

USB typu C

USB typu C je novy a maly fyzicky konektor. Konektor podporuje rézne zaujimavé nové Standardy rozhrania USB (napriklad USB 3.1)
a napgjanie cez USB (USB PD).

Alternativny rezim

Konektor USB-C je novy Standard medzi konektormi, ktory je zaroveri velmi maly. Jeho velkost je oproti starému konektoru USB-A
priblizne tretinova. Je to Standardny konektor, ktory by mal byt kompatibilny so vSetkymi zariadeniami. Porty USB typu C podporujd
viacero réznych protokolov pomocou ,alternativnych rezimov”, vdaka Gomu mbéZete pouzivat adaptéry na pripojenie portov HDMI, VGA,
DisplayPort a dalSich prostrednictvom jediného portu USB.

Napajanie cez USB

Port USB typu C tiez podporuje napajanie cez USB. V sU&asnosti sa pripojenie cez USB Casto vyuziva na nabijanie inteligentnych
telefénov, tabletov a inych mobilnych zariadeni. Pripojenie cez USB 2.0 poskytuje vykon maximalne 2,5 W — pre telefén dostacujlce, pre
ostatné zariadenia nie. Napriklad notebook moze vyZzadovat az 60 W. Vdaka napéjaniu cez USB dokéZe port USB typu C poskytnut az 100
W. Tato funkcia je obojsmerna, takZe zariadenie moZe byt napajané alebo mdze samo napéjat. A zariadenie je mozné napéjat sticasne s
prenosom Udajov.

Mohlo by to znamenat koniec vSetkych Specidlnych nabijacich kéblov pre notebooky — vSetko by bolo napajané Standardizovanym USB
pripojenim. Svoj notebook by ste mohli nabijat pomocou prenosnej batérie, ktord dnes vyuZivate na nabijanie inteligentného telefénu

a ostatnych prenosnych zariadeni. Mohli by ste pripojit svoj notebook do externého displeja s napajacim kablom a zaroven pouzivat
externy displej a nabijat notebook — vSetko vdaka jednému malému kablu s konektorom USB typu C. Aby ste mohli tto funkciu vyuZivat,
zariadenia a kabel musia podporovat funkciu napéjania cez USB. To, Ze zariadenie ma port USB typu C eSte neznamend, Ze taklto funkciu
aj podporuje.

USB-C a USB 3.1

USB 3.1je novy Standard USB. Teoretické Sirka pasma rozhrania USB 3 je 5 Gb/s, teda rovnaka ako v pripade USB 3.1 1. generécie,
kym USB 3.1 2. generécie uz mdze dosiahnut teoretickl Uroveri 10 Gb/s. To je dvojnasobné Sirka pasma — rovnaka rychlost ako rychlost
konektora Thunderbolt 1. generacie. Konektor USB typu C nie je to isté ako USB 3.1. USB typu C je iba tvarom konektora a technolégia
prenosu mdze byt USB 2 alebo USB 3.0. Napriklad tablet s Androidom N1 od spolo¢nosti Nokia ma konektor USB typu C, ale Standard
prenosu je USB 2.0 — dokonca ani USB 3.0. Tieto technologie v8ak spolu Uzko slvisia.
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Vyhody portu DisplayPort cez USB typu C

maximalne vyuzitie moznosti audia/videa, ktoré pontka port DisplayPort (rozliSenie az 4K pri frekvencii 60 Hz),

symetricky kabel, ktory pri zapajani nevyzaduije rozliSovanie medzi pravym a lavym koncom ani hornou a dolnou stranu konektora,
spatna kompatibilita s portmi VGA a DVI pomocou adaptérov,

prenos Udajov na Urovni SuperSpeed USB (USB 3.1),

podpora technolégie HDMI 2.0a a sp&tna kompatibilita so starSimi verziami.

Port HDMI 2.0

V tejto Casti najdete informacie o porte HDMI 2.0 a jeho vlastnostiach a vyhodach.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je Uplne rozhranie nekomprimovaného, Uplne digitdlneho zvuku/videa podporované naprie¢
odvetvim. HDMI poskytuje rozhranie medzi akymkolvek kompatibilnym zdrojom zvuku/videa, ako je DVD prehravag ¢i prifimac A/V,

a kompatibilnym monitorom s podporou digitdlneho zvuku a/alebo videa, ako je digitéina televizia (DTV). Uréené vyuzitia pre televizory
s rozhranim HDMI a DVD prehréavace. Primarnou vyhodou je znizenie poCtu kablov a opatrenia na ochranu obsahu. HDMI podporuje
Standardné, vylepSené video, video vo vysokom rozliseni spolu s viackanalovym digitalnym zvukom prostrednictvom jediného kabla.

Vlastnosti rozhrania HDMI 2.0

e Ethernetovy kanal HDMI - pridava HDMI prepojeniu vysoku rychlost zosietovania, vdaka ktorej moZu pouzivatelia svoje IP zariadenia
vyuZivat naplno bez samostatného ethernetového kabla

e Spatny zvukovy kanal — umozriuje TV pripojenému cez rozhranie HDMI so vstavanym tunerom odosielat zvukové Udaje priamo do
okolitého zvukového systému, vdaka comu nie je potrebny samostatny zvukovy kabel

e 3D - urCuje vstupné/vystupné protokoly pre hlavné formaty 3D videa, Co otvéra priestor pre pravé aplikacie 3D hrania a 3D doméaceho
kina

e Typ obsahu - signalizacia typov obsahu medzi displejom a zdrojovymi zariadeniami v redlnom ¢ase umoZzniuje TV optimalizovat
nastavenia obrazu na zéklade typu obsahu

e Dalsi priestor pre farby — pridava podporu dalsich farebnych modelov vyuZivanych pri digitainej fotografii a po&itacovej grafike.
Podpora 4K — umozniuje vyuzivanie rozlieni videa nad 1 080 p s podporou displejov novej generéacie, ktoré nahradia digitaine systémy
premietania pouzivané v mnohych komer¢nych kinach
HDMI mikro konektor — novy, mensi konektor pre telefény a ostatné prenosné zariadenia s podporou rozliSeni videa az do 1080 p

e Systém pripojenia v automobiloch — nové kable a konektory pre videosystémy v automobiloch, ktoré su vytvorené na uspokojenie
jedineCnych poziadaviek prostredia vozidla, pri zachovani skutoCnej kvality vysokého rozliSenia

Vyhody HDMI

Kvalitné HDMI prenasa digitalny zvuk a video bez kompresie pre tU najvysSiu a najostrejsiu kvalitu obrazu.
Lacné HDMI ponuka kvalitu a funkcie digitalneho rozhrania, no zaroven podporuje videoformaty bez kompresie jednoduchym a cenovo
dostupnym spdsobom

e Audio HDMI podporuje viaceré formaty zvuku od Standardného sterea az po viackanalovy priestorovy zvuk
Rozhranie HDMI spéja video a viackanalovy zvuk do jedného kabla, pricom znizuje néklady, zloZitost a neprehfadnost viacerych kéblov,
ktoré sa v suCasnosti pouzivaju v audiovizualnych systémoch

e HDMI podporuje komunikaciu medzi zdrojom videa (napr. DVD prehravac) a DTV, priom umozriuje nové funkcie

Pamat Intel Optane

Pamét Intel Optane slUzi iba na zrychlenie datového Uloziska. Tato pamat nenahradza pamat RAM vo vasom poditaci ani nerozsiruje jej
kapacitu.

@ POZNAMKA: Pamat Intel Optane mozno pouzivat v poditadoch, ktoré spifiaju tieto systémové poziadavky:
e procesor Intel Core i3/i5/i7 7. generéacie alebo novsej,
e operacny systém Windows 10 (64-bitovy, verzia 1067 alebo novsia),
e ovladac technolégie Intel Rapid Storage (verzia 15.9.1.1018 alebo novsia).
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Tabul'ka2. Technické udaje pamate Intel Optane

Vlastnost Technické adaje

Rozhranie PCle 3.0 x2 NVMe 1.1

Konektor Slot na kartu M.2 (2230/2280)

Podporované konfiguracie e procesor Intel Core i3/i5/i7 7. generécie alebo novsej,
operacny systém Windows 10 (64-bitovy, verzia 1067 alebo
novsia),

e ovladdac technolbgie Intel Rapid Storage (verzia 15.9.1.1018
alebo novsia).

Kapacita 32 GB

Povolenie pouzivania pamate Intel Optane

Na paneli tloh kliknite na vyhladavacie pole a napiSte don , Intel Rapid Storage Technology*.
Kliknite na polozku Intel Rapid Storage Technology.
Na karte Status (Stav) kliknite na poloZzku Enable (Povolit), ¢im povolite pouZivanie pamate Intel Optane.

NN

Ak chcete pokracovat v povolovani pouzivania pamate Intel Optane, na obrazovke s upozornenim vyberte kompatibilny rychly disk
a kliknite na tlacidlo Yes (Ano).

B. Kliknutim na polozky Intel Optane memory (Pamat Intel Optane) > Reboot (Res§tartovat) dokoncite povolovanie pouZivania
paméate Intel Optane.

®| POZNAMKA: Vyhody paméte Intel Optane sa v pripade chodu aplikacif naplno prejavia pri ich druhom aZ tretom spusten.

Zakazanie pouzivania pamate Intel Optane

Ked zakaZete pamit Intel Optane, neodinstalujte ovliadaé technolégie Intel Rapid Storage, inak bude
dochéadzat k chybe so zobrazovanim modrej obrazovky. PouZivatel'ské rozhranie technolégie Intel Rapid Storage mdzZete
odstranit bez toho, aby ste odinstalovali jej ovladac.

@ POZNAMKA: Pamét Intel Optane je nevyhnutné zakazat este pred tym, ako z poditada vyberiete datové UloZisko s rozhranim SATA,
ktorého chod zrychluje paméatovy modul Intel Optane.

1. Na paneli tloh kliknite na vyhladavacie pole a napiSte don , Intel Rapid Storage Technology*.
2. Kiiknite na poloZku Intel Rapid Storage Technology. Zobrazi sa okno aplikacie Intel Rapid Storage Technology.

3. Na karte Intel Optane memory (Pamét Intel Optane) kliknite na poloZzku Disable (Zakazat), Cim zakéZete pouzivanie paméate Intel
Optane.

4, Kiiknite na tlagidlo Yes (Ano), ak ste porozumeli upozorneniu.
Zobrazi sa proces zakazovania paméte.

B. Kliknutim na polozku Reboot (Restartovat) dokoncite zakézanie pamate Intel Optane a pocitac sa restartuijte.
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Demontaz a montaz komponentov

@l POZNAMEKA: llustracie v tomto dokumente na mdzu lisit od vasho poditada v zavislosti od vami objednanej konfiguracie.

Témy:

Bodny kryt

Rozsirujluca karta
Gombikova batéria
Zostava pevného disku
Pevny disk

Ram

Modul pevného disku a optickej jednotky
Optické jednotka
Pamatovy modul
Ventilator chladi¢a
Zostava chladica

Spina¢ vniknutia do skrinky
Spina¢ napajania

Procesor

M.2 PCle SSD

Napéjacia jednotka
Reproduktor

Systémové doska

Bocny kryt

Demontaz bocéného krytu

Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.

2. Demontaz krytu:

a. Vysunte poistku na zadnej strane pocitaca, ktora uzamykéa bo¢ny kryt [1]. Pri sprévnom vysunuti sa ozve cvaknutie.
b. Vysurite bocny kryt a odstrarite ho z pocitaca [2].
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Montaz boc¢ného krytu

1. PriloZte kryt ku skrinke pocitaCa a posUvajte, kym nezacvakne na svoje miesto [1].
2. Poistka zacvakne a automaticky zaisti bocny kryt umiestneny na skrinke [2].
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3. Postupujte podia pokynov uvedenych v ¢asti Po dokonéeni prace v pocitaci.

Rozsirujuca karta

Demontaz rozsirujucej karty

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Gkonom v pocitaci.

2. Odstrérite bocny kryt.

3. Demontéz rozsirujucej karty:
a. ZatlaCte na kovovu zapadku, aby sa uvolnila poistka rozsirujucej karty [1].
b. Potiahnite uvolfiovaciu zapadku na spodku rozsirovacej karty [2].

®| POZNAMKA: Plati pre slot na kartu x16, karta x1 neméa Ziadnu poistku.

¢. Odpojte rozsirovaciu kartu a vyberte ju z konektora na systémovej doske [3].

Demontaz a montaz komponentov
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Montaz rozsirujacej karty

1. @ POZNAMKA: Konzoly na kartu PCle vyberiete tak, Ze ich zatladite smerom nahor zvn(tra po&itada, &m sa uvolnia. Potom ich uz
len staci nadvihnutim vybrat z pocitaCa.
Zasurite skrutkova¢ do otvoru konzoly PCle a silno zatlacte, aby ste konzolu uvolnili [3]. Potom nadvihnite konzolu z pocitaca.
2. Rozsirovaciu kartu zasunte do prislusného konektora na systémovej doske [1].
3. ZatlaCte na rozsirovaciu kartu, kym nezacvakne na miesto [2].
4. Zavrite poistku rozSirovacej karty a tlaCte na riu, kym nezacvakne na miesto [3].
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5. Namontujte boc¢ny kryt
6. Postupujte podla pokynov uvedenych v Gasti Po servisnom Ukone v pocitaci.

Gombikova batéria

Demontaz gombikovej batérie

Odstranenim gombikovej batérie méZe dojst k vynulovaniu nastaveni zakladnej dosky.

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujice komponenty:

a. Bocny kryt

b. Rozsirovacia karta
3. DemontéZ gombikovej batérie:

a. Pomocou plastového pacidla stlacte uvolfiovaciu zapadku, pokym gombikova batéria nevypadne [1].
b. Vyberte gombikovu batériu z pocitaca [2].

Demontaz a montaz komponentov
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InStalacia gombikovej batérie

1. Gombikovu batériu vlozte symbolom ,,+“ nadol do objimky na systémovej doske [1].
2. Batériu zatlacte do konektora, kym nezacvakne na miesto [2,3].
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3.

4,

NainStalujte nasledujuce komponenty:

a. Rozsirovacie karty

b. Bocny kryt

Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Po dokonceni prace v pocitaci.

Zostava pevného disku

Demontaz zostavy pevného disku

1.

2.
3.

Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
Odstrarite bocny kryt.
Demontéaz pevného disku:

a. Od konektorov na optickej jednotke odpojte datovy kabel a napajaci kabel pevného disku [1, 2].
b. ZatlaCte poistku a vyberte zostavu pevného disku z pocitaca [3].

Demontaz a montaz komponentov
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Zostavu pevného disku polozZte na prislusné miesto v poditaci [1].

1.

2. Ku konektorom na pevnom disku pripojte napéjaci kabel a kabel pevného disku [2,3].

Demontaz a montaz komponentov
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3. Namontujte bo¢ny kryt
4. Postupuijte podla pokynov uvedenych v Easti Po dokonceni prace v pocitaci.

Pevny disk

Demontaz pevného disku

@l POZNAMKA: Ak je va$ poditad vybaveny 3,5-palcovym pevnym diskom, postupuite pri jeho demontazi z konzoly rovnako.

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujuce komponenty:

a. Bocny kryt

b. sustava pevného disku
3. Ohnite konzolu pevného disku [1] a vysurite pevny disk [2] z konzoly [3].

@l POZNAMKA: Takisto postupujte pri demontazi dalsieho 2,5-palcového pevného disku do konzoly z opadnej strany.

Demontaz a montaz komponentov
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Montaz pevného disku

@l POZNAMKA: Ak je va$ poditad vybaveny 3,5-palcovym pevnym diskom, postupuite pri jeho montazi do konzoly rovnako.

1. Najskor zasurite vyEnelky na konzole pevného disku do otvorov na jednej strane pevného disku[1]. Potom vloZte pevny do konzoly tak,
aby do druhej strany s otvormi tiez zapadli vy&nelky na konzole pevného disku [2].

@l POZNAMKA: Takisto postupujte pri montazi dalieho 2,5-palcového pevného disku do konzoly z opadnej strany.

2. Nainstalujte nasledujuce komponenty:
a. Zostava pevného disku
b. Boc¢ny kryt
3. Postupujte podia pokynov uvedenych v Casti Po dokonéeni prace v pocitaci.

Ram

Demontaz predného panela

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Odstrérite bocny kryt.
3. Demontéz predného ramu:

a. \VypécCte poistky, ktoré drzia predny panel na pocitaci.

b. Odstrarite predny panel z pocitaca.

24 Demontaz a montaz komponentov



InStalacia predného panela

1. Predny panel zarovnajte so skrinkou pocitaca a zapadky, ktoré na riom su, zasurite do otvorov v prednej Casti skrinky.
2. Zatlatte narédm a tlaCte, kym zépadky nezacvaknul na miesto.

Demontaz a montaz komponentov 25



3. Namontujte bo¢ny kryt
4. Postupuijte podla pokynov uvedenych v Easti Po dokonceni prace v pocitaci.

Modul pevného disku a optickej jednotky

Demontaz modulu pevného disku a optickej jednotky

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujuce komponenty:

a. Bocny kryt

b. Predny rém

C. Zostava pevného disku

3. Demontaz modulu pevného disku a optickej jednotky:
a. Vytiahnite kéble optickej jednotky [1] a kdble pevného disku [2] z poistnej Uchytky a poistky HDD-ODD.
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b. Posurite poistku, ktord uzamyka modul pevného disku a optickej jednotky [1].

¢. Nadvihnite modul pevného disku a optickej jednotky [2].

27
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4. DemontéaZ modulu pevného disku a optickej jednotky:

a. Od konektorov na optickej jednotke odpojte datovy kabel a napajaci kabel optickej jednotky [1, 2].

b. Vysurite a vyberte modul pevného disku a optickej jednotky z po

Sitada [3].

Demontaz a montaz komponentov

28



\ "-- \ ==y -;:‘ >

<
e G / 0

N\

AN

77 1L

BTN
7L
77714
eslacent 7
Y /i
3

! 2/
A
o 7 /
< FIY
7l 2 LLL
.24 @

N

o

&z

Montaz modulu pevného disku a optickej jednotky

1. Zapadky na module pevného disku a optickej jednotky vioZte do slotov v skrinke pod uhlom 30 stupriov [1].

2. Ku konektorom na optickej jednotke pripojte datovy kabel a napéjaci kabel optickej jednotky [2, 3].

Demontaz a montaz komponentov

29



3. Opatrne spustite modul pevného disku a optickej jednotky dole a zaloZte ho na miesto [1].
4. Zasunite poistku, ktorou sa modul uzamyka [2].
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5. Datovy kabel a napéjaci kabel pevného disku prevle¢te cez poistku modulu pevného disku a optickej jednotky [1].

6. Datovy kabel a napdjaci kabel optickej jednotky vlozZte do vodiacich Uchytiek [2].
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7. NainStalujte nasledujuce komponenty:
a. Zostava pevného disku
b. Predny ram
c. Bocny kryt
8. Postupujte podla pokynov uvedenych v ¢asti Po dokonceni prace v pocitaci.

Opticka jednotka

Demontaz optickej jednotky

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujuce komponenty:
a. Bocny kryt
b. Predny ram
3. Demontaz optickej jednotky:
a. Od konektorov na optickej jednotke odpojte datovy kabel a napéjaci kébel pevného disku [1, 2].
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b. Posurite poistku, ktora uzamyké modul pevného disku a optickej jednotky [1].
¢. Nadvihnite modul pevného disku a optickej jednotky [2].
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d. Od konektorov na optickej jednotke odpojte datovy kabel a napajaci kabel optickej jednotky [1, 2] a opatrne spustite modul pevného

disku na miesto.
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e. ZatlaCte poistku na optickej jednotke [1] a vytiahnite jednotku z pocitaca [3].

35
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Instalacia optickej jednotky

1. Opticku jednotku vioZte na jej miesto v skrinke pocitaca [1].
2. Posunutim uvolnite poistku, ktora uzamyké modul pevného disku a optickej jednotky [2].
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3. Nadvihnite modul pevného disku a optickej jednotky [1] a ku konektorom na optickej jednotke pripojte datovy kabel a napajaci kabel

optickej jednotky [2, 3].
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4. Ku konektorom na pevnom disku pripojte datovy kabel a napéajaci kabel pevného disku [1,2].
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B. Zasurite poistku, ktorou sa modul uzamyké [2].

6. Nainstalujte nasledujuce komponenty:

a.
b.

Predny ram
Bocény kryt

7. Postupujte podla pokynov uvedenych v &asti Po dokonceni prace v pocitaci.

Pamatovy modul

Demontaz pamatového modulu

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v asti Pred servisnym Ukonom v poditaci.

2. Demontujte nasledujuce komponenty:

a.
b.
c.
d.

Bodny kryt

Predny ram

Zostava pevného disku

Modul pevného disku a optickej jednotky

3. Demontéaz pamatového modulu:

a.
b.

Odtiahnite poistky na oboch stranach paméatového modulu, ktoré ho drzia v konektore [1].
Demontujte pamatovy modul zo systémovej dosky [2].

Demontaz a montaz komponentov
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Montaz pamatového modulu

1. Zarovnajte drazku pamatového modulu so zapadkou na konektore paméatového modulu.
2. Vlozte pamatovy modul do slotu na pamatovy modul [1].
3. Pamatovy modul zastvajte do slotu dovtedy, kym poistky na oboch stranach nezacvaknul a nezaistia ho [2].
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4. Nainstalujte nasledujuce komponenty:

a. Modul pevného disku a optickej jednotky
b. Zostava pevného disku
c. Predny rém
d. Bocny kryt
5. Postupuijte podla pokynov uvedenych v Casti Po dokonceni prace v pocitaci.

Ventilator chladica

Demontaz ventilatora chladica

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujuce komponenty:

a. Bocny kryt

b. Predny rém

C. Zostava pevného disku

d. Modul pevného disku a optickej jednotky
3. Demontéz ventilatora chladica:

a. Odpojte kébel ventilatora chladica od konektora na systémovej doske [1].

b. Odskrutkujte 3 skrutky, ktoré pripevriuju ventilator k chladicu [2].

c. Vyberte ventiltor chladi€a z pocitaca [3].

Demontaz a montaz komponentov 11



Montaz ventilatora chladica

1. PoloZte ventilator chladi¢a na miesto na zostavu chladica [1].
2. Zaskrutkujte 3 skrutky, ktoré pripeviiuju ventilator chladica k zostave chladica [2].
3. Pripojte kabel ventilatora chladia ku konektoru na systémovej doske [3].
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4. NainStalujte nasledujuce komponenty:

a. Modul pevného disku a optickej jednotky
b. Zostava pevného disku
c. Predny ram
d. Bocny kryt
5. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Po dokonceni prace v pocitaci.

Zostava chladica

Demontaz zostavy chladica

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujuce komponenty:
a. Bocny kryt
b. Predny rém
C. Zostava pevného disku
d. Modul pevného disku a optickej jednotky
3. Demont4z zostavy chladica:
a. Odpojte kabel ventildtora zostavy chladica od konektora na systémovej doske [1].
b. Povolte 4 skrutky s roznitovanym koncom, ktoré pripeviiuju zostavu ventildtora chladica [2], a vyberte zostavu z pocitaca [3].

Demontaz a montaz komponentov 43



®| POZNAMKA: Skrutky odskrutkujte v predpisanom poradi (1, 2, 3, 4), ktoré je vyznadené na systémovej doske

Montaz zostavy chladica

1. Zostavu chladiGa umiestnite na procesor a zarovnajte ju s nim [1].
2. Utiahnite 4 skrutky s roznitovanym koncom, ktoré pripeviuju zostavu chladi¢a k systémovej doske [2].

®| POZNAMKA: Skrutky zaskrutkujte v predpisanom poradi (1, 2, 3, 4), ktoré je vyznadené na systémovej doske.
3.

K prislusnému konektoru na systémovej doske pripojte kabel ventilatora zostavy chladica [3].
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4. NainStalujte nasledujuce komponenty:

a. Modul pevného disku a optickej jednotky
b. Zostava pevného disku
c. Predny ram
d. Bocny kryt
B. Postupujte podla pokynov uvedenych v &asti Po dokonceni prace v pocitaci.

Spinac vniknutia do skrinky

Demontaz spinaca vniknutia do skrinky

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v poditaci.
2. Demontujte nasledujuce komponenty:

Bodny kryt

Predny ram

Zostava pevného disku

Modul pevného disku a optickej jednotky

Zostava chladiCa

a0 oo

3. Demontaz spinaCa vniknutia do skrinky:
a. Odpojte kabel spinaca vniknutia do skrinky od konektora na systémovej doske [1].
b. Vysurite spina¢ vniknutia do skrinky a vyberte ho zo [2].

Demontaz a montaz komponentov
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InStalacia spinaca vniknutia do skrinky
1. Spina¢ vniknutia do skrinky zasurite do prislusného slotu v skrinke [1].

2. Kabel spinaca vniknutia do skrinky pripojte k systémovej doske [2].
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3. Nainstalujte nasledujuce komponenty:

®ap oo

4. Postupuijte podla pokynov uvedenych v Easti Po dokonceni prace v pocitaci.

Zostava chladi¢a

Modul pevného disku a optickej jednotky
Zostava pevného disku

Predny ram

Bocny kryt

Spinac¢ napajania

Demontaz spinaca napajania

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.

2. Demontujte nasledujice komponenty:

a.
b.
c.
d.

Bocény kryt

Predny ram

Zostava pevného disku

Modul pevného disku a optickej jednotky

3. Demontéz spinaca napéjania:

a.
b.

Odpojte kabel spinata napajania od systémovej dosky [1].
ZatlaCte poistky spinaCa napajania a vytiahnite spinac¢ z pocitaca [2] [3].

Demontaz a montaz komponentov
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InStalacia spinaca napajania

1. Modul spinaca napajania zasurite do prislusného slotu v Sasi, kym nezacvakne na svoje miesto [1, 2].
2. Pripojte kébel spinaca napéjania ku konektoru na systémovej doske [3].
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3. NainStalujte nasledujice komponenty:

a. Modul pevného disku a optickej jednotky
b. Zostava pevného disku
¢. Predny ram
d. Bocny kryt
4. Postupujte podla pokynov uvedenych v €asti Po dokonceni prace v pocitaci.

Procesor

Demontaz procesora

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Easti Pred servisnym Ukonom v poditaci.
2. Demontujte nasledujuce komponenty:

Boc¢ny kryt

Predny ram

Zostava pevného disku

Modul pevného disku a optickej jednotky

Zostava chladi¢a

a0 oo

3. Odstrénenie procesora:
a. Uvolnite packu zasuvky potlacenim packy nadol a vytiahnutim spod zapadky na Stite procesora [1].
b. Nadvihnite packu nahor a zdvihnite Stit procesora [2].

Demontaz a montaz komponentov
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Koliky v zasuvke procesora su tenké a neopatrnym zaobchadzanim ich mdZete trvalo poskodit.
Davajte preto pri vyberani procesora zo zasuvky pozor, aby ste ich neohli.

c. Procesor vydvihnite zo zasuvky [3].
POZNAMKA: Po demontazi vioZte procesor do antistatického obalu, ak ho cheete ete pouZit, vratit alebo dogasne bezpedne
uskladnit. Nedotykajte sa spodnej strany procesora a davajte pozor, aby ste neposkodili kontakty. Pri manipulécii drzte
procesor iba za hrany.

InStalacia procesora

1. Procesor umiestnite na péticu tak, aby boli sloty na procesore zarovno s vycnelkami na patici [1].

Na rohu kolika 1 procesora je trojuholnik, ktory ma byt zarovnany s trojuholnikom na rohu kolika 1 na
patici procesora. Ked' je procesor spravne zalozeny, vSetky Styri rohy st zarovnané do rovnakej vysky. Ak je niektory
roh procesora vysSie nez ostatné, procesor nie je zaloZzeny spravne.

2. Zatvorte §tit procesora tak, Ze ho zasuniete pod poistnu skrutku [2].
8. ZatlaCte packu pétice nadol a uzamknite ju zasunutim pod zapadku [3].
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NainStalujte nasledujuce komponenty:

®Papoo

Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Po dokonceni prace v pocitaci.

Zostava chladica

Modul pevného disku a optickej jednotky
Zostava pevného disku

Predny ram

Bocny kryt

M.2 PCle SSD

Demontaz disku SSD M.2 PCle

®| POZNAMEKA: Tieto pokyny platia aj pre disk SSD M.2 SATA.

1.

2,

Postupujte podia pokynov uvedenych v ¢asti Pred servisnym tkonom v pocitaci.

Demontujte nasledujuce komponenty:

a.

oo yoT

Bocny kryt

Predny ram

Zostava pevného disku

Modul pevného disku a optickej jednotky
Zostava chladi¢a
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3. Demontaz disku SSD M.2 PCle:
a. Odskrutkujte jednu skrutku (M2 x 3,5), ktora pripevriuje disk SSD M.2 PCle k systémovej doske [1].
b. Nadvihnite disk SSD PCle a vyberte ho z konektora na systémovej doske [2].
c. Odstrérite tepelnt podlozku disku SSD [3].

Montaz disku SSD M.2 PCle

@l POZNAMKA: Tieto pokyny platia aj pre disk SSD M.2 SATA.

1. Na prislusné miesto na systémovej doske poloZte tepelnd podlozku disku SSD [1] .
2. Do konektora na systémovej doske viozZte disk SSD M.2 PCle [2].
3. Zaskrutkujte spat jednu skrutku (M2 x 3,5), ktora pripevriuje disk SSD M.2 PCle k systémovej doske [3].
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4. NainStalujte nasledujuce komponenty:
Zostava chladica

Modul pevného disku a optickej jednotky
Zostava pevného disku

Predny ram

Boc¢ny kryt

®ap oo

5. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Po dokonceni prace v pocitaci.
Napajacia jednotka

Demontaz napajacieho zdroja alebo PSU

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujuce komponenty:
a. Bocny kryt
Predny ram
Zostava pevného disku
Modul pevného disku a optickej jednotky
Zostava chladica

®Pao0ym

Demontaz a montaz komponentov
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3. Uvolnenie jednotky PSU:
a. Odpojte od systémovej dosky kabel napajania procesora [1].
b. Ké&ble napajania vyberte z Uchytiek na skrinke [2].
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4. DemontéZ PSU:
a. Odskrutkujte 3 skrutky, ktoré drzia PSU v pocitaci [1].
b. Od konektora na systémovej doske odpojte napajaci kabel systému [2].
c. Nadvihnite kéble a vyberte ich z pocitaca [3].
d. ZatlaCte modru poistku [4] na konci PSU, potom PSU vysunite a vyberte zo skrinky [5].
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Montaz napajacieho zdroja alebo PSU

Vlozte PSU do skrinky a zaistite ho posunutim smerom k zadnej Gasti pocitaca [1, 2].
Do vodiacich Uchytiek viozte napajaci kabel systému [3].

Napajaci kabel pripojte ku konektoru na systémovej doske [4].

Zaskrutkujte spat skrutky, ktoré pripevriuji PSU k zadnej Gasti skrinky [5].

NN

Demontaz a montaz komponentov
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B. Vlozte napéjaci kabel procesora do vodiacich Uchytiek [1].

6. Napéajaci kabel procesora pripojte ku konektoru na systémovej doske [2].

Demontaz a montaz komponentov
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7. NainStalujte nasledujuce komponenty:
Zostava chladica

Modul pevného disku a optickej jednotky
Zostava pevného disku

Predny ram

Bocny kryt

®Papoo

8. Postupujte podla pokynov uvedenych v &asti Po dokonceni prace v pocitaci.

Reproduktor

Demontaz reproduktora

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v &asti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.

2. Demontujte nasledujiice komponenty:
a. Bocny kryt
b. Predny réam
c. Zostava pevného disku
d. Modul pevného disku a optickej jednotky
8. Demontéz reproduktora:
a. Odpojte kabel reproduktora od konektora na systémovej doske [1].
b. ZatlaCte poistku [2] a vytiahnite reproduktor zo [3].

Demontaz a montaz komponentov
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Instalacia reproduktora

1. Reproduktor vlozte do prislusného slotu v skrinke pocitaCa a zatlacte ho, aby zacvakol na miesto [1, 2].
2. Kaébel reproduktora pripojte ku konektoru na systémovej doske [3].
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3. Nainstalujte nasledujice komponenty:
a. Modul pevného disku a optickej jednotky
b. Zostava pevného disku
c. Prednyram
d. Bocny kryt
4. Postupujte podia pokynov uvedenych v ¢asti Po dokonéeni prace v pocitaci.

Systémova doska

Demontaz systémovej dosky

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v asti Pred servisnym Ukonom v poditaci.
2. Demontujte nasledujuce komponenty:
Bodny kryt

Gombikova batéria

Predny ram

Zostava pevného disku

Modul pevného disku a optickej jednotky
Zostava chladica

Procesor

Pamatovy modul

Disk SSD, M.2 PCle

3. Odpojte nasledujuce kable:

—“TQ o Qa0DTe

a. Spina¢ vniknutia do skrinky
b. Spina¢ napéjania
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4. Demontaz vstupno-vystupného panela:
a. Odskrutkujte skrutku, ktora upevriuje vstupno-vystupny panel [1].
b. Potocte vstupno-vystupny panel a vyberte ho z pocitaca [2].
¢. Odpojte od prislusnych konektorov na systémovej doske datovy kabel pevného disku [3], datovy kabel optickej jednotky [4]
a napéjaci kabel [5].

5. Od konektorov na systémovej doske odpojte tieto kable:
a. Spina¢ vniknutia do skrinky [1]
b. Napéjanie procesora [2]
C. Spina¢ napéjania [3]

6. Vyberte z poistnych Uchytiek kable PSU [4].
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7. Odstrante skrutky, ktoré drzia systémovu dosku:
a. Odskrutkujte 5 skrutiek pripevriujlcich systémovu dosku k Sasi [1].

b. Odskrutkujte jednu skrutku, ktora sliZi na pripevnenie disku SSD M.2 [2], a jeden digtan&ny stlpik so zavitom (#6-32) [3], ktory
pripeviuje systémovi dosku k pocitacu [3].
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8. Demontéaz systémovej dosky:
a. Nadvihnite systémovu dosku a vyberte ju z poCitaca [1, 2].
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InsStalacia systémovej dosky

1. Systémovud dosku uchopte za bo¢né hrany na a zarovnajte ju so zadnou Castou pocitaca.

2. Opatrne ju vloZte do skrinky pocitaca tak, aby boli konektory na jej zadnej strane zarovnané so slotmi v skrinke a otvory na skrutky na
systémovej doske boli zarovnané s vystupkami na skrinke [1,2].

3. Zaskrutkujte spat distandny stipik so zavitom (#6-32), jednu skrutku, ktora sliZi na pripevnenie disku SSD M.2, a 5 skrutiek, ktoré
pripeviuju systémova dosku k poéitacu [1, 2, 3][1,2].
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4. VSetky kéble prevlecte cez vodiace Uchytky [1].

B. Kéble zarovnajte s kolikmi na konektoroch systémovej dosky a pripojte k nej kable nasledujdcich stcasti:
a. Spinac napajania [2]
b. Napéjanie procesora [3]
C. Spina¢ vniknutia do skrinky [4]
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6. Pripojte napajaci kabel, datovy kabel optickej jednotky a datovy kabel pevného disku [1, 2, 3].
7. H&cik na vstupno-vystupnom paneli zasurite do slotu v skrinke a otocenim ho zaistite [4].
8. Zaskrutkujte skrutku, ktora pripevriuje vstupno-vystupny panel ku skrinke [5].
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10.

1.

66

e
A

AR

N ;
Mruanua® e

AR

B Y

Pripojte kable nasledujucich komponentov:
a. Spina¢ vniknutia do skrinky

b. Spina¢ napéjania

NainStalujte nasledujice komponenty:

Disk SSD, M.2 PCle

Pamatovy modul

Procesor

Zostava chladica

Modul pevného disku a optickej jednotky
Zostava pevného disku

Predny ram

Boc¢ny kryt

ST@ o0 oo

Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Po dokonceni prace v pocitaci.
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RieSenie problémov

Témy:

. Diagnostika VylepSené vyhodnotenie systému pred zavedenim (Enhanced Pre-Boot System Assessment — ePSA)
*  Diagnostika

. Integrovany automaticky test napgjacieho zdroja

. Diagnostické chybové hlasenia

. Systémové chybové hlasenia

. Obnovenie operacného systému

¢ Resetovanie hodin redlneho ¢asu (RTC)

e Zalohovacie média a moznosti obnovenia

*  Cyklus napgjania Wi-Fi

Diagnostika VylepSené vyhodnotenie systému pred
zavedenim (Enhanced Pre-Boot System Assessment —
ePSA)

Diagnostika ePSA (zndma tiez ako diagnostika systému) sliZi na GpInt kontrolu hardvéru. Diagnostika ePSA je vstavanou stc¢astou
systému BIOS, v ktorom sa spusta. Vstavana diagnostika systému poskytuje stbor moznosti pre konkrétne zariadenia alebo skupiny
zariadenti, aby ste monhli:

Diagnostiku ePSA moZzno spustit pri zapinani pocitaca tak, Ze stlacite naraz tlacidlo napéjania a klaves Fn.

Spustit testy automaticky alebo v interaktivnom reZime

Opakovat testy

Zobrazit alebo uloZit vysledky testov

Spustenim podrobnych testov zaviest dodatocné testy kvoli ziskaniu dalSich informacii o zariadeniach, ktoré maji poruchu
Zobrazit hlasenia o stave, ktoré vas informujd, ak testy prebehli Uspesne

Zobrazit chybové hlasenia, ktoré vas informuju, ak sa poCas testov objavili nejaké problémy

@ POZNAMKA: Niektoré testy vybranych zariadeni vyZzaduju aktivnu participaciu pouzivatela. Preto je dolezité, aby ste pocas
diagnostickych testov boli pri po&itadi.

Spustenie diagnostiky ePSA

Spustite diagnostiku jednym z dvoch niZSie uvedenych spésobov:

1. Zapnite pocitad.
2. Ked sa pocas zavadzania systému objavi logo Dell, stlacte klaves F12.

3. Na obrazovke s ponukou zavadzania systému vyberte pomocou klavesov so Sipkou nadol a nahor polozku Diagnostics (Diagnostika)
a stlacte klaves Enter.

@ POZNAMKA: Zobrazi sa okno Enhanced Pre-boot System Assessment (Vylepsené vyhodnotenie systému pred
zavedenim), ktoré zobrazi v3etky zariadenia zistené v pocitaci. Diagnosticky néstroj spusti testy pre v3etky zistené zariadenia.

4. Kiiknite na ikonu Sipky v pravom dolnom rohu, ¢im prejdete na stranku so zoznamom.
V zozname sU zobrazené vSetky zistené zariadenia pocCitaca, ktoré boli uz aj otestované.

5. Ak chcete spustit diagnosticky test pre konkrétne zariadenie, stladte klaves Esc a kliknutim na tlacidio Yes (Ano) zastavte
diagnosticky test.

Vyberte zariadenie na lavej table a kliknite na poloZku Run Tests (Spustit testy).
7. 'V pripade problémov sa zobrazia chybové kédy.
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Poznadte si chybovy kdd a obratte sa na Dell.

Diagnostika

POST (Automatickéa kontrola pri zapnutf) po&itaCa zaisti, Ze je v stlade so zakladnymi poZiadavkami na pocitac a Zze pred spustenim
procesu nacitavania spravne funguje hardvér. Ak pocita¢ prejde cez POST, pocita¢ bude pokracovat v spustani v normalnom rezime.
Avsak, ak pocitac pri POST zlyha, pri spustani zobrazi sériu LED kédov. Kontrolka LED systému je integrované na tlacidle napéjania.

Nasledujuca tabulka zobrazuje rézne svetelné vzory a ich vyznam.

Tabulka3. Stavy indikované kontrolkou LED napéjania

Stav oranzovej kontrolky

Stav bielej kontrolky

Stav systému

Poznamky

Nesvieti Nesvieti S4, S5 e Hibernacia alebo rezim
spanku (S4)
e Napdjanie je vypnuté (SH)
Nesvieti Blika S1,.88 Systém je v rezime nizkej

spotreby S1alebo S3. Toto
blikanie nenaznacuje ziadnu
chybu systému.

Predchéadzajuci stav

Predchadzajuci stav

S3, bez signalu PWRGD od
napajacieho zdroja

OznacCuje mozné oneskorenie
prechodu z aktivneho stavu
SLP_S3# do neaktivheho stavu
PWRGD_PS.

Blika

Nesvieti

S0, bez signalu PWRGD od
napajacieho zdroja

Zlyhanie spustenia systému

— pocitac je napajany

a napéjaci zdroj dosahuje
normalne hodnoty. Zariadenie
mozno nefunguje spravne alebo
je nespravne nainstalované.
Pozrite si vzory blikania
oranzového svetla v niZSie
zobrazenej tabulke, ktora
uvédza potencialne problémy
a moznosti diagnostiky.

NepreruSované svetlo

Nesvieti

S0, bez signalu PWRGD od
napajacieho zdroja, fetch kédu =
0

Zlyhanie spustenia systému —
stav signalizujlci chybu systému
vratane chyby napajacieho
zdroja. Spravne funguije iba

5 V napéjanie zdroja v
pohotovostnom rezime.

Nesvieti

Neprerusované svetlo

S0, bez signalu PWRGD od
napéjacieho zdroja, fetch kddu =
1

Oznacuje, Ze hostitelsky systém
BIOS zacal vykonavat prikazy

a do registra LED mozno
zapisovat.

Tabulka4. Zlyhania indikované blikajucou oranzovou kontrolkou LED

Stav oranZovej kontrolky

Stav bielej kontrolky

Stav systému

Poznamky

2

1

Chyba zakl. dosky

Chyba z4kl. dosky — riadky
A, G,HaJvtabulke 12.4

s technickymi Udajmi o SIO —
indikatory pred testom POST
[40]

Chyba zakl. dosky, PSU alebo
kabelaze

Chyba z4kl. dosky, PSU alebo
kabeldze — riadky B, Ca D
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Tabulka4. Zlyhania indikované blikajucou oranzovou kontrolkou LED (pokracovanie)

Stav oranzovej kontrolky

Stav bielej kontrolky

Stav systému

Poznamky

v tabulke 12.4 s technickymi
Gdajmi o SIO [40]

2 3 Chyba z&kl. dosky, pamaéte alebo | Chyba zakl. dosky, pamate alebo
procesora procesora — riadky F a K
v tabulke 12.4 s technickymi
Udajmi o SIO [40]
2 4 Chyba gombikovej batérie Chyba gombikovej batérie —

riadok M v tabulke 12.4
s technickymi tdajmi o SIO [40]

Tabul'ka5. Stavy v ¢asti Host BIOS Control

Stav oranZovej kontrolky

Stav bielej kontrolky

Stav systému

Poznamky

2

5

BIOS, stav 1

Kéd testu POST systému BIOS
(Povodny vzor LED 0001) pre
poskodenie systému BIOS.

BIOS, stav 2

Kéd testu POST systému BIOS
(Povodny vzor LED 0010)

pre problém s konfiguraciou
procesora alebo zlyhanie
procesora.

BIOS, stav 3

Kod testu POST systému BIOS
(Povodny vzor LED 0011)

pre prebiehajucu konfiguraciu
pamate. Nasli sa pozadované
pamatové moduly, no doslo k ich
zlyhaniu.

BIOS, stav 4

Kod testu POST systému

BIOS (Povodny vzor

LED 0100) pre problém

s konfiguraciou zariadenia PClI
alebo jeho zlyhanie, ktoré suvisi
s problémom s konfiguraciou
alebo zlyhanim podsystému
videa. Systém BIOS zobrazi kod
0101 pre chybu videa.

BIOS, stav 5

Kod testu POST systému BIOS
(Povodny vzor LED 0110)

pre problém s konfiguraciou
datového UloZiska alebo

jeho zlyhanie, ktoré stvisi

s konfiguraciou alebo zlyhanim
rozhrania USB. Systém BIOS
zobrazi kéd 0111 pre chybu
rozhrania USB.

BIOS, stav 6

Kéd testu POST systému BIOS
(Pévodny vzor LED 1000) pre
problém s konfiguraciou paméte,
nenasla sa Ziadna pamat.

BIOS, stav 7

Kéd testu POST systému BIOS
(Povodny vzor LED 1001) pre
fatalnu chybu zakladnej dosky.

BIOS, stav 8

Kod testu POST systému
BIOS (Pévodny vzor LED
1010) pre konfiguraciu pamate,
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Tabul'ka5. Stavy v €asti Host BIOS Control (pokracovanie)

Stav oranzovej kontrolky Stav bielej kontrolky

Stav systému Poznamky

nekompatibilné moduly alebo
neplatnu konfiguraciu.

BIOS, stav 9 Kéd testu POST systému BIOS
(Pévodny vzor LED 1011) pre
iny Ukon pred inicializaciou video
zariadenia, ktory sUvisi s kodmi
pre konfiguraciu prostriedkov.
Systém BIOS zobrazi kéd 1100.

BIOS, stav 10 Kéd testu POST systému BIOS
(Povodny vzor LED 1110) pre iny
Ukon pred testom POST, ktory
nasleduje po inicializacii video
zariadenia.

Integrovany automaticky test napajacieho zdroja

Pomocou integrovaného automatického testu (BIST) mozete otestovat, &i funguje napajaci zdroj pocitaca. Ak chcete spustit automaticku
diagnostiku napgjacieho zdroja stolového pocitaca alebo pocitaCa typu all-in-one, precitajte si ¢lanok v databaze poznatkov s Cislom

000125179 na webovej stranke www.dell.com/support.

Diagnostické chybové hlasenia

Tabul'ka6. Diagnostické chybové hlasenia

Chybové hlasenia

Popis

AUXILIARY DEVICE FAILURE

Dotykovy panel alebo externa mys mézu byt chybné. V pripade
externej mySi skontrolujte pripojny kabel. V programe Nastavenie
systému povolte moznost Pointing Device (Ukazovacie
zariadenie).

BAD COMMAND OR FILE NAME

Skontrolujte, &i ste prikaz zadali spravne, dali medzery na spravne
miesta a pouzili spravnu cestu.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE

Zlyhanie primarnej internej vyrovnavacej pamate mikroprocesoru.
Kontaktujte Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE

Optické jednotka neodpoveda na prikazy z poc&itaca.

DATA ERROR

Pevna jednotka nedokaze precitat data.

DECREASING AVAILABLE MEMORY

Jeden alebo niekolko pamatovych modulov mdze byt chybnych
alebo nespravne nasadenych. Opatovne nainstalujte pamatové
moduly alebo ich vymerite, ak je to potrebné.

DISK C: FAILED INITIALIZATION

Nepodarilo sa inicializovat pevny disk. Spustite testy pevného disku
v nastroji Dell Diagnostics.

DRIVE NOT READY

Operécia si vyzaduje, aby pevny disk sa nachadzal v Sachte eSte
pred pokracovanim. Do Sachty na pevny disk nainStalujte pevny
disk.

ERROR READING PCMCIA CARD

Pocita¢ nedokéze identifikovat kartu ExpressCard. Opatovne
vlozte kartu alebo vyskuSajte inu kartu.

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED

Velkost pamate zaznamenana v pamati NVRAM nezodpoveda
velkosti paméatového modulu naindtalovaného v pocitadi.
Restartujte pocitac. Ak sa chyba vyskytne znova, obratte sa na
firmu Dell.
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Tabul'ka6. Diagnostické chybové hlasenia (pokracovanie)

Chybové hlasenia

Popis

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

Subor, ktory sa pokusate skopirovat, je prilis velky na to, aby sa na
disk zmestil, alebo disk je plny. Pokuste sa stbor prekopirovat na
iny disk alebo pouzite disk s va&Sou kapacitou.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING
CHARACTERS: \ / M > | -

V nazvoch suborov tieto znaky nepouZzivajte.

GATE A20 FAILURE

Niektory pamé&tovy modul moze byt uvolneny. Namontujte spéat
pamatovy modul alebo ho vymerite, ak je to potrebné.

GENERAL FAILURE

OperaCny systém nie je schopny prikaz vykonat. Za tymto hldsenim
sa obvykle zobrazia dalSie spresnujuce informacie. Napriklad:
Printer out of paper. Take the appropriate
action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR

Pocita¢ nemdZe identifikovat typ disku. Vypnite pocitac,
demontujte pevny disk a zaved'te systém z optickej jednotky.
Potom pocitaC vypnite, pevny disk opdtovne nainstalujte a pocita
reStartujte. Spustite testy Hard Disk Drive (Pevny disk)
dostupné v nastroji Dell Diagnostics.

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0

Pevny disk neodpoveda na prikazy z pocitaca. Vypnite pocitac,
demontujte pevny disk a zaved'te systém z optickej jednotky.
Potom pocitac vypnite, pevny disk opdtovne nainstalujte a poditac
reStartujte. Ak problém pretrvava, skiste inl diskovu jednotku.
Spustite testy Hard Disk Drive (Pevny disk) dostupné v nastroji
Dell Diagnostics.

HARD-DISK DRIVE FAILURE

Pevny disk neodpoveda na prikazy z pocitaca. Vypnite pocitac,
demontujte pevny disk a zaved'te systém z optickej jednotky.
Potom pocitac vypnite, pevny disk opdtovne nainstalujte a poditac
reStartujte. Ak problém pretrvava, skuste inl diskovu jednotku.
Spustite testy Hard Disk Drive (Pevny disk) dostupné v nastroji
Dell Diagnostics.

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

Pevny disk méze byt chybny. Vypnite poditac, demontujte pevny
disk a zaved'te systém z optickej jednotky. Potom poditaC vypnite,
pevny disk opatovne nainstalujte a pocitac restartujte. Ak problém
pretrvava, skuste inu diskovu jednotku. Spustite testy Hard Disk
Drive (Pevny disk) dostupné v nastroji Dell Diagnostics.

INSERT BOOTABLE MEDIA

OperaCny systém sa pokUsa spustit z média, ktoré nie
je zavadzacie, akym je napriklad optické jednotka. Vlozte
bootovatelny nosic.

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

Konfiguracia systému nesuhlasi s konfiguraciou hardware. Toto
hlasenie sa najpravdepodobnejsie vyskytne po nainstalovani
pamatového modulu. Opravte prislusné volby v programe na
nastavenie systému.

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE

U externej klavesnice skontrolujte pripojny kébel. Spustite test
Keyboard Controller (Radi¢ klavesnice) dostupny v nastroji
Dell Diagnostics.

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE

U externej klavesnice skontrolujte pripojny kabel. Pocitac
reStartujte a poCas zavadzania systému sa vyhnite akémukolvek
dotyku klavesnice alebo mysi. Spustite test Keyboard Controller
(Radi¢ klavesnice) dostupny v nastroji Dell Diagnostics.

KEYBOARD DATA LINE FAILURE

U externej klavesnice skontrolujte pripojny kabel. Spustite test
Keyboard Controller (Radi¢ klavesnice) dostupny v nastroji
Dell Diagnostics.

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE

U externych klavesnic alebo tlagidlovych klavesnic skontrolujte
pripojny kébel. Pocitac reStartujte a pocas zavadzania systému
sa vyhnite akémukolvek dotyku klavesnice alebo mysi. Spustite
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Tabul'ka6. Diagnostické chybové hlasenia (pokracovanie)

Chybové hlasenia

Popis

test Stuck Key (Zaseknuty klaves) dostupny v nastroji Dell
Diagnostics.

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Dell MediaDirect nedokaze overit obmedzenia DRM (Digital Rights
Management) stboru, takze stbor nie je mozné prehrat.

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS,
VALUE EXPECTING VALUE

READ

Niektory pamétovy modul mdze byt chybny alebo nespravne
nasadeny. Namontujte spat pamétovy modul alebo ho vymerite, ak
je to potrebné.

MEMORY ALLOCATION ERROR

Program, ktory sa pokUsate spustit, koliduje s operacnym
systémom, inym programom alebo pomdckou. Vypnite pocitac,
pockajte 30 sekund a potom ho restartujte. Spustite znova
program. Ak sa chybové hlasenie stéle zobrazuje, pozrite
dokumentéciu k programu.

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

Niektory pamé&tovy modul méze byt chybny alebo nespravne
nasadeny. Namontujte spat pamétovy modul alebo ho vymerite, ak
je to potrebné.

VALUE EXPECTING VALUE

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ | Niektory pamé&tovy modul méze byt chybny alebo nespravne

VALUE EXPECTING VALUE nasadeny. Namontujte spat pamé&tovy modul alebo ho vymerite, ak
je to potrebné.

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ Niektory pamé&tovy modul méze byt chybny alebo nespravne

nasadeny. Namontujte spat pamé&tovy modul alebo ho vymerite, ak
je to potrebné.

NO BOOT DEVICE AVAILABLE

The computer cannot find the hard drive. (Pocitac nedokaze
najst pevny disk.) Ak je pevny disk vaSe zavadzacie zariadenie,
skontrolujte, &i je disk spravne nainstalovany a rozdeleny ako
zavadzacie zariadenie.

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE

Operacny systém mdZe byt poskodeny, obratte sa na Dell.

NO TIMER TICK INTERRUPT

Niektory Cip na systémovej doske mdze nespravne fungovat.
Spustite testy System Set (Komponenty systému) dostupné
v nastroji Dell Diagnostics.

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES.
PROGRAMS AND TRY AGAIN

EXIT SOME

Méte otvorenych prili§ mnoho programov. Zatvorte vSetky okna a
otvorte program, ktory chcete pouZivat.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND

Preinstalujte operaCny systém. Ak sa problém nevyriesi, obratte sa
na firmu Dell.

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM

Zlyhanie volitefnej ROM. Obratte sa na firmu Dell.

SECTOR NOT FOUND

Operacny systém nedokaze na pevnom disku njst niektory sektor.
Na disku sa moZe nachadzat chybny sektor alebo poskodeny
sUborovy systém FAT. Spustite nastroj na kontrolu chyb pod
Windows, ktorym skontrolujete Struktiru siborov na pevnom
disku. Pokyny najdete v asti Pomoc a technicka podpora

pre systém Windows (kliknite na polozky Start > Pomoc

a technicka podpora). Ak je pocet chybnych sektorov velky,
zalohujte si Udaje (ak je to mozné) a potom pevny disk
naformatujte.

SEEK ERROR

Operacny systém nedokéaze néjst urcitl stopu na pevnom disku.

SHUTDOWN FAILURE

Niektory Cip na systémovej doske mdze nespravne fungovat.
Spustite testy System Set (Komponenty systému) dostupné

v néstroji Dell Diagnostics. Ak sa hlasenie zobrazi znova, obratte
sa na firmu Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER

Nastavenie konfiguracie systému je poskodené. PocitaC pripojte k
elektrickej zasuvke, aby sa nabila batéria. Ak problém pretrvava,
skuste obnovit Udaje tak, Ze otvorite program Nastavenie systému,

72 RieSenie problémov




Tabul'ka6. Diagnostické chybové hlasenia (pokracovanie)

Chybové hlasenia

Popis

a nasledne ho okamzZite ukoncite. Ak sa hlasenie zobrazi znova,
obratte sa na firmu Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED

Zalozna batéria, ktora udrzuje nastavenie konfiguracie systému,
moze vyZzadovat opédtovné nabitie. Pocitac pripojte k elektrickej
zasuvke, aby sa nabila batéria. Ak sa problém nevyriesi, obratte sa
na firmu Dell.

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM
SETUP PROGRAM

Cas a datum uloZené v programe na nastavenie systému
nezodpovedaju systémovym hodinam. Opravte nastavenie
moznosti Date and Time (Datum a cas).

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED

Niektory Cip na systémovej doske mdze nespravne fungovat.
Spustite testy System Set (Komponenty systému) dostupné
v nastroji Dell Diagnostics.

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE

Radi¢ klavesnice moze byt chybny, alebo je uvolneny niektory
pamatovy modul. Spustite testy System Memory (Pamat
systému) a Keyboard Controller (Radi¢ klavesnice) dostupné
v nastroji Dell Diagnostics alebo sa obratte na firmu Dell.

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY

Do jednotky vloZte disk a sklste znova.

Systémové chybové hlasenia

Tabul'ka7. Systémové chybové hlasenia

Systémové hlasenie

Popis

Alert! Previous attempts at booting this
system have failed at checkpoint [nnnn]. For
help in resolving this problem, please note
this checkpoint and contact Dell Technical
Support

PocitaC zlyhal pri dokon&eni zavadzacieho programu trikrat za
sebou kvOli tej istej chybe.

CMOS checksum error

RTC is reset, BIOS Setup default has been loaded. (RTC sa
vynulovalo, boli nacitané predvolené hodnoty BIOS.)

CPU fan failure

Ventilator procesora zlyhal.

System fan failure

Systémovy ventilator zlyhal.

Hard-disk drive failure

Mozné zlyhanie pevného disku pocCas testu POST.

Keyboard failure

Keyboard failure or loose cable. Zlyhanie klavesnice alebo uvolneny
kabel. Ak opatovné osadenie kabla nevyriesi problém, vymerite
klavesnicu.

No boot device available

Na pevnom disku nie je zavadzacia oblast, je uvolneny kabel

pevného disku alebo nie je pritomné zavadzacie zariadenie.

e Ak je vaSim zavadzacim zariadenim pevny disk, presvedcte
sa, Ci sU pripojené kable a &i je disk spravne nainstalovany a
rozdeleny na particie ako zavadzacie zariadenie.

e Spustite Nastavenie systému a ubezpecte sa, Ze informacia o
zavéadzacej sekvencii je spravna.

No timer tick interrupt

Cip na systémovej doske méZe nespravne fungovat alebo je
chybna zékladna doska.

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has
reported that a parameter has exceeded its
normal operating range. Dell recommends that
you back up your data regularly. A parameter

Chyba S.M.A.R.T, mozna porucha jednotky pevného disku.
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Tabul'ka7. Systémové chybové hlasenia (pokracovanie)

Systémové hlasenie Popis

out of range may or may not indicate a
potential hard drive problem

Obnovenie operacného systému

Ak vas pocitac nedokaze spustit operacny systém ani po niekolkych pokusoch, automaticky sa spusti nastroj Dell SupportAssist OS
Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery je samostatny nastroj, ktory inStalujeme do vSetkych pocitacov znacky Dell s operacnym systémom
Windows. Tento néstroj pozostava z viacerych dalSich nastrojov na diagnostiku a rieSenie problémov, ktoré sa v pocitaci mdzu vyskytnit
pred spustenim operacného systému. Pomocou tohto nastroja méZete diagnostikovat problémy s hardvérom, opravit pocitac, zalohovat si
subory alebo vrétit pocitac do stavu, v akom ste ho dostali z vyroby.

Néstroj Dell SupportAssist OS Recovery si mbZete tiez stiahnut z webovej lokality podpory firmy Dell a pouZit ho na opravu svojho
pocitaca, ked nebude mozné kvdli problémom so softvérom alebo hardvérom spustit hlavny operacny systém.

Viac informécii o nastroji Dell SupportAssist OS Recovery vam poskytne PouZivatelskd prirucka ndstroja Dell SupportAssist OS Recovery,
dostupné na webovej stranke www.dell.com/serviceabilitytools. Kliknite na poloZzku SupportAssist a potom na polozku SupportAssist
OS Recovery.

Resetovanie hodin realneho ¢asu (RTC)

Funkcia resetovania hodin redlneho ¢asu (RTC) umoZriuje vam alebo servisnému technikovi obnovit najnovsie modely systémov Dell
Latitude a Precision vo vybranych situaciach, ked' déjde k problémom so spustenim testu POST, spustenim systému a napajanim.
Resetovanie RTC moZno vykonat iba vtedy, ak je systém vypnuty a pripojeny k elektrickej sieti. Stlacte tlacidlo napéjania a podrzte ho

25 sekund. Resetovanie RTC prebehne po pusteni tlacidla napajania.

@ POZNAMKA: Ak potas resetovania RTC odpojite napajaci adaptér alebo podrzite tladidlo napajania dihdie ako 40 sekund, resetovanie
RTC sa prerusi.

Pri resetovani RTC ddjde k obnoveniu pdvodnych nastaveni systému BIOS, zruSeniu pridelenia technolégie Intel vPro a resetovaniu
systémového datumu a Casu. Resetovanie RTC nema Ziadny vplyv na tieto polozky:

Servisny tag
Inventarny Stitok
Stitok vlastnictva
Heslo spravcu
Systémové heslo
HDD Password
Databéazy kltucov
Systémové zaznamy

@ POZNAMKA: Pri resetovani RTC sa resetuje aj prepojenie konta spraveu IT so serverom technoldgie vPro a systémového hesla.
V systéme bude nutné znova nastavit a nakonfigurovat pripojenie k serveru technoldgie vPro.

Pri tychto polozkach méZe, no nemusi dojst k resetovaniu — zavisi to od prispdsobeného nastavenia systému BIOS:

Zoznam systémov

Povolit starSie pamate ROM

Povolit bezpetné spustanie systému
Povolit ndvrat na starsiu verziu

Zalohovacie média a moznosti obnovenia

Odporuca sa, aby ste si vytvorili jednotku na obnovenie systému uréenl na opravu problémov, ktoré sa mézu v systéme Windows
vyskytnat. Firma Dell pontka viacero moznosti obnovenia operacného systému Windows vo vasom pocitaci Dell. Viac informécii ndjdete
v Gasti Zalohovacie média a moznosti obnovy systému Windows od firmy Dell.
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Cyklus napajania Wi-Fi

Ak sa vas pocitat nemoze pripojit na internet kvoli problémom s bezdrétovou kartou, mézete skusit problém vyriesit pomocou cyklu
napéjania Wi-Fi. Nasledujlci postup vam pomdze vykonat cyklus napéjania Wi-Fi:

®| POZNAMKA: Niektori poskytovatelia internetu (ISP) poskytujii zakaznikom zariadenie, ktoré v sebe spaja modem a smerovad.

Vypnite pocitac.

Vypnite modem.

Vypnite bezdrétovy smerovac.
Pockajte 30 sekdnd.

Zapnite bezdrdtovy smerovac.
Zapnite modem.

No o N N

Zapnite pocitac.
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Ziskanie pomoci

Témy:

Ako kontaktovat spolo¢nost Dell

Ako kontaktovat spoloc¢nost Dell

@ POZNAMKA: Ak neméte aktivne pripojenie na internet, kontaktné informacie najdete na fakture, dodacom liste, i&tenke alebo v

produktovom kataldgu spolo&nosti Dell.

Spoloc¢nost Dell pontika niekolko mozZnosti podpory a servisu online a telefonicky. Dostupnost sa v3ak li§i v zavislosti od danej krajiny
a produktu a niektoré sluzby nemusia byt vo vasej oblasti dostupné. Kontaktovanie spolocnosti Dell v stvislosti s predajom, technickou
podporou alebo starostlivostou o zadkaznikov:

1.

2.
3.
4

76

Chodte na stranku Dell.com/support.

Vyberte kategoriu podpory

Overte svoju krajinu alebo regién v rozbalovacom zozname Vyber krajiny/regionu v spodnej Casti stranky.
Zvolte prepojenie na sluzbu alebo technickl podporu, ktorl potrebujete.
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Poznamky, upozornéni a varovani

®| POZNAMKA: POZNAMKA oznaduje dileZité informace, které umozfiuii lepsi vyuZiti produktu.

UPOZORNENI varuje pfed moznym poskozenim hardwaru nebo ztratou dat a obsahuje pokyny, jak témto
problémum predejit.

A| VAROVANI: VAROVANI upozoriiuje na potencialni poskozeni majetku a riziko Grazu nebo smrti.

© 2019-2021 Dell Inc. nebo dcefiné spolecnosti VSechna prava vyhrazena. Dell, EMC a ostatni ochranné znamky jsou ochranné zndmky spolecnosti Dell Inc.
nebo dcefinych spole¢nosti. Ostatni ochranné znamky mohou byt ochranné zndmky svych viastnik{.
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Manipulace uvnitr pocitacCe

Témata:

. Bezpecnostni pokyny

Bezpecnostni pokyny

Dodrzovanim nasledujicich bezpecnostnich zasad zabranite moznému poskozeni pocitaCe a zajistite viastni bezpecnost. Neni-li uvedeno
jinak, kazdy postup uvedeny v tomto dokumentu vyzaduje splnéni nasleduijicich podminek:

e Precetlijste si bezpeCnostni informace dodané s po&itatem.
e Komponentu je mozné nahradit nebo (v pfipadé zakoupeni samostatné) nainstalovat pomoci postupu pro odebrani provedeném
v obréaceném poradi.
A VAROVANI: Pfed manipulaci uvnitf po&itace si preététe bezpeénostni informace dodané s pogita¢em. Dalsi informace
o vzorovych bezpecnostnich postupech naleznete na domovské strance Soulad s predpisy.

Mnohé z oprav smi provadét pouze certifikovany servisni technik. Sami byste méli pouze resit mensi potize
a provadét jednoduché opravy, ke kterym vas opraviiuje dokumentace k produktu nebo ke kterym vas vyzve tym servisu
a podpory online ¢i telefonicky. Na §kody zplsobené neopravnénym servisnim zasahem se nevztahuje zaruka spole¢nosti
Dell. Pfectéte si a dodrzujte bezpecnostni pokyny dodané s produktem.

Aby nedoslo k elektrostatickému vyboji, pouzijte uzemnovaci naramek nebo se opakované dotykejte
nenatreného kovového povrchu, kdyz se dotykate konektoru na zadni strané pocitace.

Zachazejte se sou¢astmi a kartami opatrné. Nedotykejte se soucasti ani kontakti na karté. Drzte kartu za
okraje nebo za montazni svorku. Komponenty, jako je napfiklad procesor, drZte za okraje, ne za koliky.

PrFi odpojovani kabelu vytahujte kabel za konektor nebo za vytahovaci poutko, ne za vlastni kabel. Konektory
nékterych kabeld maji upeviiovaci zapadku. Pokud odpojujete tento typ kabelu, pred jeho vytaZzenim zapadku zmacknéte.
Kdyz oddélujete konektory od sebe, zarovnejte je tak, aby nedoslo k ohnuti kolikl. Také pred pripojenim kabelu se
ujistéte, ze jsou oba konektory spravné zarovnané.

POZNAMKA: NeZ otevrete kryt poditade nebo jeho panely, odpojte veskeré zdroje napéajeni. Poté, co dokondite praci uvnitf poditade,
namontujte vSechny kryty, panely a Srouby a teprve poté pripojte pocitac ke zdroji napéjeni.

®

®| POZNAMKA: Barva pogitace a nékterych soucasti se mdze liit od barev uvedenych v tomto dokumentu.

Pred manipulaci uvnitfr pocitace

1. UloZte a zavrete vSechny oteviené soubory a ukoncete vSechny spusténé aplikace.
2. Vypnéte pocitac. Kliknéte na tlacitko: Start > (0] Napajeni > Vypnout.

®| POZNAMKA: Pouzivate-li jiny operacni systém, vyhledejte pokyny ohledné jeho vypnuti v prislusné dokumentaci.

Odpojte podita¢ a vSechna pripojené zarizeni od elektrickych zasuvek.
Odpojte od pocitaCe vSechna pripojena sitova a periferni zarizeni, jako napiiklad kldvesnici, my$ a monitor.
Vyjméte z pocitace vdechny pamétové karty nebo optické disky (pokud je potieba).

oo~ o

Po odpojeni pocitace uzemnéte zakladni desku stisknutim tlacitka napajenti a jeho pridrzenim po dobu 5 sekund.

Polozte pocita¢ na rovny, mékky a Cisty povrch, abyste zabranili poskrabani displeje.

7. PoloZte pocitac celem dol(.
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Bezpecnostni opatreni

Kapitola 0 bezpe€nostnich opatfenich popisuje hlavni kroky, které je tfeba podniknout pfed zahajenim jakékoli demontéaze.

Pred veskerymi montazemi a opravami, jez zahrnuji demontéz a opé&tovnou montaz, si prostudujte nasledujici bezpecnostni opatreni:

e Systém a vSechna k nému pripojena periferni zafizeni vypnéte.

e Systém a vSechna k nému pripojené periferni zafizeni odpojte od napajeni stfidavym proudem.

e (Od systému odpojte vSechny sitové, telefonni a komunikacni kabely.

e Pri praci uvnitr jakéhokoli stolniho pocitace pouZivejte antistatickou servisni soupravu, ktera chrani pred elektrostatickym vybojem
(ESD).

e Kazdou soucast po demontézi umistéte na antistatickou podlozku.

Noste obuv s nevodivou gumovou podrazkou. Snizite tim riziko Urazu elektrickym proudem.

Pohotovostni napajeni

Produkty Dell s pohotovostnim napéjenim je nutné pred otevienim jejich krytu odpojit od napajeciho zdroje. Systémy s pohotovostnim
napajenim jsou pod napéetim i tehdy, kdyZ jsou vypnuté. Toto vnitfni napajeni umoznuje systém na dalku zapnout (funkce Wake on LAN)
nebo prepnout do rezimu spanku a nabizi dalsi pokrocilé funkce pro fizeni spotreby.

Po odpojeni kabelu by mélo k odstranéni zbytkové energie na zakladni desce stacit na 15 sekund stisknout a podrzet tlacitko napéjeni.

Vodivé propojeni

Vodivé propojeni je zplsob pripojeni dvou ¢i vice uzemriovacich vodi¢d ke stejnému elektrickému potenciélu. K jeho vytvoreni pouzijte
antistatickou servisni soupravu. Propojovaci vodi€ je tfeba pripojit k holému kovu, nikoli k lakovanému nebo nekovovému povrchu. Poutko
na zapésti si musite radné upevnit a musi byt v kontaktu s vasi pokozkou. Pred vytvorenim vodivého propojeni si sundejte vesSkeré Sperky
(napf. hodinky, ndramky Ci prsteny).

Elektrostaticky vyboj — ochrana ESD

Staticka elektrina pfedstavuje vyznamné riziko pfi manipulaci s elektronickymi soucastmi, zejména pak s citlivymi dily, jako jsou rozSifovaci
karty, procesory, pamé&tové moduly DIMM nebo systémové desky. Pouhé velmi malé vyboje statické elekttiny dokazou obvody poskodit
zplsobem, ktery na prvni pohled neni patrny, ale miZe zplsobovat ob&asné problémy &i zkraceni Zivotnosti produktu. Neustéle rostouci
pozadavky na niZsi spotfebu a vy$si hustotu zplsobuii, Ze se ze statické elektiny stava stéle vétsi problém.

Vzhledem ke zvySené hustoté polovodicd jsou posledni produkty spolecnosti Dell ndchylngjsi na poSkozeni statickou elektfinou. Z toho
dtvodu jiz nékteré dfive schvalené postupy manipulace s dily nadale nelze uplatriovat.

Poskozeni statickou elektfinou miZe zplsobovat dva typy poruch — katastrofické a ob&asné.

e Katastrofické — Katastrofické poruchy predstavuji priblizné 20 % poruch zplsobenych statickou elektfinou. Takové poruchy
zpUsobuji okamzité a UpIné vyrazeni zafizeni z provozu. Prikladem katastrofické poruchy je zasah pamétového modulu DIMM statickou
elektrinou, jehoz disledkem je priznak ,No POST / No Video* (Zédm’/ test POST / Zadné video) doprovézeny zvukovym signalem, jenz
znaci chybgjici nebo nefunkéni pamét.

e Obcasné — Obcasné poruchy predstavuiji priblizné 80 % poruch zplsobenych statickou elektrinou. Ve vétsing pripadd tyto poruchy
nejsou okamzité rozeznatelné. Pamé&tovy modul DIMM je zasaZen statickou elektfinou, ale trasovani je pouze oslabeno a navenek
nevykazuje zndmky poskozeni. Oslabend trasa se mUZe tavit celé tydny & mésice a béhem toho mlzZe dochézet ke zhorSovani integrity
paméti, obcasnym chybam atd.

Jeste obtizneji rozpoznatelnym a odstranitelnym druhem poskozeni jsou takzvané latentni poruchy.

Poskozeni statickou elektfinou miZete predejit nasledujicim zplsobem:

e Nasadte si antistatické poutko na zapésti, které je Fadné uzemnéno pomoci vodice. PouZziti antistatickych poutek na zapésti bez
uzemnéni pomoci vodice nadéle neni povoleno, protoze neumoziuje odpovidajici ochranu. Dotykem Sasi pfed manipulaci s dily
nezajistite odpovidajici ochranu soucasti, jez jsou vUCi statické elektiing obzvlast citlivé.

e Se vSemi soucastmi, které jsou citlivé na elektrostatické vyboje, manipulujte v oblasti, kde nehrozi kontakt se statickou elektfinou.
Pokud je to mozné, pouZijte antistatické podlahové podlozky a podloZzky na pracovni stdl.

e Soucast citlivou na elektrostatické vyboje vyjméte z antistatického obalu az tehdy, kdyz budete pfipraveni ji nainstalovat v pocitaci.
Pred rozbalenim antistatického obalu odstrarite ze svého téla statickou elektrinu.

e Soucast citlivou na elektrostatické vyboje pred prepravou umistéte do antistatické nadoby nebo obalu.
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Antistaticka servisni souprava

Nemonitorovana servisni souprava je nejasteji pouzivanou servisni soupravou. Kazda servisni souprava sestava ze tfi hlavnich soucasti:
antistatické podlozky, poutka na zapésti a propojovaciho vodice.

Soucasti antistatické servisni soupravy

Sou&asti antistatické servisni soupravy jsou nasledujici:

Antistaticka podlozka — Antistatickd podlozka je elektricky nevodivé a pfi servisnich zakrocich slouZi k odkladani dild. Pred

pouzitim antistatické podlozky je tfeba si Fadné nasadit poutko na zapésti a propojovacim vodicem je pripojit k této rohozce nebo
jakémukoli holému plechovému dilu systému, na kterém pracujete. Jakmile budete takto fadné pripraveni, nahradni dily Ize vyjmout

z antistatického obalu a umistit pfimo na podlozku. Dilim citlivym na statickou elektfinu nic nehrozi, pokud je méate v ruce, na
antistatické rohozce, v systému nebo v obalu.

Poutko na zapésti a propojovaci vodi€ — Poutko na zapésti Ize propojovacim vodi¢em pfipojit pfimo k holému plechovému

dilu hardwaru (pokud antistatické podloZka neni potfeba) nebo k antistatické podlozce, jez chrani hardware, ktery jste na ni

umistili. Fyzickému propojeni poutka na zapeésti, propojovaciho vodiCe, vasi pokozky, antistatické podlozky a hardwaru se Fika vodivé
propojeni. Pouzivejte pouze servisni soupravy s poutkem na zapésti, podlozkou a propojovacim vodicem. Nikdy nepouZivejte poutka
na zapésti bez vodiCe. Méjte vzdy na paméti, Ze vnitini vodiCe poutka na zapésti jsou nachylné na bézné opotrebeni a musi byt
pravidelné kontrolovany prislusnou zkouSeckou, aby nedoslo k nechténému poskozeni hardwaru statickou elektrinou. Poutko na zapésti
a propojovaci vodi¢ doporuCujeme prezkuSovat jednou tydneé.

Zkousecka antistatického poutka na zapésti — VVodice uvnitf antistatického poutka se postupem Casu opotfebovavaji. Pokud
pouzivate nemonitorovanou servisni soupravu, poutko na zapésti doporucujeme prezkusSovat pred kazdym servisnim zakrokem

a nejméné jednou tydné. Nejlépe se k tomu hodi zkouSecka poutek na zapésti. Pokud viastni zkouSeCku poutek na zapésti nemate,
zeptejte se, jestli ji nemaji ve vasi oblastni pobocce. Cheete-li poutko na zapésti prezkouset, pripojte je propojovacim vodicem ke
zkouSecce a stisknéte prislusné tlacitko. Pokud zkouska dopadne Uspésng, rozsviti se zeleny indikator LED, pokud nikoli, rozsviti se
Cerveny indikator LED a ozve se zvukova vystraha.

Izolaéni prvky — Zafizeni citliva na statickou elektfinu (napr. plastové kryty chladic) je nezbytné nutné udrzovat v dostatecné
vzdalenosti od vnitinich dild, které slouzi jako izolatory a ¢asto jsou velmi nabité.

Pracovni prostredi — Pred pouZzitim antistatické servisni soupravy posudte situaci na pracovisti u zakaznika. Napriklad pfi servisu
serverl se souprava pouziva jinym zplsobem neZ pri servisu stolnich a pfenosnych pocitacd. Servery jsou obvykle umistény v racku
v datovém centru, zatimco stolni a prenosné pocitace se obvykle nachéazeji na stolech v kancelafich &i kancelarskych kaojich. K praci
vzdy zvolte velkou, otevienou a rovnou plochu, na které se nic nenachazi a kam se antistatické souprava spolecné s opravovanym
systémem snadno vejdou. Na pracovisti by také nemély byt Zadné izolacni prvky, které by mohly zplsobit zasah statickou elektrinou.
Pri manipulaci s jakymikoli hardwarovymi sou¢astmi je nutné veskeré izolatory v pracovni oblasti (jako je polystyren Ci jiné plasty) vzdy
umistit do minimalni vzdalenosti 30 centimetr( (12 palcd) od citlivych dil.

Antistaticky obal — \eSkera zafizeni citliva na statickou elektfinu musi byt prepravovéna a predavana v antistatickém obalu.
Doporucuije se pouZiti kovovych staticky stinénych oball. Poskozenou soucast je tfeba vratit ve stejném antistatickém obalu, v jakém
jste obdrzeli nahradni dil. Antistaticky obal je nutné prehnout a zalepit lepici paskou. Také je nutné pouzit pénovy obalovy materiél, ktery
byl soucasti baleni ndhradniho dilu. Zafizeni citliva na statickou elektrinu vyjméte z obalu pouze na pracovnim povrchu, ktery chrani
pred statickou elektfinou. Tato zafizeni nikdy neumistujte na antistaticky obal, protoZe antistatické stinéni funguje pouze uvnitf tohoto
obalu. Soucasti vzdy drzte v ruce nebo umistéte na antistatickou podlozku, do systému nebo do antistatického obalu.

Preprava citlivych soucasti — Prepravované soucasti (napr. nahradni dily nebo dily vracené spolecnosti Dell), které jsou citlivé na
statické elektfinu, je bezpodminecné nutné chranit v antistatickych obalech.

Shrnuti ochrany pred statickou elektfinou

Doporucuije se, aby vSichni technici pfi servisnich zakrocich na produktech Dell vzdy pouzivali b&zné antistatické poutko na zapésti
s propojovacim uzemnovacim vodi¢em a antistatickou podlozkou. Déle je nezbytné nutné, aby technici pri servisu chranili citlivé soucasti od
vech izolgtor( a aby k prepravé téchto soucasti pouzivali antistatické obaly.

Preprava citlivych soucasti

PFepravované soucasti (napf. ndhradni dily nebo dily vracené spolecnosti Dell), které jsou citlivé na statickou elektfinu, je bezpodminec¢né
nutné chranit v antistatickych obalech.

/Zvedani vybaveni

PFi zvedani téZkého vybaveni se fidte nasledujicimi pokyny:
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Nezvedejte predméty o hmotnosti prekracujici 50 liber. Vzdy vyuzijte pomoc dalSich lidi nebo mechanického
zvedaciho zarizeni.

Nohama se pevné zaprete. RozkroCte se s chodidly do stran na stabilnim povrchu.

Zatnéte brisni svaly. Brisni svaly pfi zvedani podepiraji vasi pater, ¢imz kompenzuiji psobeni tihy zvedaného predmétu.

Ke zvedani vyuzijte silu svych nohou, nikoli zad.

Zvedany predmét si drzte u téla. Cim blize jej budete mit k patefi, tim méné budete namahat sva zada.

P¥i zvedani ¢i pokladani predmétu drzte zada rovné. Zvedany predmét nezatéZujte vlastni vahou. PFi zvedani nekrutte svym télem ani
zady.

6. Stejnymi pokyny, av8ak v opacném poradi, se Fidte pri pokladani pfedmétu.

SF NS SIES

Po manipulaci uvnitr pocitace

®| POZNAMKA: Pokud $rouby uvnitf pogitade ziistanou uvolngné nebo volng lezet, miZete pocitad vazné poskodit.

NaSroubujte vSechny Srouby a ujistéte se, Ze Z4dné nezlstaly volné uvnitf poditace.

Pripojte vS8echna externi zafizeni, periferni zafizeni a kabely, které jste odpojili pfed praci uvnitf pocitacCe.
Vratte zpét v8echny karty, disky a ostatni Césti, které jste odebrali pred praci v pocitadi.

Pripojte pocitaC a vSechna pripojenéa zafizeni do elektrickych zasuvek.

SNSRI

Zapnéte pocitac.
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Technologie a soucasti

Tato kapitola popisuje technologii a soucasti dostupné v systému.

Témata:

- DDR4

¢ Vlastnosti rozhrani USB

e USBtypuC

¢ Vyhody pripojeni DisplayPort pres USB typu C
«  HDMI2.0

e Pamét Intel Optane

DDRA4

Pamét DDR4 (dvajité rychlost prenosu dat, tvrta generace) je rychlejsi nastupce paméti s technologii DDR2 a DDR3, ktery umoZriuje
vyuzit kapacitu az 512 GB na jeden modul DIMM, na rozdil od maxima 128 GB na jeden modul DIMM paméti DDR3. Zamek synchronni
dynamické paméti s ndhodnym pristupem DDRA je jinde nezZ SDRAM nebo DDR, aby se uZivateli zabranilo nainstalovat do systému
nespravny typ paméti.

Pamét DDR4 potrebuje o 20 % nizsi napéti, pouze 1,2 V, ve srovnani s paméti DDR3, ktera k provozu vyzaduje elektrické napéti 1,5 V.
Pamét DDR4 podporuje také novy velmi Gsporny rezim Deep power-down, ktery umoZriuje hostujicimu zafizeni prejit do pohotovostniho
rezimu bez nutnosti obnovit pamét. Od reZimu Deep power-down se ocekava, ze snizi spotifebu energie v pohotovostnim rezimu o 40 aZz
50 %.

Podrobnosti paméti DDR4

Mezi pamé&tovymi moduly DDR3 a DDR4 jsou néasledujici drobné rozdily.
Jinde umistény zamek

Zamek je na modulu DDR4 umistén jinde nez na modulu DDR3. Oba zdmky jsou na okraji, kterym se modul vklada do slotu, poloha na
modulu DDRA je vSak jinde, aby se zabranilo instalaci modulu do nekompatibilni desky nebo platformy.

Obrazek 1. Rozdilny zamek

Vétsi tloustka

Tloustka modultl DDRA4 je trochu vétsi neZ v pripadé modulll DDR3, aby bylo moZno vyuZit vice signélovych vrstev.
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Obrazek 2. Rozdilna tloustka

Zakriveny okraj

Moduly DDR4 maiji zakfiveny okraj, ktery usnadriuje vkladani a zmirmuje zatéz na desku s tisténymi spoji béhem instalace paméti.

Obrazek 3. Zakriveny okraj

Chyby paméti

Chyby paméti na systému zobrazuiji novy kod selhani ON-FLASH-FLASH nebo ON-FLASH-ON. Pokud selZze veskera pamét, displej LCD se
nezapne. Problémy selhani paméti miZete odstranit, zkusite-li funkéni pamétové moduly v pamétovych konektorech umisténych ve spodni
Gasti systému nebo pod kladvesnici (napfiklad v nékterych pfenosnych systémech).

@l POZNAMKA: Pamét DDR4 je soudasti desky a nejde o vyménny modul DIMM, jak je uvedeno a napsano.

Vlastnosti rozhrani USB

Univerzalni sériova sbérnice, tedy USB, byla zavedena v roce 1996. Dramaticky zjednodusila propojeni mezi hostitelskymi pocitaci
a perifernimi zafizenimi, jako jsou mysi, klavesnice, externi disky a tiskarny.

Tabulka 1. Vyvoj rozhrani USB

Typ Rychlost prenosu dat Kategorie Rok uvedeni
UsSB 2.0 480 Mb/s Hi-Speed 2000

USB 3.0/ USB 3.11. 5 Gb/s SuperSpeed 2010
generace

USB 3.12. generace 10 Gb/s SuperSpeed 2013

USB 4.0 / USB 4.11. generace (SuperSpeed USB)

Po mnoho let bylo rozhrani USB 2.0 ve svété osobnich pocitacl de facto standardnim rozhranim, prodalo se priblizné 6 miliard zafizeni

s timto rozhranim. Diky stéle rychlejSimu vypocetnimu hardwaru a stéle rostoucim néarokdm na $itku pasma vSak bylo zapotrebi vytvorit
rychlejsi rozhrani. Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace je koneéné diky desetindsobné rychlosti oproti svému predchlidci odpovédi na
néroky spotrebitell. Ve zkratce, funkce rozhrani USB 3.11. generace jsou tyto:

e vySSi pfenosové rychlosti (az 5 Gb/s)
e zvySeny maximalni vykon sbérnice a zvySeny prichod proudu kvili zafizenim hladovéj$im po energii
e nové funkce Fizeni spotfeby
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e plné oboustranné datové prenosy a podpora novych typl prenosU
e zpétna kompatibilita s rozhranim USB 2.0
® nové konektory a kabel

Zde uvedend témata se dotykaji nej¢astéjSich dotazl ohledné rozhrani USB 3.0 / USB 3.11. generace.

SUPERSPEED
S UsB>
WUSBn

S<*
Rychlost

V souCasné dobe specifikace rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace definuje 3 rezimy rychlosti. Jsou jimi Super-Speed, Hi-Speed a Full-
Speed. Novy rezim SuperSpeed dosahuje prenosové rychlosti 4,8 Gb/s. Specifikace z dlivodu udrzeni zpétné kompatibility zachovéva také
pomalejsi rezimy USB Hi-Speed a Full-Speed, bé&zné nazyvané jako USB 2.0 a 1.1, které dosahuji rychlosti 480 Mb/s a 12 Mb/s.

Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace dosahuje o mnoho vyssiho vykonu diky témto technickym zmeénam:

Dalsi fyzicka sbérnice, ktera je pridana vedle stavajici sbérnice USB 2.0 (viz obrazek).

e Rozhrani USB 2.0 bylo dfive vybaveno &tyfmi draty (napajeni, uzemnéni a péar diferenciélnich datovych kabeld). V rozhrani USB 3.0 /
USB 3.11. generace jsou Ctyfi dalsi: dva péry diferenciélnich signalnich kabell (priiem a vysilani), takze je v konektorech a kabeldzi
dohromady celkem osm spojeni.

e Rozhrani USB 3.0 / USB 3.11. generace vyuziva obousmérného datového rozhrani namisto poloviéné duplexniho usporadani rozhrani
USB 2.0. Teoretické Sitka pasma tim nardsté desetindsobné.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Néroky na datové prenosy dnes stéle rostou kvlli videoobsahu ve vysokém rozliseni, terabajtovym pamétovym zafizenim, digitalnim
kamerédm s mnoha megapixely apod. Rychlost rozhrani USB 2.0 tak €asto neni dostatecna. Navic zadné pripojeni rozhranim USB 2.0 se
nepriblizuje teoretické maximalni propustnosti 480 Mb/s, skute¢na realnd maximalni rychlost datovych prenosl tohoto rozhrani je priblizné
320 Mb/s (40 MB/s). Podobné rychlost prfenosu rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace nikdy nedosahne 4,8 Gb/s. Realna maximalni
rychlost je 400 MB/s v&etné dat navic. Rychlost rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace je tedy oproti rozhrani USB 2.0 desetinasobna.

Vyuziti

Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace umoznuje vyuzivat vySsi rychlosti a poskytuje zafizenim rezervu potfebnou ke zlepSeni celkového
uzivatelského prostredi. Video pres rozhrani USB bylo dfive vyuzitelné jen stézi (z pohledu maximalniho rozliseni, latence i komprese
videa), dnes si snadno predstavime, ze diky 5—10nasobné Sifce pasma Ize vyuzit FesSeni videa pres USB s mnohem vysSim rozliSenim.
Rozhrani Single-link DVI vyzaduje propustnost témér 2 Gb/s. Tam, kde byla rychlost 480 Mb/s omezuijici, je rychlost 5 Gb/s vice nez
slibna. Diky slibované rychlosti 4,8 Gb/s tento standard najde cestu do oblasti produktd, které dfive rozhrani USB nevyuZivaly. To se tyka
napriklad externich Uloznych systémd s polem RAID.

Déle je uveden seznam nékterych dostupnych produktl s rozhranim SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.11. generace:

e Externi stolni pevné disky USB 3.0 / USB 3.11. generace
e Prenosné pevné disky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
e Doky a adaptéry pro disky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
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Jednotky flash a ctecky USB 3.0 / USB 3.11. generace
Disky SSD s rozhranim USB 3.0 / USB 3.11. generace
Pole RAID USB 3.0 / USB 3.1 1. generace

Optické medialni jednotky

Multimediélni zafizeni

Prace v siti

Adaptéry a rozboCovace USB 3.0 / USB 3.1 1. generace

Kompatibilita

Dobrou zpravou je, ze rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace bylo navrzeno s ohledem na bezproblémovou existenci vedle rozhrani
USB 2.0. V prvni fadg, prestoze rozhrani USB 3.0 / USB 3.11. generace specifikuje nova fyzicka pripojeni a tedy i novy kabel, ktery
vyuzivé vyssi rychlosti noveho protokolu, konektor zachovava stejny obdélnikovy tvar se Ctyfmi kontakty rozhrani USB 2.0 na stejném
misté jako dfive. Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace obsahuje p&t novych propojeni uréenych k nezavislému prijmu a odesilani dat.
Tato propojeni jsou vSak spojena pouze po pripojeni k fadnému pripojeni SuperSpeed USB.

USB typu C

USB typu C je novy, maly fyzicky konektor. Samotny konektor podporuje réizné nové vynikajici standardy USB jako USB 3.1 a napajeni pres
USB (USB PD).

Stridavy rezim

USB typu C je novy, velmi maly standard konektoru. Ma asi tfetinovou velikost oproti starsi zasuvce USB typu A. Jde o jeden konektorovy
standard, ktery by mélo byt schopno pouZivat kazdé zafizeni. Porty USB typu C podporuiji réizné protokoly pomoci ,stfidavych rezima®“,
coz umoznuje zapojit do tohoto jediného portu USB adaptéry s vystupy HDMI, VGA, DisplayPort nebo jinymi typy pripojeni.

Napajeni pres USB

Parametry napajeni USB PD jsou rovnéz Uzce spjaty s USB typu C. V soucasnosti Casto pouzivaji chytré telefony, tablety a dalsi mobilni
zarizeni k nabijeni pripojku USB. Pripojeni USB 2.0 poskytuje vykon 2,5 W — tim nabijete telefon, ale to je vSe. Napiiklad notebook mlze mit
prikon az 60 W. Parametry USB Power Delivery navysuiji vykon az na 100 W. Jde o obousmérny prenos, takze zafizeni mize energii zasilat
nebo prijimat. A tato energie se mize prenaSet v situaci, kdy zafizeni zarover pres spojeni prenasi data.

To mdZe znamenat konec pro vSechny speciélni nabijeci kabely k notebooklim a v&e se bude nabijet prostrfednictvim standardniho spojent
pres USB. Notebook Ize nabijet z jedné z pfenosnych nabijecich sad baterii, které se jiz dnes pouzivaji k nabijeni chytrych telefonl &i
dal$ich prenosnych zafizeni. MzZete notebook zapojit do externiho displeje pripojeného k napéjeni a tento externi displej bude nabijet
notebook v dobé, kdy budete externi displej pouzivat — vSe skrze jedno malé spojeni USB typu C. Aby to bylo mozné, musi zafizeni a kabel
podporovat technologii USB Power Delivery. Samotné pripojeni USB typu C nezbytné tuto technologii podporovat nemusi.

USB typu C a USB 4.1

USB 3.1 je novy standard USB. Teoreticka Sitka pasma pripojeni USB 3 je 5 Gb/s, stejné jako u USB 3.11. generace, zatimco Sifka pdsma
USB 3.1 2. generace je rovna 10 Gb/s. To je dvojnasobn4 Sitka pasma, stejné rychla jako prvni generace konektoru Thunderbolt. USB typu
C neni totéZ jako USB 3.1. USB typu C je pouze tvar konektoru a miize obsahovat technologii USB 2 nebo USB 3.0. Tablet Nokia N1
Android pouziva konektor USB typu C, ale je v ném vSe ve formatu USB 2.0 — dokonce to neni ani USB 3.0. Tyto technologie vSak spolu
Uzce souviseji.

Vyhody pripojeni DisplayPort pres USB typu C

PIny vykon portu DisplayPort v oblasti audio/video (az 4K pfi 60 Hz)
Nezalezi na orientaci zastrek a kabelu.

Zpétné kompatibilita s VGA, DVI s adaptéry

Data USB SuperSpeed (USB 3.1)
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e Podpora HDMI 2.0a a zpétna kompatibilita s pfedchozimi verzemi

HDMI 2.0

V tomto tématu jsou uvedeny informace o funkcich konektoru HDMI 2.0 a jeho vyhody.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je odvétvim podporované, nekomprimované, zcela digitalni audio/video rozhrani. HDMI
poskytuje rozhrani mezi libovolnym kompatibilnim digitalnim zdrojem audio/video, napfiklad pfehravacem DVD nebo pfijimacem A/V

a kompatibilnim digitalnim monitorem (audio a/nebo video), napriklad digitalnim televizorem (DTV). Plvodné zamyslenymi aplikacemi
rozhrani HDMI jsou televizory a prehravace DVD. Hlavni vyhodou je snizeni poctu kabelll a opatfeni pro ochranu obsahu. Rozhrani HDMI
podporuje standardni, vylepSené nebo HD video a vicekanalové digitalni audio na jednom kabelu.

Vlastnosti rozhrani HDMI 2.0

e Ethernetovy kanal HDMI - do propojeni HDMI pridavéa vysokorychlostni sitové pripojent, diky kterému tak uzivatelé mohou naplno
vyuzivat své zafizeni vybavena technologif IP bez nutnosti pouzivat zvlastni ethernetovy kabel.

e Navratovy kanal audia — televizor s integrovanym tunerem pripojeny pomoci HDMI mlize posilat zvukové data opac¢nym smérem do
audiosystému s prostorovym zvukem, ¢imz dojde k odstranéni nutnosti pouzivat zvlastni zvukovy kabel.

3D - definuje vstupni a vystupni protokoly hlavnich formatd 3D videa, a otevira tak cestu pro opravdové 3D hrani a 3D doméci kino.

Typ obsahu - signalizovani typll obsahu v rediném ¢ase mezi zobrazovacim a zdrojovym zafizenim, diky kterému m(ze televizor
optimalizovat nastaveni obrazu podle typu obsahu.

DalsSi barevné prostory — pridava podporu dalSich barevnych modeld pouzivanych v digitalnich fotografiich a pocitacové grafice.

Podpora 4K — umozZriuje rozliseni daleko za 1080p, a podporuije tak displeje dalsi generace, které se vyrovnaji systémUm Digital
Cinema, pouzivanym v mnoha béznych kinech.

Mikrokonektor HDMI — novy, mensi konektor pro telefony a dalSi pfenosna zafizeni podporuje rozliseni videa az 1080p.

Systém pro pripojeni automobilu — nové kabely a konektory pro automobilové videosystémy jsou navrzeny tak, aby se vyrovnaly
s jedineCnymi pozadavky automobilového prostredi a poskytovaly pfi tom HD kvalitu.

Vyhody HDMI

Kvalitni konektor HDMI prenasi nekomprimovany digitalni zvuk a video s nejvyssi a nejcistsi kvalitou obrazu.

Levny konektor HDMI poskytuje kvalitu a funkZnost digitalniho rozhrani a zaroven podporuje formaty nekomprimovaného videa
jednoduchym, cenové efektivnim zplsobem.

Zvukovy konektor HDMI podporuje vice formatl zvuku — od standardniho sterea po vicekanalovy prostorovy zvuk.
HDMI kombinuje video a vicekanalovy zvuk do jednoho kabelu, a eliminuje tak naklady, sloZitost a zmét kabeld momentalné
pouzivanych v A/V systémech.

e HDMI podporuje komunikaci mezi zdrojem videa (napr. pfehravacem DVD) a digitalnim televizorem, a otevira tak moznosti novych
funkci.

Pamét Intel Optane

Pamét Intel Optane funguje pouze jako akcelerator Ulozisté. Nenahrazuje ani nerozsifuje pamét (RAM) nainstalovanou v pocitadi.
@ POZNAMKA: Pamét Intel Optane podporuji poéitace splfiujici nasledujici pozadavky:

e Procesor Intel Core i3/i5/i7 7. generace nebo vyssi

e Windows 10, 64bitové verze, 1607 nebo vyssi

e Ovladac technologie Intel Rapid Storage verze 15.9.1.1018 nebo vyssi

Tabulka 2. Parametry paméti Intel Optane

Funkce Technické udaje

Rozhrani PCle 3x2 NVMe 1.1

Konektor Slot na kartu M.2 (2230/2280)

Podporované konfigurace e Procesor Intel Core i3/i5/i7 7. generace nebo vyssi

Technologie a soucasti 13



Tabulka 2. Parametry paméti Intel Optane (pokracovani)

Funkce Technické udaje

e \Windows 10, 64bitové verze, 1607 nebo vyssi

e (Ovladac technologie Intel Rapid Storage verze 15.9.1.1018 nebo
vySSi

Kapacita 32 GB

Povoleni pameéti Intel Optane

N N

Na panelu Uloh kliknéte na policko vyhledavani a zadejte text ,,Technologie Intel Rapid Storage“.
Kliknéte na moznost Technologie Intel Rapid Storage.
Na karté Stav kliknutim na moZnost Povolit povolte pamét Intel Optane.

Na obrazovce s varovanim zvolte kompatibilni rychlou jednotku a poté kliknutim na tlacitko Ano pokracujte v procesu povoleni paméti
Intel Optane.

Kliknutim na moznosti Pamét Intel Optane > Restartovat povolte pamét Intel Optane.

®| POZNAMKA: Nékteré aplikace mliZze byt po povoleni potieba aZ tiikrat spustit, neZ se naplno projevi zvyseny vykon.

Zakazani paméti Intel Optane

Po zakazani paméti Intel Optane neodinstalovavejte ovladac pro technologii Intel Rapid Storage, jinak dojde
k chybé s modrou obrazovkou. UzZivatelské rozhrani technologie Intel Rapid Storage Ize odstranit bez odinstalovani
ovladace.

@ POZNAMKA: Pamét Intel Optane je nutné zakazat pred demontaZi GloZného zafizeni SATA s akceleraci pomoci pamé&tového modulu

N

14

Intel Optane z pocitace.

Na panelu Uloh kliknéte na policko vyhledavani a zadejte text ,,Technologie Intel Rapid Storage“.
Kliknéte na moznost Technologie Intel Rapid Storage. Zobrazi se okno Technologie Intel Rapid Storage.
Na karté Pamét Intel Optane kliknutim na moznost Zakazat zakaZzte pamét Intel Optane.

Varovani odsouhlasite kliknutim na tlacitko Ano.
Zobrazi se prlibéh procesu zakazani.

Kliknutim na moznost Restartovat dokondite proces zakazani paméti Intel Optane a poté se poditac restartuje.
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Demontaz a instalace soucasti

@l POZNAMKA: Obrazky v tomto dokumentu se mohou liit od vaseho pocitade v zavislosti na sestavé, kterou jste si objednali.

Témata:

Bodni kryt

roz§ifujici karta

Knoflikovéa baterie

Sestava pevného disku

Pevny disk

Celni kryt

Pevny disk a modul optické jednotky
Optickd mechanika

Pamétovy modul

Ventilator chladice

Sestava chladice

Spina¢ detekce vniknuti do skring
Sitovy spinac

Procesor

Disk SSD M.2 PCle

Jednotka zdroje napajeni
Reproduktor

Zakladni deska

Bocni kryt

Demontaz boc¢niho krytu

Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Postup sejmuti krytu:

a. Vysunte a uvolnéte zépadku na zadni strané systému, dokud se bocni kryt s cvaknutim neuvolni [1].

b. Vysurite a vyjméte bocni kryt ze systému [2].
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Montaz bocniho krytu

1. Umistéte kryt na systém a posurite ho, aby zacvakl na misto [1].
2. Uvolrovaci zadpadka automaticky prichyti bocni kryt k systému [2].
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3. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

rozsirujici karta

Vyjmuti rozsirujici karty

1. Postupujte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.

2. Demontujte boc¢ni kryt.

3. Vyjmuti rozsifujici karty:
a. Zatahnéte za kovovy vycnélek a oteviete tak zapadku rozsitujici karty [1].
b. Zatahnéte za uvoliovaci zapadku na spodni strané rozsirujici karty [2].

®| POZNAMEKA: Plati pro slot na karty x16, karta x1 uvolfiovaci zapadku nema.

¢. Odpojte a zvednéte rozsitujici kartu z konektoru na zakladni desce [3].
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Montaz rozsirujici karty

1. @ POZNAMKA: Chcete-li vyjmout drzaky PCle, zatladte na drzak smérem nahoru zevnitf poditade, uvolnéte jej a vyjméte
z pocitace.
VloZte Sroubovék do otvoru v drzaku PCle a silné zatlaCte tak, aby se drzak uvolnil [3]. Poté drzak vyjméte z pocitaCe.
2. Vlozte rozsifujici kartu do konektoru na zékladni desce [1].
3. ZatlaCte na rozsitujici kartu, aby zacvakla na misto [2].
4. Zavrete zapadku rozsitujici karty a zatlaCte na ni, aby zacvakla na misto [3].
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B. Nainstalujte bo¢ni kryt.
6. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnit pocitace.

Knoflikova baterie

Demontaz knoflikové baterie

Vyjmuti knoflikové baterie miiZe zpUsobit resetovani zakladni desky.

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

a. Bocnikryt

b. Rozsitujici karta
3. Postup vyjmuti knoflikové baterie:

a. ZatlaCte na zapadku pomoci plastové jehly, dokud knoflikova baterie nevyskod&i z drzéku [1].
b. Vyjméte knoflikovou baterii ze systému [2].

Demontaz a instalace soucasti
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Montaz knoflikové baterie

1. Vlozte knoflikovou baterii znackou ,+“ nahoru do slotu na zakladni desce [1].
2. Zatla¢te baterii do konektoru, dokud nezacvakne na misto [2, 3].
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3. Namontujte nasledujici sou&asti:
a. Rozsitujici karty
b. Boéni kryt
4. Postupuijte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Sestava pevného disku

Demontaz sestavy pevného disku

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pfed manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte boc¢ni kryt.
3. Vyjmuti pevného disku:

a. Odpojte datovy a napéjeci kabel pevného disku z konektor( na sestavé pevného disku [1, 2].
b. ZatlaCte na uvolriovaci vycnélek a zvednéte sestavu pevného disku ze systému [3].
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Montaz sestavy pevného disku

Zasunite sestavu pevného disku do slotu v systému [1].

1.

2. P¥ipojte napéjeci kabel a kabel pevného disku ke konektordim na pevném disku [2, 3].

Demontaz a instalace soucasti
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3. Nainstalujte bocni kryt.
4. Postupuijte podle pokynt v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Pevny disk

Vyjmuti pevného disku

@l POZNAMKA: U konfiguraci dodavanych s 3,5palcovym pevnym diskem postupujte pfi demontazi disku z drzaku stejnym zplisobem.

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:
a. Bocnikryt
b. sestava pevného disku
3. Natahnéte drzak pevného disku [1], zvednéte pevny disk [2] a poté jej vysurite z drzaku [3].

@l POZNAMKA: Pi demontazi daldiho 2,5palcového pevného disku na druhé strang drzaku postupuite stejnym zptisobem.
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Montaz pevného disku

@l POZNAMKA: U konfiguraci dodavanych s 3,5palcovym pevnym diskem postupuijte pFi montazi disku do drzaku stejnym zplisobem.

1. PoloZte otvory na jedné strané pevného disku na vystupky drzaku pevného disku [1] a viozte pevny disk do drzaku tak, aby se vystupky
na opacné strané drzaku zarovnaly s otvory na pevném disku [2].

@l POZNAMKA: Pri montazi dalsiho 2,5palcového pevného disku na druhé strané drzaku postupuijte stejnym zptisobem.

2. Namontujte nasleduijici soucasti:

a. Sestava pevného disku
b. Boéni kryt
3. Ridte se postupem v &asti Po manipulaci uvnit pocitace.

Celni kryt

Demontaz celniho krytu

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte boc¢ni kryt.
3. Postup pro demontéaz predniho rémecku:
a. Uvolnéte Celni kryt ze systému vypacenim pojistnych vyenélkd.
b. Sejméte &Celni kryt ze systému.
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Montaz celniho krytu

1. Zarovnejte Celni kryt a vloZte upevriovaci vy¢nélky na krytu do slotl v systému.
2. Zatla¢te na Celni kryt, aby zdpadky zacvakly na misto.
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3. Nainstalujte bocni kryt.
4. Postupuijte podle pokynt v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Pevny disk a modul optické jednotky

Demontaz modulu pevného disku a optické jednotky

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:
a. Bocni kryt
b. Celni kryt
C. Sestava pevného disku
3. Demontaz modulu pevného disku a optické jednotky:
a. Uvolnéte kabely optické jednotky [1] a pevného disku [2] z Uchytu a uvoliovaciho vyeénélku HDD-ODD.
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lek a uvolnéte modul pevného disku a optické mechaniky [1].

flovaci vy¢né

b. Posurite uvol

C. Zvednéte pevny disk a opticky modul [2].

27
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4. DemontéaZ modulu pevného disku a optické jednotky:

a. Odpojte napéjeci kabel a datovy kabel optické jednotky od konektord optické jednotky [1, 2].

b. Vysurite a zvednéte pevny disk a modul optické mechaniky ze systému [3].

Demontaz a instalace soucasti
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Montaz modulu pevného disku a optické jednotky

1. Zasurite vyénélky na modulu pevného disku a optické jednotky do slotu v systému pod Uhlem 30 stuprid [1].
2. Pripojte napgjeci kabel a datovy kabel optické jednotky ke konektorlim optické jednotky [2, 3].
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3. Zasurite modul pevného disku a optické mechaniky do pfislusného slotu [1].
4. Zasurite uvolfovaci vy¢nélek a uzamknéte modul [2].
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lek pevného disku a optické jednotky [1].

novaci vycnél

6. Protahnéte datovy a napéajeci kabel optické jednotky skrze Uchytky [2].

B. Protéhnéte datovy a napajeci kabel pevného disku skrze uvol

31
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7. Namontujte nasledujici sou&asti:
a. Sestava pevného disku
b. Celnikryt
c. Bocnikryt
8. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Opticka mechanika

Vyjmuti optickeé jednotky

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:

a. Boéni kryt

b. Celnikryt
3. Vyjmuti optické jednotky:

a. Odpojte datovy a napéjeci kabel pevného disku z konektorl na sestaveé pevného disku [1, 2].
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b. Posurite uvolfiovaci vycnélek a uvolnéte modul pevného disku a optické mechaniky [1].
C. Zvednéte pevny disk a opticky modul [2].
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d. Odpojte napéjeci kabel a datovy kabel optické jednotky od konektort optické jednotky [1, 2] a zasurite pevny disk a modul optické

jednotky dold, dokud nezacvakne na misto.

Demontaz a instalace soucasti
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e. ZatlaCte na uvolfiovaci zapadku na optické jednotce [1] a vytahnéte optickou mechaniku ze systému [3].

35
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Montaz optické mechaniky

1. Zasurite optickou jednotku do slotu v systému [1].
2. Posurite uvolfiovaci vyénélek a uvolnéte modul pevného disku a optické mechaniky [2].
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3. Zvednéte modul pevného disku a optické jednotky [1] a pripojte napéjeci kabel a datovy kabel optické jednotky ke konektoriim optické

jednotky [2, 3].

37
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4. P¥ipojte datovy kabel pevného disku a napéjeci kabel pevného disku ke konektorlim na pevném disku [1, 2].
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B. Zasurite uvolfiovaci vyénélek a uzamknéte modul [2].

6. Namontujte nasledujici souc¢asti:
a. Celnikryt
b. Bocni kryt
7. Postupujte podle pokynt v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Pamétovy modul

Vyjmuti pamétového modulu

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:

a. Bocni kryt

b. Celnikryt

C. Sestava pevného disku

d. Pevny disk a modul optické mechaniky

3. Postup vyjmuti pamétového modulu:

a. Uvolnéte vycnélky na obou stranach a zvednéte pamé&tovy modul z konektoru [1].
b. Vyjméte pamé&tovy modul ze zakladni desky [2].
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Vlozeni pamétového modulu

1. Zarovnejte zafez na hrané pamétového modulu se zépadkou na konektoru pamétového modulu.
2. Vlozte pamétovy modul do prislusné patice [1].
3. ZatlaCte na pamétovy modul tak, aby pojistné vycnélky zacvakly na misto [2].
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4. Namontujte nasledujici soucéasti:

a. Pevny disk a modul optické mechaniky
b. Sestava pevného disku
c. Celnikryt
d. Bocni kryt
5. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Ventilator chladice

Demontaz ventilatoru chladice

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pfed manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a. Bocnikryt
b. Celni kryt
¢. Sestava pevného disku
d. Pevny disk a modul optické jednotky
3. Demontéz ventilatoru chladice:
a. Odpojte kabel ventildtoru chladi¢e od konektoru na zékladni desce [1].
b. Vyjméte 3 Srouby, jimiz je ventilator chladiCe pfipevnén k chladici [2].
c. Zvednéte ventilator chladice z pocitace [3].

Demontaz a instalace soucasti
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Montaz ventilatoru chladice

1. Zarovnejte ventilator chladice na sestavu chladice [1].
2. ZaSroubujte 3 Srouby, jimiZ je ventilator chladice pripevnén k sestavé chladice [2].
3. Pripojte kabel ventilatoru chladice ke konektoru na zakladni desce [3].
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4, Namontujte néasledujici soucéasti:

a. Pevny disk a modul optické jednotky
b. Sestava pevného disku
c. Celnikryt
d. Bocnikryt
5. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Sestava chladice

Demontaz sestavy chladice

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:
a. Bocni kryt
b. Celnikryt
C. Sestava pevného disku
d. Pevny disk a modul optické jednotky
3. Postup demontaze sestavy chladice:
a. Odpojte kabel ventildtoru sestavy chladi¢e od konektoru na zakladni desce [1].
b. Povolte 4 jistici Srouby upevrujici sestavu ventilatoru chladice [2] a vyjméte ji ze systému [3].
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®| POZNAMKA: Srouby uvoliujte postupné v poradi uvedeném na zakladni desce (1, 2, 3, 4).

Montaz sestavy chladice

1. Zarovnejte sestavu chladiCe na procesor [1].

2. Utahnéte 4 jistici Srouby upevnuijici sestavu chladice k zakladni desce [2].

®| POZNAMKA: Srouby utahuijte postupné v poradi uvedeném na zékladni desce (1, 2, 3, 4).

3. Pripojte kabel ventilatoru sestavy chladice ke konektoru na zakladni desce [3].
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4, Namontujte néasledujici soucéasti:
a. Pevny disk a modul optické jednotky
b. Sestava pevného disku
c. Celnikryt
d. Bocnikryt
B. Postupujte podle pokynt v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

~z

Spinac detekce vniknuti do skriné

Demontaz spinace proti neopravnénému vniknuti do Sasi

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:

Bodni kryt

Celni kryt

Sestava pevného disku

Pevny disk a modul optické mechaniky

Sestava chladice

a0 oTo

3. Vyjmuti spinaCe detekce vniknuti:
a. Odpojte kabel spinace detekce vniknuti z konektoru na zakladni desce [1].
b. Vysurite spinac detekce vniknuti a zvednéte jej ze [2].
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Montaz spinace proti neopravnénému vniknuti do skfriné

1. Vlozte spina¢ detekce neopravnéného vniknuti do slotu v Sasi [1].
2. Pripojte kabel spinaCe detekce neopravnéného vniknuti k zakladni desce [2].
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3. Namontujte nasledujici soucéasti:

Sestava chladice

Pevny disk a modul optické mechaniky
Sestava pevného disku

Celni kryt

Bocni kryt

®ap oo

4. Postupuijte podle pokynt v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.
ram ) vd Vé ~
Sitovy spinac

Demontaz vypinace

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:
a. Boénikryt
b. Celnikryt
C. Sestava pevného disku
d. Pevny disk a modul optické mechaniky
3. Postup vyjmuti spinace napajeni:
a. Odpojte kabel vypinace od zakladnf desky [1].
b. Stisknéte upeviovaci vycnélky vypinace a vyjméte vypinaC ze systému [2] [3].
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Montaz spinace napajeni

1. Zasurite modul vypinace do slotu v Sasi tak, aby zacvakl na misto [1, 2].
2. P¥ipojte kabel spinaCe ke konektoru na zakladni desce [3].
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3. Namontujte nasledujici sou&asti:
a. Pevny disk a modul optické jednotky
b. Sestava pevného disku
c. Celnikryt
d. Boénikryt
4. Postupujte podle pokynl v Easti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Procesor

Demontaz procesoru

1. Postupujte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

Boc¢ni kryt

Celni kryt

Sestava pevného disku

Pevny disk a modul optické jednotky

Sestava chladice

a0 oo

3. Vyjmuti procesoru:
a. Uvolnéte packu patice stisknutim doll a ven zpod zdpadky na ochranném krytu procesoru [1].
b. Zvednéte packu vzhlru a poté zvednéte ochranny kryt procesoru [2].
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Koliky patice procesoru jsou kiehké a Ize je trvale poskodit. Bud'te opatrni a pfi demontazi procesoru
z patice neohybejte koliky v patici procesoru.

c. Vyjméte procesor z patice [3].
@ POZNAMKA: Po demontazi procesor ulozte do antistatického obalu, ktery umozZfiuje opakované pouZiti, vraceni nebo
docasné uloZeni. Nedotykejte se spodni ¢asti procesoru a vyhnéte se poskozeni kontaktl procesoru. Dotykejte se pouze
okrajdl procesoru.

Montaz procesoru

1. Umistéte procesor do patice tak, aby byly koliky na procesoru zarovnany se zditkami na patici [1].

Na rohu procesoru s kolikem 1 je trojahelnicek, ktery zapada do trojahelnicku na rohu s kolikem 1 patice
procesoru. Pokud je procesor radné usazen, jsou vSechny €tyri rohy vyrovnany ve stejné vysce. Pokud je jeden nebo
vice rohl procesoru oproti ostatnim vys, neni procesor radné usazen.

2. Zavrete ochranny kryt procesoru jeho zasunutim pod zadrZovaci Sroub [2].
3. Presurite packu patice dolll a zatlatenim pod zapadku ji uzamknéte [3].
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4. Namontujte nasledujici sou&asti:

Sestava chladice

Pevny disk a modul optické mechaniky
Sestava pevného disku

Celni kryt

Bocéni kryt

®Papoo

B. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Disk SSD M.2 PCle

Demontaz karty SSD M.2 PCle

@l POZNAMKA: Pokyny plati také pro disk SSD M.2 SATA.

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnit pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:

a. Bocni kryt

b. Celni kryt

c. Sestava pevného disku

d. Pevny disk a modul optické mechaniky
e. Sestava chladice
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3. Postup demontaze karty SSD M.2 PCle:
a. Odstrarite jeden Sroub (M2x3,5), kterym je disk SSD M.2 PCle pfipevnén k zakladni desce [1].
b. Nadzdvihnéte disk SSD PCle a vytahnéte jej z jeho konektoru na zakladni desce [2].
¢. Vyjméte chladici podlozku SSD [3].

Montéaz karty SSD M.2 PCle

(D| POZNAMKA: Pokyny platf také pro disk SSD M.2 SATA.

1. Vlozte chladici podlozku SSD do slotu na zékladni desce [1].
2. Vlozte disk SSD M.2 PCle do konektoru na zakladni desce [2].
3. ZaSroubujte jeden Sroub (M2x3,5), kterym je disk SSD M.2 PCle pFipevnén k zakladni desce [3].
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4. Namontujte nasledujici soucasti:

Sestava chladice

Pevny disk a modul optické mechaniky
Sestava pevného disku

Celni kryt

Bocni kryt

®ap oo

B. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitr pocitace.

Jednotka zdroje napajeni

Demontaz jednotky zdroje napajeni (PSU)

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:

a. Bocénikryt

b. Celnikryt

C. Sestava pevného disku

d. Pevny disk a modul optické mechaniky
e. Sestava chladice
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3. Uvolnéni jednotky PSU:

a. Odpojte kabel napéjeni procesoru od zakladni desky [1].
b. Vyjméte napajeci kabely z upevriovacich svorek na Sasi [2].

4, Vyjmuti jednotky PSU:

54

a.

b.
c.
d

VySroubujte 3 Srouby, kterymi je jednotka PSU pfipevnéna k systému [1].

Odpojte kabel napajeni systému od konektoru na zékladni desce [2].

Vyjmeéte kabely ze systému [3].

Stisknéte modry uvolriovaci vyénélek [4] na zadnim konci jednotky PSU, vysurite jednotku PSU a zvednéte ji ze systému [5].
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Montaz jednotky zdroje napajeni (PSU)

NN

Umistéte napéjeci zdroj do Sasi a posurite jej k zadni ¢asti systému [1, 2].
Ved'te kabel napajeni systému upevrovaci svorkou [3].

PFipojte kabel napéjeni ke konektoru na zakladni desce [4].

ZaSroubujte Srouby, jimiz je zdroj PSU pfipevnén k zadnimu Sasi systému [5].

Demontaz a instalace soucasti
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kami [1].

ajeni procesoru upeviiovacimi svorl

B. Vedte kabel nap

6. Pripojte kabel napajeni procesoru ke konektoru na zakladni desce [2].

Demontaz a instalace soucasti
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7. Namontujte nasledujici sou&asti:

Sestava chladice

Pevny disk a modul optické mechaniky
Sestava pevného disku

Celni kryt

Bocéni kryt

®Papoo

8. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Reproduktor

Demontaz reproduktoru

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnit pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:
a. Bocni kryt
b. Celni kryt
c. Sestava pevného disku
d. Pevny disk a modul optické mechaniky
3. Vyjmuti reproduktoru:
a. Odpojte kabel reproduktoru od konektoru na zékladni desce [1].
b. Stisknéte uvolriovaci vycnélek [2] a vytdhnéte reproduktor ze Sasi [3].
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Montaz reproduktoru

1. Vlozte reproduktor do slotu v Sasi systému a zatlaGenim ho zacvaknéte na misto [1, 2].
2. P¥ipojte kabel reproduktoru ke konektoru na zakladni desce [3].
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3. Namontujte nasledujici sou&asti:

a. Pevny disk a modul optické mechaniky
b. Sestava pevného disku
c. Celnikryt
d. Bocnikryt
4. Postupujte podle pokynd v Easti Po manipulaci uvniti pocitace.

Zakladni deska

Vyjmuti zakladni desky

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.

2. Demontujte nasleduijici soucéasti:

Bodéni kryt

Knoflikovéa baterie

Celni kryt

Sestava pevného disku

Pevny disk a modul optické jednotky
Sestava chladice

Procesor

Pamé&tovy modul

Disk SSD M.2 PCle

3. Odpojte kabely nasleduijicich zarizeni:

" TQ 0 Q0D

a. Spina¢ detekce vniknuti do Sasi
b. Sitovy spinac

Demontaz a instalace soucasti
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4. Postup vyjmuti panelu I/0:
a. Vyjméte Sroub, ktery zajistuje panel 170 [1].
b. Otocte panel I/0 a vyjméte jgj ze systému [2].
c. Odpojte datovy kabel pevného disku [3], datovy kabel optické jednotky [4] a napéjeci kabel [5] od konektorl na zakladni desce.

. B

B. Odpojte nasledujici kabely od konektor( na zakladni desce:
a. Spina¢ detekce vniknuti do skfing [1]
b. Napéjeni procesoru [2]
c. Vypinac [3]

6. Vyjméte kabely jednotky PSU z upevriovacich svorek [4].
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7. Vyjmuti Sroubl ze zakladni desky:
a. Vyjméte 5 Sroubl, kterymi je pripevnéna zakladni deska k Sasi [1].
b. VySroubujte Sroub, ktery pridrzuje disk SSD M.2 [2], a distancni Sroub (#6-32) [3], jimz je pfipevnéna zakladni deska k systému [3].
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8. Postup demontaze zakladni desky:
a. Zvednéte a vysurite zakladni desku z pocitace [1, 2].
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Montaz zakladni desky

1. Uchopte zakladni desku po stranach a zarovnejte ji smérem k zadni sté€né systému.

2. Vlozte zékladni desku do Sasi systému tak, aby konektory na spodni strané zakladni desky byly zarovnany s vyénélky na Sasi a soucasné
aby otvory pro Srouby na zakladni desce byly zarovnany s otvory v Sasi [1, 2].

3. ZaSroubujte distancni Sroub (#6-32), Sroub, kterym je pripevnén disk SSD M.2 a 5 Sroubd, jimiZ je pfipevnéna zékladni deska
k systemu[1, 2, 3][1, 2].
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4. Provlecte vSechny kabely prisluSnymi tchyty [1].

B. Srovnejte kabely s koliky na konektorech na zékladni desce a pripojte nasledujici kabelaz:
a. Vypinac [2]
b. Napéjeni procesoru [3]
C. Spina¢ detekce vniknuti do sk¥iné [4]
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6. Pripojte napajeci kabel, datovy kabel optické mechaniky a datovy kabel pevného disku [1, 2, 3].
7. Vlozte hacek na panelu |70 do slotu na Sasi a otocenim panel /0 uzavrete [4].
8. Nasroubuijte Sroub, kterym je panel /0 pfipevnén k Sasi [5].
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9. Pripojte nésledujici kabely:
a. Spina¢ detekce vniknuti do Sasi
b. Sitovy spinac
10. Namontujte nasledujici sou&asti:
Disk SSD M.2 PCle
Pamétovy modul
Procesor
Sestava chladice
Pevny disk a modul optické mechaniky
Sestava pevného disku
Celni kryt
Bocni kryt

ST@ o0 oo

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvnitr pocitace.
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Témata:

. Rozsifena diagnostika vyhodnoceni systému pred jeho spusténim — ePSA
*  Diagnostika

e Vestavény test napajeci jednotky

. Chybové zpravy diagnostiky

. Zpravy o chybach systému

. Obnoveni opera¢niho systému

¢ Hodiny realného Casu — reset hodin RTC

. Moznosti zaloznich médii a obnovy

*  Restart napgjeni sité Wi-Fi

Rozsirena diagnostika vyhodnoceni systému pred jeho
spusténim — ePSA

Diagnostika ePSA (zndma také jako diagnostika systému) provadi celkovou kontrolu hardwaru. Diagnostika ePSA je integrovana do
systému BIOS a je spousténa interné systémem BIOS. Integrované diagnostika systému poskytuje sadu moznosti pro konkrétni zafizeni
nebo jejich skupiny a umozni vam:

Diagnostiku ePSA Ize spustit stisknutim tlacitek FN+PWR a zapnutim pocitace.

Spoustét testy automaticky nebo v interaktivnim rezimu

Opakovat testy

Zobrazit nebo ukladat vysledky testd

Prochazet testy a vyuzitim dalSich moZnosti testu ziskat dodatec¢né informace o zafizenich, u kterych test selhal
Prohlizet stavové zpravy s informacemi o UspeSném dokonceni testu

Prohlizet chybové zpravy s informacemi o problémech, ke kterym b&hem testu doslo

@ POZNAMKA: Nékteré testy pro konkrétni zafizeni vyZaduiji zasah uzivatele. P¥i provadéni diagnostickych testd budte vzdy pritomni
u terminalu pocitace.

Spusténi diagnostiky ePSA

Spustte zavadéci diagnosticky program nékterou z nize uvedenych metod:
1. Zapnéte poditac.
2. Beéhem spousténi pocitaCe vyckejte na zobrazeni loga Dell a stisknéte klavesu F12.
3. Ve spoustéci nabidce zvolte pomoci Sipek nahoru a doll moznost Diagnostics (Diagnostika) a stisknéte kldvesu Enter.
@ POZNAMKA: Zobrazi se okno Enhanced Pre-boot System Assessment (Rozsifené vyhodnoceni systému pred jeho
spusténim) se vSemi zafizenimi v pocitaci. Diagnostické testy probéhnou u vSech uvedenych zarizeni.

4. Stisknutim Sipky v pravém spodnim rohu prejdete na seznam stranek.
Zobrazi se detekované polozky a otestuji se.

B. Chcete-li spustit diagnosticky test u konkrétniho zarfizeni, stisknéte klavesu Esc a klepnutim na tlacitko Yes (Ano) diagnosticky test
ukongete.

6. V levém podokné vyberte poZadované zafizeni a klepnéte na tlacitko Run Tests (Spustit testy).

7. 'V pripadé jakéhokoli problému se zobrazi chybové kody.
Chybovy kod si poznamenejte a obratte se na spole¢nost Dell.



Diagnostika

Test POST (Power On Self Test) pocitace se provadi pred zahajenim procesu spousténi a zajistuje, aby pocitac splrioval zakladni
pozadavky a hardware spravné fungoval. Kdyz pocita¢ testem POST projde, pokracuje spousténi v normalnim rezimu. Pokud vSak pogitad
testem POST neprojde, ozndmi to b&hem spousténi fadou kédU na indikatorech LED. Systémovy indikator LED je soucasti vypinace.

Nasleduijici tabulka popisuje rlizné vzory blikani a jejich vyznam.

Tabulka 3. Souhrn stavi indikatoru LED napajeni

Stav oranzové kontrolky LED

Stav bilé kontrolky LED

Stav systému

Poznamky

Nesviti Nesviti $4, Sb e Hibernace nebo odlozeni na
disk (S4)
e Napgjeni vypnuto (S5)
Nesuviti Blika S1, S3

Systém je ve stavu nizké
spotfeby — S1nebo S3. Neznadi
to zavadu.

Predchozi stav

Predchozi stav

S3, bez PWRGD_PS

Tento zdznam umoznuje
prodlevu pri pfechodu

z aktivniho stavu SLP_S3# do
neaktivniho stavu PWRGD_PS.

Blika

Nesviti

S0, bez PWRGD_PS

Chyba zavadéni — poditac je
napajen a napajeni ze zdroje

je v poradku. Zafizeni maze

byt vadné nebo nespravné
nainstalované. Diagnostiku vzoru
oranzové blikajiciho indikatoru

a mozné zavady naleznete

v nasleduijici tabulce.

Svitf

Nesuviti

SO, bez PWRGD_PS, nacteni
kodu = 0

Chyba zavadéni — chybovy

stav systému, vCetné napajeciho
zdroje Pouze vétev +5VSB
napajeciho zdroje funguje
spravne.

Nesuviti

Sviti

SO, bez PWRGD_PS, nacteni
kodu =1

Indikuje, ze hostitelsky systém
BIOS zacal s exekuci a Ize nyni
zapisovat do registru LED.

Tabulka 4. Oranzova blikajic

i kontrolka LED indikuje poruchy

Stav oranZové kontrolky LED

Stav bilé kontrolky LED

Stav systému

Poznamky

2

1

Vadné zakladni deska

Vadnéa zékladni deska — Fadky
A, G,HaJ v tabulce 124
parametrd SIO — kontrolky Pre-
Post [40]

2 2 Vadna zakladni deska, napéjeci | Vadna zékladni deska, napéjeci
zdroj nebo kabelaz zdroj nebo kabelaz — radky B,
C a D tabulky 12.4 parametrd
SIO [40]
2 3 Vadné zékladni deska, paméti Vadné zékladni deska, paméti
DIMM nebo procesor DIMM nebo procesor — radky
F a K tabulky 12.4 parametr( SIO
[40]
2 4 Vadné knoflikova baterie Vadné knoflikova baterie — fadek

M tabulky 12.4 parametrt SIO
[40]
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Tabulka 5. Stavy pod kontrolou hostitelského systému BIOS

Stav oranzové kontrolky LED

Stav bilé kontrolky LED

Stav systému

Poznamky

2

5

Stav 1 systému BIOS

Kéd BIOS Post (stary vzorec
LED 0001) naruseny systém
BIOS.

Stav 2 systému BIOS

Kéd BIOS Post (stary
vzorec LED 0010) Spatna
konfigurace procesoru nebo
zavada procesoru.

Stav 3 systému BIOS

Kéd BIOS Post (stary

vzorec LED 0011) probihajict
konfigurace paméti. Byly
rozpoznany vhodné pamétové
moduly, doSlo vsak k selhani.

Stav 4 systému BIOS

Kéd BIOS Post (stary

vzorec LED 0100) Kombinace
konfigurace nebo zavady
zatizeni PCI s konfiguraci nebo
zavadou podfizeného grafického
systému. Systém BIOS pro
eliminaci grafického kodu 0101.

Stav 5 systému BIOS

Koéd BIOS Post (stary
vzorec LED 0110) kombinace
konfigurace nebo zavady
Ulozisté a USB. Systém BIOS
pro eliminaci koédu USB 0111.

Stav 6 systému BIOS

Koéd BIOS Post (stary vzorec
LED 1000) konfigurace paméti,
pamét nezjisténa.

Stav 7 systému BIOS

Kéd BIOS Post (stary vzorec
LED 1001) zavaznéa chyba
z&kladni desky.

Stav 8 systému BIOS

Kéd BIOS Post (stary vzorec
LED 1010) konfigurace paméti,
nekompatibilni moduly nebo
neplatna konfigurace.

Stav 9 systému BIOS

Kéd BIOS Post (stary vzorec
LED 1011) kombinace kodu
,Jiné aktivity pred videem
a konfigurace zdroje“. Systém
BIOS pro eliminaci kédu 1100.

Stav 10 systému BIOS

Kéd BIOS Post (stary vzorec
LED 1110) Dalsi aktivita pre-post,
procedura po inicializaci grafiky.

Vestaveny test napajeci jednotky

Vestavény automaticky test (BIST) pomaha zjistit, zda napéjeci zdroj funguje. Chcete-li spustit automaticky diagnosticky test v napajecim
zdroji stolniho pocitace nebo poditade all-in-one, nahlédnéte do ¢lanku &. 000125179 ve znalostni bazi na strankach www.dell.com/support.
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Chybové zpravy diagnostiky

Tabulka 6. Chybové zpravy diagnostiky

Chybové zpravy

Popis

AUXILIARY DEVICE FAILURE

Dotykova podlozka nebo externi mys mohou byt vadné. U externi
mySi zkontrolujte, zda je kabel pripojen. Povolte moznost Pointing
Device (Polohovaci zafizeni) v programu nastaveni systému.

BAD COMMAND OR FILE NAME

Ujistéte se, Ze jste prikaz zadali spravneg, Ze jste vlozili mezery na
spravna mista a Ze jste uvedli spravnou cestu k souboru.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE

Primarni vyrovnavaci pamét v mikroprocesoru selhala. Kontaktujte
spolec¢nost Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE

Optické jednotka nereaguje na prikazy z pocitace.

DATA ERROR

Pevny disk nemdze ¢ist data.

DECREASING AVAILABLE MEMORY

Jeden nebo vice pamétovych moduld mize byt poskozeno
nebo nespravné vlozeno. Znovu nainstalujte pamétové moduly
a v pripadé potfeby je vymeérite.

DISK C: FAILED INITIALIZATION

Inicializace pevného disku se nezdarila. Spustte testy pevného
disku v néastroji Dell Diagnostics (viz ¢ast ).

DRIVE NOT READY

Aby mohla operace pokracovat, je tfeba nainstalovat pevny disk.
Vlozte pevny disk do diskové prihradky.

ERROR READING PCMCIA CARD

Pocitac nem(ze rozpoznat kartu ExpressCard. VloZte kartu znovu
nebo vyzkouSejte jinou kartu.

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED

Mnozstvi paméti zaznamenané ve stélé paméti NVRAM
neodpovida paméti nainstalované v pocitaci. Restartujte pocitac.
Objevi-li se chyba znovu, kontaktujte spole€énost Dell.

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

Soubor, ktery se pokousite kopirovat, je prilis velky, aby se veSel na
disk, nebo je disk plny. Zkuste soubor zkopirovat na jiny disk, nebo
pouzit disk s vétsi kapacitou.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING
CHARACTERS: \ / 2m <> | =

Nepouzivejte tyto znaky v ndzvech souborucil.

GATE A20 FAILURE

Pamétovy modul mlzZe byt uvolnény. Znovu nainstalujte pamétové
moduly a v pripadé potieby je vymérite.

GENERAL FAILURE

Operagni systém nemUiZe provést prikaz. Za zpravou vétsinou
nasleduji konkrétni informace — napfiklad For example, Printer
out of paper. Take the appropriate action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR

Poucitac nemUZe rozpoznat typ disku. Vypnéte pocitac, vyjméte
pevny disk a zavedte pocita¢ z disku CD. Potom pocita& vypnéte,
znovu nainstalujte pevny disk a restartujte. Spustte testy Hard
Disk Drive (pevného disku) v nastroji Dell Diagnostics.

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE O

Pevny disk nereaguje na prikazy z pocitaCe. Vypnéte pocitac,
vyjméte pevny disk a zavedte pocita¢ z disku CD. Potom

pocitaC vypnéte, znovu nainstalujte pevny disk a restartujte. Pokud
problém pretrvava, zkuste pouZit jiny disk. Spustte testy Hard
Disk Drive (pevného disku) v nastroji Dell Diagnostics.

HARD-DISK DRIVE FAILURE

Pevny disk nereaguje na prikazy z pocitaCe. Vypnéte pocitac,
vyjméte pevny disk a zavedte pocitac z disku CD. Potom

pocitaC vypnéte, znovu nainstalujte pevny disk a restartujte. Pokud
problém pretrvava, zkuste pouzit jiny disk. Spustte testy Hard
Disk Drive (pevného disku) v nastroji Dell Diagnostics.

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

Pevny disk mucldze byt poskozeny. Vypnéte pocita¢, vyjméte
pevny disk a zaved'te pocita¢ z disku CD. Potom pocita€ vypnéte,
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Tabulka 6. Chybové zpravy diagnostiky (pokracovani)

Chybové zpravy

Popis

znovu nainstalujte pevny disk a restartujte. Pokud problém
pretrvava, zkuste pouzit jiny disk. Spustte testy Hard Disk Drive
(pevného disku) v nastroji Dell Diagnostics.

INSERT BOOTABLE MEDIA

Operacni systém se snazi spustit na nespustitelné médium, napr.
optickou jednotku. Vlozte spoustéci médium. Vlozte zavadéci
médium.

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

Informace o konfiguraci systému neodpovidaji hardwarové
konfiguraci. Zprava se pravdépodobné zobrazi po instalaci
pamétového modulu. Opravte odpovidajici moZnosti v programu
nastaveni systému.

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE

U externi klavesnice zkontrolujte, zda je kabel pFipojen. V programu
Dell Diagnostics spustte Keyboard Controller (Test fadice
klavesnice).

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE

U externi klavesnice zkontrolujte, zda je kabel pFipojen. Restartujte
poucitac a pfi zavadeni se nedotykejte klavesnice ani mysi.

V programu Dell Diagnostics spustte Keyboard Controller
(Test Fadice klavesnice).

KEYBOARD DATA LINE FAILURE

U externi klavesnice zkontrolujte, zda je kabel pFipojen. V programu
Dell Diagnostics spustte Keyboard Controller (Test Fadice
klavesnice).

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE

U externi klavesnice zkontrolujte, zda je kabel pFipojen. Restartujte
poucitac a pfi zavadéni se nedotykejte klavesnice ani mysi.

V programu Dell Diagnostics spustte Keyboard Controller
(Test Fadice klavesnice).

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Aplikace Dell MediaDirect nemUZe ovéfit ochranu Digital Rights
Management (DRM) u souboru. Soubor nelze prehrat.

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ

VALUE EXPECTING VALUE

Pamétovy modul mlze byt poskozeny nebo nespravné viozeny.
Znovu nainstalujte pamétové moduly a v pripadé potieby je
vymente.

MEMORY ALLOCATION ERROR

Software, ktery se pokousite spustit, je v konfliktu s operau¢nim
systémem, jinym programem nebo nastrojem. Vypnéte poditac,
pockejte 30 sekund a poté jej znovu zapnéte. Run the program
again. Pokud se chybové zprava stéle zobrazuje, podivejte se do
dokumentace k softwaru.

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

Pamétovy modul mlze byt poskozeny nebo nespravné viozeny.
Znovu nainstalujte pamétové moduly a v pripadé potieby je
vymente.

VALUE EXPECTING VALUE

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ [Pamé&tovy modul miZe byt poskozeny nebo nespravné viozeny.

VALUE EXPECTING VALUE Znovu nainstalujte pamétové moduly a v pripadé potieby je
vymeérnite.

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ Pamé&tovy modul miZe byt poskozeny nebo nespravné viozeny.

Znovu nainstalujte pamétové moduly a v pripadé potieby je
vymente.

NO BOOT DEVICE AVAILABLE

Poucitac nem(zZe najit pevny disk. Pokud zavedeni probiha
z pevného disku, ujistéte se, Ze je nainstalovany, spravné viozeny
a ma zavadéci oddil.

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE

Operatni systém mizZe byt vadny, kontaktujte spolecnost Dell.

NO TIMER TICK INTERRUPT

uclu200 Eip na zakladni desce mlZe byt poskozeny. Spustte testy
System Set (pevného disku) v nastroji Dell Diagnostics.

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES.
PROGRAMS AND TRY AGAIN

EXIT SOME

Je otevieno prili§ mnoho programd. Zavrete vSechna okna
a otevrete program, ktery chcete pouzit.
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Tabulka 6. Chybové zpravy diagnostiky (pokracovani)

Chybové zpravy

Popis

OPERATING SYSTEM NOT FOUND

Chcete-li preinstalovat operacni systém: Pokud problém potrva,
kontaktujte spoleénost Dell.

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM

Doplrikovéa pamét ROM selhala. Kontaktujte spolecnost Dell.

SECTOR NOT FOUND

Operagni systém nemUze najit sektor na pevném disku. Na pevném
disku mUze byt poskozen bud samotny sektor nebo tabulka

FAT. Spustte nastroj Windows pro kontrolu chyb a zkontrolujte
strukturu soubor® na pevném disku. Instrukce najdete ve Windows
Help and Support (Napovédé a podpore systému Windows)
(klepnéte na tlacitko Start > Windows Help and Support
(Napovéda a podpora)). Je-li vadné velké mnoZstvi sektord,
provedte zalohu dat (je-li to mozné) a preformatujte pevny disk.

SEEK ERROR

Operacni systém nemUZe najit konkrétni stopu na pevném disku.

SHUTDOWN FAILURE

uclu200 Eip na zakladni desce mize byt poskozeny. Spustte testy
System Set (pevného disku) v nastroji Dell Diagnostics. Pokud
se zprava opét zobrazi, kontaktujte spole€nost Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER

Nastaveni konfigurace systému je poSkozeno. Pripojte pocitac
k elektrické zasuvce a nabijte baterii. Pokud problém pretrvava,
zkuste data obnovit tak, Ze spustite a vzapéti ukonc&ite program
nastaveni systému. Pokud se zprava opét zobrazi, kontaktujte
spolec¢nost Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED

Rezervni baterie, kterd napéji nastaveni konfigurace systému,
moZné potrebuje nabit. Pripojte pocitaC k elektrické zasuvce

a nabijte baterii. Pokud problém potrvéa, kontaktujte spole€nost
Dell.

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM
SETUP PROGRAM

uc1u200 Eas nebo datum ulozené v programu nastaveni systému
neodpovida systémovym hodinam. Opravte nastaveni data a ¢asu.

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED

uc1u200 Eip na zakladni desce mize byt poskozeny. Spustte testy
System Set (pevného disku) v nastroji Dell Diagnostics.

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE

Radi¢ klavesnice miiZze byt poskozeny nebo miize byt uvolnény
pamétovy modul. Spustte testy System Memory (systémova
pamét) a test Keyboard Controller (fadi¢ klavesnice)

v programu Dell Diagnostics nebo kontaktujte spolecnost Dell.

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY

Vlozte disk do mechaniky a akci zopakuijte.

Zpravy o chybach systému

Tabulka 7. Zpravy o chybach systému

Systémové hlaseni

Popis

Alert! Previous attempts at booting this
system have failed at checkpoint [nnnn].

For help in resolving this problem, please
note this checkpoint and contact Dell
Technical Support. (Vystraha! Pfredchozi pokusy
o spusSténi systému selhaly v kontrolnim

bodé [nnnn]. Chcete-1i tento problém vyresit,
poznamenejte si tento kontrolni bod a obratte
se na technickou podporu spolednosti Dell.)

Pocitaci se tfikrat po sobé nepodarilo dokongit spoustéci proceduru
v dUsledku stejné chyby.

CMOS checksum error
CMOS)

(Chyba kontrolniho souctu

RTC je resetovano, byly nacteny vychozi hodnoty BIOS Setup
(Nastaveni systému BIOS).
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Tabulka 7. Zpravy o chybach systému (pokracovani)

Systémové hlaseni Popis

CPU fan failure (Porucha ventilatoru Doslo k poruSe ventilatoru procesoru

procesoru)

System fan failure (Porucha systémového Doslo k poruse systémového ventilatoru.

ventilédtoru)

Hard-disk drive failure (Chyba pevného disku) Pravdépodobné doslo k chybé pevného disku b&hem testu POST.
Keyboard failure (Chyba kl&vesnice) Kladvesnice mé poruchu nebo neni pfipojena. Pokud problém

nevyresi odpojeni a pfipojeni kabelu, pouzijte jinou klavesnici.

No boot device available (Neni k dispozici Na pevném disku neni z&dny zavadéci oddil, je uvolnén kabel
zadné zavadéci zatrizeni) pevného disku nebo neni pripojeno Zadné zavadéci zarizeni.
e Pokud je zavadécim zafizenim pevny disk, zkontrolujte, zda jsou
k nému radné pripojeny kabely a zda je spravné nainstalovan
a nastaven jako zavadéci zarizen!.
o Prejdéte k nastaveni systému a zkontrolujte, zda jsou Udaje
o poradi zavadécich zafizeni spravné.

No timer tick interrupt (Nedo3lo k preruSeni Cip na z&kladni desce mdiZze byt vadny nebo se jedna o poruchu
Casovace) z&kladni desky.

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has |[Doslo k chybé testu S.M.A.R.T a mozné k poruse pevného disku.
reported that a parameter has exceeded its
normal operating range. Dell recommends that
you back up your data regularly. A parameter
out of range may or may not indicate
a potential hard drive problem (UPOZORNENI -
AUTODIAGNOSTICKY SYSTEM MONITOROVANI DISKU
ohlésil, Ze parametr pfekroc¢il standardni
provozni rozsah. Spolec¢nost Dell doporucuje,
abyste provadéli pravidelné zalohovani dat.
Vyskyt parametru odchylky od provozniho
rozsahu mtiZe, ale nemusi znac¢it potencidlni
problém s pevnym diskem.)

Obnoveni operacniho systému

JestliZze se pocita¢ ani opakovanych pokusech nem(Ze spustit do operacniho systému, automaticky se spusti nastroj Dell SupportAssist OS
Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery je samostatny nastroj, ktery se do pocitacd Dell instaluje spolecné s operacnim systémem Windows.
Obsahuje nastroje pro diagnostiku a odstrariovani problém(, k nimz maze dojit predtim, nez se pocitac spusti do operacniho systému.
UmozZniuje zjistit problémy s hardwarem, opravit pocitaC, provést zalohovani soubord nebo obnovit pocitac do tovarniho nastavent.

Nastroj Ize také stahnout z webové stranky podpory Dell Support a vyresit problémy s pocitatem v pfipade, ze se jej nepodari spustit do
primarniho operacniho systému kvdli problémdm se softwarem nebo hardwarem.

Vice informaci o nastroji Dell SupportAssist OS Recovery naleznete v uzivatelské prirucce Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide na
strankach www.dell.com/serviceabilitytools. Kliknéte na moznost SupportAssist a poté na moznost SupportAssist OS Recovery.

Hodiny realného casu - reset hodin RTC

Funkce Real Time Clock (RTC) reset umoznuje vam nebo servisnimu technikovi obnovit nedavno vydané modely systémU Dell Latitude

a Precision ze situaci No POST/No Boot/No Power. Funkci RTC reset mlzete v systému inicializovat z vypnutého stavu pouze

v pripadg, kdy je pripojen napéjeci adaptér. Stisknéte a pridrzte vypinaC po dobu 25 sekund. Funkce RTC reset systému se spusti po

uvolnéni tlacitka napajent.

@ POZNAMKA: Pokud je b&hem procesu odpojen napajeci adaptér nebo tladitko napajeni podrzite déle nez 40 sekund, proces RTC
reset se prerusi.
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Funkce RTC reset provede reset systému BIOS do vychoziho nastaveni, zrusi pfidéleni rozsifeni Intel vPro a resetuje systémové datum
a Gas. Nasleduijici polozky nejsou ovlivnény funkci RTC reset:

e Vyrobni Gislo

Inventarni Stitek

Cislo vlastnika

Heslo spravce

Heslo systému

Heslo pevného disku

Key Databases (Databéaze klict)
Systémové protokoly

@ POZNAMKA: Uget a heslo vPro spravce IT se v systému nepfidéli. Systém musf projit znovu procesem nastaveni a konfigurace, aby
se mohl pripajit k severu vPro.

Nize uvedené polozky mohou nebo nemusi byt resetovany podle vlastniho nastaveni systému BIOS:

Bootovaci seznam

Enable Legacy Option ROMs
Povolit zabezpecené spusténi
Povolit downgrade systému BIOS

Moznosti zaloznich médii a obnovy

Doporucuije se vytvorit jednotku pro obnoveni, s niz Ize vyresit potize a problémy, které se mohou v systému Windows objevit. Spole€nost
Dell nabizi nékolik moznosti pro obnoveni operacniho systému Windows v pocitaci Dell. Chcete-li ziskat vice informaci, prejdéte na stranku
Média pro zalohovani a moznosti spole¢nosti Dell pro obnoveni systému Windows.

Restart napajeni sité Wi-Fi

Pokud pocita¢ nemUize pristupovat k internetu kvdli problému s konektivitou Wi-Fi, miZete provést restart napéjeni sité Wi-Fi. Nasledujici
postup obsahuje kroky potrfebné k provedeni restartu napajeni sité Wi-Fi.

®| POZNAMKA: Néktef( poskytovatelé internetového pripojeni poskytuji kombinované zafizeni modem-smérovad.

Vypnéte pocitac.

Vypnéte modem.

Vypnéte bezdratovy smérovac.
Pockejte 30 sekund.

Zapnéte bezdratovy smérovad.
Zapnéte modem.

NOoOgN N

Zapnéte pocitac.
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Ziskani pomoci

Témata:

Kontaktovani spolecnosti Dell

Kontaktovani spolecnosti Dell

@ POZNAMKA: Pokud neméte aktivni internetové pipojeni, Ize kontaktni informace nalézt na nakupni fakture, balicim seznamu,

Uctence nebo v produktovém katalogu spole¢nosti Dell.

Spole¢nost Dell nabizi nékolik moznosti online a telefonické podpory a sluzeb. Jejich dostupnost zavisi na zemi a produktu a nekteré sluzby
nemusi byt ve vasi oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat spolecnost Dell se zalezitostmi tykajicimi se prodejd, technické podpory nebo
z&kaznického servisu:

1.

2.
3.
4

Prejdéte na web Dell.com/support.

Vyberte si kategorii podpory.

Oveérte svou zemi nebo region v rozbalovaci nabidce Choose a Country/Region (Vyberte zemi/region) ve spodni ¢asti stranky.
Podle potreby vyberte prislusnou sluzbu nebo linku podpory.
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